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关于芯跳不止和梦想及快乐



（一）关于芯跳不止


现如今电子信息行业高速发展，各种各样的电子终端产品充斥在我们生活和工作的周围，我们的衣食住行都在得益于这样的产品。打开这些给我们带来便利和快捷的电子产品的炫丽包装和外壳，您会发现或多或少都会有一颗跳动的芯，就是这样的芯跳不止保证了我们工作的高效，沟通的畅通，出行的安全和快捷，以及我们身体的健康，同时也保障了我们食用品种的多样化及便利性和安全性。

之所以以“芯跳不止”为名，就是想通过揭开美丽的外表让我们看到更多内在的事物，它们不同于表象但却是支撑表象高性能运转的内在动力；企图让更多的人通过电子产品华丽的外表看到内在的本质，在追求无与伦比的电子终端产品的同时，更要注重其内置的“芯跳”以及事物表象所掩盖下的实质。

之所以以“芯跳不止”为名，还在于尽管书中是一系列的文章，但只是电子行业中的冰山一角，在全球所有为电子终端产品提供“芯跳”的半导体厂商里，这里分享的只是其中的极少一部分。这些分享包括多数的欧美企业和少许的韩国企业，以及国内本土成长起来的具有代表性的半导体企业，介绍他们的励志创新和辉煌历程，未来产品动向和可关注的战略市场，期间穿插一些我们在半导体分销行业里的见闻和感知。如果有机会且时间允许，芯跳不止将持续开启。

之所以以“芯跳不止”为名，在于试图通过对电子分销行业的描述，让更多的人理解和熟悉此行业追随半导体原厂发生的格局改变和自身价值，同样作为半导体供应链的一环，虽然不像半导体原厂那样通过技术创新引领电子产品的潮流变革，但却在产品的渠道流通、技术支援和无微不至的服务方面孜孜不倦，无论是巨头航母还是孤舟蓑笠，也同样为芯跳而不止步。

之所以以“芯跳不止”为名，更在于期望寄予国内半导体集成电路芯跳行业，虽然只是经历短暂几年的发展，国内半导体行业经过积累沉淀和高速跨越式拓展，如今已是百家争鸣、群雄逐鹿的局面。伴随着发展集成电路提升至国家战略，还将会有更多的本土企业加入中国梦，共同演绎风云争霸武林，中国芯之崛起指日可待，本土分销行业也将追随其驰骋疆场，共谱佳话。

芯跳不止虽简洁却被赋予更多的意义和希望，是执着，是坚持，是专注，是分享，更是不止的梦想……


（二）现实寄梦想，瞬间即永恒


小学三年级的第一篇作文是父亲指导我写的，题目是风，因为优秀后来在课堂上被老师当作范文来朗读。也许就是在那个时候，受到父亲的启蒙，我怀揣了一个梦想。到了初中我的作文可以不打草稿，还经常被漂亮的语文老师用煽情的语气在课堂上朗读，梦想一次又一次地在脑海里激荡。大学我选择了无线电专业，直至毕业和工作以后，都不曾忘记自己的梦想，时不时地在电子行业的网站和杂志上发表一些博文，将自己在电子分销行业里的见闻和思考记录下来，作为爱好和习惯一直保持着，偶尔也会在博客征文或比赛中获得证书和奖励，得到精神上的鼓励，为此心动不已。2013年的一天，接到了电子工业出版社王敬栋的约稿电话，沉寂了多年的儿时梦想再次响彻脑畔。兴奋和感动的是终于有机会将工作和爱好结合起来，实现自己多年来的愿望。

[image: ]


在写作的时间里，时常因为思绪无法停止而忘记了饥饿和时间，经常熬夜到凌晨，才不得不停下来。骑着自行车回家时，马路上时常只有我一个人，平时繁忙拥挤的马路此时只属于一个人的感觉是痛快和前所未有的洒脱，众人皆睡我独醒。在没有月色和星星陪伴的夜晚，万千思绪尽情绽放在空旷的瑞达路上；也时常忘记洗头刮胡子，更不记得有多少天没有洗澡了，甚至多一分钟在吃饭上、在路上或在其他事情上，都觉得是浪费生命；有时候回到家，家人都已经熟睡，而我还要坚持坐下来写一篇日记。提及日记，从1997年开始，我已经坚持至少十几年，这样的坚持影响着我在工作上的习惯，以及对工作和人生的态度，有时候家人几天都见不到我，我已经把自己所有的时间都投入到写作上面了。孩子上学接送和作业辅导，以及公司里的大小事情，我几乎都没有管过，像个真空人和透明人。在此非常感谢家人和同事的理解和支持，我感到特别欣慰和满足。在人的一生中，如果能有几个月的时间如此度过，超凡的强度，与真实世界隔离，听不到喧嚣，看不到日出日落，走进了完全属于自己的时光隧道，而且走得那么沉、那么深，能拥有这一段呕心沥血的经历，把自己的思想和感受形成文字传递给更多的人，这是此生的光荣，我知足。

当看着理想在无尽的时光中慢慢地变成现实，我迫不及待地想把更多自己知道的拿来分享。当回首往事的时候，我曾经经得起诱惑，耐得住寂寞，生活虽平凡但充实，有理想且始终坚持，最值得庆幸的是我可以把爱好和工作结合在一起，让坚持成为一种习惯，把理想改变为现实。有一天我终将老去，白发苍苍之时回忆自己的青春，能留给我的不是金钱，更与伤痛无关。


（三）感受着快乐—妻子和恒迈


以前星期天总习惯和妻子一起去菜市场买菜，每次妻子总会带我到一个老太太那里去买，老人在菜市场里没有摊位，只在靠近菜市场门口一个露天的走廊上摆一个破旧的人力三轮车。不多的几样青菜凌乱地摆着，三轮车脚蹬上总是沾满着可能是从菜地里带来的泥巴，三轮车上的灰尘以及老人衣服上的尘土和青菜的颜色形成了鲜明的反差。买完青菜找钱的时候，老人总是从里面衣服的袋子里掏出一个有点破旧但很干净的旧款棉布小手帕，叠得方方正正，慢慢地打开后，再拿出里面的零钱。妻子总是不要她的袋子，我知道妻子是为她省出一个袋子。每当这个时候我就会特别感动，而且也有从未感觉到的富足。

记得在2007年公司刚起步的时候，妻子将身上所有的零钱都找完，哪怕是一块钱，凑齐后跑到银行把货款汇给供应商，然后打电话给供应商发货，以至于那天没有钱买菜吃饭。每次妻子和我聊天的时候提及此事都眼中充满泪水，她说应该感谢那些经历让我们变得坚强和执着，让我们懂得感恩，感谢曾经帮助过我们的供应商和客户。妻子和我都是在南方经历过打工的辛酸和苦楚，因为恋家而不得不放弃自己曾经热爱的工作和深爱的城市，经历了同龄人没有经历过的放弃和坚持，她没有丝毫的埋怨和不理解，结婚的时候我们连婚纱店都没有去过，对妻子我有很多遗憾和愧疚。

“恒迈”是我在公司注册的时候起的一个名字，希望我们每天或者每年都能够一直向前看，向前走，都能够进步一点点。妻子说我们不求穿金戴银、大富大贵，只要平平安安、稳稳当当，踏踏实实把自己喜欢的事情做好，问心无愧，坦坦荡荡。其实我是一个不善于沟通和表达的人，时常会感到孤独和无助，妻子喜欢工作之余或者晚上拉我聊一些家庭琐事。最近还开玩笑地夸我：“以前想找个人吵架都难，说你十句话，你一声也不吭，现在我说你三句，你就想反驳我了。”恒迈也如我们所愿，在我们的细心照料下不断茁壮成长，靠着我们精心设计的报价单和诚实的做事方式不断得到客户的好评。前几天的一个报价单上我们推荐客户替代的两个型号让客户节省了12%的器件采购成本，妻子知道后对我会心地笑了笑，我知道那是鼓励和支持……


一 集成电路这些年系列

导语 我眼中的半导体集成电路

集成电路（Integrated Circuit，简称IC）

对于大部分人来说，集成电路既陌生又神奇，因为它仅仅是一个历经50多年的产业，但却在短短的50多年里，通过集成电路创新的产品不断和彻底地影响和改变着我们的工作、生活、娱乐乃至习惯和思维。无论是电视、空调、冰箱、洗衣机、热水器等家用电器；无论是电表、水表、燃气表、热量表等生活必备计量产品；无论是油烟机、电磁炉、电饭煲、豆浆机等生活电器；无论是洗碗机、吸尘器、一卡通系统、电梯等便利产品；也无论是手机、电脑、路由器、交换机等通信产品；也无论是血压计、血糖仪、脉搏仪、磁共振成像设备等医疗器械；也无论是汽车、电动车、摩托车、飞机、轮船等交通工具；也无论是智能电网、三网融合、地铁高铁、物联网等民生工程以及工业和军用电子产品等，无处不充斥着集成电路广泛的应用。集成电路集成产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分，关乎我们的衣食住行，为我们的安全便捷、高质高效、节能环保和幸福快乐保驾护航。集成电路甘愿深藏幕后芯跳不止地默默守护。

集成电路是通过外部封装表现形式来实现其内部的功能和特性，就如同人有高矮胖瘦、肤色、性别、美丑等外表，集成电路同样拥有种类繁多的封装形式（Package Type）。封装形式是将制造完成晶圆固定，绑定引脚，按照用户功能需求制作成各种不同的外部形式，这也就是同种集成电路内核可以有不同封装形式的原因。伴随着不同时期用户应用需求的不同和封装技术的不断更新演变，市场中流通最为常见的典型封装，从时间上大致可以分为三个阶段的五种不同封装形式。
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第一阶段是20世纪80年代以前，主流封装技术是针脚插装，典型代表形式是DIP封装（Dual In-line Package，双列直插式封装），是一种最简单的封装技术方式，采用双列直插形式封装集成电路。时至今日市场上还会有一些DIP封装的集成电路在使用，特别是在工业和一些技术更新换代比较慢的领域，使用DIP封装可以将集成电路直接焊接在电路板上，必要的时候还需要配合插座方便拆卸，这样的产品物料和成本都会增加，而且难以满足高效率自动化生产的要求。

第二阶段是20世纪80年代中期，伴随着集成电路大规模的应用和高效自动化生产的强劲需求，表面贴装（SMT）成为最热门的组装技术，改变了传统的插装形式，通过细微引线替代针脚将集成电路贴装在电路板上，大大提高了集成电路的电气特性和批量生产自动化。其中典型的封装形式有PLCC封装（Plastic Leaded Chip Carrier，塑料引线芯片载体），外形呈正方形，引脚从封装的四个侧面引出，呈丁字形，外形尺寸比DIP封装小得多，适合用于表面贴装（SMT）技术，具有外形尺寸小和可靠性高等优点。后来拓展出QFN封装（Quad Flat No-leadPackage，方形扁平无引脚封装），也被称为LCC封装。SOP封装（Small Out-Line Package，小外形封装），引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L字形），是目前最为常见的小型化封装方式，广泛的应用范围使其逐渐派生出SOJ（J型引脚小外形封装）、SOIC（小外形集成电路）、SSOP（缩小型SOP）、TSSOP（薄的缩小型SOP）、SOT（小外形晶体管）、TSOP（薄小外形封装）、VSOP（甚小外形封装）以及MSOP和QSOP封装等。QFP（Quad Flat Package，方型扁平式封装），引脚从四个侧面引出呈海鸥翼状（L形），是目前微控制器通常采用的封装方式，也有LQFP（low profile quad flat package）、TQFP（Thin Quad Flat Package）、PQFP（Plastic Quad Flat Package）、MQFP（Metric Quad Flat Package）和VQFP（Very Thin Quad Flat Package）等封装形式之分。这三种典型的封装形式之中，SOP封装和QFP封装是目前最为普及和主流的封装，具有引脚引线细短，封装密度高，电气性能好，体积小，重量轻而且易于大规模批量自动化生产等优点。

第三个阶段是1997年，伴随着封装尺寸进一步的小型化和微型化，以及半导体技术不断革新，随之出现了许多新的封装技术和形式，英特尔率先将QFP封装更新为BGA（Ball Grid Array，球状引脚栅格阵列）封装，将封装底部引脚排列成一个类似于格子的图案，这种采用面阵引脚的封装使得密度大为提高。BGA封装作为第三阶段的典型封装形式，让封装工艺和技术走进了一个全新时代，也让半导体集成电路向高集成度小微型化发展，且具备高可靠性和稳定性，以及良好的散热性能和电性能。BGA封装可以细分为PBGA（PlasricBGA）、CBGA（CeramicBGA）、FCBGA（FilpChipBGA）、TBGA（TapeBGA）、CDPBGA（CarityDownPBGA）等十几大类别，我们所熟知的中央处理器（Central Processing Unit，CPU）和大容量存储器一般都采用这样的封装形式。

伴随着电子整机对半导体器件与集成电路的封装密度和功能的需要，封装也逐渐从DIP等中低端领域向SOP、QFP乃至BGA等高端封装形式延伸，未来还将会有芯片尺寸封装（CSP）、芯片直接焊（DCA）、单级集成模块（SLIM）、圆片级封装（WLP）、三维封装（3D）、微电子机械（MEMS）封装、表面活化室温连接（SAB）、系统级芯片（SoC）封装、系统级封装（SiP）、倒焊接（FC）、无铅焊等技术引领下的更多封装形式。

以封装形式作为载体的集成电路是通过其内部封装的晶圆，来实现集成电路千变万化的各种奇特的具体功能，就如同人的心脏，一般情况下我们看不到其存在的形态。晶圆可以让半导体集成电路芯跳不止，创造出意想不到的、花样翻新的、新品层出不穷的电子产品世界。集成电路的核心—晶圆是高纯度的硅（纯度99.99 9小数点后面有9～11个“9”），一般被制作成直径为6英寸、8英寸或者12英寸的圆柱形硅棒，用激光切割成极薄的硅片，然后在上面用光学和化学蚀刻的方法把电路或者电子元器件做上去，做好之后的每片硅片上有着大量的一片片半导体芯片，这些加工而来的圆形硅片就是晶圆（Wafer）。然后一片片地切下来进行封装和测试，之后的产品就是我们所看到的集成电路，这是一个相当复杂的工艺技术，涉及IP核授权、功能设计、验证流片、晶圆代工、封测工厂等众多的供应链环节协同完成的产品。我们所接触更多的是半导体研发设计及营销企业，其实还有诸如全球著名晶圆代工厂台积电、台联电和中芯国际等，以及日月光半导体和长电科技等后端的封装和测试厂商，当然在半导体领域也不乏像英特尔、三星电子、美光科技、SK海力士、德州仪器、意法半导体等自有晶圆制造和封测的厂商。

集成电路技术和商业模式的不断创新为应用市场注入了新的活力，于是便有了越来越多的半导体企业加入其中，这些企业生产的产品五花八门、形式各异，当然也有彼此之间可以通用的物料，而且各个企业的成长和专注领域有所不同，于是便有了后面我们将要分享的集成电路的不同品牌，虽然只是半导体企业中很少的一部分（也是我工作中接触最多的和比较熟悉的），但它们都具有典型的代表性和独特的一面。在我看来，或是辉煌的历史，或是进取的创新，或是执着的专注，或是优势的整合，或是另辟的蹊径，或是广泛的应用，或是成功的模式，或是前瞻的独运，它们所拥有的技术创新的活力，市场拓展的能力，资源整合的动力以及广阔市场的潜力都给我们留下了深刻的印象，同时也带来了企业发展深深的启示和反思。

这个行业永远都是内行看门道、外行看热闹，业内人士更多注重品牌、功能和品质，外行人只看型号和封装比价格，于是便有了集成电路销售和分销的有志者，让更多的人看到有关集成电路除价格以外的深层次的东西，层层揭开华丽表象背后的根本和实质，更为全面和客观地再现半导体集成电路原有的特质和灵魂。半导体集成电路就如同一个人，不仅拥有多样的外表，更拥有跳动不止的心灵。

系列之（一）水泊梁山—FSC（仙童）

仙童（Fairchild Semiconductor，简称FSC）


从水浒传到仙童看集成电路文化差异


八百多年历史沧桑，峰峦间一百单八位好汉的踪迹依旧历历在目，忠义堂等遗址无不唤起游人悠悠的江湖恩怨、思古之情。帝子遗碑、梁山叠翠、法兴夕照 古迹尚存且美名流传；五十多年的风云变幻，笑谈中“叛逆八人帮”传奇般的创业历程历历在目。最富创新精神和最令人振奋的硅谷燃起创业者的激情，商海沉浮，创新犹在且源远流长，真可谓“水泊梁山，芯播硅谷”。
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仙童历史创造的硅谷图谱



如今重读这些故事却发现有些许相似之处，宋江等一百单八位好汉为了“替天行道”不得不齐聚梁山，劫富济贫，匡扶正义；诺依斯（N.Noyce）、摩尔（R.Moore）、布兰克（J.Blank）、克莱尔（E.Kliner）、赫尔尼（J.Hoerni）、拉斯特（J.Last）、罗伯茨（S.Boberts）和格里尼克（V.Grinich）为了理想相继叛逆出走，虽然分处不同历史时期、不同地域、不同文化背景、不同故事情节，但却同是因为叛逆为后人留下一段历史佳话。

不同之处在于两者的动机截然不同，以宋江为首的一百单八位好汉大多是被逼上梁山，或杀人或放火不得已而为之，齐聚之后开始谋划出路。而八叛逆则是因为威廉·肖克利（William Shockley）的管理风格和纯研究型个性导致自愿出走，之后才有了以Fairchild Camera and Instrument投资为名的仙童；不同之处还在于两者的经历截然不同，梁山最终如愿以偿地走向了给兄弟们一个好的归宿的招安之路，开始南征北战曲尽人散。而仙童的经历则是在公司走向困难的时候被原仙童总经理所掌管的国半收购之后又成为独立的飞兆，而且现在依旧焕发着勃勃生机；不同之处更在于《水浒》作为我国四大经典名著广为传说，而仙童的真实故事为硅谷的发展奠定了良好的基础，虽不能相提并论，但却在对比之后给予颇多启示。

虽然两个故事同为叛逆，但我们所看到故事情节的经过及结果却大不相同，不能说哪个故事对于我们的教育意义更为深刻，因为所处的环境和理解不同，只能从对比的结果里看我们现在缺乏的是什么，以及如何重构我们对认知的思维。我们只是在探索和发现我们的无知，一旦有好的思路，我们会付诸行动，但最终都难逃世俗的禁锢，我们也有过叛逆，但最终都因无法走出自己而搁浅。原因何在?历史和现实的思想在束缚着我们不到万不得已都会去欣然顺从接受和适应现实的环境。水浒传的悲惨结局恰恰真实地印证了我们在创新方面的欠缺，而西方的文化里面蕴藏着挣脱改变，创造和征服；两段故事存在着地域和人文上的巨大差别，而这些差别则鲜明地反映出了东西方文化之间的差异，对事物的认知、理解、思考、思维方式、行动、态度、方法和实践以及导致的结果等诸多方面。当然世上本无路，无论走那条路也都不会是捷径，但抱怨只会让我们一败涂地，找到差异所在，开拓思维克服或者绕过去慢慢消化。

作为集成电路的发明者，仙童给半导体产业留下了无数的脚印，其创新的基因给我们留下了深深的思索；四大经典名著之一，水浒传给我们留下了无数幅刀光剑影的江湖画面，其忠义的理念却让人深深反思；作为身处集成电路行业的践行者，我们试图用现实的思维去理解和梳理东西方文化的差异，面对如此尴尬的困惑开拓远见思维探索走出一条适合自己的路，在这个只有梦没有距离而且提倡创新的年代。

梦醒时分，梁山依旧，仙童犹在，但愿我们已改变！

改变的仙童：从仙童到快捷或者飞兆又到仙童


仙童半导体的历史和思索


提及仙童半导体，相信很多人都为它曾经辉煌的历史所折服，为它曾创造的不朽所震撼，为它曾书写的沉浮而悲伤，为它曾重拾的信心而振奋。特别是身处半导体行业的从业人员能够了解这份厚重的历史，将更加有助于我们开拓思维，洞察远见，启迪反思，践行渐知。让我们从历史的编年体中慢慢地展开我们的思绪，让久远的故事再一次走进我们的视野，让沉淀的励志再一次激励我们的灵魂，与坚持理想者一起。

1955年威廉·肖克利（William Shockley）在硅谷创办了肖克利半导体实验室。他开始招募年轻科学家组成了“博士生产线”，致力于使用锗和硅制造晶体管，因仰慕“晶体管之父”的大名，求职信像雪片般飞到肖克利办公桌上。第二年，八位年轻的科学家从美国东部陆续到达硅谷加盟肖克利实验室。29岁的Robent Noyce（诺依斯）是八人之中的长者，也是“投奔”肖克利最坚定的一位。当他飞抵旧金山后所做的第一件事，就是倾其所有买了一所房子，决定永久性定居，根本没有考虑工作环境、条件和待遇。其他七位青年来硅谷的经历与诺依斯大抵相似。但是后来，威廉·肖克利的管理风格和纯研究型个性导致这八位年轻科学家离开了实验室。1957年Gordon E.Moore、C.Sheldon Roberts、Eugene Kleiner、Robert N.Noyce、Victor H.Grinich、Julius Blank、Jean A.Hoerni 和Jay T.Last—来自肖克利半导体的“叛逆八人帮”采用双扩散技术和化学刻蚀系统，自掏腰包花费3500美元开发出一种批量生产硅晶体的方法，硅和锗台面工艺使厂家可在单一晶片上生产多个晶体管（此前只能一次生产一个晶体管），新“台面工艺”潜力巨大，但是发明家们需要资本支持。Fairchild Camera and Instrument Corporation以八年内购买该公司作为回报，投资了150万美元，于是1957年10月1日仙童半导体诞生。至此，我所能够触及到的这些历史与我所见到的内地的工程师创业者有些不同，他们大多是从原有发展较好的公司跳槽出来单打独斗做些项目，或者不同领域的工程师合伙做些原有公司的低端复制品以积累资本，鲜有像八叛逆这样先后出走而后又聚在一起成就一番事业。李一男先生应该是我所听到的比较成功的一位技术创业者，在项目启动阶段，基本上都是自掏腰包，但在后期本土工程师要想在资金上寻求支持相对来说要困难得多，好在近两年出现了些基于互联网的融资平台和众筹网站可以解决创业者的不时之需，也许今后的本土硬件创业环境要比以前强很多，工程师们可以在新的互联网时代大展拳脚，但前提是需要有一个优良的创业团队和创新的科研产品。

仙童优良的团队使得Robert Noyce在1958年开发了单片集成电路。1959年7月30日仙童半导体创建者之一兼总经理Robert Noyce为单片集成电路提出专利申请。1961年4月25日仙童半导体获授此专利，并从此开启了集成电路时代。电阻-晶体管逻辑（RTL）产品—置位/复位触发器是该行业首个可作为单片生产的集成电路。1964年仙童半导体创始人之一摩尔（Gordon E.Moore）博士，以三页纸的短小篇幅发表了一个奇特的定律。摩尔天才地预言道：“集成电路上能被集成的晶体管数目，将会以每18个月翻一番的速度稳定增长，并在今后数十年内保持着这种势头。”摩尔所作的这个预言因后来集成电路的发展而得以证明，并在较长时期保持了它的有效性，被人誉为“摩尔定律”，成为新兴电子电脑产业的“第一定律”。至此，要提醒本土的工程师创业团队，一定要注意研发成果和知识产权的保护，要是有独特的项目创新就赶紧申请专利和软件著作权，虽然现在的知识产权保护体系还有一些不尽人意，但要等到法律体系健全的时候再去申请，已经亡羊补牢为时晚矣。集成电路发明专利尚且存在纠纷，何况是现在产品更新速度极快环境下的微创新，拿起法律的武器去捍卫自己的劳动成果当仁不让。

仙童创新的集成电路产品使得仙童能够在集成电路领域留下无数个创新的脚印，1965 年仙童半导体开发了首个普遍应用于全行业的OpAmp（运算放大器）—这是线性集成电路领域中的一个里程碑。1966年仙童半导体推出了首个标准的TTL产品，一个四芯导线双输入NAND栅极。TTL逻辑仍是该行业的主力产品，与早期电路类型相比，该产品在速度和功率方面更具优势。1986年使用高耐用性和低能耗的仙童半导体浮动栅极 COMS 推出首款 CMOS 非易失性电力可拭存储器。1990年推出建立在AMG™（替代金属接地）架构上的EPROM。传统的T电池每两排一个触点，与之相比该架构每64排仅需一个触点，因此它是行业中尺寸最小的芯片。1996年TinyLogic™在某些现有可用最小封装中提供单栅功能。“微型高速系列”提供与 HC/VHC 相似的性能，并可配合CMOS（HS）和TTL（HST）兼容输入使用。2003年飞兆半导体推出 FSBB20CH60，是用于三相逆变器的业界最小智能电源模块，且一个封装里包含16个芯片。这些创新的产品无疑成就了仙童辉煌的过去，也使得仙童秉承了创新的基因乃至现在以及将来。

当然并不是所有的公司发展都是一帆风顺的，仙童也不例外，在经历过20世纪60年代的黄金时机之后，仙童也开始孕育着危机。1967年“八叛逆”中的赫尔尼、罗伯茨和克莱尔首先负气出走，成立了阿内尔科。随后“八叛逆”另一成员格拉斯也带着几个人脱离仙童创办西格奈蒂克斯半导体。1968年“八叛逆”中的最后两位诺依斯和摩尔，也带着葛罗夫（A.Grove）脱离仙童公司自立门户，他们创办的公司就是现在大名鼎鼎的英特尔（Intel）。从此纷纷涌进仙童的大批人才精英又纷纷出走自行创业，在这个时候仙童曾直接或者间接孕育了像英特尔（Intel）、超微（AMD）、国家半导体（NSC）、赛灵思（Xilinx）、凌力尔特（LINEAR）、爱特梅尔（ATMEL）、赛普拉斯（CYPRESS）等如今非常知名的半导体公司，大量人才的流失虽为硅谷的发展奠定了基础，却使得仙童曾一度走向幕落的边缘。1979年仙童半导体的母公司—Fairchild Camera and Instrumentation Company成为Schlumberger Limited（一家全球油田服务和电子公司）的子公司，曾经是美国最优秀的企业，仙童半导体也随母公司被法国外资接管。1987年国家半导体（NSC）收购仙童半导体。至此，我们看到了一个优秀的公司因为人才的大量流失而演绎了一段经典的商海沉浮！其实我们的身边都不乏这样的故事，而且这样的事情还将在未来的时间里被一次又一次地重演，也许正是因为有这样充满未知的变数才有可能激发行业自身的颠覆，也许有这样不安分的颠覆和无畏的不知足才能诠释行业无尽的魅力和创新的延续。我曾经见过一个公司在上市后，有些工程师甚至销售主管开始陆续出走自主创业，也是在原有产品领域做些拓展应用，一年下来在这个领域的公司从当初的一两家一下子增加到十几家规模大小不等的公司，在慢慢地稀释着行业的利润和无限制地降低着行业的准入门槛。从现在的情况来看，人才的流动是正常的，也是值得鼓励的，但是人才的过度流失，如仙童一样就会给企业的发展带来极大的隐患和危机，所以想要成为一个优秀的公司，如何选用和留用以及留住人才无疑是对创业者最大的考验，更是一门管理的艺术。

1997年仙童半导体重新成为一家独立公司并更名为飞兆，预示着一家拥有辉煌创新历史、卓越设计人才与制造能力的公司回归业界。于是我们看到了美国式的野蛮生长：1999年飞兆半导体成功完成对Samsung（三星）电力设备部门的收购，获得了一条用于生产功率分离式设备以及各类行业标准模拟元件的完整生产线；2000年飞兆半导体完成对光电领域全球最大独立公司QT Optoelectronics的收购，将公司产品组扩大到所有细分市场；飞兆半导体通过收购Kota Microcircuits和Micro Linear的电源管理业务促进其全球模拟业务的发展。仅仅28个月，此收购就使公司模拟业务的年收入从零增长到4亿美元。2001年飞兆半导体完成了对Intersil（英特矽尔）公司分立电源业务的收购，并成为世界上第二大电源MOSFET供应商。

仙童半导体在经历过无与伦比的辉煌，大量人才流失的阵痛，多次被分拆、被出售，独立掌控发展命运，大胆的业务整合收购之后焕然一新。2014年3月19日上午10点飞兆半导体公布新徽标重回仙童，着重布局：在中国设有北京（信号、开关）、上海（处理器电源、负载开关、充电IC）和深圳（驱动IC）三个设计中心，提供针对本土客户的产品设计；苏州装配和测试工厂完成产品的本地制造，降低成本；深圳全球功率资源中心和上海全球移动资源中心为客户提供技术支持。着重阐述新策略：成为领先的电源管理半导体解决方案公司。这让我们再次看到仙童半导体能屈能伸，虽忍辱负重但已重回初心，让我们再次看到仙童半导体极具强大和蓬勃的生命力，让我们再次看到一个榜样的历练和复活，期待历史的辉煌可以在新时期的半导体舞台重演。

仙童半导体的经历完整诠释了一个公司成长和发展过程中充满曲折和坎坷的辛酸路，展现了一部充满激情、不断调整、思索进取、自我完善、创新改变的励志剧，但更多的是陌路的寂寞和无休止的挣扎，经得起辉煌时的诱惑，耐得住贫瘠时的寂寥，扛得起危机时的辎重，忍得住黑暗中的迷茫，别让自己最初的理想在忙碌奔波的世界里慢慢地淡出视野，消失在无谓的生命里。
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旧标识
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仙童集成电路顶端标记




FSC（仙童）历程


1957年10月1日，仙童半导体诞生。

1958年，Robert Noyce 开发了单片集成电路。

1959年7月30日，仙童半导体创建者之一兼总经理Robert Noyce为单片集成电路提出专利申请。

1961年4月25日，仙童半导体获授此专利，并从此开启了集成电路时代。电阻-晶体管逻辑（RTL）产品—置位/复位触发器是该行业首个可作为单片生产的集成电路。

1965年，仙童半导体开发了首个普遍应用于全行业的OpAmp（运算放大器），这是线性集成电路领域中的一个里程碑。

1966年，仙童半导体推出了首个标准的TTL产品，一个四芯导线双输入NAND栅极。TTL逻辑仍是该行业的主力产品。与早期电路类型相比，该产品在速度和功率方面更具优势。

1979年，仙童半导体的母公司成为Schlumberger Limited（一家全球油田服务和电子公司）的子公司。

1986年，使用高耐用性和低能耗的仙童半导体浮动栅极COMS推出首款CMOS非易失性电力可拭存储器。

1987年，National Semiconductor Corporation（NSC简称国半）收购仙童半导体。

1990年，推出建立在AMG™
 （替代金属接地）架构上的EPROM。传统的T电池每两排一个触点，与之相比该架构每64排仅需一个触点。因此它是行业中尺寸最小的芯片。

1996年，TinyLogic™
 在某些现有可用最小封装中提供单栅功能。“微型高速系列”提供与HC/VHC相似的性能，并可配合CMOS（HS）和TTL（HST）兼容输入使用。

1997年，仙童半导体重新成为一家独立公司并更名为飞兆，预示着一家拥有辉煌创新历史、卓越设计人才与制造能力的公司回归业界。

1999年，飞兆半导体成功完成对Samsung（三星）电力设备部门的收购，获得了一条用于生产功率分离式设备以及各类行业标准模拟元件的完整生产线。

2000年，飞兆半导体完成对光电领域全球最大独立公司QT Optoelectronics的收购，将公司产品组扩大到所有细分市场；飞兆半导体通过收购Kota Microcircuits和Micro Linear的电源管理业务促进其全球模拟业务的发展。仅仅28个月里此收购就使公司模拟业务的年收入从零增长到4亿美元。

2001年，飞兆半导体完成了对Intersil（英特矽尔）公司分立电源业务的收购，并成为世界上第二大电源MOSFET供应商。

2003年，飞兆半导体推出FSBB20CH60，是用于三相逆变器的业界最小智能电源模块，一个封装里包含16个芯片。

2014年3月19日上午10点，飞兆半导体公布新徽标重回仙童。

系列之（二）钢铁连城—TI（德州仪器）

德州仪器（Texas Instruments Incorporated，简称TI）

读过《钢铁是怎样炼成的》这部长篇小说的人都知道，小说通过记叙保尔·柯察金的成长道路告诉人们：一个人只有在革命的艰难困苦中战胜敌人也战胜自己，只有在把自己的追求和祖国、人民的利益联系在一起的时候，才会创造出奇迹，才会成长为钢铁战士。“当他回首往事的时候不会因虚度年华而悔恨，也不会因碌碌碌无为而羞愧！”的经典名句让我记忆铭刻，深处半导体行业越久就越会被TI铸造的钢铁连城震撼，它的历程值得借鉴。让我们了解一下TI的钢铁是怎样炼成的。

成功并不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起持续累积而成！1952年TI购买AT&T旗下西部电气（Western Electric）晶体管许可证进入半导体业务，从此掀开了TI铸造半导体行业钢铁连城的辉煌篇章。但其实TI的历史可以追溯到1930年成立的名称为“Geophysical Service”，是第一家专门研究地球物理勘探反射地震验测法的独立承包商，该公司在美国新泽西州成立，在位于新泽西纽瓦克的实验室设计和制造自己的设备，但其总部却在德克萨斯州的达拉斯。1938年12月Geophysical Service在特拉华州创立名为Geophysical Service Inc.（GSI）的子公司。1939年1月母公司Geophysical Service更名为Coronado Corporation。1941年特拉华州子公司GSI被三位职员H.Bates Peacock、J.Erik Jonsson和Cecil H.Green以及Geophysical Service 的两个创始人之一Eugene McDermott收购。1945年Coronado Corporation倒闭但GSI仍然存在。1951年12月GSI整组更名为Texas Instruments Incorporated。这段历史让我们看到TI（德州仪器）并不是一开始就是做半导体方面业务的，但从1952年决定进入半导体业务的那一刻起持续累积而逐步走向成功。

1953年10月1日TI通过与Intercontinental Rubber合并，在纽约证券交易所（NYSE）上市，为扩大经营范围收购了Engineering Supply和Houston Technical Labs。1958年在位于达拉斯Expressway的公司致力于半导体（SC）构建，也就是在这个时候杰克·基尔比（Jack Kilby）发明了集成电路。1958年9月12日，这是让半导体历史上值得铭刻的日子，杰克·基尔比（Jack Kilby）用借来的临时设备，构想并造出了第一块电子电路板，这块电路板中的所有器件，不管是有源的还是无源的，都组合在半个纸夹大小的半导体材料上。第一个简易芯片在实验室演示成功，打下了整个现代微电子技术领域的概念和技术基础。就是这个重大成就，使当今信息时代功能完善的高速计算机和大容量半导体存储器成为可能。
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杰克·基尔比（Jack Kilby）和他的集成电路



TI没有因为拥有这样的成就而放松对发展的探索，反而是更加疯狂地捕捉任何一个可以成就卓越的机会。1959年TI与位于马萨诸塞州阿特尔伯勒的Metals&Controls Corp合并，合并扩大到荷兰、法国、意大利、墨西哥、阿根廷和澳大利亚等国家，并将业务拓展至全球各地；1965年购买德州谢尔曼，在德国巴伐利亚州购买弗赖津；1987年收购Rexnord Automation的控制和工业系统单元；1988年资产剥离GSI中60%的股权；1989年与中国台湾宏基组成合资企业生产半导体；1990年与日本Kobe Steel组成合资企业生产半导体，资产剥离半导体光掩膜，在意大利阿维萨诺开办先进的晶圆厂；1991年与惠普、佳能和新加坡集团组成合资企业生产半导体，收购James Martin Associates，资产剥离工业控制和 GSI，发展数字成像事业将数字光源处理（DLP）推向市场；1992年资产剥离UNIX业务，小型计算机业务和工业系统；1995年资产剥离FPGA产品系列；1996年资产剥离打印机业务和定制化生产，收购Tartan，Inc.和Silicon Systems，Inc.；1997年资产剥离国防商务部，移动计算资产，化学运营部，软件业务，多点系统，电传通信系统，观察设备，贝德福德电源IC业务，模具制造业务和德克萨斯州信用合作社，收购Intersect Technologies，Amati Communications，GO DSP和Oasix&Arisix；1998年资产剥离半导体内存业务，TI-Acer中德州仪器的份额，传感器和控制有线产品，WORKS 产品，无线收费业务和阿威萨设备，收购Spectron Microsystems，哈里斯逻辑产品系列和Adaptec存储设备产品组；1999年资产剥离传感器和控制军用连接器，传感器和控制信用合作社，阿特尔伯勒导线架业务，收购提供传感器和控制器的Integrated Sensor Solutions，Butterfly VLSI，Telogy Networks，ATL Research A/S，Libit Signal Processing，Unitrode和Power Trends；2000年收购Toccata Technology，Alantro Communications，Dot Wireless，Burr-Brown和Phoenix VLSI设计团队，资产剥离传感器和控制材料部门；2001年收购Graychip；2002年收购Ditech回声消除软件部门，Condat AG，Envoy Networks；2003 年收购 Radia Communications；2005年资产剥离Liquid crystal display（LCD）driver operations；2006年资产剥离Sensors&Controls business-substantially all except RFID product line，收购 Chipcon AS；2007 年资产剥离 DSL customer premises equipment（CPE）product line，收购POWERPRECISE Solutions 和 Integrated Circuit Designs；2008 年收购 Commergy Technologies 和 Innovative Design Solutions；2009 年收购 CICLON Semiconductor和Luminary Micro；2010年7月27日德州仪器以11.88亿元收购成都成芯半导体，资产剥离Cable modem product line；2011年斥资65亿美元收购国家半导体（National Semiconductor）；2013年12月20日宣布16.9亿美元（约合100亿人民币）收购中国成都UTAC厂房，至此TI（德州仪器）在世界各地都有生产运营基地，包括美国、墨西哥、德国、苏格兰、中国大陆、台湾地区、马来西亚、日本及菲律宾。


TI收购公司及时间表一览（据1996年不完全统计）
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续表
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TI资产剥离一览表（据1996年）
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续表
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回首TI的成长历程，无不充满着合并，资产剥离，分拆和收购，也许正是通过这样漫长的过程对自己的资产剥离、分拆，调整自己的主业，以及不断地整合和收购才能壮大和巩固自己在半导体业务方面的江湖地位。TI的钢筋铁骨就是通过这样的持续调整积累而来的，在艰难困苦中不断地战胜敌人也战胜自己，练就了如今的铜墙铁壁，铸造着半导体行业的钢铁连城。环顾本土的企业鲜有像TI这样，从一开始就利用资本通过收购和分拆整合优势资源，并在随后的发展中秉承和发扬着这样的个性或者习惯，大部分的本土企业大多数都在通过原始的自身积累缓慢地向前推移，有收购的企业也多半是主业以外的拓展性收购，诸如紫光收购展讯和锐迪科，基本上没有听说过有像TI收购国家半导体（National Semiconductor）这样同行业之间的收购，也很少听说过对自己非主业的资产剥离和分拆，至今我们所知道的也就只有华为设立海思子公司和中兴剥离国民技术以及设立中兴微子公司这两例。也许是因为到目前为止我们的企业经历历程相对来说要比海外企业短得多，大家都处在原始资本积累阶段，相信随着众多优秀企业的不断上市和国家产业政策的导向引领，在未来的若干年会出现大面积的合并和收购整合，而在这个时候，TI所经历的历程会非常值得本土同行中励志卓越的企业参考和借鉴，或许这就是我们的企业以后要走的路，虽漫长但充满智慧和毅力。摆在本土企业面前的两万五千里长征才刚刚开始，前方的路还有很长而且充满迷茫，但唯有一条路不能选择—那就是放弃主业的路；也只有一条路不能拒绝—那就是健康成长励志卓越的路。

任何限制都是从自己内心开始的，消极的人在每个机会中都看到某种忧患，而积极的人总会在每一次忧患中都看到一个机会。TI（德州仪器）的成长历程并非一帆风顺，但或许就是因为其乐此不疲的收购和分拆，总能够使其在困难来临的时候更加坚持和专注前瞻性的技术投入和驱动型的市场投放。

以前的数字蜂窝电话中超过半数使用的是TI的数字信号处理（DSP）解决方案，其中诺基亚、爱立信、摩托罗拉、索尼等世界主要手机生产厂商均采用TI的DSP芯片，全球每年投入使用的调制解调器中有三分之一使用TI的DSP，全球超过70%的DSP软件是为TI的DSP解决方案而编写的。然而随着智能手机市场的到来和电子信息市场环境的快速变化，面对高通、三星和英伟达等劲敌，还有博通、英特尔、华为等新势力，更为重要的是大型智能手机制造商三星电子（Samsung）和苹果（Apple）一直以来也在制作自己的无线芯片，TI不得不面临又一次痛苦的抉择，果断地减少了对手机/平板芯片OMAP（开放式多媒体应用平台）处理器方面的投入，也已放缓其连接手机至蜂窝网络的基带芯片的发展。其实早在2005年前后TI就进入了全球的转型期，从以前“大而全”改为“重在模拟与嵌入式应用”，这样前瞻性的洞察力相信不是每个企业都会拥有的，想要割舍自己曾经是最大市场份额的辉煌产品，这样痛苦的决定不是每个企业都能够下狠心做出的，半导体市场就是这样充满着未知而又急剧发展变化的，一旦赶上经济发展的一波浪潮就可以成就一次传奇，一旦错过一次成就辉煌的机会很可能就被边缘化，成为历史的流星，奇幻般琢磨不定的规律和改变成就过很多品牌，也让更多的品牌消失在我们的视野里。TI的不断收购和分拆使其具备着敏锐的潜在市场发展嗅觉和高效执行力，为其可持续健康发展提供源源不断的支撑和动力，构建着应用领域里的钢铁连城。

面对极具市场发展潜力的中国大陆市场，TI自然不会缺席。早在1986年TI就已经来到中国，当时在北京建国门国际大厦一间小小的办公室里，一个香港派来的秘书，一个本地雇用的司机，再加上一个从美国派来的首席代表，这就是所有。踏着第二波外企大潮，TI于1996年在上海设立了独资子公司，在1999年建立深圳办公室，标志着北、上、深布局的完成，其众多办事处以一种近似疯狂的速度一个个分布在中国各地，到2011年的时候TI已经在中国的16个城市设有办事处，在中国拥有1200名员工，这其中包括从研发到生产制造、物流、销售、技术支持、质量管理等。触角已经深入到二三线城市，这种强大的渗透能力也许比产品本身更容易让客户接受而又更令竞争对手难受，这样深入的策略能够让TI永远比对手更快、更频繁地出现在客户面前。更值得一提的是由TI的销售和FAE组成的类似于“特种兵”般的作战方式似乎更加符合中国市场的特点—变化快、竞争激烈、客户多且分散。许多本土企业都处于成长阶段，他们重视创新，对市场能迅速做出反应，但经验不足，因此非常需要半导体供应商在卖给他们产品之外，提供设计建议和全方位的技术支持。事实上在中国电子产业的发展过程中，诞生出一大批具有很强自主创新能力的电子企业，其中不少位于国内二三线城市，与此同时很多国际知名电子企业已经把在华的布点扩展到了二三线城市。TI业务重心转移之后，客户群从几个核心大客户扩展到了众多大、中、小型客户，需要投入更多的技术支持和销售力量，TI强大的渗透能力，及其刻苦和勤奋的精神给业界留下了深刻和良好的印象。TI在中国的历程乃至在驱动型市场的投放，对于本土企业来说更具借鉴意义，他们甚至比本土企业更了解以后的潜在需求和市场动向，更加注重本地化特色的资源配置和市场化运作，更懂得控制发展节奏和着眼长远布局。

在陪伴本土客户成长的过程中，TI清晰地阐释着“帮助客户成功，自己才能成功”的商业模式。只有将自己的追求和用户的利益紧密地联系在一起时，才会创造出奇迹。TI就是这样铸就钢铁连城，创造了一个又一个奇迹！
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TI（德州仪器）历程


1951年12月，GSI整组更名为Texas Instruments Incorporated（德州仪器）；

1952年，TI购买了Western Electric的晶体管许可证进入半导体业务；

1954年，推出首款商业硅晶体管，生产出首款高频锗晶体管，首次推出Regency收音机，首次批量生产商业晶体管产品；

1958年，Jack Kilby发明集成电路，第一颗美国轨道卫星“探险者”采用了TI的晶体管，开发出基极扩散晶体管工艺，生产出集中自动测试机（Centralized Automatic Tester，CAT）晶体管测试机器；

1959 年，生产出首个商业集成电路—Solid Circuits™
 ，生产出首个镓砷（GaAs）太阳电池；

1964 年，集成电路的第一个塑料封装，开发出 TI-Kote™
 碳化矽涂层，推出54/74系列晶体管—晶体管逻辑（TTL）IC；

1967年，发明手持式电子计算器，从生产1.25“晶圆转移到2.0”晶圆，开发出选择布线大规模集成工艺；

1971年，发明单芯片微处理器，发明单芯片“芯片上的计算器”（后来称为微控制器），生产出54/74LS系列IC低功耗肖特基逻辑系列；

1973年，开发出4KB动态随机存取存储器（DRAM）IC；

1974年，发布TMS1000单芯片微型计算机（微控制器）；

1975年，生产出第一个单晶体管存储单元，开发出第一个可编程逻辑阵列；

1977年，发布16KB动态随机存取存储器（DRAM），发布16K电子编程只读存储器（EPROM），发布4K静态随机存取存储器（SRAM）；

1980年，启动门阵列业务，与宝丽来公司（Polaroid）合作开发出第一项声纳自动对焦技术；

1981年，推出TMS7000 8位微处理器芯片，开发出第一款128×128数字微镜器件（DMD）；

1982年，推出单芯片数字信号处理器（DSP），为伽利略计划提供充电耦合设备成像器（CCD）；

1984年，生产转移至6＂晶圆，与富士通公司（Fujitsu）合作开发出芯片上的互补金属（CMOS）门阵列，与美国国家半导体（National Semiconductor）合作开发出32000系列微处理器芯片，开发出标准单元半定制IC；

1986年，开发出首个32位图形DSP，开始生产1MB DRAM芯片，生产出74HC系列IC—CMOS逻辑系列；

1988年，TI和日立（Hitachi）签订16MB DRAM联合开发协议，演示首款混合硅和砷化镓的IC，宣布制造首款量子效应晶体管；

1990年，设计并演示64MB动态随机存取存储器，开发出BiCMOS技术，生产转移至8＂晶圆，制造出基于芯片的单片数字微镜器件；

1992年，发布TI 486微处理器芯片，推出MicroSPARC™
 单芯片处理器，首次推出TIRIS读/写感应器；

1994年，与DSP-RISC架构一起推出多媒体视频处理器芯片，TI、日立（Hitachi）宣布TwinStar JV用于高级芯片生产；

1997年，推出具有1GFLOPS性能的TMS320C6x首个VLIW DSP，Kilby中心落成，投资1.5亿美元建成的研发机构；

1998年，推出全球性能最高的浮点DSP-TMS320C6701，DLP™
 技术和发明人Larry Hornbeck荣获艾美奖；

1978年，首次推出TI Speak&Spell™
 单芯片语音合成器，开发出蚀刻引线框架IDEA技术；

1999年，诺基亚（Nokia）和爱立信（Ericsson）选择开放式多媒体应用平台（OMAP™
 ），日立（Hitachi）和TI宣布共同开发HDTV；

2001年，开始首次生产300毫米完全流通的芯片，推出Sun-UltraSPARC III-Copper工艺；

2002 年，宣布 90 纳米 CMOS 工艺，首款使用 TI 数字射频架构的单芯片Bluetooth®设备，生产出首款64兆比特铁电（FRAM）测试芯片；

2003年，推出14位、124MSPS的高性能模数转换器，宣布首款集成12-volt线路驱动器的单芯片ADSL，宣布WANDA集成三种无线技术的PDA设计，创建使用具备RFID功能的钥匙的汽车无源启动系统；

2004年，首次交付单芯片移动电话设备，宣布应变硅工艺，以提高电子与空穴迁移率，宣布 65 纳米 CMOS 工艺，宣布业界首款最快的 1GHz DSP，宣布OMAP™
 2 架构，宣布用手机可以看电视直播，90 纳米技术可在 300 毫米晶圆上生产。

系列之（三）风云末路—NS（国半）

国半（National Semiconductor，简称NS）

“人生若只如初见，何事秋风悲画扇。”最早接触到NS（国半）的产品是在学生时代教科书上的ADC0809和DAC0832，随后又在工作中更多地接触到了LM2596等电源管理芯片、音频功放和网络接口器件，这些经典产品给众多本土电子行业的从业人员留下了深刻和美好的印象，而且至今在市面上还可以买到，但容颜已改头换面了。NS曾经是最大半导体制造商之一的风云英雄，如今经历了坎坷历程之后，逐渐消失在我们的视野里，留下仅存的记忆和无奈的叹息，NS品牌随着时代的变迁将走入末路。

曾经是半导体工业先驱的NS，在1959年5月27日由数名斯派里公司（Sperry Rand Corporation）出走的工程师创立，不过NS起初并没有像仙童那样风光，由于半导体市场激烈竞争以及陷入了与原东家之间的专利纠纷，到 1965 年公司已是难以为继，最终被斯普雷格（Sprague）家族收购。正是这次收购拯救了NS，董事长斯普雷格用不惜重金和股票网罗电子业最杰出的精英。首先是 Molecro 公司的两位创始人，一位是拉斯特集成电路研发小组中的吉姆·纳尔（Jim Nall），另一位是摩尔的助手思必图·豪斯（Spittle House），1967年年初他将仙童的模拟电路设计天才鲍勃·卫德勒（Bob Widlar）及其设计小组端了过来，此后又以股票拉来查尔斯·斯波克（C.Sporck）和杰里·桑德斯（J.Sanders）等，并许给查尔斯·斯波克（C.Sporck）CEO兼总裁的席位。查尔斯·斯波克（C.Sporck）抵达后，就开始大刀阔斧地推行改革，讲求实效而近乎无情地将生产晶体管的600人砍掉一半，“公司似乎很快就赢利了，尽管那里只有从前一半的工人”，以后这成了 NS 的传统。查 尔 斯 · 斯 波 克（C.Sporck）和这群经验丰富的集成电路专家，使得 NS从一家极端贫困濒临破产的亏损企业快速成长为全球第六大半导体厂商。
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当时的NS（国半）



至此，我们清晰地看到一位职业经理人和一帮专业人才对于一个企业成长和发展的重要性，他们很可能决定一个优秀公司的生死存亡。他们在NS历史进程中的风云演绎似乎远远超过了原始创始人对这个企业所做出的贡献，只是这样的状况很少能够在大陆的企业身上看到。大陆企业目前的情况还是远远停留在原始创始人掌控的范围之内，而且大部分为家族式的企业，即便有海归创办的企业，部分类似于海外公司的运作模式，但其组织架构和在任用职业经理人方面相差甚远，原始创始人对于一个企业的影响根深蒂固，远远超越了一个职业经理人所能够掌控的范畴，推行改革似乎更是难上加难，一旦这些元老相继离开，这个企业很有可能遭遇不测，甚至名存实亡。事实上，我所看到的本土中小型企业大部分都是在原有的企业中分离出来，这和海外初期成长的企业有些类似，但是在聘用人才特别是职业经理人方面却显得尤为保守，职业经理人在本土遭遇尴尬和面临长时间水土不服，而不像查尔斯·斯波克（C.Sporck）如鱼得水，在他任职的1987年，NS以2亿美元的价格从Schlumberger（仙童母公司）手里收购了仙童半导体。由于在1981年时分出去的凌力尔特（LINEAR）对于NS在模拟上是一次严重内耗，收购之后公司进行了重组把公司分成两部分：一个是生产低利润的逻辑和存储芯片部门，另一个是生产高利润的模拟和混合信号芯片部门。最终NS于1997年摒弃了低利润的逻辑和存储芯片部门，以5.5亿美元的价格卖给了将要成立新公司的管理层（他们得到了花旗风险投资子公司Sterling公司的资助），1997年11月27日NS剥离仙童，宣布成立新公司重新称作飞兆（Fairchild Semiconductor），总部位于缅因州的南波特兰市，在长达十年的时间里我们看到了曾是两个最为优秀的公司在辉煌的历史进程里出现过戏剧性的重置和交叉。

随后的NS不断地调整公司的业务，比如1997年7月正式宣布以总金额5.5亿美元收购Cyrix；Cyrix微处理器部门又在1999年出售给台湾的威盛电子，在2001年2月以1.3亿美元收购了Innocomm；在2003年将主要经营Geode系列微处理器业务的信息家电业务部门出售给超微（AMD）；在2004年8月宣布出售图像处理芯片业务给伊士曼柯达（Eastman Kodak）；2004年在中国设立美商国家半导体（苏州）有限公司，在苏州工业园区投产厂房面积36亩，建立半导体封装测试厂房；在2005年3月出售旗下PC Super I/O芯片部门给台湾地区的华邦电子（Winbond Electronics）。这些调整使其更加专注于模拟芯片业务。近年来NS似乎一直没有能够成为一个热门新闻厂家，但也不是默默无闻，2009年3月NS再次裁减1725名员工，占员工总数的25%，此外还在2009年后几个季度关闭位于中国苏州和美国德克萨斯州Arlington地区的两家工厂，使得2010年净利润提高至8800万美元，裁员又一次凑效，转型取得了一定成功。

不过这样的消息并没有持续很长时间，2011年4月4日TI（德州仪器）宣布以每股25美元、总额约65亿美元的现金价格收购NS，两家公司于2011年9月23日正式合并，在交易完成后NS并入到TI的模拟部门，届时TI模拟部门的营业收入将占其总营业收入的近一半。2010年模拟半导体市场的规模为420亿美元，作为模拟市场的领先者TI（德州仪器）2010年在模拟半导体市场的收入为60亿美元，占全球市场份额的14%，NS在2010年的收入约为16亿美元，市场份额为3%。TI（德州仪器）在转型之前业务主要集中在通信业，在逐步放弃数字类业务以及交易完成之后，模拟半导体占比将达17%。NS在工业类市场深厚的积淀，希望能渗透之前无法触及的客户，争取更多的市场份额。这一交易很可能进一步弱化本土模拟半导体企业的竞争力，目前中国拥有许多模拟半导体企业，但大多属于设计企业，受限于产能，仅有有限几家拥有生产资源，比如上海贝岭、上海先进、杭州士兰、无锡华润等公司，但在规模上远远不及，模拟产品类型也属于低端通用。合并后的公司将受益于NS在缅因州、苏格兰和马来西亚的制造业务，TI将继续经营这些制造厂，每个制造厂都还具有进一步增加产能的能力。这在竞争差距方面被又一次无限制地拉大，对于本土模拟类半导体公司在空间提升上制造了诸多天然的屏障。

NS曾是一家居于领导地位的模拟电源管理技术开发商，所生产的电源管理产品种类繁多，其中包括易于使用的集成电路、可提高系统能源效率的PowerWise产品，以及可提高太阳能系统发电量的SolarMagic产品。公司将模拟技术和数字技术相结合，专注基于模拟技术的半导体产品，包括电源管理、图像技术、显示驱动器、音频及运算放大器、接口产品，以及数据转换解决方案等领域的独立元件和子系统。模拟芯片产品主要面向移动电话、显示器、各种便携式应用及广泛的电子产品市场，其中包括医疗设备、汽车电子系统、工业系统以及测试和测量设备等产品市场。其网络接口芯片在90年代被广泛使用成为事实上的标准，特别是其宽范围的温度环境特性，使其被应用在工业场景室外等气候恶劣的环境，2001年在业界率先推出千兆网络控制器芯片。NS在模拟半导体历史上留下无数个经典的产品和不可磨灭的贡献，如今却遭遇被收购的命运，走入末路，留给我们更多的只是记忆和无奈。

NS造就的经典产品曾经被业界无数次地模仿，NS曾经与仙童历史的交织所演绎的辉煌，NS曾经在模拟半导体领域所引领的风云，都将会在其走入末路后被更多人铭刻记忆。
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NS（国半）历史的标识




美国国家半导体（National Semiconductor简称：NS）历程


1959年5月27日，由数名斯派里公司（Sperry Rand Corporation）的工程师创立。

1967年，查尔斯·斯波克（C.Sporck）和杰里·桑德斯（J.Sanders）出走后来到美国国家半导体，查尔斯·斯波克（C.Sporck）担任CEO。他大刀阔斧地推行改革把NSC从康涅狄格州迁到了加州圣塔克拉拉，使一家亏损企业快速成长为全球第六大半导体厂商。

1967年，国家半导体成功开发出首款高度集成的稳压器LM100。其后该公司又成功开发出业界首款新一代的运算放大器LM101，此外国家半导体还成功开发出首款带隙电压参考电路LM113以及首款低压降稳压器LM2930。

1987年，国家半导体2亿美金收购仙童半导体。

1997年，国家半导体又把仙童剥离出来，总部位于缅因州的南波特兰市。

1997年7月，国家半导体正式宣布收购Cyrix，收购总金额为5.5亿美元。

1999年，国家半导体Cyrix微处理器部门出售给台湾的威盛电子。

2001年2月，国家半导体以1.3亿美元收购了Innocomm。

2003年，国家半导体将主要经营Geode系列微处理器业务的信息家电业务部门出售给了AMD。

2004年8月，国家半导体宣布出售图像处理芯片业务给伊士曼柯达（Eastman Kodak）。

2004年，美商国家半导体（苏州）有限公司，是美国国家半导体在中国设立的半导体封装测试厂房，在苏州工业园区投产厂房面积36亩。

2005年3月，国家半导体出售旗下PC Super I/O芯片部门给台湾地区的华邦电子（Winbond Electronics），以专注于模拟芯片业务。

2011年4月4日，德州仪器宣布以65亿美元收购美国国家半导体，两家公司于2011年9月23日正式合并，52年历史的美国国家半导体从此归属德州仪器。

系列之（四）镂月裁云—FSL（飞思卡尔）

飞思卡尔（Freescale Semiconductor，简称FSL）

FSL（飞思卡尔）来自拥有五十多年历史的MOTOROLA（摩托罗拉）半导体部门，由于在计算机时代PowerPC联盟落后于Wintel（微软+英特尔）联盟，又在移动通信由模拟向数字过渡的过程中数字信号处理器（DSP）方面的封闭策略使其不敌于TI，致使到2002年一直排名世界前三的摩托罗拉半导体业务营业亏损高达15亿美金，不得已在2003年10月摩托罗拉倒贴2亿美元将半导体业务拆分融入名为FSL。2004年FSL由原摩托罗拉半导体部门组建，7月成为独立的公开上市公司。了解这段历史的人都知道并不是因为其技术落后，反而恰恰是因为技术过于领先而没有注重实用性和开放性等，致使摩托罗拉半导体早于摩托罗拉（被联想收购）成为历史的记忆，新生的FSL继承和发扬了摩托罗拉原有在通信和消费电子，以及嵌入式产品方面的技术优势，并且不断探索拓展，不断优化提升汽车、消费电子、工业和网络市场嵌入式处理解决方案。“倚声绝艺似珠圆，镂月裁云过百篇。”如今在半导体行业我想用这样的两句话来形容FSL的产品和技术，可能是最为恰当不过。
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倚声绝艺似珠圆，镂月裁云过百篇



说FSL产品方面是镂月裁云，在于继承和发扬了PowerPC内核等优秀的产品，在企业网络、电信传输与交换、3G无线基础架构、存储网络和高端图像市场不断变化的时候，他在2004年10月25日实时推出了PowerQUICC处理器，满足了市场瞬息万变的应用需求，使得基于 PowerPC 内核的发展又达到了一个新的阶段，凭借 32 位PowerQUICC™和ColdFire™处理器系列的强劲增长，以28.2%的市场份额荣登市场第一的宝座；随着性能和功能需求的增长，嵌入式电子产品正在以空前的速度演进，微控制器设计人员需要在传统设计中有所突破，FSL及时在2006年3月13日公布了其微控制器电路图，推出具备针脚兼容的8位和32位设备特性，实现8位和32位微控制器的无缝切换；随着消费电子、医疗、工业和电机控制应用对性能和存储器的要求越来越高，8 位微控制器的性能已少有发展空间，FSL 在2006年7月25日推出的新型ColdFire® V1内核可以提供32位的性能，同时还具备8位微控制器的易用性，其价位也能为传统的8位产品设计者所接受。截止2006年11月FSL已经售出10亿美元以上基于Power Architecture™技术的32位闪存汽车微控制器，在发布第一款专为满足汽车应用的严格质量、功耗和性能要求的汽车微控制器之后短短七年内，FSL（飞思卡尔）正以每年超过1亿件的出货量销售其流行的S12系列 16 位汽车微控制器，在达到这一具有里程碑意义的出货量的同时，FSL仍旧还保证着每百万件产品中不超过一件的极低产品缺陷率。为了满足高度定制化半导体解决方案的市场需求，在2008年6月9日FSL在阿尔特拉Cyclone系列FPGA上推出32位V1 ColdFire内核的首款现场可编程栅格阵列（FPGA）。2009年1月根据市场分析公司IDC发布的报告，FSL半导体在通信处理器市场处于绝对领先，以52%的市场份额高居首位，截止2009年1月FSL已经售出了1.85亿枚通信处理器，这款多功能器件已广泛应用于路由器、交换机、数字线路卡、无线接入/聚合点、统一威胁管理（UTM）设备和 VoIP 设备以及打印机、高端成像和存储应用，尽管当时宏观经济环境遇到了挑战，但FSL通信处理器领域的表现仍旧是可圈可点。以PowerPC和Coldfire以及S12 系列等为主的微控制器，在同样速度下所用的时钟频率较其他类微控制器要低得多，因而其在高频噪声、抗干扰能力等方面性能突出，更适合用于汽车、通信和工业领域及恶劣的工作环境中。

说FSL产品方面是镂月裁云，还在于其在ARM系列产品方面的开拓，除了现有的ColdFire 解决方案和基于PowerPC技术的微控制器，FSL还加强了与ARM的合作，提供广泛的ARM系列微控制器。比如在2010年6月22日宣布推出的Kinetis系列，是基于ARM®Cortex-M4内核的90纳米32位微控制器，Kinetis还使用与ColdFire+MCU相同的软件支持工具和超低功耗灵活性，补充了 FSL 推出的 90 纳米ColdFire+MCU系列，是业内扩展能力最强的微控制器系列之一，使客户能够轻松地为其最终应用选择最佳解决方案，FSL 为此成为第一家推出基于ARM最新Cortex-M4内核微控制器的企业，也开创了其微控制器领先地位的新纪元。在2010年11月9日FSL已开始提供ARM微控制器Kinetis系列的首款器件，该产品共有五个系列（K10、K20、K30、K40和K60）面向客户提供样品，包括超低功率微控制器的广泛组合，提供丰富的模拟性能、人机界面、连接性和安全性，同时飞思卡尔也推出了全面的硬件和软件支持包，使最新的技术可以得到更方便快捷的应用。

2011年11月8日FSL推出新的Kinetis X系列再次刷新了微控制器的性能标准，该系列仍是基于Cortex-M内核，其操作频率却可以达到200MHz，是业界速度最快的微控制器，Kinetis X系列扩展了FSL32位微控制器产品组合的高端部分，该系列的器件集合了出色的性能、丰富的内存和集成外设，并且具备庞大的开发支持生态系统，目标群体是那些需要为其应用程序提供更高处理能力和内存，但同时又希望保留微控制器的成本效率、易用性和低功耗，而不改用微处理器解决方案的设计人员；2012年3月13日FSL再次宣布其全新的基于Cortex-M0+内核的Kinetis L系列微控制器，产品开始向入门级低端通用市场延伸，新款32位微控制器的推出旨在改进目前使用传统的8 位和16位架构的消费和工业应用，于2012年6月19日业内首款基于Cortex-M0+内核的产品系列开始样品试用。FSL是第一家向市场中推出基于Cortex-M4内核的供应商，也再次成为了Cortex-M0+内核方面的先行者。向其Kinetis产品线中加入L系列后，FSL创建了业界最广泛最具可扩展性的ARM组合产品之一，从基于Cortex-M0+内核的低成本入门级产品到基于Cortex-M4内核的高达4MB闪存、200MHz主频的广泛器件。

2013年2月26日FSL宣布使用ARM®Cortex™
 -A50系列微处理器，用于其未来版本的i.MX应用处理器和QorIQ通信处理器产品线，ARM Powered产品组合是业界范围最广的基于ARM技术的解决方案系列之一；2014年2月25日FSL宣布推出Kinetis KL03即世上最小的、最具能效的、基于ARM技术的32位微控制器，具备全新的性能、先进的集成特性及更卓越的易用性并采用尺寸更小的封装，借助Kinetis KL03设备的全新功能，客户可减小产品尺寸并降低功耗，节省产品设计时间和成本；2014年3月18日FSL不断创新，面向汽车市场推出了全新的基于ARM的Kinetis EA系列微控制器，该微控制器产品完美结合了 FSL（飞思卡尔）汽车微控制器的优良传统和具有革命性的全新开发环境，可帮助汽车电子零部件供应商最短在24小时内实现初始原型开发，通常可将研发周期减少两周甚至更长的时间，并简化了汽车电子应用的整体开发流程。

市场上关于处理器架构方面主要有X86/Atom，ARM，MIPS，PowerPC；ARM和MIPS以及PowerPC均是基于精简指令集（Reduced Instruction Set Computing，RISC）机器处理器的架构；X86则是基于复杂指令集（Complex Instruction Set Computer，CISC）的架构。英特尔在2008年3月初发布新的低功耗处理器家族，命名为Atom，针对新一代移动网络设备平台，Atom处理器是X86指令集的精简版。其中ARM携众多合作伙伴在智能手机和平板电脑等方面一枝独秀，在嵌入式微处理器领域里也是风生水起势头正劲，FSL独拥广受青睐的PowerPC和ARM并且不断创新，注重实用性和开放性，为用户提供市场上可用的理想硬件和软件解决方案，作嵌入式处理解决方案的全球领导者。

FSL不仅在产品和技术方面镂月裁云，而且最近几年在市场方面也是动作频频。首先是请到了曾担任德州仪器高级副总裁及模拟芯片业务的负责人Gregg Lowe先生担任公司总裁兼首席执行官（CEO）；其次是优化小批量产品快速流通渠道，携手e络盟（前派睿电子，著名目录式分销商），为FSL大学计划的高校成员开辟专门通道，提供方便低价的小批量芯片购买渠道，在高校中广为开展的FSL嵌入式系统设计及应用实验室（嵌入式实验室）提供享受芯片购买的特别折扣；再次是和国内嵌入式行业的知名品牌周立功单片机以及利尔达科技结为渠道合作伙伴，优化产品技术性营销的实用性和便捷性以及更加贴近市场应用信息，降低行业客户产品研发周期和技术门槛，向本土客户提供具有竞争力的微控制器产品组合和技术解决方案；最后是为了满足中国市场迅速增长的业务需求并进一步扩展更广阔的大众市场，FSL在原有六个销售办事处的基础上，新开设覆盖中国重点地区的十个销售办事处。截至2014年FSL中国的办事处已延伸至全国九个省份和四个直辖市，覆盖国内绝大部分客户群体，加上创建于1998年的苏州设计中心（专注于前沿消费电子类IC的研发），北京设计中心（专注于半导体制造工艺技术的研究与开发）和天津设计中心（主要从事先进深亚微米IC的设计）三个集成电路设计中心，以强大的市场渗透能力和制造技术优势实现其宏伟的蓝图。

作为在技术上镂月裁云的FSL，其前身摩托罗拉半导体在行业中也可谓是首屈一指。早在1949年为了向新的晶体管和二极管市场扩展业务，摩托罗拉半导体开发部门应运而生，随后其第一个半导体工厂在亚利桑那州建立；1955年用于车载收音机的摩托罗拉锗晶体管是全球首款商用大功率晶体管，也是摩托罗拉首款大规模生产的半导体；1958年摩托罗拉率先为美国太空计划生产转发器，以便在航天器和地球之间提供语音、数据和视频通信；1969年7月摩托罗拉无线电转发器传输了从月球到地球的第一个字，安装在阿波罗11号登月舱上的转发器在地球和登月舱船员之间传输遥测、跟踪、语音通信；1973年摩托罗拉研究人员使用笨重的原型机模型制作了首个模拟移动电话，摩托罗拉继续开发无线通信产品，并参与手机的设计；1974年摩托罗拉推出其首款微处理器8位MC6800广泛应用于汽车、计算和视频游戏等领域；1984年摩托罗拉推出MC68020，世界上第一款真正的32位微处理器，它在一个八分之三平方英寸的芯片上包含了二十万个晶体管，68020是计算领域的一项突破性技术，支持苹果Macintosh个人计算机，Sun工作站和惠普系列网络分析仪；1989年摩托罗拉凭借业界首款多协议微处理器（领先市场的PowerQUICC产品线的前身）树立了在通信处理器市场中的领导地位；1991年PowerPC指令集架构通过AIM联盟获得蓬勃发展，该联盟的合作开发方包括苹果和IBM以及摩托罗拉，现在已发展为Power Architecture平台。这一多功能架构最初用于个人计算机和服务器，但目前已经扩展为飞思卡尔领先的PowerQUICC通信处理器和许多其他嵌入式设备的核心。Power Architecture技术依旧是汽车控制、无线基础设施、企业服务器和航空航天领域等世界上要求最苛刻的应用的基础；1995年在网络和电信领域，PowerQUICC通信处理器作为一个革命性的器件推出，是许多通信和网络系统设计的理想解决方案；1996年摩托罗拉不断解决汽车安全性问题，是率先推出用于汽车气囊的微机电系统（MEMS）惯性传感器的供应商之一；2002年世界首款面向糖尿病患者的无线、不受导管约束的胰岛素泵采用了摩托罗拉微处理器。

摩托罗拉的没落和FSL的上升，再次告诉我们，先进的创新技术和完美的市场应用是完全不同的，只有将两者有机结合并合理运用，找出两者之间的契合点，顺应潮流市场，才能发挥出技术的最大效用，也才能真正成为市场应用的典范。众所周知苹果公司的技术不是最先进的，但却开启了智能手机的新时代，其创新的产品在十年里畅销不衰，成为电子行业竞相追随和模仿的对象。研发类的企业在发展和壮大的过程中，不仅要重视新技术的持续投入，更要密切关注行业产品应用的潮流和动向，建立在用户消费需求之上，或者是发现用户需求，在需求之前前瞻性地策略投入，如同华为，成就中国的世界五百强。
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FSL（飞思卡尔）集成电路顶端标记




FSL（飞思卡尔）历程


2003年10月，MOTOROLA（摩托罗拉）宣布剥离飞思卡尔。

2004年，飞思卡尔于由原摩托罗拉的半导体部门组建，7月飞思卡尔成为独立的公开上市公司。

2005年2月17日，飞思卡尔半导体宣布正式收购PrairieComm，PrairieComm成立于1994年，是领先的3G基带产品开发商；

2005年05月06日，飞思卡尔与飞利浦达成协议双方共享其FlexRay™
 技术，以期推动FlexRay™成为下一代车载网络的通用标准；

2005年11月14日，在北京隆重举行了“全国大学生智能汽车竞赛暨第一届‘飞思卡尔’杯全国大学生智能汽车邀请赛”新闻发布会；

2006年9月15日，飞思卡尔宣布接受由百仕通集团（即黑石集团，Blackstone Group）领导的财团收购，2006年12月1日总金额达176亿美元的收购完成；

2006年，飞思卡尔在业界首次将集成FlexRay™
 解决方案投入生产，采用了32位闪存MCU速率是已有通信协议的十倍；

2008年2月26日，Angstrom Aerospace在其磁力计子系统中使用飞思卡尔温度范围更大的4Mbit磁阻式随机存取存储器（MRAM）产品，该系统被搭载在日本的一颗研究卫星，发射进入太空；

2008年4月30日，飞思卡尔按SigmaTel流通股每股3美元的价格完成了对SigmaTel的收购，总价约合1.1亿美元，SigmaTel的模拟和混合信号IC技术是对飞思卡尔i.MX多媒体应用处理器系列产品的有力补充，使多媒体业务成为一个关键增长动力；

2008年6月9日，飞思卡尔与几大风险投资公司合作，成立主营MRAM（磁阻随机存取存储器）业务的独立公司EverSpin Technologies，飞思卡尔将把MRAM技术、相关知识产权和产品转让给EverSpin Technologies并持有新公司的股份；

2010年，飞思卡尔通过推出200多个超低功耗32位Kinetis MCU改变了整个嵌入式行业，Kinetis代表业界可扩展性最强的ARM® Cortex™
 微处理器组合，为消费电子和工业控制应用提供了全面的支持。

系列之（五）画梁雕栋—ON（安森美）

安森美半导体（ON Semiconductor，简称ON）

ON（安森美）同样来自MOTOROLA（摩托罗拉），而且是在比FSL更早的1999年8月5日由摩托罗拉的半导体元件部门分拆而来，经营产品线包括模拟器件、标准逻辑集成电路、分立小信号及功率元器件等。这些年凭借在运营方面的卓越成绩，以及极具成本竞争力的制造技术，逐步形成全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容，可以帮助工程师应对在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用等终端市场的独特设计挑战，既快速又具有高性价比，在推动高能效电子的创新，减少全球能源的使用方面走出了一条先画梁后雕栋的特色之路。
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ON同样继承了摩托罗拉的优质产品线，并获许在一年之内生产和销售使用摩托罗拉标识的产品，以及在两年之内继续销售原有带摩托罗拉标记的存货。在充斥着收购、兼并和分拆的半导体行业大都这样，存在着产品品牌的切换时间问题，有个别的品牌会保留下来成为一个产品系列的商标。作为新生的品牌ON（安森美）得到了老东家和更多电子行业知名制造商的关照，比如西门子和三星电子，从此也便拉开了ON（安森美）画梁雕栋的序幕。

在2000年4月ON成功地以2.5美元完成收购Cherry Corporation的半导体附属公司Cherry Semiconductor，这家的产品系列涵盖应用于电源管理和汽车市场的模拟集成电路方案，这项收购包括Cherry Semiconductor全球所有业务和资产，其在美国罗德岛Greenwich的厂房成为了ON半导体在电源管理方面的模拟业务增长策略的重要一环，同时也为ON增添了许多新的产品诸如多相控制器、驱动器、汽车/工业电源管理、汽车专用标准产品，使其能够迅速地扩展产能和拓展应用，进而赢得了像现代汽车、大陆集团、博世、艾默生、罗克韦尔、北电网络、富士康以及伟创力等众多电子巨头的好评，特别是在2005年ON取得了日本索尼掌上游戏机千万颗芯片供应商奖等骄人的业绩，在电源管理和汽车市场的模拟集成电路以及通信消费类方面也得到了长足的发展。但ON并没有盲目扩张，而是在2006年4月12日以现金约1.05亿美元购买LSI Logic位于美国俄勒冈州Gresham的晶圆厂以及其他一些半导体制造设备来扩充产能，购买的资产大约83英亩，其中大约98 000平方英尺无尘室的建筑物面积和200mm的制造工具和设备，每月可生产18 000块8英寸晶圆。ON半导体聘用了在Gresham制造厂工作的所有LSI Logic制造人员，可以大批量生产达0.18微米水平的低成本高性能模拟和数字电源产品。通过这次交易获得的亚微米单元库、熟练的工艺开发工程师、运营专知以及工艺开发技能使得ON顺利拓展开发更大的高性能亚微米模拟和数字电源产品组合，加速了技术发展路线。在此以后也赢得了更多像中兴通信、联想移动、龙旗控股、英业达、天宇朗通、海信、创维等来自本土知名电子品牌的支持和赞许，乐山—菲尼克斯半导体（安森美控股）也被评为年度中国十大半导体封装测试企业。

之后，ON开始拓展自身产品外延性的收购，在2007年11月12日收购Analog Devices，Inc.（ADI）计算机应用之稳压及热监控产品，于2008年1月2日以现金总额约1.84亿美元完成收购。根据ON2007年第3季度业绩，计算机产品部的年率化收入约为3.75亿美元，该终端市场相关客户及产品已经成为ON持续成功和策略中至关重要的元素，交易完成后向ADI购买稳压及热监控业务大力提升ON在计算机及相关终端市场的技术、资源及开发能力，并使ON半导体能为客户开发更广泛系列的高性能模拟和电源产品组合。ADI团队的技术专长、客户关系和电源管理等丰富经验也使得ON拓展整体计算机电源管理业务以及加速笔记本电脑电源管理的收入增长得到了有力的保障。在2007年12月13日ON与AMI半导体的母公司AMIS Holdings签订ON半导体收购AMIS的正式合并协议，交易将全部以股票支付，价值约为9.15亿美元，于2008年3月17日完成合并。收购为ON带来了诸如汽车应用高压ASIC，超低功耗（ULP）SRAM存储器，LIN及CAN收发器，低功耗射频收发器，步进电机驱动器，音频DSP系统，以太网供电（PoE），工业过程自动化等医疗、军用、航空市场新产品和技术，并补充了现有的汽车和工业业务。结合ON领先的标准产品、优越的运营和生产基础设施与AMIS强大的定制产品系列，使其可以更全面地满足客户的需求而且大幅节省营运和制造成本。这次合并是ON踏上转型中的重要一步，结合其卓越的制造优势和AMIS 的世界级混合讯号设计专长，使ON成为模拟和电源解决方案业的全球领先者成为可能。

当然，ON并没有止步于眼前的成绩，而是在接下来的时间里展开了更加疯狂的收购。在2008年10月10日ON透过以股换股进行合并的方式完成收购Catalyst Semiconductor，这次合并是ON半导体在变革过程中迈出的又一步。结合ON半导体的全球业务网络、高效的代理商分销渠道和出色的客户关系，把Catalyst的整体产品系列作得更宽广、更深入，增加了更多的市场份额。在2009年11月ON以初步代价约1700万美元的全现金完成收购PulseCore Semiconductor，收购扩展了ON向消费、无线及计算机终端客户提供的高毛利率时钟及电路保护产品，PulseCore能提供标准及定制高速度和低功率模拟和混合信号集成电路解决方案以减低电磁干扰（EMI）的能力，也会增强ON半导体的整体EMI过滤及电路保护产品组合，此外PulseCore的强大设计能力以及在印度的发展历史，标志着ON半导体在印度首次踏足设计业务。在2009年12月16日ON以每股股份4.70美元的现金要约收购方式收购（California Micro Devices，CMD），CMD凭借在ESD和EMI保护的技术及工艺专长在市场上可谓独树一帜，收购增强了ON现有产品线诸如静电放电（ESD）保护，电磁干扰（EMI）滤波器，接口，电源管理等，进一步强化了其提供专用集成无源（ASIP）器件的能力，开拓用以保护无线、计算及消费电子终端市场的产品。在2010年6月12日ON以现金支付初步对价2200万美元收购Sound Design Technologies（SDT）；收购增强ON现有产品超低功耗（ULP）数字信号处理器（DSP）和高密度互连技术，巩固了其在助听器及音频处理应用超低功耗数字信号处理（DSP）技术的领先供应商地位。在2011年3月1日ON以金额约3140万美元完成向赛普拉斯半导体以全现金交易收购CMOS图像传感器业务部（ISBU），ISBU作为ON半导体数字、军事/航空及图像传感器（DMI）部的一环，巩固了其位列全球十大图像传感器供应商及领先CMOS图像传感器产品供应商的地位。

至此，ON在收购上都是在为其打造具有领导力的模拟和外围元件，不断地画梁为其雕栋做足了充分的准备。在2011年1月4日ON完成收购三洋电机附属公司三洋半导体株式会社（SANYO Semiconductor）以及与三洋电机半导体业务相关的其他资产。三洋半导体已经有超过五十年的历史，产品包括应用于消费者、汽车及工业等终端市场的微控制器、定制专用集成电路（ASIC）、智能功率模块（IPM）及电机控制装置等，以及LED的驱动器方案，收购之后成为ON三个产品部之一，为ON增加了诸如微控制器，电机驱动器，音频/视频，电源模块等方面的新产品，而且进一步优化和增强了ON在电源管理，专用集成电路（ASIC），存储器，MOSFET，IGBT等方面的优势，三洋半导体自发研制的混合信号工艺技术扩大了ON的产品组合，增加了新的产能。ON的产品线已经形成覆盖从主控到广泛外围元件的合理布局，走出了一条由高性能模拟和电源产品组合不断优化整合后拓展到微控制器等具有广泛器件的特色之路，一条通过自身运营卓越而又不断收购整合，优化创新的画梁雕栋之路，从此开始在半导体行业大展拳脚。

首先是在2013年11月11日ON与DHL合作在日本成田开设了新的全球发货中心，与其在新加坡、上海及马尼拉的物流网络一起，为客户提供世界一流供应链服务；其次是在越南投建制造厂ON Semiconductor Vietnam（OSV）及ON Semiconductor Binh Duong（OSBD），ON Semiconductor Vietnam（OSV）位于越南同奈（Dong Nai）省边河（Bien Hoa）第二工业区，ON的这家子公司于2012年4月收购三洋电机株式会社工厂时设立，ON Semiconductor Binh Duong（OSBD）设立于2013年，当时ON取得Wonderful Saigon Electric其中一家位于越南平阳省（Binh Duong）新加坡第一工业园3号路30号的制造厂控制权，OSBD是OSV的子公司；再次是这两个封装及测试厂扩大了生产混合集成电路（HIC）及分立功率半导体方案，用于汽车、白家电及工业应用等。最后在2014年4月3日ON支付近9 200万美元现金收购高性能图像传感器供应商Truesense Imaging。Truesense Imaging的产品用于多种工业终端市场，包括机器视觉、保安监控、交通监控、医疗及科学成像以及摄影。收购Truesense Imaging与ON现有图像传感器业务相辅相成，大幅扩充技术阵容，增添200多家新客户覆盖，使ON在少数细分工业市场扩充实力的策略目标推进了一步。

如今摩托罗拉伴随着他的光辉历史成为没落的最为耀眼的流星，但却在半导体行业成就了两家极具竞争力和发展前景的标杆企业，ON不像FSL（飞思卡尔）那样，一开始就继承了摩托罗拉众多的微控制器技术，而是经过十多年外围器件的稳健运营整合收购，直到2011年完成对三洋半导体的收购，才终于完成了其从外围到主控器件画梁雕栋的完整产品布局。作为一个市场竞争激烈的半导体企业，ON用了十几年的时间将其外围产品打造成为具有行业领导力的领先品牌，然后再通过整体优势拓展至主控元件，乃至是整个电子元件产品的全线生态链供应，这对处于资本积累的本土半导体企业来说是个不错的方向参考，首先通过外延性的整合和技术重叠性的收购，建立起在细分行业中的稳固或者是领先地位，然后再考虑产品或者是市场拓展性的资源整合，最终经过精心细琢，画梁雕栋形成打造覆盖全行业的生态供应链。这不是一朝一夕的事情，其中任何一个盲从的决策都有可能招致无法预料和难以控制的结果，ON的卓越运营能力和优化创新的画梁雕栋之路成就了其在半导体行业细分市场的高度，也为半导体企业的发展策略带来了更多的启示，产品无所谓外围和主控（当然有主控元件会更好些），可以通过合理的运营和布局，专注自身核心竞争力的优势来弥补与行业标杆之间存在的差距。成功的结果是相同的，但脚下的路却千变万化，安森美的画梁雕栋之路通向卓越。
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ON（安森美）历程


1999年8月5日，安森美半导体前身是摩托罗拉集团的半导体元件部门，于2000年4月上市；

2000年4月，安森美半导体成功地以2亿5千万美元完成收购Cherry Corporation的半导体附属公司Cherry Semiconductor；

2006年4月12日，安森美半导体宣布其主要的运营子公司Semiconductor Components Industries，LLC以现金约1.05亿美元购买LSI Logic Corporation位于美国俄勒冈州Gresham的晶圆厂以及其他一些半导体制造设备；

2007年11月12日，安森美收购亚德诺计算机应用之稳压及热监控产品，于2008年1月2日以现金总额约1.84亿美元完成收购；

2007年12月13日，安森美与AMI半导体的母公司AMIS Holdings签订安森美半导体收购AMIS的正式合并协议，交易将全部以股票支付价值约为9.15亿美元，于2008年3月17日完成合并；

2008年10月10日，安森美透过以股换股进行合并的方式完成收购Catalyst Semiconductor，Inc.；

2009年11月，安森美以初步代价约1700万美元的全现金交易方式完成收购私营公司PulseCore Semiconductor；

2009年12月16日，安森美以每股股份4.70美元的现金要约收购方式收购California Micro Devices（CMD），于2010年1月27日完成要约收购，安森美半导体拥有California Micro Devices已发行股份的90%以上；

2010年，在上海开设汽车方案解决方案工程中心（SEC）；

2010年6月12日，安森美以现金支付初步对价2200万美元收购Sound Design Technologies，Ltd.（SDT）；

2011年1月4日，安森美完成收购三洋电机附属公司三洋半导体株式会社（SANYO Semiconductor Co.，Ltd.）以及与三洋电机的半导体业务相关的其他资产。安森美半导体已根据购买协议的条款，向三洋电机支付约118亿日元（1.44亿美元）的现金，并根据与三洋电机订立的贷款协议提取约317亿日元（3.78亿美元）；

2011年3月1日，安森美以金额约3140万美元完成向赛普拉斯半导体以全现金交易收购CMOS图像传感器业务部（ISBU）；

2014年4月3日，安森美支付近9200万美元现金收购高性能图像传感器供应商Truesense Imaging，Inc.。

系列之（六）披坚执锐—ST（意法半导体）

意法半导体（STMicroelectronics，简称ST）

在MCU（单片机又称单片微控制器）盛行的时代如果说你不知道ST（意法半导体）那很正常，因为ST的单片机远没有INTEL（英特尔）MCS-51系列拥有悠久的历史而且经典不衰；远没有NXP（恩智浦原飞利浦）将MCS-51从单片微型计算机迅速发展到微控制器的历史贡献；远没有RENESAS（瑞萨电子）在行业市场上雄霸的销量；远没有ATMEL（爱特梅尔）的AVR那样美名远播，赤手可热；远没有FSL（飞思卡尔）的单片机具有高可靠性的抗干扰能力；远没有TI（德州仪器）那样拥有16位超低功耗具有精简指令集；远没有SILABS（芯科）的单片机那样集成高性能模拟混合信号；远没有HOLTEK（合泰）等台系单片机那样拥有超低价格；更没有STC（宏晶科技）的1T单片机那样便捷的下载；再加上MICROCHIP（微芯）、ADI（亚德诺）、ZILOG（齐洛格）、INFINEON（英飞凌）、CYPRESS（赛普拉斯）、SAMSUNG（三星）、TOSHIBA（东芝）、FUJITSU（富士通）、NUVOTON（新唐）等诸多海内外品牌加入的混战争夺，即便是再优秀的公司也不可能引领变革的潮流，把自己推上时代的风口浪尖。在ARM盛行的时代如果说你还不知道ST（意法半导体）的话，那足以说明你仍旧停留在单片机年代不思进取。古有项羽披坚执锐身经七十余战，骁勇善战，今有环视半导体嵌入式微控制器行业ST可谓是披坚执锐，如果非要说是MCU盛行时期成就了NXP（恩智浦原飞利浦），那么在ARM盛行的现在无疑是首先成就了ST，或者可以说是ST成就了ARM如今的繁荣。
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改变MCU格局的蝴蝶披坚执锐



在2007年6月11日ST宣布推出一个新的32位微控制器系列产品，新产品所用微处理器是 ARM 公司为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的 ARM®Cortex™-M3 内核。基于 32 位Cortex-M3内核的STM32系列产品，得益于Cortex-M3在架构上进行的多项改进，所有新功能都同时具有业界最优的功耗水平。ST 作为Cortex-M3内核开发项目的一个主要合作方，也是第一个推出基于这个内核的主要微控制器厂商。2010 年全球 Cortex-M 微控制器出货量为1.44亿片，STM32系列产品约有45%的市场份额（累计Cortex-M出货量），而且还在持续增加中，全球每交付两个 Cortex-M 系列微控制器其中有一个就是 STM32 的系列产品。随着时间的推移，STM32 已经从最初的F1系列步入到由F0、F1、F2、F3、F4等组成庞大产品阵营，STM32 产品家族截止 2012 年 11 月共有 360 多款产品，涵盖Cortex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M3和Cortex-M4内核微控制器，片上闪存容量从16KB至2MB不等，SRAM容量高达256KB，采用36引脚至176引脚不同的封装。一系列32位产品集高性能、实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作等特性于一身，同时还保持了集成度高和易于开发的特点。已经建成了包含软件工具、设计案例、教程等在内的一整套生态系统。ST到目前为止已经拥有各种微控制器，从稳定的低成本8位MCU到带有各种外设的32位ARM，而且还在通过推出超低功耗微控制器平台，扩展产品系列向上下两端延伸，使整个生态系统更加丰饶，为微控制器用户提供无可比拟且品种齐全的产品以及新的开发自由度。提起 Cortex-M3，很多人首先就会想到STM32产品系列，ST为ARM的普及做出了巨大的贡献，同时也引领了微控制器市场的变革。

据全球半导体贸易统计组织（WSTS）2008年的数据显示，全球8位MCU的销售额下降但出货量仍在增长，总体来讲增速放缓，而32位微控制器仍在强劲增长成为微控制器供应商的必争之地。于是后来很多厂商蜂拥而至，比如BROADCOM（博通）、TI（德州仪器）、NXP（恩智浦）、ATMEL（爱特梅尔）、CYPRESS（赛普拉斯）、ADI（亚德诺）、TOSHIBA（东芝）、MICROSEMI（美高森美收购ACTEL）、IXYS（艾赛斯收购ZILOG）、SILABS（芯科收购Energy Micro）、SPANSION（飞索收购FUJITSU）、HOLTEK（合泰）、Accent Srl、Ember、Open-Silicon、eSilicon以及本土的瑞芯微电子（Rockchip Electronics）和兆易创新（GigaDevice）等都陆续推出基于Cortex-M3内核的产品，但它们的影响力和市场份额都很难与ST相提并论，ST的微控制器之所以如此成功，很大程度上是因为抓住了ARM迅猛发展的机会，早于其他厂商提前进入并布局了强大的产品生态系统，就如同当年NXP（恩智浦原飞利浦）首先引进MCS-51内核生产派生型8位机单片机一样，为ARM Cortex-M树立了全球微控制器的标准。

如果说ST是披坚执锐，那么ST近几年的成功还在于MEMS（Microelectromechanical Systems，微机电系统）领域的发展。从2006年到2011年ST从一个名不见经传的MEMS厂商跃居为带头大哥，市场份额远远领先于KNOWLES（楼氏电子）、TI（德州仪器）、AVAGO（安华高）等公司，其MEMS销售收入从区区3000万美元增长到6.5亿美元，5年间增长了20多倍。ST在MEMS领域的巨大成功也是看准了技术演变趋势。拿陀螺仪市场来说，2006年的主流市场属于压电产品，然而到2011年压电产品所占的份额已经缩减至不到20%，大部分市场都已被MEMS产品蚕食，仅ST一家就蚕食了60%的份额。

在ST的MEMS传感器上市之前，MEMS传感器仅能应用在汽车等少数领域，因为尺寸大、功耗高且昂贵，正是ST掀起了MEMS消费电子化浪潮。第一波浪潮是MEMS加速度计、陀螺仪、磁力计在消费类电子（笔记本电脑、相机、手机、平板电脑、游戏机等）直观用户界面的应用，第二波浪潮则包括一些更深层次的复杂应用，如室内导航、健身护理、增强实境等，这些应用需要多种技术协同工作并采用复杂的融合算法。看准 MEMS 的发展前景后，ST 在资金方面不惜大量投入，在技术方面则积极研发积累。早在2005年ST就开设了8英寸晶圆MEMS生产线，这为降低产品成本，开拓几乎无限的消费类市场奠定了基础。在MEMS技术方面的突破使MEMS的广泛应用成为可能，例如早先的陀螺仪只能实现单轴，在实际应用中可能要使用多个陀螺仪。成本高且尺寸大。ST率先开发出了三轴陀螺仪，并在五年时间内将器件尺寸从7mm×5mm降低到2mm×2mm。生产工艺方面，ST采用了TSV通孔技术，实现了3D硅片堆叠，从而显著降低了器件尺寸。MEMS传感器和麦克风在手机、相机、平板电脑中随处可见，ST功不可没。

2010年ST的消费电子MEMS芯片销售额增长63%，高达3.53亿美元，接近其最大竞争对手收入的两倍。在加速度计与陀螺仪两种运动传感器方面，ST已成为手机和消费电子制造商的最大供应商，继在几年内取得消费电子加速度计市场约50%的份额后，ST现已在MEMS陀螺仪领域延续了同样的成功。公司自2008年起先后推出了30余款陀螺仪，按照收入统计，ST的陀螺仪市场份额已从2009年的不到1%激增至2010年的30%。ST的MEMS加速度计和陀螺仪被使用在大量流行的消费电子设备中（包括游戏机、智能手机和遥控器），实现了动作控制的用户界面，此外计算机制造商在笔记本制造中大规模使用加速度计传感器，其目的在于当笔记本自由坠落时保护硬盘驱动器。不幸的是BOSCH（博世）在2011年首度超越ST，并且在2013年再度超越，成为MEMS市场的龙头老大，就如同当年ST超越TI（德州仪器）一样，半导体市场就是这样充满着魔力，充斥着残忍和血腥。

同样充满血腥的是在半导体存储器市场，ST在存储器市场方面一直怀揣着一颗不死之心。2004年11月意法ST（半导体）与韩国Hynix（现代半导体）宣布，双方签署了在中国江苏省无锡市合资建立一家存储器前端制造厂的合资企业协议，新的晶圆厂将专门用于制造DRAM和NAND闪存，以助于Hynix（现代半导体）DRAM业务的稳定增长，而ST可通过该厂建立其NAND闪存的产能。该晶圆制造厂以及超过18000平米的洁净厂房配套设施计划2005年年初开始建设，运营初期将装配两条先进技术的生产线，其中8英寸晶圆生产线拟定于2006年开始量产，12英寸生产线将从2007年开始量产。2007年5月22日ST，Intel（英特尔）和Francisco Partners合资成立Numonyx（恒亿），此新公司合并了Intel和ST各自的闪存部门，于2008年3月30日正式成立，尽管在两年之后出售给了Micron（美光科技），但至今仍保留有存储器方面的业务，而且很有可能会在以后的NFC/RFID等方面发力。

回首ST的成长历程也无不充满着联合和收购，比如在1999年1月18日意法半导体宣布完成收购Peripheral Technology Solutions（PTS）来自Adaptec；在1999年4月12日意法半导体完成收购Vision Group；在1999年12月17日意法半导体宣布完成收购Arithmos；在2000年9月20日意法半导体完成收购Waferscale Integration；在2000年12月19日意法半导体宣布收购Portland Group；在2001年1月18日意法半导体宣布收购RAVISENT's Consumer，强化了数字多媒体应用；在2001年4月3日意法半导体和日立（Hitachi）合资成立SuperH；在2002年2月14日意法半导体宣布收购Tioga Technologies（OTC BB：TIGA）的Digital Subscriber Line（xDSL）；在2002年3月5日Philips（飞利浦），ST和台积电（TSMC）联合开发项目的90纳米、65纳米及更专注于研发生产先进的CMOS工艺；在2002年4月15日意法半导体收购阿尔卡特微电子业务并连同合并如英国Synad科技等小型企业；在2002年4月15日意法半导体出售阿尔卡特微电子的混合信号业务给AMI Semiconductor；在2002年10月25日深圳赛意法微电子与清华大学深圳研究生院宣布建立一个联合的ASIC研究中心。深圳赛意法微电子有限公司（STS）是1994年意法半导体（ST）和深圳赛格高技术投资股份有限公司（SHIC）合资成立；在2002年12月12日意法半导体和德州仪器联手建立一个开放标准的无线应用；在2003年3月25日意法半导体宣布收购Proton World International（PWI）；在2003年5月22日意法半导体宣布收购IPM集团旗下的Incard公司的资产及业务；在2003年12月18日意法半导体宣布收购无线局域网芯片商Synad Technologies。

ST并不像TI那样对资产部门有过过多的分拆出售，而更多的是寻求同行业的合资控股，ST与业界知名的公司都曾有过合作，这在半导体行业不算常有但却给我们留下了一个新的思路，在资产和业务重组的时候，并非一定要割舍或者是剥离，寻求同行业同业务方向上的合作也不失为一条途径。在半导体产业日益激烈的巨头竞争中，ST能够突出重围，在于有选择性战略收购的同时善借外力寻求多方合作力拓市场，合纵连横，借力使力披坚执锐，专注于具有增长潜力和能够体现差异化的市场，锁定技术型厂商领导地位并面向规模化的市场应用，通过对新技术的开发和推广与动态产品阵容和业务的组合管理，给客户全面配套完善的生态供应链系统服务。
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ST（意法半导体）标识
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ST（意法半导体）集成电路顶端标记
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ST（意法半导体）旧标识




ST（意法半导体）历程


1987年6月，两家历史悠久的半导体公司意大利SGS Microelettronica和法国汤姆逊半导体（Thomson Semiconducteurs）公司合并后成立SGS-THOMSON Microelectronics，总部设在瑞士日内瓦。

SGS Microelettronica与Thomson Semiconducteurs均是创立已久的半导体公司。

SGS Microelettronica：1972年通过Aziende Tecnica ed Elettronica del Sud（于1963年创立）与Società Generale Semiconduttori（于1957年由Adriano Olivetti创立）合并组成SGS Microelettronica，从前名为SGS-ATES（Aquila Tubi E Semiconduttori）。

Thomson Semiconducteurs：1982年通过法国电子公司汤姆逊的半导体机构，由某些德州仪器的创办人（于1969年创立）的美国公司Mostek，SESCOSEM（于1969年创立），EFCIS（于1977年创立），Sile（于1977年创立），Eurotechnique（于1979年在法国隆河口省Rousset创立，是法国公司圣戈班与美国公司美国国家半导体的合资公司）六个组成部分合并而来。

1989年，在其母公司Thorn EMI手中收购因transputer微处理器而知名的英国公司Inmos。

1994年，收购加拿大北电网络的半导体机构。

1998年5月，汤姆逊撤股后由SGS-THOMSON Microelectronics名称改为意法半导体（STMicroelectronics简称ST）。

2007年5月22日，英特尔（Intel），意法半导体（ST）和Francisco Partners合资成立恒亿（Numonyx），此新公司合并了英特尔（Intel）和意法半导体（ST）各自的闪存部门，2008年3月30日正式成立。

2007年12月11日，意法半导体宣布收购Genesis Microchip。

2008年4月10日，意法半导体（ST）和恩智浦（NXP）宣布成立合资公司ST-NXP Wireless，集成意法半导体（ST）和恩智浦（NXP）各自的移动通信部门，此合资公司ST拥有80%股权，NXP拥有20%股权，于2008年8月20日正式成立。

2009年2月12日，ST-NXP Wireless与爱立信（Ericsson）手机平台（Ericsson Mobile Platforms）集成成立ST Ericsson，意法半导体（ST）与爱立信（Ericsson）各持有一半股份，但于2013年8月5日爱立信与意法半导体完成交易分拆ST-Ericsson。

2010年2月9日，意法半导体（ST）宣布连同其合作伙伴英特尔（Intel）和Francisco Partners 12.7亿美元出售恒亿（Numonyx）给美光科技（Micron），2010年5月7日意法半导体（ST）完成恒亿（Numonyx）对美光科技（Micron）出售。

2012年3月，意法半导体（ST）宣布不久前换新品牌Logo，使得新Logo更具科技感。

系列之（七）风起云涌—NXP（恩智浦）

恩智浦半导体（NXP Semiconductors，简称NXP）

曾走过五十多年历史的荷兰皇家飞利浦半导体，2006年由于母公司飞利浦在完成从之前周期性科技公司的转型，不得不做出一个不可思议的决定：宣布与Kohlberg Kravis Roberts（KKR），Silver Lake Partners及 AlpInvest Partners NV等（统称国际财团）签署协议，该国际财团收购飞利浦半导体事业部门80.1%的股份，而飞利浦继续保有19.9%的持股份额，将飞利浦半导体从飞利浦分离了出来。

该部门在2005年运营利润为3.07亿欧元（约合3.89亿美元），销售额为46亿欧元（约合58亿美元），可谓是风华正茂，在飞利浦以精于心简于形为品牌承诺的转型中，半导体事业部门作为独立的公司正处于业务扩展的最佳状态，能有更多机会实现自身的潜在价值，走在了剥离独立的前列，2006年9月1日新诞生的恩智浦（NXP）的前身就是飞利浦半导体。
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风起云涌



自从恩智浦诞生的那一刻起就拥有欧洲第二大半导体公司，及全球排名第八位等诸多耀眼的光环，也是移动通信、消费电子、数字显示屏、非接触式支付和连接以及车载娱乐和网络相关芯片系统解决方案的领先供应商。恩智浦成立后获得了更大的合并与收购自由度，为了提高企业自身的竞争力大刀阔斧地专注于最有前途业务研发的整合，修订产品规划，叫停了正在进行的十项开发业务，并有针对性地合并剥离，成立两年内一共进行了四项收购，两项业务剥离并成立了两家合资公司。通过收购Silicon Labs的RF CMOS业务，Gkibav的GPS业务，夏普的Bluestreak MCU产品线等项目，补充加强了RF CMOS，GPS，微控制器等产品线；通过剥离Cordless和VOIP等一些业务以获得更好的专注性；此外恩智浦与汤姆逊合资成立一家从事CAN调谐器模块业务公司，恩智浦和意法半导体合并双方的无线业务成立了一家合资企业，使其一举进入全球无线通信业务前三名；恩智浦还并购科胜讯的机顶盒业务，巩固了公司在这些领域的全球领导地位。通过这些积极的合并与收购，恩智浦处于市场第一位和第二位的业务占公司总体业务的份额从2006年的63%提升到了77%，2007年净销售额为63.2亿美元。这些整合或调整不但扩大了生产规模，也提高了企业的竞争力，带领企业进入了全球的先进行列。到2008年年底恩智浦在家庭娱乐市场领域，全球每两台电视机就有一台使用了恩智浦的芯片，每10 台PCTV中有4台使用了恩智浦硅调谐器，恩智浦的电视接收调谐器占全球市场第一位，数字地面式机顶盒射频前端模块也占市场第一位，创新的PNX5100是全球首款具有专利的移动精确图像处理技术的视频后端处理器，采用的这一技术结合了影像抖动消除（Movie Judder Cancellation），运动锐化（motion sharpness）和逼真的色彩管理，从而成功地消除了高速运动镜头中的可见光晕和模糊，为欣赏体育节目和动作电影提供了更佳的观赏体验；在汽车电子市场领域，汽车收音机调谐器、汽车收音机数字信号处理器（DSP）、车内网络、自动锁死系统和无钥匙门禁系统解决方案中，恩智浦均居世界第一位；在智能识别市场领域，恩智浦的非接触银行卡在35个国家提供大于5亿片银行卡IC芯片，近距离无线通信（NFC）技术居第一位，RFID标签解决方案居第一位，电子护照居第一位（全球超过80%的电子护照采用了恩智浦的芯片），非接触芯片解决方案居第一位（70%的公共交通电子票务系统采用了恩智浦的技术，已交付超过30亿片IC）；在通用标准半导体产品市场（或多重市场半导体市场）领域，恩智浦基于ARM的32位微处理器居市场领先，I2
 C逻辑及工业通用异步收发传输器（UART）居市场第一位，每两台笔记本电脑即有一台使用恩智浦GreenChip电源供应控制器，恩智浦居全球小信号分立器件和标准逻辑产品第二位，十余年来手机动态扬声器和接收器均在市场中处于领先地位。这样的专注整合与创新使得恩智浦产品在行业的应用风起云涌。

在智能识别市场领域，恩智浦所提供的具有安全性、便利性和连接性的端对端解决方案，成为了电子政务、交通运输、门禁管理、RFID标签、基础设施、近距离无线通信技术（NFC）和支付技术等关键领域的佼佼者。2010 年恩智浦智能识别事业部旗下三大产品线—安全交易、安全身份识别和标签与验证的全球收入达5.89亿美元，在全球智能识别市场排名第一；2011年上半年恩智浦智能识别业务创收3.83亿美元，与2011年第二季度收入1.94亿美元共同确立了其在全球市场的领导地位。在全球范围内移动和连接技术、云计算、机器间通信（M2M）验证技术已是大势所趋，加上物理和网络安全方面的威胁也日趋严峻，在此背景下企业、政府和终端用户面临着越来越大的压力。因此，人们对更加安全、更为易用的交互解决方案的需求日益增长，这就在移动支付、云计算识别技术、全球供应链对象验证等诸多应用领域里创造了新的机遇。凭借全球领先的安全技术、独特的产品组合以及应用驱动的解决方案策略，恩智浦成功地开拓和发展了许多新市场，与谷歌、三星、索尼爱立信、中兴通信、BDR、金雅拓、欧贝特、Giesecke&Devrient、艾利丹尼森等众多行业领导者携手合作，为智能识别生态系统的持续创新提供大力支持，为客户和合作伙伴创造了巨大价值，同时也巩固了自身领先的地位。

除了在全球智能识别市场排名第一之外，还在电子政务市场排名第一，在全球91个实施电子护照项目的国家里，有77个国家或85%的电子护照项目都对恩智浦的安全微控制器产品（如SmartMX）信赖有加；交通运输和门禁管理领域排名第一，全球有超过12亿人在使用MIFARETM技术，此项技术在自动售检票（AFC）市场的占有率超过70%；RFID标签领域排名第一，恩智浦在RFID市场占有率超过50%，覆盖了整个标签市场，在时尚和零售服装、电子产品、快速消费品、媒体管理、动物识别市场表现卓越；基础设施领域排名第一，恩智浦在基础设施领域的市场占有率超过70%，在POS终端、访问门禁、机顶盒、笔记本电脑、配件等领域广泛应用；NFC和移动交易领域排名第一，作为NFC技术的联合发明者恩智浦自2002年起便已引领该技术的发展和标准制定，为Google Wallet提供了嵌入式安全NFC解决方案，其移动交易技术已被苹果、三星、索爱、中兴、华为等世界领先的手机制造商采用，并且在银行业务领域排名第二。

在汽车电子市场领域，恩智浦的汽车电子业务专注于汽车周边器件诸如车载网络、汽车门禁和防盗、汽车娱乐、磁性传感器及车用分立器件等领域，这些都不是汽车电子的核心但却是必不可少的，恩智浦就是从这些周边器件着手不断加强自身汽车电子的影响力。据统计2013年全球汽车电子芯片市场规模达到205亿美元，其中英飞凌、飞思卡尔、意法半导体和恩智浦四家市场份额合计过半，根据 Semicast Research统计，2009年英飞凌超越飞思卡尔成为全球汽车芯片市场头号供应商，市场份额为9%，而在汽车电子发展最快的车载娱乐领域恩智浦半导体多年稳居第一。恩智浦在汽车电子诸多细分市场：汽车信息娱乐系统排名第一，车内网络排名第一，自动门禁及防盗排名第一，磁传感器排名第三，年报显示汽车电子和便携计算拉动了恩智浦2013年四季度HPMS业务同比22%的业绩增长，其中汽车电子销售额同比增长21%，依靠车载娱乐设备和无钥匙点火系统的热销，使得2013年汽车电子销售额突破了10亿美元。自从1991年9月飞利浦半导体（恩智浦前身）制订并发布了CAN技术规范以来奠定了恩智浦在车内网络的技术，到2011年5月演示Car-to-X（C2X汽车对多应用）通信车联网，再到2011年11月携BroadR-Reach®以太网技术进军汽车以太网开发领域，恩智浦不断推陈出新，在智能钥匙门禁系统，ADAS 安全系统，全球数字广播（车内娱乐系统），全车数据流系统（汽车互联网化，整车多部件芯片网络化）等方面大胆探索，不仅在中国成立了注重研发、创新和客户应用支持的全新汽车技术中心，同时还将其汽车电子事业部全球销售与市场营销总部迁至中国上海。如今中国已经成为全球增长最快的汽车电子市场，恩智浦在这一领域已稳居第一。在新能源汽车芯片方面恩智浦在2013年12月2日和大唐电信科技股份有限公司宣布双方建立合资企业—大唐恩智浦半导体有限公司，合资着力开发针对该领域的新能源技术。

在娱乐消费市场领域，2010年2月恩智浦电视系统和机顶盒业务剥离给了泰鼎微系统，而恩智浦在新的泰鼎中持有60%的股权，通过将恩智浦的机顶盒和数字电视业务与泰鼎业务的整合，泰鼎获得了在这一市场成为领导者所需的企业规模以及规模经济效应，并拥有广泛的产品线。但由于欧美市场一片低迷，晨星、联发科在2011年与中国大陆前六大电视品牌厂密切合作，并获日韩厂商青睐且市场占有率总和突破六成的客观大环境下，以及电视降价压力大增，市场需求又相对紧缩再加上新款晶片接受度不如预期，种种原因导致泰鼎营收连年亏损且资金缺口亦逐渐扩大，泰鼎不得不于2012年1月宣布公司申请破产保护。恩智浦家庭娱乐系统方面的业务出现了一定的弱化，但恩智浦凭借其多年在市场和技术方面的积累，以及在外围拥有广泛的产品组合加上其不断推陈出新的产品，在娱乐消费类系统又闯出了一片新天地。

在标准半导体市场领域：八位微控制器市场上的恩智浦可以说是应用最为典型的MCS-51兼容机，恩智浦改善其性能，在原来的基础上发展了高速I/O口，A/D转换器，PWM（脉宽调制），WDT等增强功能，并在低电压、微功耗、扩展串行总线（I2
 C）和控制网络总线（CAN）等功能方面加以完善，并且省去了并行扩展总线，使其更适合用于作为家用电器类控制的经济型单片机，在推动和发展MCS-51的低功耗、高速度和增强型功能上做了不少贡献。中国本土分销商周立功为恩智浦微控制器产品成为中国业界称誉的主流品牌做出了很大的贡献，在微控制器产品的市场开发、推广和销售方面长期耕耘，服务超过两万多家华中与华南地区的客户，连续数十年在恩智浦中国区经销商中位居领先地位，开创了市场上双赢的局面。

在32位微控制器方面恩智浦也毫不逊色于其他厂商，首先是早在2009年3月就推出了全球首款功能型基于ARM Cortex-M0内核的32位微控制器；其次是相继推出了业界最快的，最高性能的和功耗最低的ARM Cortex-M3微控制器；再次是推出全球首个最小的Cortex-M0内核通用型32位微控制器（其价值和易用性比现有的8/16位微控制器更胜一筹），业界首款采用Cortex-M3技术且集成LCD控制器的ARM，以及全球首款支持双电源电压的ARM Cortex-M0微控制器；最后是推出了全球首次采用Cortex-M4和Cortex-M0双核架构的非对称数字信号控制器。一直以来作为ARM系列的忠实拥护者，恩智浦不断地完善和拓展产品组合，逐步形成了Cortex-M0，Cortex-M3和Cortex-M4全系列微控制器产品，从性能功耗和价格方面无限地满足着客户的嵌入式系统需求。为了推广ARM系列的产品线停掉了大部分八位系列的微控制器，可谓是破釜沉舟。在标准逻辑、电源管理、接口与互联以及分立器件等领域更是无处不是春。
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NXP（恩智浦）历程


2006年8月4日，皇家飞利浦电子宣布与Kohlberg Kravis Roberts（KKR），Silver Lake Partners及 AlpInvest Partners NV等（统称国际财团）签署协议，该国际财团收购飞利浦半导体事业部门80.1%的股份，而飞利浦继续保有19.9%的持股份额。在业务出售完成之时，万豪敦（Frans van Houten）也将卸任飞利浦董事会成员及飞利浦半导体CEO职位，转任新独立的半导体公司总裁兼CEO；

2006年9月1日，万豪敦（Frans van Houten）宣布公司的新名称：恩智浦半导体（NXP Semiconductors），从皇家飞利浦独立出来；

2006年9月27日，恩智浦半导体（NXP）收购SSMC股份；

2007年，恩智浦收购Gkibav的GPS业务；

2007年2月，恩智浦以2.85亿美元现金（约合2.2亿欧元）收购Silicon蜂窝通信业务；

2007年2月2日，恩智浦与日月光苏州合资建封测厂；

2007年7月9日，恩智浦从美国夏普微电子（SMA）手中收购BlueStreak微控制器（MCU）产品组合；

2007年9月5日，恩智浦和DSP Group宣布以3.45亿美元的一缆子交易合并双方的无线和VoIP终端业务；

2007年11月14日，恩智浦与索尼建在非接触式IC业务方面立合资公司Moversa；

2008年2月14日，恩智浦将金属调谐器模块业务分离出去并与汤姆逊组成合资公司；

2008年4月29日，恩智浦收购科胜讯（Conexant）机顶盒（视讯转换器）业务；

2008 年6月26日，恩智浦与意法半导体（STMicroelectronics）新建的合资企业将命名为ST-NXP Wireless；

2010年2月8日，泰鼎微系统完成收购恩智浦电视系统和机顶盒业务；

2010年7月27日，恩智浦收购Jennic；

2010年9月5日，黑龙江大学（Heilongjiang University）和恩智浦正式启动位于哈尔滨的物联网联合研发中心；

2012年4月4日，恩智浦成功收购荷兰电子设计与IP公司Catena集团，此前恩智浦与Catena已有长期合作；

2013年12月2日，恩智浦和大唐电信科技股份有限公司宣布双方建立合资企业—大唐恩智浦半导体有限公司，中国政府最新的五年计划将家用混合动力及电动汽车市场列为重中之重，合资企业将着力开发针对该领域的新能源技术。

合资企业及其他主要参股企业：持有SSMC（Systems on Silicon Manufacturing Company Pte.Ltd）61%股份，持有中国苏州日月新半导体有限公司40%股份，中国上海先进半导体制造有限公司27%股份。

系列之（八）耸壑凌霄—INFINEON（英飞凌）

英飞凌（Infineon Technologies AG，简称INFINEON）

曾走过四十多年风云历史的西门子半导体，在1999年4月1日脱离西门子成立INFINEON（英飞凌原中文名称为亿恒科技，2002年后更名为英飞凌）。西门子逐步弱化在英飞凌的位置，从2003年3月将自己持有的股票由44.7%降到了40%；到2004年1月出售1.5亿股票，在英飞凌持股的比例由先前的40%降为18%；再到2006年3月西门子又以12亿欧元（约合14亿美元）出售了在英飞凌剩余18%的股份。不过对于英飞凌来讲可谓是脱身名门，他继承了西门子卓越而又广泛的产品线，从存储到消费类电子业务，从光纤、硬盘驱动器（HDD）业务到RFID解决方案，从有线通信到无线解决方案，从汽车和工业电子装置到芯片卡和安全应用以及各种通信应用等，英飞凌这些年来的成长可谓是耸壑凌霄。
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相对于其他半导体制造商来讲，英飞凌这些年来的历程和变化似乎是一直在做其所涉足领域的减法，首先是在2000年10月24日把自己的消费电子业务出售给了Micronas Semiconductor，在2001年5月8日和Saifun Semiconductors合资开发Flash闪存芯片，在2002年5月2日和南亚合资生产DRAM内存芯片，又在2006年5月1日索性把其内存产品部门分拆成奇梦达（Qimonda）；其次是在2003年8月13日和国联光电（United Epitaxy Company，UEC）合资设立光通信零组件公司，在2004年4月29日把光纤业务部的部分资产出售给了Finisar Corporation，又在2007年4月2日把位于德国雷根斯堡的聚合物光纤（POF）业务部出售给了安华高科技，在2005年8月9日将RFID解决方案卖给拥有RF-iT解决方案的GmbH，在2008年3月10日又把硬盘驱动器（HDD）业务出售给LSI Corporation；再次是在2009年7月7日英飞凌以2.5亿欧元出售旗下有线通信部（WLC）给私募股权投资者Golden Gate Capital成立LANTIQ独立运作，又在2010年8月31日与英特尔签署正式协议，将无线解决方案部（WLS）以14亿美元现金出售给英特尔；最后只保留了现在所专注的汽车（ATV）工业及多市场（IMM）以及芯片卡与安全（CCS）等核心业务。当然英飞凌也在众多领域与业界名流保持着广泛的合作，比如在2001年7月12日与飞利浦半导体（恩智浦前身）和意法半导体提出标准来定义和评估无铅半导体器件；在2002年6月18日与杰尔系统和摩托罗拉合资StarCore；在2006年8月29日与IBM、特许半导体和三星联合宣布已可采用45纳米低功耗工艺设计和制造硅电路；在2013年6月4日与华为技术就新一代通信电源和数据中心能源开发领域进行战略合作，同时启动华为—英飞凌网络能源联合实验室；在2013年11月4日与美的生活电器就高可靠性的电磁感应加热方案、电源和电机控制、安全认证领域进行战略合作，同时启动英飞凌—美的联合实验室等前瞻性的技术探索和实质性的战略合作，使其可以在自己所专注的领域开疆拓土，创造一个又一个成就和辉煌。

在汽车电子领域，英飞凌能够在汽车电子装置领域持续取得成功，主要得益于始终如一地关注汽车应用及需求，并依靠40多年的丰富经验以及拥有卓越质量的创新产品组合，为汽车行业提供传感器、微控制器和功率半导体，帮助降低燃耗和排放，改善安全性和经济性，为交通行业的可持续发展做出了贡献。英飞凌几乎现身每辆汽车，服务于各种汽车应用，比如汽车动力系统（包括发动机引擎管理和变速箱控制装置，用于优化燃耗，满足政府的排放要求，还包括适用于各种新兴技术的芯片，例如混合动力汽车、起动机、发电机和配气机构）；车身和便利装置（包括车灯控制装置、空调系统、门锁系统、电动车窗、座椅调节记忆器、驾驶辅助系统和无钥匙进入系统）；安全管理（例如电动助力转向系统、防碰撞系统、防抱死制动系统、安全气囊、电子稳定性控制（ESP）、胎压监控和行人保护）和信息娱乐系统（包括电子呼叫、信息调用、无线通信和全球定位）等。

在能源需求和个人出行需求日益上涨的大背景下，电动车降低污染物排放量，其重要性日益凸显并成为各国政府鼓励开发的新兴领域。但无论是在汽车动力总成、中央控制单元还是在车身及舒适性系统中，电子元部件的使用比例都在不断增加，与此趋势相伴的是各模块之间的交互和车内安装系统的日益复杂，而且如果要将汽车中央系统中譬如转向和制动系统的机械和液压装置，用相应的电子电气部件替换必须遵守严格的安全标准。这些安全因素以及元器件之间具有相互关联性，必须在半导体研发阶段就开始考虑以符合各项应用要求。这使得设计师们必须不断对其方案作相应的修正，努力探索总体化解决方案。其实早在2011年的时候英飞凌就连同来自产品研发各个环节的奥迪、宝马、罗伯特·博世、ELMOS半导体和德国国家信息技术研究中心（FZI）以及科研院校开展技术合作项目，优化电动车系统电子电气元器件的整体开发流程，使得从一开始就能准确预知整个系统的鲁棒性和可靠性。

同样是在2011年，现代—起亚汽车集团与英飞凌携手，在混合车动力总成系统开展合作—在混合动力驱动电机逆变器总成中使用英飞凌功率模块及相应控制电子器件，作为现代索纳塔混合动力汽车和起亚远舰混合动力汽车的功率模块，通常情况下每台全混合动力汽车会采用两个功率模块，相对于内燃机车型，混合动力车具备再生制动和电动助力功能可节省约15%至35%的燃油。

英飞凌开发全新的启停系统、电动助力转向系统、电池管理和主动式发电机，以满足能效和排放要求更苛刻的汽车电子公司，寻求各种创新解决方案。为确保可靠的器件供应，他们还必须最大程度规避仅从一家供应商采购器件的风险，英飞凌与飞兆半导体于2012年4月签署了英飞凌先进汽车级MOSFET封装工艺H-PSOF（带散热盘的塑料小外形扁平引脚封装）符合标准的TO-Leadless封装（MO-299）的许可协议，旨在将领先业界的TO-Leadless MOSFET封装解决方案应用于汽车行业，这种封装适用于大电流汽车应用，包括混合动力汽车的电池管理、电动助力转向系统（EPS）、主动式发电机和其他重载电气系统。TO-Leadless封装是首个实现300安培电流能力的封装，这种封装相对于现有的D2PAK，电路板面积和高度分别降低20%和50%，从而大幅节省空间，最大程度降低从一家供应商采购器件的风险。

据市场调研公司Strategy Analytics于2012年4月发布的市场研究报告称，英飞凌是全球汽车电子市场上的两大芯片制造商之一，在市场总额高达230亿美元（2011年）的全球汽车芯片市场上拥有10%的市场份额。在亚洲，英飞凌占据了9%的市场份额名列第二。在欧洲汽车电子领域的创新中心，英飞凌是无可争议的市场领袖，拥有15%的市场份额。全球每部汽车平均有25颗英飞凌器件；英飞凌是全球最大的功率半导体供应商，功率器件连续9年高居全球第一；每部新车里超过1/2的负载由英飞凌汽车功率器件推动；英飞凌是全球最大的IGBT芯片供应商，全球1/3的IGBT芯片来自英飞凌；全球1/3的发动机管理系统由英飞凌单片机控制；全球出产的新车中50%采用英飞凌Tricore系列单片机对电机和传动箱进行控制，负责尽可能降低油耗和尾气排放；英飞凌已经售出了其第20亿枚传感器；英飞凌面向汽车侧气囊系统的集成式压力传感器的全球市场份额约为65%；胎压监控系统（TPMS）的市场份额约为50%；用于测量轮速的防抱死制动系统（ABS）传感器的市场份额约为50%；英飞凌也是全球少数几个可为安全应用和动力系统应用以及车身和舒适电子装置等系统提供三种基本传感器（测量压力、加速度和磁场）的半导体厂商之一；凭借前瞻性的技术投入和无微不至地了解客户的真实需求，英飞凌汽车电子产品已成为行业标杆。

在工业与多元化市场，国际能源机构（IEA）预计今后20年全球能耗将增加35%以上，以电力形式消耗的能源占全球总能耗的三分之一左右，电力一般要经过远距离输送，这个过程往往会损耗大量电力，巧妙地利用功率半导体能够最大限度地降低发电、输配电和电源转换等环节的电力损耗，从而尽可能减少能源损失，利用节能芯片还可以大大提高电子设备和机器的能效，确保最大限度地节省能源。随着全球人口数量不断增长，节能的重要性日益凸显，从某种意义上讲提高能效也是最大的能源来源之一，现在采用变频技术（VSD）的空调和洗衣机的产量显著增加，诸如电视机、电源装置、游戏机、个人电脑和服务器、照明应用、高能效工业和可再生能源发电应用以及家用电子产品等领域各类电子和电气设备也纷纷使用了功率半导体的节能芯片。无论是开发新能源还是电能的高效利用，以及高效的发电输电和可靠的配电对于环保电力应用而言至关重要，在提高风力发电和太阳能发电并网系统的转换效率，以及最大限度地降低由于跨越很远的距离，将电力从发电地点输送至用电地点的过程中损耗的电力方面，功率半导体起到了十分重要的作用。这些节能芯片实现了高效地向计算机、服务器和家用电器等供电，并且是高效控制电机不可或缺的元件。

功率半导体主要是在转换电能或控制电力设备、机械和系统方面发挥作用。在汽车中可被用在传动列车、便利电子装置（电动车窗）和安全系统（电子助力转向等）中，如果没有这些组件，混合动力汽车和纯电动车都无法行驶。功率半导体是各种驱动装置中电子控制系统的重要组成部分，还能用于控制高速列车、地铁以及适用于郊区和城区公共交通列车中的电机，其他应用领域包括风力发电和光伏电站、服务器电源、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、消费电子、移动基础设施以及路灯管理系统等。

据北美市场研究机构IHS Inc的调查结果，在功率半导体市场领域，英飞凌强势占据11.8%的市场份额，截止2013年12月英飞凌连续十年位居世界功率半导体市场榜首，与前一年的12%接近。排名第二的竞争对手东芝占据7.1%的市场份额，紧随其后的是市场份额为6.9%的三菱。作为全球领先的功率半导体供应商，英飞凌是唯一一家可提供从发电、输电到用电整个链条所需的功率半导体和功率模块的厂商，亦可对电气驱动装置、家电和照明装置的电源进行管理。英飞凌工业与多元化电子市场部提供的产品组合丰富多样，几乎针对每个细分市场都有相应的产品，适用于医疗和消费类电子装置、计算和通信产品以及传统工业行业的功率半导体和模块、定制IC和小信号分立式半导体。

英飞凌不仅在功率半导体领域建树颇丰，在微控制器方面也可谓是耸壑凌霄，除了Tricore系列单片机之外，在ARM产品线的开拓上也是毫不逊色。在2012年1 月23 日英飞凌推出了全新的XMC4000产品家族32位单片机，它们选用ARM®Cortex™-M4处理器。英飞凌利用自身在开发针对应用而优化的外设，并具备出色的实时功能的单片机方面有30多年的丰富经验，设计出XMC4000产品家族，还结合了广泛采用的ARM内核架构等诸多优势，XMC4000产品家族可满足工业应用的三大趋势，有助于改进能效，支持多种通信标准，还可降低开发中的软件复杂度，目标应用包括电气传动、太阳能逆变器和制造及楼宇自动化等。

在芯片卡和安全应用领域，据市场调查公司IMS Research调查（2012年1月）显示：英飞凌在NFC（近场通信）安全微控制器市场占有51.5%的份额。NFC非接触通信技术可将智能手机和其他移动终端变成钱包、票证和钥匙。作为主要供应商，英飞凌在NFC市场发展中扮演着关键角色，以三种方式将NFC应用安全功能带给移动终端：通过用于SIM卡的NFC安全微控制器、通过作为移动电话电子元件一部分的嵌入式安全元件（Secure Element）以及通过可用作microSD卡等设备的安全元件。这使得英飞凌成为世界上唯一能如此灵活实现NFC功能的半导体制造商，所提供的NFC解决方案可满足针对安全微控制器的最严格要求，包括Common Criteria EAL5+“high”国际标准和EMVCo（Europay国际、万事达、Visa）认证，适用于各种借助移动终端实现的NFC支付应用。

近年来，中国已发展成为全球半导体销售的主要市场和具有最大潜力的市场，英飞凌也不断扩展其在中国的业务。在2011年1月20日英飞凌在北京经济技术开发区设立新的子公司—英飞凌集成电路（北京）有限公司，包括一个汽车解决方案技术中心和一个功率半导体IGBT（绝缘栅双极晶体管）组件生产厂，不断布局扩大在中国汽车电子，工业与多元化和芯片卡与安全等核心业务，与成立之初所涉足的广泛领域相比，目前的英飞凌在所专注的核心业务方面已经极大瘦身，也许就是由于通过这样不断地对战略业务的削减和修饰，形成核心竞争优势，使其能够力出一孔，耸壑凌霄。
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INFINEON（英飞凌）历程


1999年4月1日，西门子半导体（Siemens Semiconductor）脱离西门子成立英飞凌科技（InfineonTechnologies）；

2000年10月2日，英飞凌收购Ardent Technologies；

2000年10月24日，Micronas Semiconductor收购英飞凌的消费电子业务；

2001年3月14日，英飞凌和三洋电机宣布合作生产超高频（RF）器件；

2001年4月30日，英飞凌收购Catamaran Communications；

2001年5月8日，英飞凌和Saifun Semiconductors合资开发Flash Memory；

2001年6月28日，Vishay以1.2亿美元收购英飞凌红外元件业务；

2001年7月12日，欧洲三大半导体制造商英飞凌、飞利浦半导体（恩智浦前身）和意法半导体提出标准来定义和评估无铅半导体器件；

2001年8月14日，欧司朗收购所有英飞凌在合资企业股份；

2002年5月2日，英飞凌和南亚合资DRAM内存芯片；

2002年6月18日，英飞凌、杰尔系统和摩托罗拉合资StarCore；

2003年3月6日，英飞凌收购MorphICs Technology；

2003年7月28日，英飞凌与中国苏州工业园区创业投资有限公司，合资成立英飞凌科技（苏州）有限公司；

2003年8月13日，英飞凌和国联光电（United Epitaxy Company，UEC）合资设立光通信零组件公司；

2004年1月15日，英飞凌扩展中国业务并在西安建立新的IC设计中心；

2004年1月28日，英飞凌将收购台湾芯片设计ADMTEK；

2004年4月29日，Finisar Corporation收购英飞凌光纤业务部的部分资产；

2005年8月9日，英飞凌将RFID解决方案卖给拥有RF-iT解决方案的GmbH；

2006年5月1日，英飞凌将其内存产品部门分拆成奇梦达（Qimonda），为英飞凌的全资子公司；

2007年4月2日，安华高科技收购英飞凌位于德国雷根斯堡的聚合物光纤（POF）业务部；

2007年6月25日，英飞凌收购德州仪器DSL客户端设备（CPE）业务；

2007年8月20日，英飞凌出资3.3亿欧元外加与业绩挂钩的3700万欧元，收购LSI集团的移动产品业务；

2007年8月30日，AES与IBM和英飞凌就出售Altis达成协议，Altis是英飞凌和IBM于1999年组建的合资公司；

2008年3月10日，LSI将收购英飞凌的硬盘驱动器（HDD）业务；

2008年4月28日，英飞凌收购Primarion公司全部股权，进一步加强在电源管理应用领域的实力；

2009年1月23日，奇梦达向慕尼黑地方法院提交破产申请，英飞凌科技目前持有奇梦达77.5%的股权；

2009年6月9日，韩国LS Industrial Systems与英飞凌科技（Infineon）共同成立了一家合资公司LS Power Semitech Co；

2009年7月7日，英飞凌以2.5亿欧元出售旗下有线通信部（WLC）给私募股权投资者Golden Gate Capital，成立LANTIQ独立运作；

2010年8月31日，英飞凌科技与英特尔签署正式协议，将英飞凌的无线解决方案部（WLS）以14亿美元现金出售给英特尔。Comneon是英飞凌科技股份全资子公司，是移动通信高级软件解决方案的领先供应商。

2014年8月21日，英飞凌以30亿美元现金并购国际整流器（International Rectifier）

系列之（九）触手生春—ATMEL（爱特梅尔）

爱特梅尔（Atmel Corporation，简称ATMEL）

凭借业界两个流行的AVR和ARM微控制器架构不断创新的爱特梅尔（ATMEL），在半导体应用领域声名远播。最早让本土工程师熟知的MCS-51核的八位单片机，是完美地将非易失闪存技术EEPROM与MCS-51核结合起来，采用MCS-51的总体结构和指令系统，存储器可反复擦写程序，有效降低开发费用，并能使单片机多次重复使用。时至今日仍旧有不少电子生产企业在使用，足以说明这个微创新的成功。那么爱特梅尔为什么会如此这般触手生春呢?也许从其漫漫的创新历程中可以找到一些答案。
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1984年由来自Seeq Technology的三名技术人员创办了爱特梅尔，他们是Gust Perlogos和George Perlogos二兄弟以及来自台湾的吴聪庆。Gust Perlogos来Seeq之前在英特尔工作，George Perlogos是Seeq的创办人之一，吴聪庆先生来Seeq之前在Signet-ics（属于飞利浦子公司）工作，1984年年底Seeq七位创办人中发生争执，这三位离开后创办了爱特梅尔，另有一部分人创办了chips&technologys（1997年被英特尔购并）。

爱特梅尔最初开始EPROM由日本三洋代工，后来自己在1989年收购了霍尼韦尔的制造工厂，1993年又在Spring市盖了一个新厂，那时爱特梅尔产品的百分之七十五是存储器产品，包括百分之二十五EPROM，百分之二十五EEPROM以及百分之二十五的Flash Memory，另有百分之二十五是一般ASICChip及Customer Chip，也就是在这个时候爱特梅尔开始了第一个八位基于MCS-51内核的闪存单片机。现在的飞索半导体以及北京的兆易创新与此很类似，都是在存储器方面具有先天优势，之后开始进军微控制器行业，利用自身擅长的闪存技术与微处理器内核完美搭配，做出性价比更高的经典产品。

爱特梅尔通过不断地收购来壮大和丰富自己的产品线，提高自己的产能。在1994年购买SEEQ的EEROM资产；在1995年收购了ASIC House；在1996年收购了European Silicon Structure（ES2）和Digital Research in Electronic Acoustics and Music（DREAM）；在1998年从Vishay Intertechnology购买了TEMIC部分资产；在1999年收购了摩托罗拉（Motorola）旗下Smart Information Transfer（SIT）部门；在2000年9月15日收购了西门子英国的晶圆制造设施及相关资产；在1996年爱特梅尔购买了Nordic VLSI的μRISC（Micro RISC）技术，在挪威成立Trondheim设计中心开始Atmel AVR系列产品设计；在1997年爱特梅尔正式发表AVR，这也是爱特梅尔触手生春的产品。爱特梅尔的AVR系列是一种基于改进的哈佛结构，8～32位精简指令集（Reduced Instruction Set Computing，RISC）的单片机，AVR架构最早由两名挪威理工学院（Norwegian Institute of Technology，NTH）的学生Alf-Egil Bogen和Vegard Wollan共同构思出来。当时他们在Nordic VLSI 实习，二人提出了Micro RISC架构，然后通过Nordic VLSI从芯片层面实现。

原始的AVR微控制单元由当地Trondheim的一所特殊应用集成电路（ASIC）工作室Nordic VLSI（现为北欧半导体）负责开发。当时被称作μRISC（Micro RISC），还可使用Nordic VLSI的硅晶圆等基础材料来制作其芯片。当这些技术被Nordic VLSI卖给Atmel后，其内部架构被当时任职于爱特梅尔挪威子公司的Bogen以及Wollan进一步发展，架构设计者们和来自IAR系统的编译器编写者们紧密合作，来确保指令集提供更高效率的高级编程语言编译。首个AVR单片机的产品是AT90S8515，拥有和MCS-51单片机相同的40针双列直插封装（DIP），包括外部多路地址和数据总线，但RESET线和MCS-51单片机相反，MCS-51单片机是高电平有效而AVR是低电平有效，除此以外其他针脚是完全一致。

AVR是Arduino Uno开源开发板的基础，所以今天看到Arduino的开源硬件微控制器基本上都是基于AVR系列开发的，在开源硬件领域里AVR有着深远的影响。目前AVR处理器已经发展到了六个系列：tinyAVR（ATtiny系列）；megaAVR（ATmega系列）；XMEGA（ATxmega系列）；Application-specific AVR（是面向特殊应用的AVR系列，增加LCD控制器、USB控制器、PWM等特性）；FPSLIC，FPGA上的AVR核；AVR32（32位AVR系列包含SIMD和DSP以及音视频处理特性）。在命名上爱特梅尔解释AVR这个名称不是某几个单词的缩写，也不代表任何特别的事物，AVR的创造者们也没有给出明确的关于AVR表意的答案，在看过关于“AVR微控制器的历史”的视频之后，一般都认为AVR表示Alf（Egil Bogen）and Vegard（Wollan）'s RISC processor。现在Alf-Egil Bogen是爱特梅尔首席营销官，而Vegard Wollan则是微控制器与触摸事业部的副总裁兼总经理。

2000年之后的很长一段时间里爱特梅尔似乎一直很平静，但却在2007年5月2日出售了位于德州Irving的晶圆厂给美信；在2007年7月11日出售了旗下网络存储部门给MoSys；在2007年10月8日出售了位于英国NorthTyneside8吋晶圆厂的机器设备给台积电；在2008年11月10日出售了德国工厂给Tejas Silicon Holding Limited（TSI）。在短短的两年时间内将其生产设备数目从五家减至两家，剥离或关闭了14个非核心产品线，并对其他产品线进行了精简，同时还传出了高管滥用企业旅行经费的问题以及Microchip（微芯）和ON（安森美）要联合收购爱特梅尔等轰动业界的传闻。这时，爱特梅尔的创始人George Perlegos和Gust Perlegos也相继离开，高层剧烈动荡，爱特梅尔快刀斩乱麻请来之前曾担任过私人直接投资公司Golden Gate Capital Corp.的技术合伙人，无厂半导体Teridian Semiconductor（后被美信收购）的执行董事长，以及2004—2005年是Silicon Image总裁兼首席执行官的Steven Laub担任新主帅。爱特梅尔于2008年10月29日拒绝了Microchip（微芯）和ON（安森美）的联合收购，决定依靠自身的实力走出困境，依靠自身的智慧战胜危机。

爱特梅尔在2009年及以后的时间里，相继发布了完全集成的多点触摸屏控制器。2011年三星（Samsung）选择爱特梅尔的maXTouch控制器来助力其新一代GalaxyS II触摸屏，maXtouch对外挂式和其他薄型触摸屏结构的支持使得三星等生产商能够更快地将尖端设计推向市场，用户可以体验不受限制的触摸、更快的响应速度、更高的准确度、更低的功耗和更出色的灵敏度，也使得消费者能够享受更顺畅、更轻薄、更明亮的触摸屏手机。2013年爱特梅尔将maXTouch系列优势延伸至智能手机及平板电脑市场，成为新款Windows 8.1产品的首选。爱特梅尔自推出第一代触控产品以来，已经形成了一套面向触控应用的，经市场验证的成功商业合作模式，以触摸屏控制器为中心，配合触控应用的其他关键器件包括传感器等，能够为客户提供一整套解决方案，这种模式成就了爱特梅尔在目标应用的快速发展，同样成就其在手机等便携智能终端的发展。在微控制器领域里，爱特梅尔2010年推出了首个带有HS USB的Cortex-M3核ARM、又于2012年展示了高存储器密度的Cortex-M4核ARM，以及其用在国家电网标准中的经典型号ARM9260，结合拥有独特优势的AVR在低成本八位机，让AVR与ARM互补成就了其在微控制器行业的新高度。根据市场调查爱特梅尔在全球微控制器领域市场中销售量名列第三名，是全球增长最快的微控制器供应商。尤其是在新总裁上任后把微控制器领域作为公司的重要发展方向，2012年财务报表中公布其净收益达到14亿美元，2013年1季度微控制器领域业务占了公司业务的三分之二。

爱特梅尔在过去几年通过收购触摸感测、ZigBee和LED企业，不断增强高增长的核心业务，但是伴随着物联网、智能计量、智慧城市、智慧能源、车联网等新兴产业的出现，爱特梅尔不再满足现状，继续整合投资，抢占无线市场先机。面对越来越细的市场，爱特梅尔把投资方向瞄准触摸控制、汽车、能源、照明、传感器、电池等领域，预计这些产业在2014年的总体有效市场份额将达到120亿美元。

爱特梅尔并未止步于此，于近期并购了超低功耗Wi-Fi解决方案供应商Ozmo，这次收购将扩大爱特梅尔的无线产品线，进一步提升开发人员在智能联网设备，特别是物联网有关设备方面的设计能力。根据市场研究数据，2015年总体无线外设市长预期达到10亿个，其中“Wi-Fi Direct”是增长最快的领域，到2015年CAGR超过100%。Ozmo能够为爱特梅尔广泛的无线产品组合带来创新性的“Wi-Fi Direct”认证技术，将加速无线个人区域网络（WPAN）的无缝通信和连通性，这一收购将加快爱特梅尔的市场战略，为实现物联网应用产品提供完整解决方案。与此同时爱特梅尔还并购了Integrated Device Technology（IDT）的智能电量IC产品线和技术，虽然在智能计量方面中国比其他国家晚，但是中国正快速成为全球最大的智能计量市场，爱特梅尔看好中国智能计量市场这块蛋糕，为未来的智能计量领域抢占先机。爱特梅尔通过对AVR和ARM内核的精雕细琢，使之对主控制器产品触手生春，加上对触控产品市场的精准把握，对非核心业务的逐步剥离以及对前瞻性技术的并购和投入，使得企业的发展在经历重创之后焕发勃勃生机。
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ATMEL（爱特梅尔）历程


1984年，爱特梅尔由两兄弟Gust Perlogos（从Intel离开到SEEQ）和George Perlogos（是SEEQ创办人之一）与华裔吴聪庆（原在Philips子公司Signet-ics工作，1982年去了SEEQ）联合成立；

1989年，爱特梅尔收购霍尼韦尔的制造工厂；

1991年，爱特梅尔收购Concurrent Logic；

1994年，爱特梅尔购买SEEQ的EEROM资产；

1995年，爱特梅尔是第一家ARM许可架构使用企业创造了最初的AT91系列；

1995年，爱特梅尔收购ASIC House；

1996年，爱特梅尔收购European Silicon Structure（ES2）；

1996年，爱特梅尔收购Digital Research in Electronic Acoustics and Music（DREAM）；

1996年，爱特梅尔购买Nordic VLSI的μRISC（Micro RISC）技术，在挪威成立Trondheim设计中心开始Atmel AVR系列产品设计；

1998年，爱特梅尔从Vishay Intertechnology购买TEMIC部分资产；

1999年，爱特梅尔收购摩托罗拉旗下Smart Information Transfer（SIT）部门；

2000年9月15日，爱特梅尔收购西门子英国的晶圆制造设施及相关资产；

2007年5月2日，爱特梅尔出售位于德州Irving的晶圆厂给美信；

2007年7月11日，爱特梅尔出售旗下网络存储部门给MoSys；

2007年10月8日，爱特梅尔出售位于英国NorthTyneside8吋晶圆厂的机器设备给台积电；

2008年2月6日，爱特梅尔收购触摸传感公司Quantum Research；

2008年11月10日，爱特梅尔德国工厂完成了向Tejas Silicon Holding Limited（TSI）的出售；

2009年2月3日，爱特梅尔收购LuxLabs BVI所有MeshNetics® ZigBee®的知识产权；

2011年9月27日，爱特梅尔收购西班牙ADD半导体（Advanced Digital Design，S.A.）；

2012年10月1日，爱特梅尔出售串行闪存产品系列给AdestoTechnologies；

2012年12月19日，爱特梅尔收购Wi-Fi解决方案提供商Ozmo，Inc.；

2013年3月7日，爱特梅尔收购IDT（Integrated Device Technology）的智能电量产品线。

系列之（十）抃风舞润—MICROCHIP（微芯）

微芯科技（Microchip Technology Inc，简写Microchip）

凭借MIPS内核独闯32位微控制器市场的微芯科技可以称得上是一个另类。从二十几年前开始做单片机到现在在八位单片机市场上取得不可动摇的地位，也意图在32位市场上打造一个不一样的微控制器生态系统。微控制器是针对嵌入式应用的定制化产品，不论半导体厂商采用哪个架构的内核，这个定制化更多体现在外设的配置上，与其他微控制器厂商的策略不一样，微芯科技通过不断地拓展外设应用来强化自己的性能，也与自己在八位单片机上的策略完全不同，但凭借在八位单片机上的优势地位不断加强外围产品线的收购，以求在高端微控制器上面使围绕 MIPS 内核的外围生态系统逐步丰满，抃风舞润。
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自1989年3月16日微芯科技成为独立公司以来，就密切关注嵌入控制半导体产品市场，为了占领市场集中了所有的技术、设计、生产、销售等各方面资源发展两大拳头产品PIC8位单片机和高品质的串行EEPROM。但微芯科技的历史可以追溯到1987年12月14日，当时的通用仪器（General Instrument）把通用仪器微电子（General Instrument Microelectronics）分拆出来，更名为微芯科技作为其全资子公司。通用仪器是1939年成立专业从事半导体设计及制造，也是第一家外商在中国投资的电子公司，中国台湾通用仪器成立于1964年，台湾半导体产业的发展启端在通用仪器高雄封装厂。1997年通用仪器被拆分为NextLevel Systems，CommScope（标榜为世界上最大的同轴电缆制造商），General Semiconductor（2001年被Vishay收购）三家公司，次年作为最大分立部分的NextLevel Systems正名为General Instrument Corp（2000年被摩托罗拉收购）。微芯科技作为通用仪器全资子公司的时候，就推出了64KB的高速EPROM和采用CMOS技术的PIC16C5X系列。

20世纪90年代初期在设计中采用单片机并不那么容易，虽然提供了某种程度的集成，但付出的代价是需要在生产过程中将程序代码掩膜到器件中，才能获得合理的规模经济效益，掩膜编程的器件需要昂贵的一次性工程费用，这就意味着需要大批量的生产才能够将成本分摊到每个器件上，除了难以在小批量应用中使用外，这种掩膜编程器件也无法更新代码或修正错误。许多工程师选择了各种方法来解决这些问题，最流行的做法就是将通用单片机同外部EPROM和I/O配合使用，对于小批量的设计，这种方法提供了一定的灵活性和经济的成本结构，但却大大增加了设计工作量，也占用了相当大的电路板空间并最终增加了材料成本。随着微芯科技于1988年推出采用CMOS技术的PIC16C5X系列，工程师们对于单片机的看法在一夜之间发生了改变。这些器件易于理解，编程成本也很低，而且最为重要的是可以进行现场编程，可以在生产线上使用简单的低成本编程器对这些标准的一次可编程（OTP）单片机烧写代码。PIC16C5X系列不仅可以帮助企业将产品更快地推向市场，还可以在生产过程中快速完成错误修正和升级，使得许多不同应用都可使用同一种通用器件，从而减少了器件的库存量，工程师们迅速接受了这种方法，到1989年年底微芯科技已经销售出100万片单片机。那个时候单片机开发工具的成本和复杂性是一个现实的问题，随着PIC16C5X系列的发布，微芯科技还推出了简单可靠的低成本软件开发工具，1991年微芯科技推出了MPLAB集成开发环境（IDE），这也是全球第一个基于Windows3.0的开发系统，来解决开发工具的易用性以及成本方面的问题。由于采用了强大的RISC架构、简单的编程模型和集成的I/O，单片机开始为大批量应用所采纳，而那些应用过去一直是单价低廉的传统掩膜单片机的领地。1992年微芯科技推出了第一款基于只读存储器（ROM）的单片机，此时制造商可以利用OTP器件制造最初的产品，进而对产品进行全面的现场测试、发现错误并进行修正以及实现某些增强功能，然后利用ROM单片机进行批量生产。ROM单片机可在工厂编程，使成本大幅度降低。1993年微芯科技推出了业界第一款增强型闪存单片机，在灵活性方面又向前迈进了一大步，通过采用闪存在器件焊接到印制电路板上后仍可方便地进行编程，将编程步骤在生产流程中又向后移了一步，并且可以同时对一块电路板上的几个不同器件进行编程，闪存存储器还允许对单片机进行现场再编程，因此在产品交付给客户以后仍然可以对其进行升级。九十年代电路板空间成为越来越需要考虑的重要问题，于是微芯科技于1996年推出了更小封装的器件，在业界第一个提供了八引脚封装的单片机产品。1999年推出的PIC18CX系列提供了一种增强架构，与当时开发的所有PIC单片机一样，PIC18CX系列与最初的PIC16CX系列完全向后兼容，也就是在这个时候微芯科技已经销售出10亿片单片机器件，截止2001年微芯科技已售出20多万套的单片机开发套件。微芯科技单片机的发展从最初PIC单片机架构所获得的长期成功即可略见一斑，伴随单片机的发展微芯科技也逐步成为2006年全球排名第一的八位单片机供应商，回首1991年还仅仅排名不到第二十，微芯科技用了十几年时间的专注应用创新将自己打造成为了全球领先的单片机品牌。
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一般来讲，可以将单片机发展分为四个阶段：第一代是20世纪70年代后期四位逻辑控制器件发展到八位，使用NMOS工艺（速度低、功耗大、集成度低），代表产品有摩托罗拉的MC6800、英特尔的8048和Zilog的Z80；第二代是20世纪80年代末采用CMOS工艺，代表产品有摩托罗拉的MC146805和英特尔的8051；第三代是20世纪90年代初，单片机由可扩展总线型向纯单片型发展，通过内置存储器使外围电路更加简洁，单片机的扩展方式从并行总线型发展出各种串行总线，其外部表现形式与个人计算机差别越来越大，单片机的功耗越来越低，其工作电压已降至3.3V，低功耗代表产品有德州仪器的MSP430；第四代是使用闪存技术的单片机，代表产品有微芯科技的PIC16F877和爱特梅尔的AT89C52，微芯科技抓住了单片机更新换代的技术趋势，让自己在八位单片机这个细分的市场混战中插上了腾飞的翅膀，成就了自己的辉煌。

从2008年开始微芯科技展开了一系列战略收购，当然之前也有过一些收购，比如在1993年10月8日购买由GTE’s Microelectronics完成于1986年，后来卖给Digital Equipment Corporation的晶圆制造工厂；在1995年11月20日收购Nanoteq跳码技术；在1996年6月25日收购ASIC Technical Solutions；在2000年5月24日收购松下半导体（Matsushita Semiconductor）华盛顿州晶圆厂；在2000年10月27日宣布收购Telcom Semiconductor；在2002年6月5日完成收购PowerSmart；在2002年7月17日收购富士通（Fujitsu Microelectronics）位于俄勒冈州Gresham晶圆制造厂；这些收购使微芯科技不断地扩充产能和增加必要的技术补充，为其能够成为八位单片机全球领导者打下了坚实的基础，比如Nanoteq的跳码技术更好地拓展了其单片机的行业应用，做到了锦上添花。相对于之前的收购来说2008年之后的收购更具有战略意义上的高瞻远瞩，做到了产品拓展应用上的抃风舞润。

微芯科技在2008年10月15日收购了触摸屏控制器电子和技术软件供应商Hampshire；在2009年3月10日收购了嵌入式系统开发工具供应商HI-TECH Software；在2009年4月8日收购了专注于安防和生命安全系统IC供应商R&E International，Inc.；在2010年1月11日收购了生产低功耗无线芯片著称的ZeroG Wireless；在2010年4月8日收购了专攻多种非挥发性内存产品设计制造的厂商超捷Silicon Storage Technology（SST）；在2012年4月26日收购了低功耗嵌入式Wi-Fi和蓝牙解决方案的Roving Networks；在2012年5月4日收购了三维（3D）体感辨识运算开发商Ident Technology；在2012 年8 月6 日以9.39亿美元收购了智能混合信号连接解决方案供应商Standard Microsystems Corp（SMSC）；在2013年6月13日微芯科技全资子公司SST收购非易失性存储器（NVM）知识产权（IP）解决方案供应商Novocell Semiconductor；在2014年2月11日以3.94亿美元现金收购高压模拟和混合信号芯片生产商Supertex。这一系列眼花缭乱的收购基本上都是围绕微控制器产品线的外围进行的，微芯科技首先考虑客户在选用微控制器以后，还需要什么器件和技术来搭配和完善进行的，例如客户需要触摸技术和3D识别就收购了Hampshire和Ident Technology，触摸技术已经被应用到微芯科技的mTouch产品上；客户需要开发工具和安全产品就收购了HI-TECH Software和R&E International，客户可以使用很好的编译器和安全产品；客户需要更多的无线连接就收购了ZeroG Wireless和Roving Networks，增加客户在嵌入式Wi-Fi和蓝牙方面的应用；客户需要存储器就收购了SST和Novocell Semiconductor，进一步拓展应用；客户需要混合信号连接和高压模拟混合信号就收购了SMSC和Supertex，增加模拟方面的支持。上述收购不但更好地拓展了产品线，也把这些收购公司的技术集成进自己的产品中，推出很多单芯片的产品，这就是微芯科技所要打造的围绕微控制器强大的外围生态系统。

到目前为止微芯科技已经整合了单片机，基于MIPS内核数字信号控制器，混合信号，模拟器件和闪存专利等解决方案，推出了微控制器以及外围设备，触摸和手势传感，无线连接集成，存储器，接口电源管理等模拟器件，混合信号和KEELOQ安全安防产品等各种实用产品，可设计出更全面更具价值的嵌入控制系统方案，以满足用户日益增长的需求，为数以千计的多样化应用提供低风险的产品开发，更低的系统总成本以及更快的产品上市时间，布局“聚合系统”蓝图抃风舞润。
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MICROCHIP（微芯）历程


1987年12月14日，通用仪器（General Instrument）把通用仪器微电子（General Instrument Microelectronics）分拆出来，更名微芯科技作为其全资子公司；

1989年3月16日，微芯科技成为独立公司；

1993年3月19日，微芯科技宣布上市，首次公开发行普通股；

1993年10月8日，微芯科技购买由GTE’s Microelectronics完成于1986年，后来卖给Digital Equipment Corporation的晶圆制造工厂；

1995年11月20日，微芯科技收购Nanoteq跳码技术；

1996年6月25日，微芯科技收购ASIC Technical Solutions；

2000年5月24日，微芯科技收购松下半导体（Matsushita Semiconductor）华盛顿州晶圆厂；

2000年10月27日，微芯科技宣布收购Telcom Semiconductor；

2002年6月5日，微芯科技完成收购PowerSmart；

2002年7月17日，微芯科技收购富士通（Fujitsu Microelectronics）位于俄勒冈州Gresham晶圆制造厂；

2008年10月15日，微芯科技收购触摸屏控制器电子和技术软件供应商Hampshire Company；

2009年3月10日，微芯科技收购嵌入式系统开发工具供应商HI-TECH Software；

2009年4月8日，微芯科技收购专注于安防和生命安全系统IC供应商R&E International，Inc.；

2010年1月11日，微芯科技收购生产低功耗无线芯片著称的ZeroG Wireless；

2010年4月8日，微芯科技收购专攻多种非挥发性内存产品设计制造的厂商超捷Silicon Storage Technology（SST）；

2010年5月24日，微芯科技出售NAND业务给Greenliant Systems Ltd.；

2012年4月26日，微芯科技收购低功耗嵌入式Wi-Fi和蓝牙解决方案的Roving Networks；

2012年5月4日，微芯科技收购德国三维（3D）体感辨识运算开发商Ident Technology；

2012年8月6日，微芯科技以9.39亿美元收购了智能混合信号连接解决方案供应商Standard Microsystems Corp（SMSC）；

2013年6月13日，微芯科技全资子公司SST收购非易失性存储器（NVM）知识产权（IP）解决方案供应商Novocell Semiconductor；

2014年2月11日，微芯科技以3.94亿美元现金收购高压模拟和混合信号芯片生产商Supertex。

系列之（十一）探幽索胜—SILICON LABS（芯科）

芯科（Silicon Laboratories，简称SILICON LABS）

伴随着半导体技术的发展，八位单片机在内核结构、外设和集成开发环境方面都在迅速地发展和不断地更新，在百家争鸣新品层次不穷的8051时代，在嵌入式系统低端的八位单片机领域中仍旧有这样一个另类的品牌，把更多的模拟功能集成到了单片机中，而且使其最高频率可运行在 100MHz，创新出低功耗高性能的实用型产品，从而使8051 走向了完全不同的技术发展道路，把历史悠久的 8051 重新塑成一道独特的风景线，把长盛不衰的8051推向了一个活跃而新兴的嵌入式领域，把众星捧月的8051系列带上了一个混合信号的崭新高度，更将单片机从 MCU 领入了 SOC 时代，形成了既具经典性又不乏生命力的一个单片机系列，而且在其他领域里同样是蓄势待发，不断整合和创新产品应用，就是探幽索胜的高性能模拟与混合信号 IC 创新的行业领导者芯科。
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芯科是1996年成立的企业，在强手如林的半导体行业，九十年代以后成立的企业并不多，当然不包括大型设备制造商分拆出来的半导体品牌。从时间上来看一般知名的品牌大多都诞生在五六十年代，这应该是半导体创业的第一波浪潮，从仙童和摩托罗拉开始到德州仪器、国半、英特尔、超微、三星、索尼、罗姆、亚德诺和国际整流器等基本上都是在这个时候成立，他们演绎着悠久和辉煌；八十年代至九十年代初应该是半导体创业的第二场风波，从凌力尔特和爱特梅尔到美信、微芯科技、意法半导体、美光科技、赛普拉斯、东芝半导体、高通、博通、赛灵思、阿尔特拉、莱迪思、ARM和MIPS等基本上都是在这个时期开始逐步走向卓越和创造颠覆。1999年之后掀起了一场由大型设备制造商剥离出来独立或者重组成立半导体企业的风暴，从安森美和飞思卡尔到海力士、瑞萨、飞索半导体、英飞凌、恩智浦、英特矽尔、安华高等都是在这个时候置身于红海走向成熟和诠释着趋势。几乎是每相隔一段时间就会有一次较大的创业潮，间隔时间也在慢慢地缩短，而且在半导体行业里非常具有典型的时代特色，像与芯科同时期的联发科技和美满电子以及微知纳特，无疑是在技术和业务模式上引领了另类的探幽索胜。

1996 年由来自 Crystal Semiconductor/Cirrus Logic 三位（Nav Sooch、Dave Welland和Jeff Scott）元老创立的芯科，开始了他们在模拟与混合信号技术上的探索之路。芯科的首款产品是个人计算机的模拟调制解调器，调制解调器是一种计算机硬件，能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号，而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收，并译成计算机可懂的语言，这一简单过程完成了两台计算机间的通信。芯科后来利用在技术上的优势拓展了调制解调器的应用，把微控制器、数字信号处理器资料泵浦（DSP datapump）、codec和DAA整合成一套全硅晶解决方案，是当时市场上第一套具备这项能力的嵌入式调制解调器，一套完整的硬件调制解调器解决方案，为应用产品提供可编程线路界面，协助它们符合全球电讯法规要求，并支持所有的调制解调器传输速度，适合必须连接至远程主机的消费性和工业电子产品，例如具备连网能力的电话、视讯转换器、个人录像机、销售点终端装置、保全系统、医疗监测装置和电表等。通过这些集成高性能模拟外设与数字电路的CMOS专业设计经验，创建出针对特定应用的产品包括SLIC和DAA器件（用于VoIP 设备），AM/FM 无线电接收器和发射器，硅电视调谐器，GSM/GPRS收发器和可编程时钟等。紧随着潮流的趋势推出高集成度拓展应用，到2006年为止芯科已经销售近20亿颗CMOS混合信号器件，包括10亿颗模拟调制解调器芯片，全球超过一半的个人计算机与卫星机顶盒采用；6亿颗Aero® GSM/GPRS收发器用于数百款不同的移动电话；8 000万颗VoIP器件用于多数VoIP产品；以及近4 000万颗微控制器和超过 5 万套微控制器开发套件，是一家资本额约五亿美元的上市公司，并且在各种混合信号产品领域居于领先地位。

如果说这些特定应用的产品并没有让大众熟知芯科这个品牌的话，那么在2003年10月以5800万美元收购C8051F系列微控制器生产商Cygnal Integrated，则让自己在一夜之间被广大的嵌入式设计人员所知道。Cygnal Integrated是1999年3月成立的一家新兴的半导体公司，专业从事混合信号片上系统单片机的设计与制造，因为看好八位单片机的市场和发展前景，更新了原有8051单片机结构，设计了具有自主产权的CIP-51内核，与8051指令系统全兼容并且可以用标准的高级语言开发编译C8051F系列单片机的程序，除了具有标准8051的数字外设部件之外，片内还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件，以及其他数字外设和功能部件，单片机能够有效地管理模拟和数字外设，也可以关闭单个或全部外设以节省功耗，是具有真正意义上能独立工作的片上系统（SoC），也让8051单片机焕发了新的生命力。芯科收购Cygnal Integrated以后重新优化和拓展了产品系列，产品由原来的二三十个拓展到现在，按照功能区分有模拟、汽车和工业、电容式触摸感应、低功耗、小尺寸微型、智能接口、USB和无线单片机八大产品系列几百个产品型号。性能上也得到了最大限度的提升，可通过0.9V工作电压提供超低功耗，最高频率可运行在100MHz，以及集成了多种接口，电容式触摸感应和无线等混合信号功能，使8051单片机散发着勃勃生机，也是现在市面上少有的完善的单片机系列，在知名厂商都向ARM靠拢的时候，芯科依旧坚持在这个细分的领域里探幽索胜。

如果说收购Cygnal Integrated是奠定了芯科在八位单片机领域，可以大肆施展其模拟与混合信号设计优势基础的话，那么接下来芯科所走的路则让其走向了产品多元化的更加专注拓展优势的创新之路。首先是在2005年8月芯科以大约1600万美元现金收购高电压半导体组件公司Silicon MAGIKE，这家处于创业阶段的公司专门开发高电压和高性能的混合信号组件，涵盖电信、网络、高电压半导体物理和高电压精准模拟电路设计，Silicon MAGIKE的技术弥补加强了芯科的现有产品，并帮助芯科掌握新浮现的数十亿美元高电压产品市场商机，高电压组件传统上是产品差异极大的高利润庞大分散市场，也促成了芯科的客户与市场分散策略；其次是在2007年2月芯科以2.85亿美元出售了Aero产品线给恩智浦，通过将Aero业务转手给最能发挥并获益的恩智浦，使得芯科在射频技术领域创造的优势能够最大地直接受益，从战略角度来看这项交易，芯科是要集中精力投入到利润最为丰厚、增长速度最快的混合信号产品等核心业务；再次是在2006年芯科首次研发出DSP技术的收音机芯片，与全球规模最大的收音机制造商深圳凯隆合作，开发出世界上第一台DSP收音机，为了深耕收音机市场，2007年11月芯科收购了位于深圳的源核微电子（Sourcecore），这家公司从事射频及数模混合系统集成电路设计，主要产品是调频立体声发射芯片和全集成（开关）调幅收发器等收音机芯片，成立中国研发中心在深圳与上海组建DSP技术研发实验室；最后是在2008年6月24日芯科收购了多元化产品的混合信号公司Integration Associates，这家公司的系列产品即扩展了芯科现有应用的系统内容并带其进入了新的市场，特别是在短距离无线传输这一庞大市场，对芯科而言是一个待开发的市场，而Integration Associates已经有发展创新的产品，并且拥有广泛的客户基础及持续增长的营收，也加速了芯科将触角延伸至音频子系统，再者对于芯科正处于营收起飞阶段的电源新产品线而言，更是带来了策略性的电源产品组合，进一步强化了芯科的经营结构和加速研发创造营收的速度。

和所有优秀的半导体企业一样，芯科并没有停止对未来发展的探索，反而是在模拟与混合信号领域开始了更加疯狂的收购和永不停息的创新。在2010年4月28日芯科收购了Silicon Clocks和CMEMS技术，获得了在大批量生产中把MEMS架构直接构建于标准CMOS晶圆上，实现完全集成的高可靠性的CMEMS技术，在标准芯片上集成高精度振荡器；在2011年1月26日以4000万美元收购集成计时解决方案供应商SpectraLinear，加速芯科在集成计时领域的发展渗透，增加多达5亿美元的机遇；在2010年10月12日收购了以色列传感器芯片供应商ChipSensors，这家公司的技术可以令芯片表面具有温度、湿度、气体传感器以及病菌探测等，表现出芯科进军MEMS系统应有的技术储备和强大的野心；在2012年5月21日芯科以7200万美元收购2.4GHz无线网状网络（Mesh networking）解决方案提供商Ember，Ember是ZigBee解决方案的市场先驱，这此收购为芯科带来在住宅、商业和工业应用领域中部署低功耗传感器网络所需的专业技术和软件，形成了包括单片机、电源和隔离技术、传感器以及sub-GHz和2.4GHz无线射频等广泛的高集成度解决方案产品组合，构建了芯科嵌入式无线市场的领先业务，有效满足不断增长的物联网市场。

在2013年6月7日芯科以1.15亿美元现金外加额外5500万美元激励措施收购了低功耗单片机及射频芯片供应商Energy Micro。Energy Micro是在2007年由现任总裁暨CEO Geir Forre建立，他还曾创建过混合信号与无线芯片Chipcon ASA，在2006年以2亿美元卖给了德州仪器。收购为芯科提供了将近250款基于ARM的32位单片机，从基于低成本的Cortex-M0+到满足DSP应用和浮点运算的Cortex-M4广泛应用产品，让产品范围拓展至ARM，使自己形成了完整的产品线组合，同时也加强了其在射频产品领域的产品组合，包括EM的EFR Draco无线收发器及SoC，支持的频率波段范围从小于1GHz的产品到2.4GHz，其节能微控制器和无线片上系统使芯科获得两方面的成熟技术，芯科把这些互补的嵌入式技术平台和专长加以应用，为快速崛起的物联网和智能能源市场引入了业界最高效节能的解决方案，并在可穿戴设备等便携式电子产品领域里探幽索胜。

随着物联网市场急速扩大，开发人员在电池供电的终端节点上所需的低功耗微控制器、无线IC、传感器和电源管理技术也越来越多样化，物联网终端节点在设计上最大的要求就是能源效率，期望在不损失效能的情况下电池寿命最大化。为了不断强化在物联网的嵌入式产品阵容，在2014年3月3日芯科又以150万美元收购加州Touchstone Semiconductor全系列产品及知识产权，为其带来高性能低功耗模拟产品的产品组合。芯科正是通过不断的收购优化和整合自己完备的产品系列，在模拟与混合信号领域引领了技术上的另类和颠覆，更值得一提的是芯科的赢家文化（Winning Culture）让其在成长过程中能够保持专心一致，芯科对于他们所致力的核心价值备感自豪。
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SILICON LABS（芯科）历程


1996年，芯科由来自Crystal Semiconductor/Cirrus Logic的三位（Nav Sooch、Dave Welland和Jeff Scott）元老创立；

2003年10月，芯科以5800万美元收购C8051F系列微控制器生产商Cygnal Integrated Products；

2005年8月，芯科以大约1600万美元现金收购高电压半导体组件公司Silicon MAGIKE；

2007年2月，芯科以2.85亿美元出售Aero产品线，与恩智浦签署协议；

2007年11月，芯科收购了位于深圳的源核微电子（Sourcecore），成立中国研发中心；

2008年6月24日，芯科收购发展多元化产品的混合信号公司Integration Associates；

2010年4月28日，芯科收购Silicon Valley的企业Silicon Clocks和CMEMS技术；

2010年10月12日，芯科收购以色列传感器芯片供应商Chip Sensors；

2011年1月26日，芯科以4000万美元收购集成计时解决方案供应商SpectraLinear；

2012年5月21日，芯科以7200万美元收购2.4GHz无线网状网络（Mesh networking）解决方案提供商EmberCorporation；

2013年6月7日，芯科以1.15亿美元现金外加额外5500万美元激励措施收购低功耗单片机及射频芯片供应商Energy Micro；

2014年3月3日，芯科以150万美元收购加州Touchstone Semiconductor低功耗模拟IC全系列产品及知识产权。

系列之（十二）施芳泽只—ADI（亚德诺）

亚德诺（Analog Devices Inc，简称ADI）

将近五十年历史的亚德诺经历了历史变迁，半导体产业技术更新日新月异，如今仍旧能够“粉白黛黑，施芳泽只”，虽施粉黛，却若无霜，将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱，在数据转换和信号处理技术方面获得业界广泛认可，并成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一，让遍布世界各地的60000客户为之倾倒，业务范围和产品种类几乎涵盖了全部类型的电子设备制造商。可又有多少人曾知道四十多年前的1965年，亚德诺是从位于美国马萨诸塞州剑桥市一座公寓大楼地下室的简陋实验室开始起步，到现在设计和制造基地遍布全球。亚德诺这个名字是在2007年08月28日在上海正式启用其大中华和亚太区总部时开始使用，如今成为耳熟能详的模拟器件代名词，其中虽有坎坷但却持续发展，虽创新不止但却始终专注，施芳泽只。
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20世纪60年代的半导体行业随着集成电路的发明和商用，已经盈溢着创业的浪潮。1965年，Ray Stata与其麻省理工学院（MIT）的同学Matthew Lorber在地下室里一起创立了亚德诺，可以想象当时的创业环境是多么简陋，创业又是何其艰难。相比之下现在我们的环境要好很多，伴随着新公司法的出台、创业的门槛和难度大大降低，而且鼓励有志者创业大展宏图，也再次让我们这一代的许多人蒙上了创业的念想，走上了披星戴月不知疲惫而又充满荆棘的无畏奋斗路，书写着自己无悔的青春，我也有幸能够成为其中的一员。以前每次看到别人创业的历程就有一种莫名的冲动，即使现在我也仍旧希望可以从他 们的历史中找到一些可以借鉴和参考的地方。时常会觉得即便有成为一个卓越公司的机会也不是很多人能够把握，很多时候往往因为一时利益和一念之差，而与机会失之交臂。亚德诺的Ray Stata让亚德诺基业常青而又从未缺乏施芳泽只。成功的创业者都有一部艰辛励志的血泪史，而且每每提及此事他们都会激情高昂满含热泪而又倍感自豪，亚德诺最初的产品就是标准的运算放大器，用户可以购买这些产品替代自己设计和制造的运算放大器来提高产品性能，直到1969年收购Pastoriza Electornics之后才开始研发硅结构的数据转换器，也就是这个时候开始从单纯的线性产品介入数据转换的发展，随后业务才扩展至现在的数据转换、数字信号处理器及其他的线性和混合信号集成电路，能够实现广泛的真实世界信号处理应用。

20世纪60年代伴随着晶体管取代真空管，电子世界似乎已经跑步进入了晶体管时代，人们开始在关注模数转换器（ADC）的同时也开始更加关注所用的采样保持电路（采样保持器或SHA）。1969年亚德诺新收购的Pastoriza部门率先推出首款模数转换器（ADC）和数模转换器（DAC），也推出了商用采样保持器SHA1和SHA2电路，SHA1达到0.01%的采集时间为2μs，功耗0.9W，成本约为225美元；SHA2速度更、达到0.01%采集时间为200ns，功耗1.7W，成本约为400美元（相对于今天的集成电路产品价格绝对不便宜，不知道当时的销售价格是多少），两款器件专门配合同样在电路板上实现的12位逐次逼近型模数转换器（ADC）工作。模块化和混合技术迅速淘汰了原有电路板的采样保持器，再加上20世纪70年代和80年代早期，系统设计师需要购买独立的采样保持器（SHA）来驱动此类模数转换器（ADC）工作，因为当时的工艺技术还无法将两个功能集成在同一芯片上，因而随着工业标准模数转换器（ADC）的上市对采样保持器（SHA）的需求显著增加，亚德诺针对各种应用做到了推出的产品相互映衬，互相牵制，扩大产品组合战争果实。当然，随着新工艺的开发和半导体技术迅猛发展，现在许多模数转换器（ADC）都已内置SHA（即采样ADC），而且很多微控制器里也基本都集成了模数转换器（ADC），但亚德诺在逐步引领着这一领域，根据半导体市场研究公司Databeans，Inc.提供的2010年6月数据转换器市场报告，亚德诺占据全球数据转换器市场份额的46%，其市场份额超过排名其后的八个竞争对手市场份额之和。在2012年全球模拟芯片厂商Top5中亚德诺靠数据转换市场飞跃第三，据Databeans估计，排名第三的亚德诺在数据转换方面处于领先地位，其营业收入十一亿美元占据了亚德诺模拟芯片总营业收入的一半，亚德诺在高速模拟数字转换（ADC）市场占有率高达84%，占总体模拟数字转换市场营收的60%。

同样出色的产品线来自于亚德诺的放大器和线性产品，亚德诺专注于设计高性能和高价值的放大器以及线性产品，并结合电路设计、生产工艺创新和应用专业技术，创造出能够简化信号调理设计的产品，形成了丰富的精密运算放大器、高速运算放大器、仪表放大器、差分放大器、比较器、基准电压源、其他专用放大器以及专用线性功能产品组合。在过去四十多年里不断开发出一批又一批的技术创新产品，特别是在模拟技术的制造工艺上，亚德诺独有的iCMOS、iPolar、DigiTrim等制造工艺技术，使其模拟产品性能都得到了极大的改善。1965年创建以来，德诺在模拟信号放大器方面的辉煌成就，让其成为全世界非常卓越的半导体供应商之一。

亚德诺自1983年开始数字信号处理器（DSP）的技术研发，到现在逐步形成了由Blackfin®集成新型16/32位嵌入式处理器，SHARC®浮点数字信号处理器，SigmaDSP®可编程单芯片音频 DSP，TigerSHARC®高性能密度处理器，基于ARM Cortex-M4内核CM4xx混合信号控制处理器，基于ARM7、Cortex-M3或8051内核精密模拟微控制器，ADSP-21xx系列DSP组成的七个系列产品组合，并提供日渐增多的数字信号处理器（DSP）、嵌入式处理器和模拟微控制器产品，适合广泛的通用和专用需求。其中 Blackfin 瞄准融合型应用，亚德诺曾在2007年与Real Networks合作推出个人媒体播放器关键视频技术，作为中国市场领头羊的爱国者发布的两款产品都是采用 Blackfin 处理器并支持RealVideo、RealAudio以及RMVB格式，Blackfin在RMVB播放器上的应用名噪一时，但很快被国内的瑞芯微和华芯飞成功阻击，导致亚德诺的的RMVB直播产品曲高和寡。在数字信号处理器（DSP）领域，亚德诺的产品更适合在工业和医疗方面应用，但始终无法与占有大约超过半数市场份额的德州仪器及其低廉的价格相抗衡，所以这些领先的技术和创新产品大部分人都认为似乎并没有给亚德诺带来过多的市场份额，也许由于亚德诺在数据转换市场上的光环遮掩了这些优秀的产品线，也可能是这些产品线羞于宣传而不被电子业界和大众市场所熟知。

由AC97标准制定者之一的亚德诺推出的SoundMAX，是一种集成在主板上或安装在CNR插槽上的声卡技术，主要由高性能的硬件解码器（Codec）组成，拥有硬件级的数据处理转换能力和最高94dB（分贝）的专业音质回放能力，是高质量AC97音频方案的杰出代表，也就是说通过使用SoundMAX，可以让廉价的AC97声卡发出高品质的3D音效和优秀的MIDI合成效果。SoundMAX系列音频编码器一向在PC集成声卡领域内享有盛誉，也获得了英特尔、华硕等厂商的高端主板产品的一贯青睐，更有不少人费尽心思将自己的普通AC97改造成SoundMAX，但在2008年7月亚德诺宣布终止PC用高清晰度音频编码器路线图，离开了主板集成声卡市场，计算机主板告别最好的音频芯片，也令亚德诺感到自豪的SoundMAX成为了PC卓越音效的历史，停留在人们的记忆里。

和所有历史悠久的公司一样，亚德诺同样也拥有长期战略收购的优良传统，通过不断的兼并和收购整合拓展优势产品线和获得相应的技术储备，比如在1969年收购的Pastoriza Electronics让其在数据转换市场成就卓越；在1971年收购Nova Devices；在1978年收购Computer Labs；在1984年收购International Imaging Systems；在1990年8月收购Precision Monolithics，Inc.（PMI）；在1991年收购Edsun Laboratories-Tech Assets；在1996年7月收购Mosaic Microsystems Ltd.；在1997年12月收购Medialight Inc.；在1999年2月收购Edinburgh Portable Compilers；在2000年6月收购BCO Technologies PLC；在2000年11月收购Chiplogic Inc；在2000年11月10日收购Signal Processing Associates（SPA）；在2000年12月18日收购Integrated Micro Instruments（IMI）；在2001年1月16日收购Staccato Systems Inc；在2006年6月7日收购Integrant Technologies；在2006年6月19日收购TTPCom Limited若干知识产权资产；在2006年9月18日收购AudioAsics A/S，；特别值得一提的是在2000年的收购中使亚德诺的销售额大增75%至2.578美元亿元。

2007年对于亚德诺来说应该是重大战略调整的一年，首先是手机主芯片市场竞争愈加激烈而利润越来越低，研发投入逐渐增大，2007年9月10日亚德诺以现金约3.5亿美元出售手机射频和基带芯片组业务给联发科；其次是2007年11月12日亚德诺又以1.84亿美元出售计算机应用之稳压及热监控产品给安森美，把电源管理产品组合向高性能产品方向进行转型，重点放在广泛的工业领域，便携式医疗设备，无线基础网络设备和数字电视等领域，这也促成了亚德诺2008年放弃SoundMAX；再次是在2007年08月28日亚德诺在上海正式启用大中华和亚太区总部以及新名称：亚德诺半导体技术（上海）有限公司；最后是亚德诺的经营策略从“产品主义”向“客户主义”转变，生产各种创新产品包括数据转换器、放大器和线性产品、射频（RF）IC、电源管理产品、基于微机电系统（MEMS）技术的传感器、其他类型传感器以及信号处理产品，包括DSP和其他处理器全部为满足广大客户的需求而设计，以市场应用以及客户的需求为中心开展各项业务活动。

经过多年的在华发展亚德诺一直把客户需求放在首位，并逐步形成了规模完善和功能细分的设计研发、技术支持、产品销售、市场公关等职能团队以满足不断变化的客户需求，改变中的亚德诺在2013年11月把其上海总部整体迁至浦东张江展想广场，力求应对飞速发展的中国电子市场的强劲需求，不久后亚德诺中国官网开启在线购买大门，推进从卓越产品到卓越服务的脚步。

在科技革命的推动下，人类社会开启工业化革命的进程，客观上促进了经济全球化及城市化的进一步发展，全球化对通信技术提出了更高挑战，城市化的趋势则对交通等基础设施提出了更高的要求，与此同时传统能源大量消耗带来的全球气候变暖及资源稀缺问题，人口老龄化加速对医疗行业提出更高要求，是当前面临的挑战。半导体技术的快速发展将在应对这些变化所带来的挑战中扮演重要的角色。亚德诺以创新为基石，致力于通信基础设施、工业自动化、工业仪表、汽车电子以及医疗保健等领域的研发与投入，积极应对电子设备中信号处理的相关工程挑战，为解决各行各业面对的问题，提供高性能的产品组合以及解决方案。
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ADI（亚德诺）历程


1965年，由Ray Stata与麻省理工学院（MIT）同学Matthew Lorber所创立；

1969年，亚德诺收购Pastoriza Electronics；

1971年，亚德诺收购Nova Devices；

1978年，亚德诺收购Computer Labs；

1984年，亚德诺收购International Imaging Systems；

1990年8月，亚德诺收购Precision Monolithics，Inc.（PMI）；

1991年，亚德诺收购Edsun Laboratories-Tech Assets；

1996年7月，亚德诺收购Mosaic Microsystems Ltd.；

1997年12月，亚德诺收购Medialight Inc.；

1999年2月，亚德诺收购Edinburgh Portable Compilers；

2000年6月，亚德诺收购BCO Technologies PLC；

2000年11月，亚德诺收购Chiplogic Inc；

2000年11月10日，亚德诺收购Signal Processing Associates（SPA）；

2000年12月18日，亚德诺收购Integrated Micro Instruments（IMI）；

2001年1月16日，亚德诺收购Staccato Systems Inc；

2006年9月18日，亚德诺收购AudioAsics A/S，；

2006年6月19日，亚德诺收购TTPCom Limited若干知识产权资产；

2006年6月7日，亚德诺收购Integrant Technologies；

2007年9月10日，亚德诺以现金约3.5亿美元出售手机射频和基带芯片组业务给联发科；

2007年11月12日，亚德诺以1.84亿美元出售计算机应用之稳压及热监控产品给安森美；

2009年03月18日，亚德诺收购Domosys公司PowerBUS™
 RHINO电力线通信技术；

2011年6月13日，亚德诺收购Lyric Semiconductor，Inc.；

2012年3月30日，亚德诺收购Multigig，Inc.；

2013年10月14日，亚德诺以1亿美元的现金出售MEMS麦克风产品线给InvenSense。

系列之（十三）独运匠心—MAXIM（美信）

美信（Maxim Integrated，简称MAXIM）

伴随着“模拟整合时代到来”的战略调整，以及追求蓝色与红色之间灰度品牌新形象的发布，美信在 2013 年走过了三十年的风雨历程，从最初五年里的24款第二货源兼容产品到现在拥有6400多种以上产品，并且 80%以上的产品由美信的工程师自主设计完成，走过了从历练到专注，从跟随到超越，从模仿到引领创新，从最初的功能器件、现实的系统方案，到未来的模拟整合，三十年美信独运匠心华丽转身，以高度集成的创新能力为模拟整合时代用户提供无缝连接的技术方案，让其站在了转型升级的风口浪尖，为广泛应用市场提供高性能的差异化产品组合。美信实现了跳跃式发展，也为正处在转型升级大潮中的本土企业带来更多的反思和启迪，不断突破技术瓶颈，充分理解客户需求，快速地将产品推向市场是一直深耕于模拟技术领域创新整合的美信诠释的别样的独运匠心，其追求融合的灰度，是历史赋予的使然更是洞察于未来的远见。
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回顾美信三十多年的历程，充满着坎坷但更多是深思熟虑的智慧。1983年4月14日由杰克·吉福德（Jack Gifford）和在半导体设计以及销售领域里拥有丰富经验的八名成员共同创立了美信。杰克·吉福德（Jack Gifford）曾经是世界上两个最为优秀公司超微（AMD）和美信的共同创办人，引领着美信走向成功的巅峰。杰克·吉福德起初供职于著名的仙童半导体，仅为一名无线电射频放大器工程师，之后负责仙童半导体晶体管销售，1966年年仅24岁的他被安排从事模拟线性器件市场运作，一年后提拔为市场部的管理人员，任职山景城线性器件产品经理，在这里我们看到了一个由工程师到市场人员成功转型的典型案例，也许就是这样的经历让杰克·吉福德能够在以后的事业中具备领导才能和远见卓识，无论是从最初的洛杉矶，到而后一直耕耘的硅谷，杰克·吉福德将毕生精力奉献给了模拟电子领域。

20世纪80年代初数字技术正快速取代传统的模拟技术，当时市场上普遍认为数字电路将在全部应用中取代模拟电路，因此许多公司加大了对数字技术的开发投入，也正是基于这一趋势，杰克·吉福德及其团队反倒认为：线性电路仍将在许多应用中占据重要地位，其中的应用优势是数字技术无法比拟的，于是成立后的美信最初一直瞄准模拟电路市场致力于开发可销售的第二货源兼容产品，也就是替代产品，美信在成立后的前五年里共推出24款这样的产品。但第二货源兼容产品这一市场策略很快就招致来自其他厂商的起诉，对于初创的美信来说是一次严峻的命运考验，既要面临初创公司通常遭遇的比如缺乏投资资本和现金流低等问题，还要应对来自产品本身上的官司困扰，对于一个公司来说成败可能就在转眼一瞬间，不过好在后来使用商业秘密、产品和专利权达成了和解，为此美信付出了沉重的代价。

美信在接下来的产品定义中决定选择研发自己独有的技术，设计出差异性突出利润较高的自主产品，在1985年推到DC稳压器专有产品并赢得行业大奖，从此步入了29年的技术创新里程，其中在1987 年一个新的成功的产品MAX232 经典问世，该器件迅速成为实现RS-232的大众化方案，因为器件本身只需要一路5V电源供电，内置DC-DC转换器提供标准规定的另一路电源电压，在模拟混合接口器件方面创造了一个不朽的传奇，即使是在今天我们仍旧得益于这类产品的设计使用，尽管最近几年在大多数消费类应用场合被 USB 接口所替代，但美信至今仍然在生产 MAX232 并针对不同应用推出了各种新产品。凭借其非常成功的新产品MAX232，美信在1987年首度盈利，并于1988年开始在纳斯达克交易所上市交易，从而成为首家继1987年股市崩盘后IPO的科技企业，尽管曾遭遇众多质疑但美信还是取得了重大成功，一举融资1600万美元，截止1988年3月结束的财年美信实现销售2830万美元，在上市后一年时间里美信的股价上涨了近40%。美信在80年代的增长主要得益于其坚持了多层次的发展策略，非常重要的一点就是杰克·吉福德自公司成立之初就一直注重海外销售，截止1987年美信有超过50%的产品出口海外，此外杰克·吉福德还紧紧盯住高端模拟电路市场，加大对这一高利润率业务领域的研发投入。逆向产品策略也是美信成功的一大优势，帮助其降低了生产成本，使美信开始盈利并始终保持持续盈利状况。美信在1998财年的年收入达到5亿美元，2011财年总收入则超过了24.7亿美元，在2013年迎来三十周年庆典的时候被NASDAQ 100、Russell 1000及MSCI USA指数列为财富1000强公司。一个经典的产品成就了一个伟大的公司，不仅考验公司产品方面的领先技术，合理化和恰到好处的市场运作策划和管理能力，更考验的是能否长期持久的专注，而且不为所谓的潮流的思想所诱惑，别让瞬间流失的思维方式和别人的成功误导了自己的坚持。

1989年年底美信实施首次收购，扩充了技术实力并创建了首个晶圆厂，美信从破产的Saratoga Semiconductor手中买下了晶圆制造厂，从而正式成为一家制造企业。尽管90年代初期整个半导体行业陷入衰退，但美信依然实现了持续繁荣发展并且似乎对整个行业的动荡产生了免疫力。1991年7月4日所在的一周，尽管有二十余家硅谷的大型晶片制造商因经济危机而关门倒闭，美信的制造却全天都开足了马力，同时其销售和盈余持续增长，到1993年美信年销售额已突破一亿美元大关，被福布斯杂志评选为美国最佳小型企业十三强。90年代中期由于市场对微型电子设备的需求增加，美信持续受益于整个半导体行业的发展，当时无线通信设备快速增长，同时全新的产品类别，如笔记本电脑和掌上型电子测试设备实现繁荣发展。美信通过开发融合模拟和数字技术的专用晶片实现了蓬勃发展，到1993年时美信已经开发出超过600款新晶片，其中不乏像MAX782电源同样经典的PMIC芯片，美信在高端线性电路领域的市场份额持续扩大，企业客户达到一万家之多遍布全球，其中包括IBM，摩托罗拉以及日立等全球知名企业。1994年1月美信收购泰克（Tektronix）半导体部门，扩充晶圆厂和高速集成工艺，具备无线射频（RF）和光缆产品高速双极工艺，从而扩大了其业务范围，还扩充了晶圆厂的技术实力。1994年通过不断创新销售1.5亿美元，美信再次推出了140款新产品并且计划之后每年都推出更多的新产品。整个90年代美信的销售和盈余都呈逐年增长态势，当然其中也暴露出模拟设计人才缺乏的发展限制，但除此之外美信的强劲发展从未受到任何阻碍。

2000年美信推出高集成度片上系统（SoC），开始替代单一功能集成电路；2001年1月美信收购达拉斯半导体（Dallas Semiconductor），增强数字设计技术实力并扩充了工厂，将业务扩大至模拟及混合信号双重领域；2003年10月美信收购飞利浦（Philips Semiconductors）亚微米CMOS晶圆厂，生产容量大幅增加并支持0.25微米级工艺；2007年5月2日美信收购爱特梅尔（Atmel）位于美国德克萨斯州欧文市0.18微米晶圆制造工厂，芯片生产容量大约增长一倍；2007年8月23日美信收购Vitesse Storage，增添SATA和SAS扩展器、机箱管理和主板管理产品，首席技术团队成立后专利数在后续两年增长50%；2008年10月14日美信收购Mobilygen产品线，增添H.264视频压缩技术；2009年1月22日美信收购Innova Card扩充安全交易产品线，进军金融终端半导体市场；2009年2月19日美信收购Zilog三条产品线，扩充超低功耗微控制器，增添无线通信微控制器，巩固在金融终端市场的领先地位；2010年4月12日美信以约3.15亿美元现金收购智能电表市场领导者Teridian Semiconductor，这是一家总部位于加州Irvine的侧重智能电网电量和能源计算的无工厂混合信号半导体公司，提供电能测量与通信电子产品，将美信的产品带入到智能电网等广泛的工业未涉足领域；2010年7月美信收购英国剑桥市的软件公司Trinity Convergence；2010年9月8日美信收购宽带通信市场光收发器供应商Phyworks，在高速信号完整性产品领域获得新的机遇，美信2010年营业额达到22亿美元，同时300mm晶圆模拟产品开始出货，荣获NEDA最佳供应商年度奖。这几年间美信收购了很多家公司，在增强技术实力的同时也扩充了产品线，在持续保持优势的同时迅速抓住机遇，扩大战争果实，晶圆厂产出能力扩大60%，开发出180nm生产工艺，巩固其创新能力，赢得多项产品大奖。

2011年6月1日美信收购Calvatec突破性的IP以及业内领先的设计方法和生产流程；2011年7月18日美信收购传感器和微机电系统（MEMS）方案开发商SensorDynamics，实现各种传感器与模拟技术的融合；2012年1月22日美信收购Genasic Design Systems Ltd.，一家无晶圆厂射频（RF）芯片公司，主要制造用于LTE应用的芯片；2013年8月15日美信收购Volterra Semiconductor，提升在企业级、云计算、通信及网络应用领域的地位。截止到现在美信在全球拥有9300名员工，40个技术支持中心，11个晶圆和测试工厂分布在亚太地区，这些工厂有日本的Sakata（战略伙伴），菲律宾的Batangas和Cavite，中国台湾的Hsinchu（战略伙伴），泰国的Chonburi，美信在大陆销售的产品产地常见为菲律宾和泰国。2013年销售额（约合）24亿美元高集成度产品占美信销售额的50%，其中移动和消费电子、工业和医疗、汽车、通信四大应用领域是目前主要关注领域并且是构成营收的主要来源，如今正如杰克·吉福德独运匠心的预言，模拟混合信号领域越来越成为半导体产业中不可或缺的部分。

随着中国成为全球最大的老龄化国家，围绕老人的健康和保健激发出很大的市场，在大家都热衷于围绕眼镜、手表和戒指搞可穿戴设备时，基于美信模拟整合实现的生命体征监测服（Fit）打破了人们原本宁静的生活。生命体征监测服（Fit）使专业医护人员和迫切想要了解自身健康状况的用户能够以低成本频繁监测各项体征指标，据美信医疗市场应用经理介绍该新型智能监护服集成了干电极ECG测量技术、复杂的信号处理技术、温度传感器、运动传感器、超低功耗微控制器及无线通信单元，是美信、Clearbridge VitalSigns和Orbital Research三家公司在经验、技术、创新层面积极合作的成果，这款高度集成的监护服设计可用于测量三导联心电图（ECG）、体温和运动状态等，智能监护服开启了预防性医疗保健的新时代，所有诊断工具均已集成到衬衫内部，重点是可穿戴可水洗，这样独运匠心的产品您想过吗?
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MAXIM（美信）集成电路顶端标



记旧标识


MAXIM（美信）历程


1983年4月14日，美信由杰克·吉福德（Jack Gifford）和在半导体设计以及销售领域拥有丰富经验的八名成员共同创立；

1989年美信收购，Saratoga Semiconductor芯片制造厂，扩充技术实力并创建了公司的首个晶圆厂；

1994年1月，美信收购泰克（Tektronix）半导体部门，扩充晶圆厂和高速集成工艺，具备无线射频（RF）和光缆产品高速双极工艺；

2001年1月，美信收购达拉斯半导体（Dallas Semiconductor），增强数字设计技术实力并扩充了工厂；

2003年10月，美信收购飞利浦（Philips Semiconductors）亚微米CMOS晶圆厂，生产容量大幅增加并支持0.25微米级工艺；

2007年5月2日，美信收购爱特梅尔（Atmel）位于美国德克萨斯州欧文市0.18微米晶圆制造工厂，芯片生产容量大约增长一倍；

2007年8月23日，美信收购Vitesse Storage，增添SATA和SAS扩展器、机箱管理和主板管理产品；

2008年10月14日，美信收购Mobilygen产品线，增添H.264视频压缩技术；

2009年1月22日，美信收购Innova Card扩充安全交易产品线，进军金融终端半导体市场；

2009年2月19日，美信收购Zilog三条产品线，扩充超低功耗微控制器，增添无线通信微控制器，巩固在金融终端市场的领先地位；

2010年4月12日，美信以约3.15亿美元现金收购智能电表市场领导者Teridian Semiconductor，提供电能测量与通信电子产品；

2010年7月，美信收购英国剑桥市的软件公司Trinity Convergence；

2010年9月8日，美信收购宽带通信市场光收发器供应商Phyworks；

2011年6月1日，美信收购Calvatec突破性的IP以及业内领先的设计方法和生产流程；

2011年7月18日，美信收购传感器和微机电系统（MEMS）方案开发商Sensor Dynamics，实现各种传感器与模拟技术的融合；

2012年1月22日，美信收购Genasic Design Systems Ltd.，一家无晶圆厂射频（RF）芯片公司，主要制造用于LTE应用的芯片；

2013年8月15日，美信收购Volterra Semiconductor，提升在企业级、云计算、通信及网络应用领域的地位。

系列之（十四）概日凌云—LINEAR（凌力尔特）

凌力尔特（Linear Technology，简称LINEAR）

莫言获得诺贝尔文学奖的好处之一是，让不看书的人也知道了莫言。根据彭博社2011年最赚钱公司调查的排名，在标准普尔500指数公司中，芯片制造商凌力尔特排名第一，超过微软和苹果成为了最赚钱的公司，让很多不用芯片的人也知道了凌力尔特。能够取得这样的成绩主要得益于其在“卓越模拟”（Analog Excellence）领域里，以始终如一地提供最高质量的模拟产品为基础，避开了消费类电子产品的生产，从而更专注于工业电子、汽车和通信网络产品等，开发了可在众多苛刻应用领域中使用的创新型高性能模拟产品，而且是极少有其他公司能够生产的创新产品，这些能够在最严苛的应用环境中使用的概日凌云的产品，以及提供这些多样化的高效能类比元件针对全球广泛的客户群体，使其综合利润率持续保持在一个较高的水平，形成了层出不穷的新品和健康发展的良性循环，基于三十多年历史沉淀和历练专注的凌力尔特，把更多的产品和性能做到了极致，也把差异化的竞争策略发挥施展的淋漓尽致。
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概日凌云



早在1981年9月26日由来自国半的Bob Swanson和Bob Dobkin，以及先后在经历过仙童和国半模拟历练的鲍勃·卫德勒（Bob Widlar）因为挫折感战胜了单纯的忠诚而创办了凌力尔特。成立之初的凌力尔特目标是设计并推广独特的模拟产品，只是希望开发模拟芯片并最终从数字芯片技术创造的新应用增长中获取收益，这个逆向思维奠定了差异化策略的高度，也始终贯穿着凌力尔特创新发展的整个历程。凌力尔特最初主要从事稳压器等模拟器件的开发和供应，是第二货源供应商，仅在主供应商无法完成订单时才能为买家提供芯片，但也正是有了这样的基础，凌力尔特才能有机会向市场展示其售价更低、性能更稳定、功能更多样的半导体产品，并赢得了一定的市场认知度。1985年整个半导体行业陷于衰退时，凌力尔特在市场对模拟芯片需求增长的推动下还是实现了营收翻番，凌力尔特的成功不仅取决于其优质的产品和服务质量，还因为其是为数不多的将目光瞄准模拟芯片市场的企业，而不是一味地追赶数字技术潮流。凌力尔特的产品大都是定制的不会引起批量生产的风险，另外客户和终端市场是各种各样的，凌力尔特的产品自然也是如此，这样就形成了其不至于完全依赖于任何一个门类，也不会依赖于任何一家客户、任何一个终端市场或任何一个产品领域，从而使凌力尔特拥有多样化的客户群体，因此有效地降低了行业衰退时可能面临的风险。凌力尔特的另一优势在于可依靠相对较旧的技术进行芯片生产，而数字芯片制造商必须采用最尖端的技术才能保持竞争力，因此凌力尔特一旦成功开发出更先进的模拟芯片其利润率将获得显著提升，对于数字芯片制造商来说，每1美元的投入最好的时候能产生1.5美元的营收，而对凌力尔特来说每投入1美元可能产生4美元的营收。

1986年5月凌力尔特开始上市交易以筹集资本进行扩张，在上市后的12个月里其销售额增长了60%达到3500万美元，其中330万美元为净盈余。为扩大产能和满足日益增长的市场需求，凌力尔特在1987年与德州仪器达成了重要的合作伙伴关系，凌力尔特能利用德州仪器先进的晶片处理技术以及低成本的组装和测试设备，同时德州仪器可以以非常低的版权费使用凌力尔特的专有晶片。这一合作有效推动凌力尔特实现产能扩大，其中1988年凌力尔特的销售额达到5100万美元，1989年增至6500万美元，盈余也增至将近1600万美元。在20世纪80年代中后期赢得了投资者的赞赏之后，凌力尔特在90年代初期继续坚持扩大产能和提高盈利能力的发展道路，其产品被广泛应用到汽车、手机、计算机外围设备、卫星医疗仪器以及其他电子产品当中，当时有分析师称只要有开关的电子产品就有凌力尔特的身影。1992年凌力尔特实现销售额1.19亿美元，盈余2500万美元，成为华尔街投资者纷纷追捧的投资对象，因此股价一个季度接一个季度地创下历史新高。1993年凌力尔特持有的现金达到1亿美元，到九十年代中期，凌力尔特已经成长为高端模拟电路市场仅有的两家巨头级公司之一，当时来自海外的竞争并未对凌力尔特构成任何威胁，因为凌力尔特的定制产品主要出售给美国的买家，而这些买家对日本批量生产的低成本芯片并不感兴趣，为抓住市场持续的增长机遇，Swanson于1993年宣布在华盛顿建造半导体晶圆制造工厂，计划于1996年完成一期建设并且预计在未来6到10年时间内将耗资8500万美元。凌力尔特的快速增长势头一直延续到90年代中期，其中到1993年时营收扩大到1.5亿美元，到1994年时扩大到2.01亿美元，而盈余也分别达到3650万美元和5600万美元，凌力尔特的出色表现不仅为其赢得了良好的声誉，更使其成为硅谷最耀眼的新星。20世纪90年代前五年，凌力尔特一直被《福布斯》杂志评选为美国表现最佳的200家小型上市公司。1995年凌力尔特在《商业周刊》评选的美国最具价值企业中排名第557位。1995年凌力尔特的销售额增至2.65亿美元，盈余达到惊人的8470万美元。1996年凌力尔特的销售额继续增长，并且继续坚持走开发和生产高性能模拟电路的发展道路。2000年，凌力尔特以其稳步增长的业绩和出色的股价表现入选标准普尔500指数。

与所有的创业公司一样，凌力尔特的经营状况也有起伏，但其始终拥有一个非常健全的财务模型，致力于实现盈利的增长。接受一笔综合考虑并不赚钱、只为能够吹嘘销售额增长的业务是不明智的行为，特别是现在追求大数据的时代，似乎所有的公司都在追逐销售额的跳跃式发展。受到互联网思维的凶猛影响，特别是现在电子分销行业里的企业，在大型的电子制造企业生产过程中充当的只是一个银行加一个物流企业的角色，但扣除账期以及费用综合毛利率相对来说要低得多，走入了一个规模化生产时代的企业良性发展误区。大家比的是规模化的销售额以及如何上市运作，获取资本市场支撑，企业快速实现扩张，这跟欧美企业在发展初期的经历极为相似，但是如果没有一个健全的财务管理和良性的业务运作模式，在经济发展运行不确定因素逐步增多的当下，有可能会给企业带来灾难性的命运。凌力尔特良好的营收状况一直延续到互联网经济泡沫的破灭，随后销售额几乎在一夜之间从一年十亿美元骤减至五亿美元，面对销售额下降了50%的严重打击，凌力尔特不得不努力争取更多的市场份额，不得不削减成本被迫关闭了4英寸晶圆厂，还进行了少量的裁员。不过没有慌乱压缩开支，在公司设有一项可行的利润分配红利基金，当销售和利润增长时，利润分配红利基金随之增加反之则减少。结果，凌力尔特在五亿美元销售额的基础上实现了相当高的利润率，利润达到了两个季度之前销售额的一半。由于在2001至2002年前后的困境中对工厂和员工采取了与众不同的处置方式，所以当业务开始迅猛回升时，凌力尔特的表现实际上要好于市场的总体水平，做到了有备无患，并能够比其他任何竞争对手更快地加速生产。

这以后又遭遇了2008年的困境，同样的情况又发生在5～6个月的时间里，销售额从一个季度3.1亿美元降至2亿美元，面对相同的境遇，凌力尔特从互联网经济泡沫破灭的那次经历当中所吸取的经验发挥了作用，财务状况良好仍然能够盈利并拥有正现金流，只不过是在基于大幅缩减销售额的情况下实现，但这次并没有关闭工厂而是不得不让工厂停产，消减不必要的费用和开支而且被迫降低薪酬，幸运的是凌力尔特季度销售额在2亿美元实现触底后迅速反弹至4亿美元。同样在2008至2009年的这次崩溃之后，在持续6～7个季度里实现了快于平均水平的增长速度。供货短缺是当时普遍存在的状况，在这个恢复期中因为凌力尔特的Die Bank（硅片库），这个硅片库都是数以亿计经过全面测试可随时供装配的晶圆硅片，有7000多个型号的产品收到客户订单后，会根据客户的需求按等级、封装形式来装配和封装芯片，这样可以将订单至交货的时间缩短到四周，因为芯片是从硅片库直接发货的，所以省去八周制造时间能够做到短时间的交货，因此凌力尔特的出货量比竞争对手多出了50%。回溯到2005年当经济走出互联网经济泡沫破灭的困境时，凌力尔特在诸如MP3播放器、数码相机、个人导航设备以及蜂窝手机（这曾在通信产品类）等消费类芯片的业务中所占的比重达到了28%。要想在市场上争取份额，价格的重要性是压倒一切的，在重视创新能力、服务支持和产品质量的领域中，每个市场都存在着价格压力，但对于工业市场而言价格并非首要因素，汽车市场对整合电子产品的需求十分强烈。它们包括汽车导航系统、起停系统、安全系统以及需要某些非常精细的电池组监视芯片的特殊混合动力汽车与电动汽车。凌力尔特可以通过常规经营策略予以维持这些的市场份额，重新选择了这些领域，还将继续关注通信市场但手机不在其中，此外在航天及严酷环境市场上仍然存在商机，因此凌力尔特做出了一项艰难的决定基本上放弃了惹眼的消费类产品市场，当时很多人都认为凌力尔特失去了理智，但其成功地执行了这一策略，使得在成立三十周年的时候，销售额从以前的10亿美元增长至15亿美元，其中业务比重较高的有工业占41%，通信占23%，计算机储存占13%，汽车占12%，其余为军事航天占7%和消费类占4%，这是通过在2005年放弃了价值3亿美元的业务而获得的。一般企业在芯片产品的交付中通常都是12周交付时间，其中晶圆制造中期为8到10周，而后装配和测试需要4周左右的时间，但是凌力尔特的交付时间仅为4周，远远超过同类竞争对手之外，在发展战略上独辟蹊径，这种理念贯穿了凌力尔特三十多年的发展历程。

2011年12月23日凌力尔特收购了领先的低功率无线传感器网络（WSN）技术供应商DustNetworks，Dust Networks的低功耗无线传感器网络技术，使得凌力尔特能够提供完整的高性能无线传感器网络解决方案，并把凌力尔特的产品组合扩展至工业过程控制、数据采集和能量收集这些重点增长领域；Dust Networks的超低功耗无线系统可对凌力尔特的模拟与数字传感器接口IC、能量收集和电源管理产品提供有力的补充，在这些应用中物理参数的测量在传统上是不实际或不可能实现，增强了凌力尔特在工业设备、电源管理和能量收集技术方面的优势。随着通过机器对机器沟通以实现远程数据采集变得越来越重要，低功耗无线传感正成为许多终端市场的新兴解决方案，包括工业过程控制、建筑自动化和数据中心能源管理等，凌力尔特通过收购让传感器网络以更大的规模迈向概日凌云的无线高能效和卓越模拟领域。

时至今日，凌力尔特形成了在全球拥有包括美国、欧洲、新加坡和中国的杭州等13个国际设计中心，4500多名员工，7500多种产品。主要产品门类涵盖DC/DC转换器等电压调节器、电压基准、电池管理、放大器、数据转换器以及高频和接口，宽泛应用于工业电子，通信网络，汽车电子以及军事和空间系统等领域。由于数字技术的进步，顶尖的高性能处理器可在较低电压和较高电流条件下运行，并具有更加严格的电压调节和噪声规格，以满足高速逻辑电路的噪声裕量要求，以及板级空间和热考虑也是极具挑战性的工作，为当今的复杂数字系统上电并不像十年前那样微不足道，因此凌力尔特竭尽全力推出新的概日凌云的高性能卓越模拟产品系列，以及其另辟蹊径的城有所不攻，地有所不争的经营策略和奇特的运营模式成就了今天的高度和传奇，并持续演绎着耐人寻味的专注和创新传奇。
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LINEAR（凌力尔特）集成电路顶端标记




LINEAR（凌力尔特）创新历程：


1981年9月26日，凌力尔特由Bob Widlar在先后经历过仙童和国半的模拟历练之后和Bob Swanson以及Bob Dobkin创办；

1986年，推出高可靠性的精密基准源和LT1070第一款5A单芯片开关式稳压器；

1989年，推出第一款CMOS制程LTC485低功率RS485接口收发器；

1992年，推出Hot Swap系列；

1993年，推出Burst Mode DC/DC转换器；

1999年，推出高效多相同步开关稳压器；

2001年，推出以太网供电控制器；

2002年，推出第一款升降压型稳压器；

2005年，推出第一款高速16位ADC无杂散动态范围100dB；

2006年，推出uModule系列DC/DC转换器；

2007年，推出LT3080首款单电阻调节LDO；

2008年，推出首款混合动力车用电池监测芯片；

2009年，推出数字电源管理监测及控制器；

2010年，推出能量采集解决方案；

2011年12月23日，凌力尔特宣布收购领先的低功率无线传感器网络（WSN）技术供应商DustNetworks。

系列之（十五）丹楹刻桷—INTERSIL（英特矽尔）

英特矽尔（Intersil Corporation，简称INTERSIL）

以常见的扩张方式以及非常见的扩张速度和气势，迅速在全球模拟器件半导体高手如林的竞争格局中争得一席之地，英特矽尔如今可以说是丹楹刻桷，并逐步成为创新电源管理与精密模拟解决方案领先的供应商，利用其雄厚的知识产权组合，结合设计与工艺创新历史，构建着业内高性能、高效、易于使用和始终可靠的电源管理集成和精密模拟综合解决方案，产品涵盖工业和基础设施、个人计算机和高端消费电子等增长最快的市场领域。与业界历史悠久的模拟半导体公司相比，英特矽尔同样拥有着一个漫长而辉煌但又非常复杂多变的历史进程，经历过被收购，再次被收购，然后被分拆独立出来运营；接着是收购，然后是疯狂般的模拟业务整合收购，形成了如今英特矽尔丹楹刻桷的产品组合，以及轻资产战略的模拟集成之路。相比其他公司，忍辱负重的英特矽尔所经历的要坎坷和曲折得多，所铭刻的要厚重和丰富得多，所沉淀的要敦实和丰腴得多，所守望的也要艰辛和质朴得多。高性能模拟半导体英特矽尔来过就不曾离开。
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丹楹刻桷



1967年由当时仙童半导体八叛逆中的金·赫尔尼（Jean Hoerni）在加州Cupertino成立了一个名为英特矽尔的独立芯片制造商，最初生产数字手表，二十世纪七十年代当微处理器出现时，英特矽尔开发出12位IM6100，这是实现与硅栅（SIG CMOS）互补MOS工艺设计技术生产的第一款微处理器和模拟的PDP-8/E微型计算机的指令集；1973年杰克·吉福德（Jack Gifford）加入英特矽尔后，在十余年经营中将模拟器件打造成为了英特矽尔的核心产品；1980年GE（通用电气）Solid State收购了英特矽尔；1988年Harris Corporation收购GE（通用电气）Solid State，其中包括RCA Solid State和英特矽尔；1999年8月Harris Corporation实施重组计划并分拆其半导体业务至一家新公司名为英特矽尔；Harris Semiconductor以通信产业为主，但半导体涉及的门类越来越多，有多媒体电路、视像电路、各类通信电路、线性电路、数字逻辑电路、功率半导体、MOSFET、微处理机等，并号称是CMOS器件的鼻祖。Harris Corporation在1967年收购了创立于1950年的Radiation-Incorporated；英特矽尔继承了一个集成电路先锋原有的英特矽尔，两个历史悠久的半导体部门Harris Semiconductor和GE（通用电气）Solid State以及RCA Solid State的智力资源，发挥在模拟、混合信号、电源和抗辐射技术优势，为高速发展的通信、电源和空间/军事防御领域提供先进的集成电路和分立半导体产品，2000年2月25日英特矽尔完成了半导体行业最大的IPO，成为纳斯达克市场的上市公司，2000年营收4.35亿美元。

2001年英特矽尔分阶段地关闭位于俄亥俄州Findlay的生产厂，该厂主要是生产汽车电子和工业用集成电路。同年一月英特矽尔以3.38亿美元现金出售分立功率器件业务给仙童，这些决定是其战略转型的一部分，即要逐渐放弃汽车电子和工业产品，转向生产通信类产品，英特矽尔把全部的资源和精力投入到无线接入和通信模拟领域，使自己进入并占领高数据传输率无线互连（工作、移动和家庭用户的无线互连）领域，2001年无线接入业务收入占其总收入的40%左右。2002年3月8日英特矽尔以14亿美元收购运算放大器制造商Elantec Semiconductor，该公司拥有平板显示器件和光存储IC方面的经验，英特矽尔希望借助这些经验在可记录DVD、WLAN、MP4电源管理及平板显示这四个市场创造机会，而在出售WLAN业务后，这一收购实际上为英特矽尔在手持计算机市场创造了更多商机，在此之前已经收购了两家无线公司，在逐步增加无线方面的市场拓展，也就是在这个时候英特矽尔进入中国市场。2003年7月英特矽尔以3.65亿美元的现金出售旗下无线网络产品部门（WLAN）给GlobespanVirata（后被科胜讯收购），2003年8月英特矽尔再次调整战略转型成为一家专注于模拟产品的公司，自此开始专注成为电源和模拟混合信号产品供应商。至此，让我们看到了英特矽尔在上市后的短短三年里不停地调整战略市场，不停地出售和收购转型，不停地更换所关注的产品领域，也许是由于继承来的产品线过于广泛和历史缠绕的纠葛，以至于迷失在众多的领域，无法走出自己。常言道术业有专攻，英特矽尔恰恰在这个时候找不到了主攻的方向，丧失了迅速发展壮大的宝贵时期和大好机会。相对于本土企业来说，我一直觉得企业要在成长初期，专注自己所擅长的领域并不断地巩固在行业中的地位，打好发展良好根基的时候可以去拓展外延性的业务和多元化的资源，兼顾现实与理想以在未来的发展中把握主动，形成企业健康和可持续发展的良性循环。

经过三年的迷茫和不断修正，英特矽尔力求在电源和模拟混合信号产品领域发力。于2004年3月19日英特矽尔以5.29亿美元收购数字电位器和系统管理产品专业制造商Xicor，Xicor是数字电位计（digital potentiometer）和系统管理产品领先的供应商，还拥有实时时钟（real time clock）、电压参考（voltage reference）、电源时序控制（power sequencing）和显示器等产品线，对于英特矽尔现有的标准模拟产品线是有力的补充，英特矽尔开始全力打造高性能模拟供应商的产品路线；2004年5月25日英特矽尔紧接着收购了网络和电信应用高速收发器芯片提供商BitBlitz Communications，加强使用CMOS技术生产光纤收发器和通信应用；2005年初英特矽尔将其收购的Xicor串行EEPROM产品线出售给了马来西亚IC设计公司IC Microsystems，进一步剥离非核心业务，到2006年英特矽尔年增长率达到了23%，营收7.4亿美元，专注这一战略在英特矽尔已经初见成效。

接下来英特矽尔近乎疯狂般的收购和模拟业务整合以及战略部署调整，在2007年9月10日英特矽尔以4600万美元收购测试设备芯片供应商Planet ATE，后者主要产品是自动测试设备（ATE）模拟芯片。在2008年年初David Bell担任英特矽尔CEO，David Bell先生2007年4月加入英特矽尔，此前他在凌力尔特服务了十二年，在2003年6月到2007年1月担任凌力尔特的总裁。成为总裁之前从2002年1月到2003年6月，David Bell先生任副总裁兼电源产品总经理，通过这样行业元老的加入，加上他们多年历练的丰富经验把英特矽尔推向了一个崭新的整合高度和并购发展的快车道。David Bell先生上任后对英特矽尔进行了重组和较大调整，将五个部门改为两个：电源管理及模拟/混合信号产品两个部门，2011年6月又新增了消费产品部门。并在经济低迷期短时间内实施了连环抄底收购，首先是在2008年7月28日英特矽尔收购音频功率放大器供应商D2Audio，D2Audio是全球唯一的智能数字放大器、数字音频引擎系列IC开发商，采用D2Audio专利技术的监控器具有实时数字反馈能力和更加完美的音质，借助该公司在消费电子、汽车，以及专业音频产品等应用领域的数字音频功率放大器设计技术，英特矽尔成为了全球独家拥有智能数字音频功率放大器技术的厂商；其次是在2008年09月30日英特矽尔收购模拟—数字转换应用公司Kenet，同样聚焦于低功耗的应用软件公司，强化其产品系列；再次是在2008年12月18日英特矽尔收购电源管理公司Zilker Labs，这家公司专有的数字直流技术是一个混合信号电源转换和管理的架构，该技术集成了数字环路同步开关稳压器、自适应MOSFET驱动器和与芯片连接的数字控制接口；接着是在2009年8月4日英特矽尔收购模拟集成电路开发商QuellanIncorporated，后者专业设计高效能类比信号处理芯片；第三是在2009年12月15日英特矽尔收购了国内武汉的磐大微电子（Rock Semiconductor），磐大微电子在高集成度电源管理芯片技术上处于领先地位，主要市场为消费类终端市场的无线、音频、视频和数据通信，磐大微电子的产品与英特矽尔的电源管理、音频和通信芯片构成了完美组合，对磐大微电子的收购也使英特矽尔在新兴的中国本土市场迅速实现了快速扩张；第四是在2010年3月22日英特矽尔斥资3.7亿美元收购Techwell，强化在安防视频领域的领导地位，Techwell是一家面向安全监控和汽车信息娱乐市场的多信号音视频解决方案无晶圆厂供应商，这些混合信号视频产品线的加入帮助了英特矽尔的客户构建提高性能、降低总体成本和缩短产品上市时间的解决方案，也提高了英特矽尔整个工业电子领域的业务，使工业电子应用在英特矽尔整个销售份额中成为约占31%收入的最大的终端市场。这些收购大大充实了英特矽尔在音频、电源、数据转换、网络和混合信号等方面的产品组合，但却似乎并没有能够为其在业绩和市场份额方面带来多大的提升，纵观2010年英特矽尔营收7.6亿美元，2011年营收不增反降至6.08亿美元，被媒体戏称为并购狂潮背后虚伪的高端模拟业者。

积极采取措施欲在模拟领域大展拳脚的英特矽尔看到的不是非常奏效的结局，而且这次大动干戈的战略调整和无比充实的整合收购产品线，并不像上次调整那样立竿见影，甚至是让英特矽尔走向了亦真亦幻的高性能模拟集成之路，也让英特矽尔在其重走成功经验的同时跌倒在原有的思维里。任何企业一个时期的成功并不能说明按照这样的方法和策略走下去就一定会是再次成功的，甚至很有可能是非常危险的，而且别人的成功也只能参考不能成为模仿的标杆，应该可以把成功放在当时所处的整个环境和运势中去考量。英特矽尔的问题也许就在于外部环境已经发生了深刻的变化，而其使用过期成功的方法来处理和解决发展过程中面临的新问题，虽然形式上是形成了强大的产品组合，但产品结构实现协同效应不强，没有形成产品环环相扣的生态供应链，就如同形聚而神散。也就是说客户在选用产品的时候，在终端产品系统构建内只选用了一颗或者是两颗同一型号的产品，而有可能会选择竞争对手全套的产品或者是低价的替代品，这个时候如何去和实力更强的竞争对手比拼是个很现实的问题。这个方面德州仪器无疑是做得最好的，在典型的行业应用里德州仪器的协同产品基本占据客户的生产单板。英特矽尔显然忙于收购而忽略了从产品应用方面拓展单个终端产品使用率，加大了有效控制好成本的难度以及缺少关注可持续化健康运营，另外相对模拟领域而言拥有广泛产品组合但是轻资产的策略也是一个大胆的尝试。

2013年英特矽尔宣布聘任Necip Sayiner为公司新任主席兼CEO，在加入英特矽尔之前他作为主席、首席执行官及董事任职于芯科实验室，在这之前Sayiner先生在Agere Systems担任领导职位。英特矽尔再次被重新引领，并再次将战略瞄准电源管理市场，全方位覆盖有线和无线通信基础设施、计算机和移动终端、工业、汽车、航空航天五大应用领域，利用英特矽尔的雄厚技术组合和坚实的成功创新纪录，来聚焦专注于面向各种应用的电源管理解决方案，创新电源管理与精密模拟解决方案，英特矽尔插上了隐形的翅膀展翅翱翔分外丹楹刻桷。模拟半导体领域仍然是一个稳定的市场，和所有的行业一样也完全不乏丰富多彩的搅局者和颠覆者，拥有跨越世纪六十多年发展历程和历尽坎坷但始终雄心勃勃厚积薄发的英特矽尔无疑是最为耀眼的一个，从英特矽尔走出来的杰克·吉福德（Jack Gifford）所创办的美信以及易斯·狄纳多（Louis DiNardo）所领导的艾科嘉也无疑是徜徉着一种自由的绝对和聆听着成功的号角。
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INTERSIL（英特矽尔）标识
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INTERSIL（英特矽尔）集成电路顶端标记




INTERSIL（英特矽尔）历程


1967年，由仙童半导体在加州Cupertino的高管成立了一个名为英特矽尔的独立芯片制造商；

1980年，GE（通用电气）Solid State收购英特矽尔；

1988年，Harris Corporation收购GE（通用电气）Solid State，其中包括RCA Solid State和英特矽尔；

1999年8月，Harris Corporation实施重组计划并分拆其半导体业务至一家新公司名为英特矽尔；

2000年2月25日，英特矽尔完成了半导体行业最大的IPO，成为纳斯达克市场的上市公司；

2001年1月，英特矽尔以3.38亿美元现金出售分立功率器件业务给仙童；

2002年3月8日，英特矽尔以14亿美元收购运算放大器制造商Elantec Semiconductor，此前已经收购了两家无线公司；

2003年7月，英特矽尔以3.65亿美元出售旗下无线网络产品部门给GlobespanVirata（被科胜讯收购）；

2003年8月，英特矽尔转型成为一家专注于模拟产品的公司；

2004年3月19日，英特矽尔以5.29亿美元收购数字电位器和系统管理产品专业制造商Xicor；

2004年5月25日，英特矽尔收购网络和电信应用高速收发器芯片提供商BitBlitz Communications；

2007年9月10日，英特矽尔以4600万美元收购测试设备芯片供应商Planet ATE；

2008年7月28日，英特矽尔收购音频功率放大器供应商D2Audio；

2008年09月30日，英特矽尔收购模拟—数字转换芯片公司Kenet；

2008年12月18日，英特矽尔收购电源管理公司Zilker Labs；

2009年8月4日，英特矽尔收购模拟集成电路开发商QuellanIn corporated；

2009年12月15日，英特矽尔收购国内武汉高集成度电源管理公司磐大微电子（Rock Semiconductor）；

2010年3月22日，英特矽尔斥资3.7亿美元收购Techwell，强化在视频IC市场的领导地位。

系列之（十六）云兴霞蔚—MICRON（美光）

美光科技（Micron Technology，简称MICRON）

在过去的一年里存储器无疑是半导体产业中一匹彪悍驰骋的黑马，据IHS估计2013年全球半导体销售额可达到3 179亿美元，较2012年的3 029亿美元增长4.9%；其中动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory，DRAM）产业营收年增长率可达35%，非易失性闪存存储器（NAND flash）产业营收则增长27.7%，是拉动整体半导体产业增长的主要动力。全球半导体市场在2012年衰退了2.5%，得益其稳定的价格以及智能手机和平板电脑等移动终端对DRAM和NAND闪存不断成长的需求，使得存储器产业营收大幅强劲增长。受惠于市场对DRAM与NAND闪存的强劲需求，美光可谓是云兴霞蔚，成为半导体产业界营收增长表现最佳的公司；2013年增长率估计为109.2%；2013年半导体厂商排名也由2012年的第十名激进至第四名；由于美光完成合并尔必达（Elpida），其2013年全球半导体市占率也由2012年的2.2%扩增至4.5%，美光风光占尽。在这个竞争异常激烈而又风云善变的存储器市场上生存着诸如三星电子、SK海力士、东芝半导体（1989年东芝发表NAND flash结构）这些大佬级的厂商，也云集了不乏像飞索、赛普拉斯、ISSI（矽成）、SST（微芯收购）、Adesto（收购爱特梅尔串行闪存），及来自中国台湾的华邦、南亚科技、力晶科技、茂德科技、旺宏电子、宜扬科技、来扬科技、晶豪科技、钰创科技，以及国内的华芯半导体（收购西安奇梦达）和兆易创新等众多企业。在全球存储器三星电子、SK海力士和美光三强阵容里，美光依靠持续创新和不断地收购日本，中国台湾以及欧美的存储器厂商扩充规模，势力云兴霞蔚。
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云兴霞蔚



1978年10月由Ward Parkinson、Joe Parkinson、Dennis Wilson和Doug Pitman共同创立美光。美光起初作为半导体设计咨询公司于1979年设计出64KB的DRAM，后来收到做马铃薯业务的亿万富翁J.R.Simplot的投资，在1981年完成4600平方米的晶圆制造工厂建设，64KB DRAM产品开始出货。1984年第二个制造厂开始动工建设，同时推出了256K DRAM，然后在1987年推出1兆位的DRAM。1988年美光推出了256KB video RAM，16KB，64KB，256KB快速静态RAM，并添加了MAG内存产品组装。1990年初期美光科技成立子公司Micron Computer，Inc.（MCI）来制造个人计算机，经历过十几年的健康发展，美光在此时已经拥有三个制造工厂，并通过其创造的技术优势以及竞争力的价格，使得大量的内存用于蓬勃发展的个人计算机市场。1996年美光开始寻求战略扩张，先是由ZEOS International（ZEOS）、Micron Computer，Inc（MCI）和Micron Custom Manufacturing Services（MCMS）合并成为新的美光；接着在1997年美光收购Net Frame Systems（NETF），通过收购试图进入中档服务器行业；再接着在1998年美光收购Rendition来制造3D加速芯片拓展多元化业务；最后在1998年6月18日美光收购德州仪器Memory business unit（DRAMs）；美光总共花了7亿5000万美金取得德州仪器许多工厂的产能，而德州仪器则取得了美光等值的股票，这一收购扩大了美光在存储市场的份额，增强了美光的地位，使得其在2000年全球半导体厂商中排名跻身十强。

美光以其稳健的成长方式奠定良好的企业根基和通过收购获得增长的策略远远没有停止，而且这还只是一个开始。在接下来的时间里，美光在逐步地构建着规模强大的优势整合。在2001年2月28日美光收购KMT Semiconductor，德州仪器和Kobe Steel是KMT的原始合资者，自1998年收购德州仪器存储器业务部以后，美光已经拥有KMT公司25%的股权，这次以2500万美元收购Kobe Steel在KMT中持有的75%股权。KMT的DRAM制造工厂位于日本Nishiwaki，几个月前KMT成功地实施了0.18微米工艺，并开始采用0.15μm工艺，增强了美光的制造工艺和在日本的市场份额；在2001年12月19日美光收购东芝的DRAM业务子公司Dominion Semiconductor，LLC，美光以2.5亿美元现金以及150万股美光股票收购日本东芝位于美国维吉尼亚州的DRAM业务子公司，该DRAM业务子公司由东芝与IBM合资创立，后东芝在2000年买下了IBM在其中的股权，是全球制造PC及其他计算机装置用DRAM的第六大公司。随着购并案的落幕，美光在出货量和营收上都超越了来自韩国的三星电子，过去曾经坐过全球第一大内存公司宝座的英特尔在20世纪80年代中期退出了内存市场，根据Semico Resarch的研究指出，2000年三星电子是第一大DRAM制造商，拥有23%的市场，美光以21%的市场占有率居第二，现代（Hynix Semiconductor现在的SK海力士）以19%居第三，而第四名的东芝则有7%的市场占有率，在经济不景气的时候这对于美光是有利的，在当时的几年里内存制造商历经了产业的最黑暗时代，由于产能过剩及PC需求减缓而造成了价格的惨跌，迫使内存商以低于成本价流血削价竞争，以128MB的SDRAM芯片为例，2000年七月间在现货市场的售价为18.40美金，而到了2001年12月同样的芯片才1.86美金而这还是上涨时的价格，大部份内存厂都赤字连连，事实上2001年内存市场已经跌入谷底，最关键的因素是全球四大DRAM芯片供应商（三星电子、现代、美光和英飞凌）相互倾轧，加速了DRAM市场的衰退，尤其是现代由于受自身财务状况严重恶化，急于清仓套现使得DRAM市场雪上加霜，美光是全世界成本最低的内存制造商，而有了新的产能之后，美光可以用既有的技术来拿下更多的市场占有率提升获利。

经济环境逐渐恢复之后，在2006年3月8日美光出价6.88亿美元收购Lexar Media；雷克沙（Lexar Media）原在Cirrus Logic（凌云逻辑）旗下，于1996年分拆，是一家NAND闪存产品的销售商和生产商，其产品及技术包括内存卡、USB闪存驱动、读卡器，以及用于数字照相、消费电子、工业及通信市场的ATA控制器技术。作为一家主要DRAM生产商，美光一直在努力使其业务多元化向其他技术领域发展，为了进军闪存卡、USB驱动和其他终端用户市场，美光出价6.88亿美元以股票方式收购Lexar Media，加强了美光在NAND闪存领域中的地位，使得美光形成一个致力于NAND业务的垂直整合型实体，也使得美光及其闪存伙伴英特尔要面对San Disk与东芝的强大组合；在2007年3月21日美光在中国西安成立制造工厂，主要进行封装和测试 DRAM和NAND快闪存储器，加快中国战略部署，其实早在2001年美光首次进入中国市场，在厦门市设立办公室，2004年美光建立了美光半导体上海公司，并且在北京和深圳设有分支机构，在中国进行集团销售和营销服务；在2009年5月20日美光收购Displaytech进军微面板领域，Displaytech的LCOS技术结合美光的优势，使其很快推出了针对消费市场的微型投影方案，以借此来推动手机、数码相机、DVD 播放器与玩具等产品的革新；在2010年2月9日美光斥资12.7亿美元收购恒忆（Numonyx Holdings B.V.）增强其闪存业务，恒忆由英特尔和意法半导体以及私募股权公司Francisco Partners合资成立，美光获得了恒亿的NOR闪存业务，这类产品被广泛用于各类手机和移动终端；在2012年1月20日美光收购了PCIe共享技术厂商Virtensys，把SSD植入PCIe，开辟服务器存储新纪元；在2012年5月8日已申请破产保护的尔必达（Elpida）公布其第二轮竞标结果将与美光合并，尔必达和美光的市场占有率分别为12.4%和11.6%，合并后的泛美光集团将以24%占有率超越SK海力士的23.9%占有率。2013年7月31日美光20亿美元收购尔必达（Elpida）和Rexchip Electronics，制造能力提升将近50%，美光成为全球最大的移动存储芯片厂商之一，也是苹果最重要的芯片供应商之一，在此之前尔必达的存储芯片已经广泛用于苹果的iPad、iPhone等产品，其芯片也供应给了谷歌的Nexus7平板，在手机和平板等移动内存市场形成强大的合力优势。

美光一直以来都是存储芯片行业最为积极的收购者，在1998年通过购买德州仪器的存储芯片业务建立了自己制造业务，也使其赶上了个人计算机产品爆炸式发展的黄金阶段，搭着这般快车成就了美光在DRAM领域里的领先地位，在2002年曾试图收购海力士但未能成功。在2006年收购雷克沙（Lexar Media），随后又于2008年收购了竞争对手华亚科技（Inotera Memories）的股份，以及2010年收购恒忆，美光科技还通过与英特尔的合资公司生产NAND闪存芯片，这类芯片被苹果iPhone等产品当做存储器来使用。这几年间的收购和合作又使其赶上了智能手机和平板电脑等终端迅猛发展的时期，以及快速增长的网络和服务器市场，美光无疑成为最亮眼的整合收购者，与其他的公司收购相比，美光每次恰到好处的收购也无疑是最成功和非常值得借鉴的。

内存市场一直是竞争与合作并存，分分合合，争争斗斗从来就未曾停止过，面对同一市场推出同样标准的产品，谁能最大限度降低成本和扩大市场份额谁就是胜者，随着DRAM份额越来越集中在少数几家厂商之手，市场竞争与日俱增，而更多还要面临来自反垄断组织机构的调查和诉讼。在2010年欧洲第二大半导体厂商英飞凌，三星电子及SK海力士等九家半导体厂商同意支付3亿3120万欧元（4亿350万美元）罚金，与欧洲联盟反托拉斯管理当局达成第一起操控价格案的和解。这是欧盟执委会首度与涉及操纵价格而遭到调查的业者和解，凡接受欧盟和解协议的所有企业罚金将可减少10%。三星将支付最多的1亿4570万欧元罚款，英飞凌5670万欧元排第二，其他厂商受罚金额分别为海力士5150万欧元、东芝1760万欧元、三菱1660万欧元、南亚科技180万欧元，尔必达则是因合资企业参与价格操作而由NEC和日立两家共同受罚850万欧元，另外NEC和日立的合资企业也因此受罚212万欧元，除了合资企业之外NEC本身又单独受罚2041万欧元，美光则因提出检举而免除罚款。同样的事情发生在2002年6月，美国司法部指控DRAM的四大生产商：三星电子、海力士、美光和英飞凌企图联手在1999至2002年期间操控价格，并控告其联合垄断价格的行为。英飞凌于2004年缴付1亿6000万美元罚金，海力士于2005年缴付1亿8500万美元罚金，三星也在2005年被判在DRAM上联合定价市场，认罪并同意缴付罚金三亿美元，是美国历年反托拉斯案件最大一笔罚金，并有多名主管前往美国入狱服刑，美光透过协商管道并与美国司法部合作，获得免起诉的机会。美光每次都可以通过其运作使自己获得在法律上有力的地位，利用管理制度来捍卫荣誉和尊严。

三十多年来美光不断拓展思考、重铸和精进新思路，重新定义创新这个概念，设计并研发出一些全球最先进的存储器和半导体技术，也许就在每天我们使用的含有存储器的产品里，从计算机、网路和服务器应用，到移动、嵌入式、消费类、汽车和工业设计产品等。存储器作为美光的根基，也作为世界上最丰富的专利持有者之一，美光持续通过核心存储器业务和推动产品多样化以及技术来驱动创新与扩展新市场。美光目前旗下品牌包括Crucial（英睿达）和Lexar（雷克沙）；全资子公司包括SpecTek（事必达）和IM Flash（美光与英特尔于2005年年底合资成立，2012年IM Flash新加坡成为美光全资拥有，并成为其第四工厂在新加坡）；部分控股公司有Aptina Imaging（2009年7月独立出来运营，部分出售给TPG和Riverwood的资本，主要生产应用于数码相机、手机等设备的CMOS传感器），演绎着异样的云兴霞蔚。
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MICRON（美光）历程


1978年10月，美光由Ward Parkinson、Joe Parkinson、Dennis Wilson和Doug Pitman共同创立；

1990年，初期美光科技成立子公司Micron Computers（美光电脑）来制造个人计算机；

1996年，ZEOS International，Micron Computer和Micron Custom Manufacturing Services（MCMS）合并成为美光；

1997年，美光科技收购NetFrameSystems（NETF），通过此次收购试图进入中档服务器行业；

1998年，美光收购Rendition公司来制造3D加速芯片；

1998年6月18日，美光收购德州仪器Memory business unit（DRAMs）；

2001年2月28日，美光收购KMT Semiconductor；

2001年12月19日，美光收购东芝的DRAM业务子公司Dominion Semiconductor，LLC；

2006年3月8日，美光出价6.88亿美元收购Lexar Media；

2007年3月21日，美光首次在中国西安成立了工厂，主要生产DRAM和NAND快闪存储器；

2008年3月，美光分拆其CMOS图像传感器事业部，成立子公司Aptina Imaging；

2009年5月20日，美光收购Displaytech，Inc进军微面板领域；

2010年2月9日，美光斥资12.7亿美元收购恒忆（Numonyx Holdings B.V.）；

2012年1月20日，美光收购PCIe共享技术厂商Virtensys；

2012年5月8日，已申请破产保护的尔必达（Elpida）公布其第二轮竞标结果将与美光合并，成为全球第二大内存生产商；

2013年7月31日，美光20亿美元收购尔必达（ElpidaMemory）和Rexchip Electronics。


2013年全球半导体厂商TOP20
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系列之（十七）柳暗花明—SPANSION（飞索）

飞索（Spansion Inc，简称SPANSION）

从开始在闪存市场的无限风光，到走入申请破产保护的下乔入幽；从实现四个季度持续赢利成功脱离破产保护的起死回生，到拥有超过一万种产品以及超过五千多种专利的威震天下；从重视产品与技术的不断创新，到如今整合资源收购的拓展引领；从追忆历史的灯烛辉煌和暗无边际，再到创造历史重塑未来和柳暗花明的不朽传奇；飞索在短短的几年里经历过蜂飞蝶舞，回天乏术，下乔入幽，柳暗花明，起死回生，重振雄风，东山再起等异样坎坷和悲欢的历程，到如今形成了以闪存、微控制器和模拟业务为主的三条产品线，业务覆盖包括汽车电子、工业系统以及高度互动与仿真的消费电子设备在内的诸多领域，可以实现系统的连接、控制、存储并增强其性能，更有机会提供给客户一个完整的嵌入式系统解决方案。飞索作为以闪存为根基的半导体厂商在半导体产品发展的过程中，以其悠久的历史创造了NOR闪存的辉煌，以及多年来对闪存市场变迁和动荡的独特经历，使得飞索在不断地转换角色，适应着严酷的产业环境，走出一条完全不同于其他竞争对手的具有鲜明特色的探索之路，也完成了由单一闪存供应商向完整提供基于闪存的嵌入式系统厂商的华丽转身。
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柳暗花明，华丽转身



2003年AMD和富士通整合各自的闪存业务合并成立了飞索，成功继承了双方长期以来的技术创新和市场领先地位。飞索的前身是1993年AMD与日本富士通的合资企业FASL LLC，2003年7月14日AMD增持股份到60%，富士通拥有剩下的40%，为了满足AMD和富士通客户对于无线市场的需求，成立新公司并寄名飞索，通过AMD和富士通各自的销售渠道销售飞索的闪存产品，目标市场的客户包括无线设备、移动电话、汽车、网络、电信以及消费电子产品等行业的领导者。

虽然存储行业的特点是产品差异化程度小，而且竞争主要集中在供求方面，但当时飞索的目标是通过增值解决方案重新定义NOR闪存行业，进而真正影响客户的创新能力。飞索凭借 MirrorBit®技术，为优化闪存解决方案奠定了基础，以满足代码执行和代码存储的需求。为了提供整合软件、硬件和封装的一站式闪存解决方案，飞索在 2007 年10月8日收购了非易失性内存IP供应商Saifun Semiconductor Ltd；Saifun是一家为非易失性存储器（NVM）市场提供知识产权（IP）解决方案的以色列公司，该公司创新的NROM技术允许半导体制造商以更低的成本提供高性能和可靠的产品，具有更大的存储容量，适用单一进程所有非易失性存储器应用，Saifun 授权其知识产权向使用这种技术来开发和制造各种单机和嵌入式非易失性存储器产品的半导体制造商，Saifun许可NROM技术使用的公司包括飞索、旺宏电子、NEC、中芯国际、索尼和Tower Semiconductor等。自从2002年以来飞索一直持有Saifun NROM技术的特许使用权，这种技术是飞索专有的MirrorBit技术的基石，作为合作关系的一部分，Saifun也向飞索提供设计服务，包括开发飞索的MirrorBit Quad和SPI产品系列。收购完成后有超过150位MirrorBit技术和设计专家加入了飞索团队，加速开发其下一代产品，同时不再需要支付专利使用费用，收购进一步巩固了Saifun IP对飞索MirrorBit技术的补充作用，也让飞索直接进入技术许可业务，更可以帮助飞索扩充其MirrorBit产品延伸到NOR闪存之外的市场，包括NAND、DRAM和系统级芯片市场，另外收购也帮助飞索拓宽了其操作边际利润。

为了达到重新定义NOR闪存行业这个目标，飞索在桑尼维尔耗费巨资投建了一个专门针对无线业务的300毫米的研发中心和一个12英寸生产工厂，这一投资规模在当时全行业里是最大的。然而时间不长，2009年飞索日本子公司就因全球经济衰退影响了销售，于2009年3月1日申请了美国第11章破产保护。2009年10月26日飞索第一次提交重组计划，其修订后的披露声明于2009年12月22日获得美国破产法院批准。在此期间作为全球最大的NOR闪存制造商，飞索为求生存不得不积极瘦身，不仅大动作调整运营策略，强化应用于消费性电子、工业、汽车电子等范畴的嵌入式市场，更采取措施逐步退出亏损连连的手机市场。首先是把其在日本的两家晶圆制造工厂和设备出售给了德州仪器，一家八英寸（200毫米）晶圆片工厂将继续运营，但被德州仪器调整为模拟芯片生产线，而另一家十二英寸（300毫米）晶圆制造工厂的设备，被转移到美国德州的德州仪器工厂；接着飞索把从事NAND闪存的“MirrorBit ORNAND2架构”等开发业务的研发基地（意大利米兰）和技术人员出售给了尔必达，尔必达通过收购飞索的研发基地涉足MCP用闪存业务；最后飞索把其在中国苏州的芯片封装和测试工厂出售给了台湾力成科技，力成科技旗下全资子公司Powertech Holding（BVI）以每股495.17美元的价格收购飞索（新加坡）的102995股股份，从而成为飞索（中国）的母公司，力成科技支付了5100万美元以持有飞索在中国苏州的芯片封装和测试工厂，借助飞索苏州封测工厂，力成科技宣布正式进军大陆封测市场。飞索先前已经关闭了马来西亚槟城封测厂，这次再出售苏州封测厂，在全球只剩下了泰国和吉隆坡两座封测厂维持运转，除了在不断出售公司资产的同时，飞索还在破产保护重组过程中进行了有策略的战略重点转移，把业务重心调整至嵌入式和特定无线应用，从而连续四个季度实现运营赢利，并生成现金2.25亿美元。经过这些资产和战略转移之后，终于在2010年4月16日飞索重组计划获得美国破产法院认可，并于2010年5月10日正式脱离，第11章，随着飞索成功脱离破产保护，以往的普通股被取消不再交易，一些破产前的债权和其他行政事项将继续进行直到最终解决。飞索进入第11章重组程序时负债15亿美元，成功脱离破产保护后，飞索的债务已低于4.8亿美元，现金约2.3亿美元，并有未用贷款额度6500万美元，至此飞索成功转危为安，在技术上仍然持续着自己的优势。

2010年5月27日，飞索新的日本子公司Spansion Nihon已完成对飞索原日本子公司Spansion Japan分销业务的收购，原Spansion Japan的应用工程、客户服务、市场营销、质量和销售职能部门将无缝过渡到Spansion Nihon，并继续在川崎运营。Spansion Nihon主要利用富士通的销售渠道继续服务日本市场，进一步扩展飞索和富士通之间长期的伙伴关系，位于日本会津若松市的Spansion Japan仍旧作为代工厂为飞索提供晶圆生产和晶圆测试服务。收购Spansion Japan分销业务是飞索继2010年5月10日脱离美国第11章破产保护成功重组后的又一重大进展。

在飞索的全球销售中，亚洲市场占据了整个存储市场47%的份额，而中国则占据这47%中的36%，由此可见中国市场对于飞索的重要性。作为全球性闪存的服务商，飞索有很多产品是在中国生产和销售。中国飞索在2011年12月，与镇江隆智半导体有限公司以及镇江新区三方签署合作协议，正式确定飞索在镇江新区设立智讯半导体（中国）有限公司，总投资2000万美元，注册资本800万美元。2012年2月27日飞索成功收购镇江隆智半导体有限公司，通过这次收购飞索将中国总部设在镇江，并逐步将生产、销售和研发设计重心转移到镇江，成为镇江市引进的首家具有世界五百强背景的区域总部。

要想在激烈竞争的复杂环境中获得成功，在保持现有产品具有持续优势和领导力的同时，就必须给客户提供一个完整的解决方案，打造一个成熟的生态供应系统，在日益增多的产品组合中实现更多的技术融合，从整个嵌入式系统来看微控制器、模拟器件、闪存产品是构成嵌入式系统最主要也是最核心的部件，飞索看到了这样一个商业机会，同时也是考虑到未来进一步的发展，于是在2013年4月29日收购了富士通的微控制器和模拟业务部门。收购的富士通业务包括广泛应用于汽车、工业和消费市场的通用及专用32位微控制器（ARM）及8位，16位和32位富士通自主知识产权微控制器，电源管理集成电路（Power Management Integrated Circuit，PMIC）以及用于数字音频、视频、手机、汽车和工业市场的高效率、低功耗模拟产品结合的宽泛产品系列。如今赤手可热的ARM产品线被收购后形成了飞索三大类全系列微控制器的产品家族：一类是基于Cortex-M0+内核ARM低功耗Spansion FM0+产品线，这类产品又分为入门级和超低功耗的产品，广泛适用于各种低成本低功耗的工业控制应用；第二类是基于Cortex-M3标准内核，引脚数范围从32到176的Spansion FM3家族产品，目前已有超过570种产品投入生产；第三类是能满足工业控制与消费应用中的高性能需求，基于ARM Cortex-M4处理器，融入了DSP与FPU功能的Spansion FM4家族产品，飞索重新设计了嵌入式闪存接口的架构，以实现更快的速度和更低的功耗，已有140余种产品投入生产。这些产品加上飞索的原有绝对优势（飞索是闪存行业的领导者，其NOR闪存的总体市场占有率世界第一，在LTE/4G基站和汽车电子领域的占有率也是全球第一，而其在工业自动化这方面也是领先于竞争者），让飞索如虎添翼，并且在不断地优化创新，细分定位把握精准的市场需求。经过战略调整的飞索业务，已从原来单一做闪存产品的业务拓展为三大块，在保持原有最大闪存业务的同时，拓展微控制器和模拟业务，包括混合信号和电源管理等，凭借优势技术为新兴市场应用提供差异化解决方案，并试图最终应用于下一代汽车、工业和消费类电子产品领域。

时至今日，飞索经历了更多的风雨，也看到了更为灿烂的彩虹，奠定了基于闪存的嵌入式系统解决方案的全球领先厂商的基础，在这个快节奏的相互关联的世界，飞索提供着闪存、微控制器、模拟产品和混合信号的广泛产品组合，以及集成的系统级芯片解决方案。飞索领先的知识产权和产品正在推动着高品质的发展，加速着汽车电子和工业系统设备，智能、高效和安全地运转，也正在丰富着人们日常生活中的消费电子设备。全球电子行业正迅速地从传统的计算架构走向一个人的世界里，进入人和机器的通信和交互的一个永久模式，内存和处理器技术的进步将影响和改变人们的工作、生活和娱乐。
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SPANSION（飞索）历程


2003年7月14日，由AMD和富士通整合各自的闪存业务合并成立；

2005年12月，飞索半导体完成分拆并在纳斯达克（NASDAQ）成功上市；

2007年10月8日，飞索收购非易失性内存IP供应商Saifun Semiconductor Ltd；

2009年3月1日，飞索申请第11章破产保护；

2010年5月10日，飞索正式脱离美国第11章破产保护，成功重组；

2010年5月27日，飞索新日本子公司Spansion Nihon完成对原日本子公司Spansion Japan分销业务收购；

2012年2月27日，飞索收购镇江隆智半导体有限公司；

2013年4月29日，飞索收购富士通微控制器和模拟业务部门。

2014年12月1日，飞索和赛普拉（CYPRESS）通过价值约为40亿美元的全股票免税交易进行合并。

系列之（十八）暗香疏影—WIZnet（微知纳特）

微知纳特（WIZnet Co，Ltd，简称WIZnet）

在集成电路分销行业呆得越久，就会越感到身为一个小公司的不易，无论是从资金和规模上都无法与行业中知名的大品牌相提并论，更不要说是在产品的认知度和普及性上与行业大佬存在的巨大差异，然而广受关注的优秀企业毕竟是经过千锤百炼的少数企业，大部分的中小型企业仍旧处在跟随和挣扎的边缘。在半导体行业里密布着数不清的中小企业，它们或是一个产品打天下，当再推新产品的时候举步维艰；或是直接生产替代型产品，在低端通用市场通过牺牲性能获取利润；或是追随大企业的产品方向在被遗忘或者不重视的市场上分得空间不大的利润；或是被大企业看中收购或者兼并。

相对于这样的企业来说，在半导体细分市场上开拓的企业无疑是幸运的，细分市场里同样也生存着众多技术和产品差异化的创新型公司，这些公司拥有特定细分市场的专用技术，在产品和市场方面也另辟蹊径，尽量避免自己与行业熟知的品牌正面冲突，强调产品的易用性和行业应用导向型，通过资源整合形成产品凝聚力。在众多细分市场的应用领域里，提供全硬件协议栈以太网接口芯片的微知纳特无疑是以太网典型应用领域里的暗香疏影，独步舞者。微知纳特基于TOE技术的全硬件TCP/IP协议栈芯片，以及在开源硬件平台方面所秉承并倡导的分享精神，让越来越多的嵌入式终端实现了远程传输及自动控制功能，也为未来炫丽的物联网时代舞动着婀娜的姿彩。
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暗香疏影，独步舞者




1.从集成电路分销看开源硬件


“盖闻圣人迁徙无常，就变而从时，见末而知本，观指而睹归”，身为电子分销行业从业人员，目睹2013年的行业迁徙之路：传播方式开始由以往的杂志广告以及行业展会迁徙至更精准的在线研讨会或者是电子社区以及在线互动平台；销售方式开始由以往分散的传统分层销售迁徙至互联网在线电子商务网站小批量目录式销售结合线下批量联络；沟通渠道开始由以往单向单线的联络方式迁徙至微博微信等大众沟通平台实时互动；客户层面开始由以往只关注和服务大客户的精简策略迁徙拓展至兼顾中小型和行业客户专业化团队。往年或多或少也有这样的迹象，但在2013年却表现得尤为明显，特别是在半导体原厂的新品市场导入阶段真可谓是让人目不暇接，再加上2013年的各类功能新品众多甚是有些乱花渐欲迷人眼的感觉，于是有些半导体原厂在新品一推出时就以极高性价比诱导市场，在元器件供应源头展开竞争，以图迅速提振销量和赢得客户。但新品迅速导入大众市场成为广泛应用的经典型号则是众多新品在时间上一个不可逾越的鸿沟，然当下最为时髦的开源硬件或许可以在一定程度上助力性价比更高的新品在更为广泛的市场上披荆斩棘、开疆扩土。

那么开源硬件是怎么一回事呢?维基百科给出的解释是指与自由及开放源代码软件相同方式设计的计算机和电子硬件。开源硬件开始考虑对软件以外的领域开源，是开源文化的一部分。这个词主要是用来反映自由释放详细信息的硬件设计，如电路图、材料清单和电路板布局数据，通常使用开源软件来驱动硬件。而我更倾向于将其解释为一种开源文化的分享精神！

基于分享精神的开源硬件可以助力新品导入。对于大部分工程师来说研发知识面相对较窄，甚至只是仅仅局限于自己所在公司研发的产品领域，对于半导体器件功能在其研发的领域应用比较深入透彻，但在半导体新品动态方面获取信息的渠道相对来说比较少。新项目的功能器件选型曾经是工程师最为头疼的事情，开源硬件可以有助于工程师选取性价比更高的硬件产品，在新品的功能和易用性上取舍和衡量而最终敲定适合自己使用的产品。

基于分享精神的开源硬件可以迅速验证新品。以往的工程师开发新品，先需要拿到原厂对其新品的开发板或者是评估板对器件在自己项目上要实现的功能进行评估，如果评估可行再去申请样品，画出工程版样板，购买器件周围所需的电子元件，然后焊接出要实现产品功能的样板进行测试，如果中间哪个环节出现问题就有可能耽搁研发的进度，开源硬件的模块可以帮助工程师们省去以上所有的环节，工程师可以直接对开源硬件模块进行测试和评估，加快研发进程。

基于分享精神的开源硬件可以缩短研发周期。节约工程师在样品选型和新品验证方面所需的时间之外，开源硬件的模块或者是开源硬件所提供的电路原理图，PCB板产品布局图，完整的BOM清单以及开放的测试软件，甚至是周围的配套元器件可以无限制地缩短客户的研发周期，工程师也可以在自己不熟悉的项目领域或者是自己不了解的底层程序运行状况之下开发出适合市场用途的终端产品，只要当工程师在需要用的时候调用这些资源做好产品应用层即可，完全没有必要重复浪费资源和时间。

基于分享精神的开源硬件可以快速投入批量生产。走过简短的产品小批量试生产过程，不用担心已经被开源硬件验证过的产品的稳定性，不用担心产品清单物料的生僻和短缺，停产以及需要定制的元件，不用担心采购物料的生产供应状况或者是生命周期。如果保障原材料供应渠道和生产产品工艺，甚至可以不用去担心产品的品质问题，就可以快速地投入批量生产以应对不断变化的市场需求，赶在竞争对手之前拿出产品，争夺利润制高点。

开源硬件可以加速集成电路新品应用，有效降低研发门槛，助推产品逆袭上市！

“物固有之，安得常法哉！”伴随着电子商务、移动互联乃至物联网和可穿戴产品的赤手火热，2014年注定是一个快速发展的一年，作为供应链底层电子分销行业的一员满怀期待。我们能够有更多的机会施展拳脚；期待电子分销行业能够在政府拉开推动集成电路发展帷幕的时候出一份力；期待随着开源硬件的发展和变化有效地结合创客空间和众筹平台打造更加亲民，更加艺术性的创新。


2.开源硬件的舞者


接触到微知纳特才知道在电子行业硬件领域有这么一位舞者。在网络产业化及商业化的背景下，越来越多的嵌入式设备需要实现联网，但是由于嵌入式系统中主控芯片及存储介质等资源相对匮乏，导致操作系统必须“瘦身”，甚至大部分都需要实现无嵌入式操作系统，于是一些轻量软件协议栈应运而生。面对这样的问题，韩国釜山大学的计算机网络研究室提出了“既然软件代码占用系统资源，那为什么不用硬件来实现”的课题。于是针对相对较为固定的TCP/IP协议栈，该研究室提出了使用硬件逻辑门电路来实现软件协议栈的构想。留美经济学博士Y.B.Lee与釜山大学计算机网络研究室共同推动该项成果实现产学研转化，并于1998年注册成立微知纳特，2001年成功推出了业界第一款针对网络通信TCP/IP协议栈的ASSP芯片W3100，这款ASSP产品的硬件逻辑已经实现了TCP/IP协议栈应用层以下的部分，极大地卸载了主控芯片的资源开销，使得即使是普通的8位单片机都能非常轻松地实现高性能以太网功能，只需要将这款ASSP产品作为一个外设RAM使用就好，将需要传输的数据丢给它的片上RAM，然后就会自动被封包，通过以太网发布出去，同样接收到的网络包也会自动被解包成原始数据传输给主控芯片。这样大大降低了网络项目开发及拓展的门槛和难度以及开发周期，使得TCP/IP技术变得简单和易用。之后又推出了像W3150A+（05年），W5100（06年），W5300（08年），W7100A（09年），W5200（11年），W7200（11年）系列产品以满足不同客户的诉求。微知纳特潜心研发全硬件TCP/IP技术十余年，而且是一直在持续和专注的领域不断地推陈出新，其经历过的彷徨和磨难我们不曾得知，但这份坚持与执着却让我时刻感觉着力量和一种舞者的精神。

因为接触微知纳特，进而接触了开源硬件，开源硬件是继Linux，Android等软件开源之后，一场由Arduino等开源硬件平台牵头的硬件开源风暴正在悄无声息中席卷全球。微知纳特是为数不多的半导体原厂提倡硬件产品开源，作为开源硬件的重要参与和倡导者，Makers（创客）这一新兴的群体，已经利用全硬件网络嵌入式平台开发出了各种各样新奇的应用制作。不久后的将来我们也许会看到奇特各异的电子硬件艺术品，它们不仅能够为我们带来电子产品硬件功能上的满足，更能为我们带来电子产品视觉上的冲击和享受，开源硬件如同开源软件一样也许是时下最为时髦的话题，焕发着勃勃生机，它也终将会影响和改变着硬件产品的生态供应链，重塑硬件产品有效购买群体和营销范畴，重塑电子产品市场和长尾价值导向，开拓出一片开源硬件产品活跃的新蓝海。

十几年来微知纳特始终专注为广大客户提供优秀的全硬件网络解决方案及客户服务，在嵌入式因特网设备领域里拥有多种应用，其主要芯片：新款代号W5500，全硬件TCP/IP协议处理支持TCP/IP协议：TCP，UDP，ICMP，IGMP，IPv4，ARP，PPPoE；内嵌10/100Mbps以太网物理层，全功能10/100以太网MAC&PHY；高速SPI接口（80MHz）便于与任何MCU连接；微知纳特全球化产品忠诚地为行业应用提供定制化的技术支持和解决方案，让更多舞者的信仰可以传递。

未来已扑面而来，相信会有更多的中小企业加入其中逐鹿资本和市场，并在行走的征程中暗香疏影，成为新时期的弄潮儿。在开源硬件领域中，在新生代的电子工业行业中，在未来充满奇幻的物联网世界里，微知纳特为物联系统的网络组建提供了一种新的方法与视角，也在物联网硬件设备的研发与全新解决方案的构建中成长为一个真正的舞者。
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WIZnet（微知纳特）创新历程


1998年，微知纳特由留美经济学博士Y.B.Lee在韩国创办，专业研发网络芯片采用全硬件TCP/IP协议栈技术；

2001年，微知纳特推出业界第一款网络通信TCP/IP协议栈的专用标准产品（Application Specific Standard Parts，ASSP）芯片W3100，2011年服役10年的W3100停产；

2005年，微知纳特推出全硬件TCP/IP协议栈+以太网MAC芯片W3150A+；

2006年，微知纳特推出全硬件TCP/IP协议栈+以太网MAC和PHY芯片W5100；

2008年，微知纳特推出高性能全硬件TCP/IP协议栈+以太网MAC和PHY芯片W5300；

2009年，微知纳特推出集成8051内核+全硬件TCP/IP协议栈+以太网MAC和PHY单片以太网控制芯片W7100A；

2011年，微知纳特推出增强型TCP/IP协议栈+以太网MAC和PHY芯片 W5200；

2011年，微知纳特推出集成Cortex-M3内核ARM+全硬件TCP/IP协议栈+以太网MAC和PHY单片以太网控制芯片W7200；

2013年，微知纳特推出低成本实用型TCP/IP协议栈+以太网MAC和PHY芯片W5500。

系列之（十九）砥志研思—HISILICON（海思）

海思（HiSilicon Technologies，简称HISILICON）

在国产集成电路领域里，提及海思人们首先会想到华为，作为华为的子公司，海思是华为无线终端、固定与无线网络、网络接入终端等领域的系统级芯片（SoC）的供应商，产品主要供应华为。依托华为，海思的产品被成功应用在全球一百多个国家和地区，也在移动通信无线终端领域里推出了智能手机等核心芯片，以及在网络接入终端领域推出了视频监控、机顶盒（STB）等市场应用所需的芯片及解决方案，特别是在安防视频监控市场占据相当高的市场份额。华为阴影的背后仍难掩低调的海思在中国大陆芯片设计行业的光芒，多个机构的调研数据均显示，海思的规模多年来均位列中国芯片设计业榜首。华强电子产业研究所统计的2013年中国大陆IC设计公司销售排行榜中，海思以21亿美元居于首位，其规模是排名第二位的展讯的两倍。然而华为并没有把海思的半导体作为一项业务，对海思的定位是支撑华为自身产品硬件架构的差异化和竞争力的领先一些个别芯片的销售只是顺序性的业务。华为所倡导的开放系统以及对半导体技术方面的投入，促使海思在对外合作中不断的学习和进步，砥志研思，这是任何一家半导体公司都无法比拟的，依托背后强大的平台专注于砥志研思技术创新和引领，如同西门子、飞利浦、安捷伦、摩托罗拉、朗讯科技等没有分拆独立的半导体部门一样，但又有着本质上的区别，反倒是更像三星电子和中兴（中兴拥有中兴微电子）。
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作为中国芯的骄傲，深圳市海思半导体有限公司于2004年10月注册正式成立，但其前身可以追溯到1991年成立的华为集成电路设计中心，追随着华为开疆拓土的脚步，海思在1993年成功开发第一块数字ASIC芯片；在1996年成功开发第一块十万门级ASIC芯片；在1998年成功开发第一块数模混合ASIC芯片；在2000年成功开发第一块百万门级ASIC芯片；在2001年成功开发第一块COT芯片，2001年3月推出国内第一个WCDMA基站套片，让海思一下子站在了3G技术的最前沿；在2003年7月海思承担了国家863项目核心路由器套片的开发，为高端路由器和以太网交换机提供320G及以上处理能力的交换网套片和IP协议处理芯片；2003年11月推出了全球领先的高端光网络芯片，该芯片采用0.13um工艺，设计规模超过1300万门，此时的海思已经掌握了光网络领域的核心芯片技术，并开始处于领先地位；2003年12月海思承担广东省关键领域重点突破项目第三代移动通信专用芯片（套片）的开发，适用于WCDMA终端。这些成就的取得得益于华为在研发方面的大力投入，也的确使得华为在硬件架构和成本优势上获得了竞争的差异化和核心的产品竞争力。2004年华为为适应外部环境的变化，把华为分拆为华为技术、华为移动、华为软件、华为投资、华为控股、华为培训学院、华为服务、华为物业八家公司，2004年10月华为再把旗下运营十三年的“华为集成电路设计中心”独立出来，成立“深圳市海思半导体有限公司”，定位于无线网络、固定网络、数字媒体等芯片与解决方案的提供商。至此海思作为华为的子公司开始向外界提供少许数字媒体等方面的芯片和解决方案，走出华为被业界所熟知。

身为集成电路分销行业从业人员，最早也是最多的通过海思推出用于安防市场的网络视频监控芯片开始了解海思，在安防市场领域海思应该属于后来者，其实早在1999年恩智浦（前身为飞利浦）就推出了PNX1300芯片，在中国安防市场推广并得到应用，成为第一颗专用于安防行业的芯片。2003年德州仪器推出通用数字媒体处理器TMS320DM642，揭开了其正式进军中国数字视频监控领域，随后陆续推出了多款适用于视频压缩编解码的芯片，由此奠定了德州仪器在安防视频监控领域的“霸主”地位。经过几年的发展，尤其自2004年开展平安城市建设以来，随着科技强警战略的深度实施，以及人们生活水平提高后对民用安防市场的需求增大，我国安防企业产品质量及技术含量也有了较大提高，开始在国内外中低端产品市场中占有明显的竞争优势，旺盛的市场需求也为安防芯片提供了发展的有利条件，安防芯片再次成为集成电路设计企业关注的又一个新兴领域，成为继工业自动化和消费类电子等领域之后一个新的利润角逐场。德州仪器、恩智浦、亚德诺、Techwell（已被英特矽尔收购）等一大批国际半导体企业将目光投向中国安防市场，量身打造一些符合中国安防市场使用的芯片。也就是在这个时候，海思在2006年6月台北国际电脑展览会（TAIPEI COMPUTEX）上推出功能强大的H.264视频编解码芯片Hi3510。当时以VCR（Video Cassette Recorders）为代表的第一代视频监视传统CCTV系统已经凸显出互连互通和统一管理的重要诉求，而可运营、可管理、可升级、可计费的第二代基于“PC+多媒体卡”数字视频监控系统（DVR）和网络视频监控已经开始成为一个趋势。Hi3510采用多核高集成度的SoC（片上系统）构架，在H.264硬件加速引擎的基础上，配备了ARM9处理器和DSP结合外部存储器/存储接口以及网络、视频和音频等丰富的外围组件，集成了众多数字视频所需的外部组件，显著加快产品上市进程的同时能够使硬件BOM的成本大大降低，也很好地解决了网络监控技术发展的瓶颈，加快了安防监控网络化和标准化的速度。海思推出的Hi3510网络监控解决方案在展会上一经亮相便引起了业界的广泛关注。这是针对视频监控应用第一个推出了SoC（片上系统）构架的专用芯片，它固化了标准的H.264，帮助设备厂家降低了标准算法的重复投入，使得终端设备厂商可以把技术集中到行业应用和功能开发上，大大提高了行业的效率，降低了厂家的投入成本。SoC芯片的出现兼顾了DSP与ASIC两家之长，弥补了两者之短，因此被行业赋予了更大的期待。随后基于Hi3510视频编解码芯片推出了诸如移动监控、公交监控、数字可视对讲、H.Box家庭媒体中心、VP智能家居中心等行业应用解决方案。

随着城市现代化建设的迅速发展，以及人们安全保护意识的不断提高，中国安防市场也在的迅速增长，并对视频监控从技术上提出了更高的要求以解决高清问题，要实现真正的高清监控，必须从视频源的采集、视频信号的编码压缩、视频信号的传输、视频的浏览、录像文件的回放等环节全面支持高清，对用户而言高清只有在包含了前端、平台、存储、浏览、显示等各个环节时才有意义。海思在IP摄像机投入较晚，2011年开始发力，在第十三届中国国际社会公共安全产品博览会上，海思已经作为全球覆盖专业到消费全行业的监控芯片解决方案专家，以“中国安防中国芯”为主题，隆重发布H3高清监控芯片平台，海思针对DVR和IP摄像机分别推出了Hi3531、Hi3532和Hi3507、Hi3516、Hi3517五颗芯片，将“高清”与“智能”演绎得淋漓尽致。海思更多的是提供灵活易用的开发平台，基于国内蓬勃发展的安防监控市场，海思自2006年在全球推出首款针对安防应用的H.264视频编解码芯片开始，到2012年已经发展到了第三代SoC芯片，已成为国内领先的视频监控解决方案供应商，在国内DVR产品上占有七成左右的份额。

从技术角度来说，视频监控系统发展划分为第一代模拟视频监控系统（CCTV），第二代基于“PC+多媒体卡”数字视频监控系统（DVR），到第三代完全基于IP网络视频监控系统（IPVS）。可以说在标清模拟时代，德州仪器以在半导体领域的强大实力使得其在众多压缩方案的角逐中全线胜出。而伴随人们对MPEG4的挥手告别转而迎接H.264时，以及视频监控SoC芯片市场发生的微妙变化，DVR甚至整个安防行业也随之进行了一场行业大洗牌，一些未能及时调整生产策略的厂家迅速被残酷淘汰。伴随着集成度更高更经济的Hi3518C的推出，海思产品已经迭代到第五代，芯片在成本控制方面的巨大优势，使得海思芯片已经在安防市场占据了相当高的市场份额，在国内安防市场的份额已经超过原来的第一名德州仪器。作为安防领域的中国芯，海思为本土的集成电路制造商赢得了尊重，利用其便捷和健全的技术支持，利用其技术优势在降低开发门槛缩短产品研发周期的同时，也降低了用户的生产成本，利用其长期专注视频监控行业的资源积累，砥志研思不断推陈出新，丰富和引领着安防领域技术的发展。

当然海思也有很多其他领域里的芯片，但是相对于视频监控以外芯片来说，我更觉得海思在技术方向是迎合华为发展的需求，或者可以说是华为指到哪里，海思就打到哪里，比如华为开始做智能手机，海思就于2012年2月26日推出业界体积最小的四核A9架构处理器海思K3V2。2013年华为AscendP6高端智能手机成功搭载海思的K3V2四核处理器。海思对华为内部产品的配套，不仅为华为带来价格和技术上的竞争力，还有助于提高其产品的上市时间抢占市场先机，比如中国移动对4G定制机提出五模的新要求，而目前只有高通和海思能够量产五模芯片，这意味着华为可以借助海思优先于其他厂商快速推出符合市场要求的4G手机。海思砥志研思，华为主打平台，双方珠联璧合完美搭档。然而华为所倡导的开放系统，既不把半导体作为其业务领域的同时，也不把海思定位为华为唯一的芯片供应商，“采取的是1+1或1+N策略”，也就是说华为的产品采用一颗海思的芯片，同时还有可能要用一颗或更多颗业界其他供应商的芯片。譬如华为智能手机采用了海思芯片，其中也有很多型号采用了高通和联发科等的芯片。这促使海思在取得成就的同时，时刻保持着危机感，在创造优秀的同时仍要时刻保持高度警惕性，避免自恋不忘使命砥志研思。

伴随着国家产业政策和经济的快速发展，海思历经数年的不懈努力和勇于创新，如今已经成长为中国本土最大的集成电路设计企业，新近推出的业界领先的移动终端设备高端系统级芯片，确立了其向芯片巨头冲刺的技术根基，坚持自主研发并依托华为的强大支撑造就了海思今天的成功。当然成功更离不开海思对应用市场以及技术的砥志研思，以及在面对国家即将出台芯片业扶持政策的诱惑时不为所动，耐得住寂寞更经得起诱惑。
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HISILICON（海思）历程


2004年10月，深圳市海思半导体有限公司注册正式成立，其前身是1991年成立的华为ASIC设计中心；

2004年10月，320G交换网套片和10G协议处理芯片开发成功，标志着海思半导体已掌握高端路由器的核心芯片技术；

2005年1月，国内第一个自主开发的10G NP（Network Processor）投片；

2005年10月，通过商用密码产品生产定点单位认定；

2005年12月，通过集成电路设计企业认定；

2006年6月，海思在台北国际电脑展览会（TAIPEI COMPUTEX）推出功能强大的H.264视频编解码芯片Hi3510；

2008年3月，海思发布全球首款内置QAM的超低功耗DVB-C单芯片；

2012年2月26日，推出业界体积最小的四核A9架构处理器海思K3V2；

2012年2月27日，海思发布了业界首款支持3GPP Release 9和LTE Category 4的多模LTE终端芯片。


2013年中国30大IC设计公司销售排名（百万美元）
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系列之（二十）水木清华—GIGADEVICE（兆易创新）

兆易创新（Gigadevice Semiconductor，简称GIGADEVICE）

“景昃鸣禽集，水木湛清华。”在存储器市场阴霾密布的寡头时代，首先是由英飞凌分拆的奇梦达申请破产保护后宣告倒闭，日本瑞萨黯然离场把技术转让给台湾力晶；接着是华邦电子分拆新唐科技专注存储器，微芯科技收购SST；然后是ISSI收购台湾常忆科技，爱特梅尔出售闪存业务给Adesto；最后是美光分阶段收购恒忆半导体和尔必达。然而列举的这些似乎只是残酷市场竞争加剧的一部分，接下来的更让人惊心动魄，东芝与SanDisk共同投资建设闪存晶圆厂，美光与英特尔扩大NAND闪存领域合作，海力士被南韩SK电信收购正式更名为SKHynix.，三星宣布退出NOR闪存业务在西安建设闪存封测工厂，总之在这个喧嚣异常的领域里，国际大型半导体企业依靠技术、资金、产能等多方面的诸多优势把控着存储器市场和产品以及技术趋势。然而就是在这样一个风云突变的环境里由来自国内的一匹黑马杀进了串行NOR闪存这个存储器细分市场，要知道在这个细分市场上有着诸如美光、飞索、旺宏电子、华邦等高手云集，而且，在2013年取得国内整体NOR闪存市场第四的优异成绩之后，携自有品牌的ARM产品线进入了同样竞争异常的微控制器主控市场，要知道在微控制器这个领域里同样汇集着诸如意法半导体、德州仪器、恩智浦、飞思卡尔、爱特梅尔、芯科和飞索等江湖大佬以及台湾的新唐科技和合泰。这匹黑马就是来自国内自主创新，从闪存到微控制器不走寻常路的品牌，水木清华的兆易创新。
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水木清华



作为如此生猛的新进者兆易创新成立于2005年4月，由海归朱一明先生回国创建，其前身为北京芯技佳易微电子科技有限公司，在2010年12月更名为北京兆易创新科技有限公司，朱一明先生先后获得清华大学物理学硕士学位和纽约州立大学石溪分校电子工程系硕士学位，并分别就职于美国iPolicy Networks Inc.和Monolithic System Technologies Inc.从事存储器芯片开发工作，2010年入选北京“海聚工程”和中央“千人计划”，并被授予国家级“特聘专家”。起初的兆易创新是做存储器IP业务和低功耗SRAM，2007年底开始转型做NOR闪存，定位移动产品用的串行闪存。闪存市场分为NAND闪存和NOR闪存两大类，NAND闪存尽管经历了多年跌宕起伏，但因其大容量以及在消费类电子和通信产品中的广泛应用仍保持快速增长态势，未来前景可期，所以国际半导体大厂比如三星开始放弃NOR闪存转向市场份额更高的NAND闪存业务。伴随着智能手机、闪存卡、平板电脑和超极本中大量应用NAND 闪存，也使得美光、SK海力士和东芝等纷纷转向高容量的NAND闪存产品，而作为NOR闪存业务的市场占有者飞索、旺宏电子和华邦也开始由NOR闪存业务拓展至低密度NAND闪存业务。通常情况下国际半导体大厂闪存技术发展迅速，产品更新换代很快，差不多几个月就能推出新一代的产品，致使很多工业在选型的时候采用了市场上成熟的闪存产品，到批量生产的时候原厂已经停掉了这类产品，改推新一代的产品，为此很多客户不得不在产品设计中不停地修改测试程序和验证新产品的程序代码。这些半导体巨头为了发展需要，常常会停掉一些对他们来说利润薄弱的落后产品线比如NOR闪存产品，而中国仍有大量使用中低端闪存的整机企业，这给兆易创新带来了很好的切入机会。

兆易创新以中低端的产品切入市场，从游击战打起收拾一些大厂不愿意去做的市场，为了让客户尽快熟悉产品，兆易创新在产品的命名上除了器件前缀，后面的型号基本上仿制某品牌的产品命名。集成电路的命名方式，按照欧美日韩半导体原厂惯用的命名方式，一般集成电路型号的全称会包含开头的器件前缀（一般情况下是品牌的英文简写，当然有的原厂产品线比较多的是以产品线的英文简写为前缀，是产品型号开头为数不多的英文字母）；中间部分是功能型号（一般情况下是以数字加英文字母或者是数字和英文字母混合构成，描述产品的功能部分）；尾部被称为后缀（一般情况下是由英文字母表示，尽量简写集成电路的封装形式、工作温度、包装方式、部分的器件比如微控制器和存储器等后缀中还包含了存储容量、工作速度等功能器件之外一些差异化性能）。当然也有品牌之间相互替代的型号，这些可从集成电路型号全称上来说只是显示在后缀的个别字母的差异。通常工程师和采购人员接触最多的是中间部分的功能型号，也有可能到现在为止还会有很多终端工厂，在产品的BOM清单上使用简写不规范的功能型号，产品在批量生产时出现一致性差和性能不稳定，造成不必要的经济损失。加上竞争激烈的半导体供应市场，各品牌直接都会有相互替代的产品型号，这些型号会有若干性能方面的差异，在使用前一定要验证替代器件的实用性，更要注重器件的品牌和封装，别连自己所用的器件是什么都不知道，或者不完全知道，那如何对生产出来的产品更有信心呢?兆易创新这样的产品命名省去了客户对产品概念方面的理解，使客户以原有的思维定势很容易理解和接受产品，再以其产品的高速性能和价格切入用户，让用户习惯其产品以后（因为内部的质量管理系统跟踪体系，一般的大型客户习惯用一个品牌后不会随意更换，除非成本方面确实具有诱惑力值得研发人员去开发），然后拉宽产品线再通过全面系列的产品打入市场，这样的方法在短时间内非常凑效，也使得兆易创新短时间内就能在市场上站稳脚跟。在2010年兆易创新出货一亿多颗串行闪存营收突破一亿五千万人民币，客户领域包括ADSL、DVD、机顶盒及U-Key市场，是国民技术U-Key产品的主要合作伙伴。

和市场同类产品相比，兆易创新产品的优势在于其高性价比，以及较好的质量稳定性和供货稳定性，随着英飞凌、展讯和联发科推出支持低成本串口闪存的手机解决方案，为兆易创新进军手机特别是山寨手机市场奠定了基础。2011年兆易创新的串行闪存产品销售业绩节节攀升，市场份额及应用领域也在持续扩大，在通信移动终端、计算机及周边、智能电视及数字机顶盒、DVD及U-Key、电表等领域成为国内首屈一指的供应商，并与三星、中兴、NVIDIA、康佳、创维、富士康等优秀企业建立起良好的合作关系。2011年兆易创新出货超过三亿颗，营业额将近五亿元人民币，进入了代工厂中芯国际（SMIC）的本土客户中的前五大流片商名单。基于国内集成电路设计企业在融资渠道、工艺技术和人才方面，相对于海外半导体来说明显处于劣势的条件下，兆易创新并没有一味的比肩国际巨头追求先进技术，而是认清了市场竞争格局，找准了半导体行业细分市场的产品定位，先集中精力于中低端市场利出一孔，依靠庞大的中低端市场消费群体逐步提高市场份额，获得强大的原始资本和技术积累之后再伺机进入高端市场和拓展产品线。与国内集成电路设计领域里的其他企业相比，兆易创新首先掌握了企业发展运营的主动权，放弃追逐利益制高点获取企业存在的契机，而是通过技术跟进高速发展并大放异彩。

兆易创新是国内首家专业从事存储器及相关芯片设计的集成电路公司，设计研发各种高速和低功耗存储器产品，国内第一颗串行闪存产品，第一颗静态存储器及IP技术，第一款GigaROM产品均出自兆易创新，这开创了中国存储器制造的先河，也是中国存储器史上最耀眼的一笔。兆易创新目前的核心产品仍为串行闪存，被广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。凭借出众的市场成绩，兆易创新的产品在2010及2011连续两年被工信部授予“‘中国芯’最佳市场表现奖”，企业被依次评为“重大科技成果产业化突出贡献单位”、“最具投资价值企业五十强”、“创新型试点企业”、“优秀留学人员企业”、“新锐企业百强”等，已成为中国存储器领域的第一品牌。

2013年4月伴随着ARM竞争的日趋白热化，兆易创新再度出手发布14款基于ARM®
 Cortex-M3内核的GD32F103系列32位通用微控制器产品，杀入微控制器领域，开始拓展产品方向，寻找新的增长点和突破点，这次和前一次的产品领域选择截然相反，选择的是目前 ARM 最为成功的产品系列之一 Cortex-M3 内核，占据着ARM应用的主流市场，也是各路主控半导体英豪的必争之地，也许是看重ARM cortex-M系列的推出拉低了用户进入32位微控制器领域的门槛，已经形成了从软件到开发工具的无缝供应链，而且前期半导体领导厂商培育的市场足够大，当然利润空间更足有诱惑力。在产品命名上沿用了以前的做法，直接与占有 50%市场份额的意法半导体除前缀之外其他相仿，不过 GD32F103 系列产品把微控制器的主频提高为 108MHz，除了拥有高速的主控内核之外，在闪存上运用了兆易创新自有的 gFlash 专利技术，GD32F103 系列产品实现了内核对闪存访问的零等待。根据 Dhrystones 和 CoreMark 测试结果，代码执行效率比市场同类产品提高 30%～40%，同时集成了丰富的外设功能包括 USB2.0 全速、CAN、LIN、LCD 等通用接口，并可以连接串行闪存等外部存储器，以及多达16通道的12位高速ADC、USART、SPI、I2C，多达80%的可用GPIO还支持端口重映射功能等，从闪存容量和封装形式上也有多种灵活的选择。在市场推广方面更大胆地沿用以前高性价比快速切入的策略，瞄准工业自动化、变频控制、人机界面、电机控制、安防监控、智能家居家电及物联网等在内的多种市场应用需求，在本土集成电路企业无意识趋同的思维定势中演绎着中国特色式的创新。

几乎是在飞索收购富士通进入微控制器领域的同时，兆易创新宣布推出自己的微控制器产品，不知道这是不是一种巧合，还是存储器厂商进入微控制器领域成为一种趋势，但从历史的角度来看，无论是英特尔还是AMD，也无论是德州仪器还是意法半导体都是在逐步的剥离自己的存储业务，聚焦产品线拓展行业应用领域。半导体行业就是这么神奇，如同围城，有想进去的更有想出来的，有剥离瘦身更有收购拓展，有合作但更多的是竞争，匆匆忙忙，熙熙攘攘，皆为利来，皆为利往。

目前各类存储器（串行NOR闪存以及串行NAND闪存）和微控制器（GD32系列MCU）形成了兆易创新的两大产品系列，在国内集成电路领域中具有典型代表性。但就目前兆易创新的两条产品线来看还无法同飞索那样拥有模拟业务，在产品生态供应系统中形成闭环。伴随着兆易创新的上市，净利润的连年增长（在2011年实现净利润1787.53万元，2012年实现净利润6333.3万元，净利润增幅高达254%，2013年实现净利润6735万元，较上年增长6.3%）；伴随着兆易创新在合肥经开区投资建设的集成电路产品设计研发基地，注重产品研发创新；伴随着清华科技园创业孵化器的重点支持；也伴随着集成电路提升至国家战略高度，国家将投入巨资支持集成电路产业的发展，国产集成电路崛起指日可待，兆易创新沐浴春风，水木清华。
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GIGADEVICE（兆易创新）历程


2005年4月，朱一明先生回国创建北京芯技佳易微电子科技有限公司；

2008年10月，兆易创新推出国内首颗串行闪存产品并开始发放样品；

2010年12月，北京芯技佳易更名为北京兆易创新科技有限公司；

2013年4月，兆易创新发表国内首款基于Contex-M3内核ARM的32位通用微控制器产品。

系列之（二十一）清微淡远—CME（京微雅格）

京微雅格（Capital Microelectronics，简称CME）

三十多年来全球共有五十多家公司曾经前赴后继地尝试，现场可编程逻辑门阵列（Field Programmable Gate Array，FPGA）和复杂可编程逻辑器件（Complex Programmable Logic Device，CPLD）的研制和开发，其中不乏像英特尔、三星电子、德州仪器、赛普拉斯、爱特梅尔等实力雄厚的公司，但最终都因为技术不完善等原因而失败或者放弃，到目前为止能成功并为我们所熟知的就只有赛灵思（Xilinx，FPGA的发明者以及无厂半导体商业模式的创立者）、阿尔特拉（Altera）、莱迪思（Lattice）、美高森美（SMSC收购的Actel）、Achronix，均来自于美国硅谷，以及唯一来自国内由刘明先生所领导的创业公司，清微淡远的京微雅格。京微雅格是可配置应用（CAPoC，Configurable Application Platform on Chip）技术的首创者和领导者，有着高集成度、高灵活性、高性价比、可重构微处理器的可编程逻辑器件，是国内第一家商用FPGA供应商，也是全球唯一提供全套自主知识产权FPGA和相应EDA工具的可编程逻辑产品的中国供应商。作为唯一在硅谷之外掌握FPGA核心技术的中国公司，京微雅格走出了一条与兆易创新截然不同的，更加艰辛和异常坎坷的自主创新之路，如果说兆易创新的产品线还会有本土其他厂商效仿的话（其实在ARM和闪存产品线上已经有国内不少知名的公司在做），那么京微雅格的产品本土厂商想要跟进几乎很难，甚至是一些国外的半导体原厂要想通过这样的技术壁垒恐怕也得要承受一番周折，从历史的角度去看结果也未必会成功，高准入门槛的FPGA领域也注定是只有几家半导体企业的游戏，清微淡远的京微雅格参与其中。
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行走在FPGA领域里的中国芯，京微雅格的前身是成立于2005年10月雅格罗技（北京）科技有限公司，Agate Logic与清华大学合作迁到北京清华科技园，当时主要依靠清华大学的一个教研实验室。成立后就一直致力于国产FPGA产品的开发，但是如何能够突破赛灵思、阿尔特拉、莱迪思和美高森美四大巨头所占据98%以上份额的市场封锁，以及这些海外巨头申请的将近6000项专利技术所形成的技术壁垒，成为摆在京微雅格面前最为沉重的课题。如何在架构上绕开海外巨头的垄断，京微雅格尝试过不少方案但都不是很理想，在技术方面走了很多弯路，经过了长达五年的技术积累改进和解决若干技术问题后，终于到第六代产品的研发推出，京微雅格才成功地走上FPGA+MCU的产品集成路线，在单片系统结构和数模IP集成方面寻求到了突破点，也终于推出了具备自主知识产权的Tile架构，而基于该构架的CME-M5（金山）以及CME-M7（宝山）系列产品也终于真正摆脱了国外厂商架构的影响。这样的技术投入使得京微雅格在成立后的整整六年间少许有过产品问世，虽然没有见到市场的任何反应，但却是一直在解决技术问题做技术攻关，为长久的发展积蓄力量。这几年里尽管电子市场和竞争格局瞬息万变，但全球的FPGA市场依旧被四家巨头牢牢地占据着，沉淀的京微雅格已经在这几年中积蓄了足够的能量，结合市场的细分及需求的变化，利用系统整合与设计服务的竞争优势，探索FPGA应用发展的新道路，并为其避开行业巨头之锋芒，明智地确定了走“农村包围城市”开拓中低端市场的路线。

2010年北京市政府决定投入近一亿人民币以加强京微雅格的产品研发和产业化，2011年1月由北京亦庄国际投资发展有限公司与雅格罗技（北京）科技有限公司共同投资，成立京微雅格（北京）科技有限公司（CME），雅格罗技改名为京微雅格。做为国家千人计划成员及国家特聘专家，国务院侨办百名杰出创业华人，北京市海外高层次人才及特聘专家，中关村高端领军人才，中关村优秀创业留学人员的刘明博士，也是在2005年回国后创业，曾经创办过晶宝利（北京）微电子科技有限公司，以及自己投资的北京热点联盟科技有限公司，之后加入京微雅格作为高瞻远瞩开疆扩土的掌舵人。“这样的技术，中国不能没有！”这是京微雅格现任CEO刘明先生曾说过的一句话，在我看来这样的坚持在国内也实属罕见，这样剑走偏锋的自主研发创新，基于其在产品定义、组织架构、营销模式和市场拓展等诸多方面的大胆考量和布局，其风险性和挑战性可想而知，京微雅格的坚持让其成为国内针尖式生存上的一个样本，也让其在国内半导体创业的道路上塑造了一个励志的传奇。

2013年京微雅格承担了2014—2017年国家核高基重大专项的任务。之后两年内在产品规划方面主要集中研制高端FPGA器件，而这类产品将在网络交换、通信系统、信息安全、电网运营、数据处理等重要领域形成批量应用，填补我国商业化的中高端FPGA器件的空白，这意味着京微雅格将突破只走低端产品的格局，旗帜鲜明地进军竞争激烈但高回报的中高端市场。2013年，北京亦庄国际投资发展有限公司也已经完成对京微雅格第二批首次增资工作，对于京微雅格来说无异于如虎添翼。如今的京微雅格在FPGA市场中已经成功分羹，随着产品逐步被市场认可，营业额从2011年只有129万元，增长到2013年突破千万元大关，实现了翻几番的增长，与此同时京微雅格与海尔和华为等也建立了紧密的合作关系，为国产FPGA的规模商业化应用铺平了跨越式前进的道路。

到目前为止京微雅格已经形成四大FPGA产品系列：CME-M“山”系列产品（百万门级）；CME-R“河”系列产品（低功耗）；CME-C“云”系列产品（千万门级）以及CME-P“星”系列产品（超高容量超高性能），面向中低端低成本应用领域。单从产品命名上来看就很有中国特色文化底蕴，也一改以往传统按部就班欧美半导体厂商的命名模式，让人耳目一新。

从产品利润方面来看，在全球半导体联盟GSA于2013年4月刚发布的报告中，公布了顶尖20家半导体截止到2012年第四季度时的产品毛利率数据。可编程逻辑器件两大厂商赛灵思和阿尔特拉榜上有名，分别以69.7%和66.6%位居前列，由此可得这个高度集中的行业是一个毛利率非常高和高净利率的行业，京微雅格的坚持持续投入是值得的，但是估计没有几家企业能够撑得住扛得起。

从产品本身特点上来看，海外四大巨头的产品也都有其特点，例如，赛灵思硬件器件性能更优异、品种繁多、覆盖面非常广，在欧美市场普受欢迎更占据相当高的份额；阿尔特拉软件及工具性能更优异、品种也很多、市场覆盖也很广，在亚洲市场更受欢迎处于领先地位；莱迪思主要面向低端的低成本器件和低功耗器件领域，但品种有限，替代一部分前两者的市场；美高森美主要面向军工产品，擅长以加固技术实现器件高可靠性；FPGA作为通用型芯片，其最大的特点是需要通过软件编程来达到某一专门功能，从某种程度上来说，软件的好坏直接决定了FPGA产品的成败，从历史来看前后差不多五十多家公司涉足这个行业，大部分也是因为软件的问题而折戟。京微雅格在软件及工具方面更为用心和注重，自主开发的Primace和Andara软件系统突破了技术瓶颈，通过软件实现综合（synthesis）、映射（mapping）、布局（placement）、布线（routing）、时序分析（timing analysis）、位流生成（bitgen）、仿真（simulation）等全流程的FPGA设计，而且软件内嵌Keil-C的AGDI接口可以帮助嵌入式软件开发者在Keil-C中编译和在线调试微控制器的固件，使得产品更适合亚洲以及国内市场应用。

从器件发展历程以及市场应用需求趋势来看，FPGA未来仍然主要朝着几大方向发展：（1）高密度、高速度、宽频带、高保密；（2）低电压、低功耗、低成本、低价格；（3）IP核复用及系统集成；（4）动态可重构及单片集群。这些发展方向并不相互排斥，从赛灵思和阿尔特拉最新发布的器件来看，已经结合了几种发展方向上的特点形成功能和性能更强大的产品。京微雅格在产品方面首创的可定制、可重构、可编程、可配置的应用平台（CAP，Configurable Application Platform）可以将FPGA/CPU//SRAM/ASIC/Flash/ADC以及其他功能模块嵌入在单一芯片中，可以帮助用户降低设计难度，提高产品的可靠性和性价比。随着集成电路设计要求的日益复杂，成本和研发周期等都成为集成电路提供者不得不考虑的重要因素。2012年对于京微雅格来说是不平凡的一年，从单一逻辑芯片的实现到量产集成SoC，京微雅格为客户带来了FPGA领域高度集成的片上系统，目前在这些方面已经申请专利技术140余项，其中已获授权专利技术有68项。金山及先前系列产品主要是集成8051单片机，而随着FPGA逻辑资源的不断增加，后续的宝山系列已经集成了ARM的Cortex M3硬核，用来满足成本和研发周期以及数据处理需求更高的开发应用，京微雅格顺势推出了架构技术。

从市场拓展方面来看，京微雅格营销采取设计导入为主的方式，发挥本土资源优势，与客户深层次地探讨新的业务和合作模式。积极发展与核心大客户间的战略性合作；主攻中等规模客户，采用直接销售及区域性分销和行业性分销相结合的策略；开展中小客户的代理分销策略。在渠道策略方面，积极地发展代理商进行区域性及行业性技术推广及客户营销与备货，加强行业性渠道商建设，为管脚兼容器件的拓展与替代做准备，同时扩大市场的覆盖率；市场策略方面京微雅格以用户设计为基础，提供低成本高性能和广适应为核心竞争力的总体解决方案，提升设计服务，针对目前自身的发展状态已经形成了完备的市场拓展组织体系。

从生态圈建设方面来看，在生态圈的上游企业中，2009年京微雅格的第一和第二颗量产的产品选择了中芯国际作为芯片制造商，选择了矽品科技作为封装厂商；在2013年开发的CME-M7产品中，集成了ARM的Cortex M3硬核，Mentor Graphics的CAN 2.0总线，Synopsys的USB 2.0和Ethernet MAC硬核等；2014年在研发的CME-C3产品中，选择了华大九天的Serdes模块；在生态圈的下游企业中，2012年根据系列产品特点，重点推广了通信、图像、显示、医疗、工控、游戏等市场细分领域，CME-M5已经应用到了图像采集、游戏机、舞台灯光、LED异步全彩等领域；2013年与海尔在智能家居项目的合作进展顺利，成功进入海尔的合格供应商目录，并利用在海尔的成功设计经验逐渐进入其他家电厂商，如海信、美的、TCL、长虹等大客户；2014年针对量产的CME-R系列产品，发掘了三星手机和国内手机研制厂商的设计机会，为低功耗产品进入消费类电子奠定了基础；同时也通过增加小封装细化现有产品线，来差异化满足汽车导航、触摸屏、缝纫设备等市场需求。京微雅格构建了一个健康可持续的生态供应圈，具有独特的产业生态，国内集成电路企业也随之进入一种资本运作的商业化操作模式。

忆往昔，坎坷路上亦从容；看今朝，华丽转身争朝夕；展宏图，犹有豪情似旧时。在经济高速发展中的各领域，如在网络、通信、电力、交通、能源等基础设施的重点领域FPGA具有宽泛的应用，然而民用市场上的FPGA器件几乎100%地依赖进口；在军工领域FPGA是卫星、火箭、导弹、飞机、军舰、雷达、战场通信、电子对抗等国防建设的各个领域中不可或缺的关键器件，对保障国家安全及产业发展至关重要，励志坚持的京微雅格誓做中国人自己的FPGA！爱国芯者，大有可为，清微淡远！
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CME（京微雅格）集成电路顶端标记




CME（京微雅格）历程


2005年10月，雅格罗技（北京）科技有限公司（京微雅格前身）成立，是Agate Logic，Inc.（成立于2005年7月）在北京的研发中心；

2007年5月，雅格罗技AG1F1芯片及其配套软件Primace v1.0发布；

2008年10月，雅格罗技AG1F16M16及Primace v1.2发布；

2009年2月，雅格罗技Angelo系列芯片及Primace v2.0发布；

2009年7月，雅格罗技并购CSwitch；

2009年10月，雅格罗技Astro芯片及Primace v3.0发布；

2010年10月，雅格罗技AstroII芯片及Primace v3.2发布；

2011年1月，由北京亦庄国际投资与雅格罗技（北京）共同投资设立京微雅格（北京）科技有限公司（CME）成立；

2012年7月，京微雅格CME-M5（金山）系列产品发布；

2012年12月，京微雅格CME-M7（宝山）系列产品发布；

2013年1月，京微雅格荣获工信部2012年全国优秀IC和电子产品优秀解决方案奖和2012年度中国最佳FPGA市场创新奖。


二 集成电路星景图

[image: ]


在我作为初学者的时候，经常会去看电子杂志上的广告去认识各个品牌，那个时候我就在想如果能够有一张图，可以从我们所知道的品牌由浅入深地了解半导体集成电路的品牌，那样即可在短时间内尽可能掌握该行业的更多状况。后来在和同事分享集成电路品牌的时候，也发现同事们在熟悉半导体品牌的时候非常困难，特别是转行过来的同事，于是就想做一张图来为同事分享所用。对于电子行业的初学者来说，尽可能掌握更为全面的行业知识至关重要，无论是提高工作激情和从事电子行业的自信心，还是在后续的职业规划以及工作习惯的养成方面。万事开头难，希望分享的这张图能够为初学者带来一些学习方面的参考，虽不是很全但至少从认知角度提供了一个方向。


集成电路分拆收购星景图


1919年7月1日，Auer-Gesellschaft、AEG和Siemens&Halske AG将它们的光源生产部门进行整合成立了OSRAM；

1968年7月，罗伯特·诺伊斯（Robert Noyce）、戈登·摩尔（Gordon Moore）和安迪·葛洛夫（Andrew Grove）创立英特尔（INTEL）；

1969年5月，杰里·桑德斯（Jerry Sanders）、杰克·吉福德（Jack Gifford）、Ed Turney、John Carey、Sven Simonsen、Frank Botte、Jim Giles以及Larry Stenger仙童八个同事一起辞职创立超微（AMD）；

1978年，西门子（Siemens）成为欧司朗（OSRAM）唯一的股东；

1981年9月26日，凌力尔特（Linear）由Bob Widlar在先后经历过仙童和国半的模拟历练之后和Bob Swanson以及Bob Dobkin创办；

1983年，从Intersil CEO职位上离职的杰克·吉福德（Jack Gifford）组建了MAXIM（美信）；

1989年，德国西门子和日本松下联合成立西门子松下（Siemens Matsushita Components）；

1990年1月，AVX集团加盟京瓷（KYOCERA Corporation）；

1990安谋（ARM）无需Acorn和Apple提供合作即可独立制定新微处理器标准章程，VLSI Technology成为投资商和第一个授权使用方；

1996年，Cirrus Logic（凌云逻辑）分拆原旗下一个部门成立Lexar（雷克沙）；

1997年，仙童脱离美国国家半导体更名为飞兆半导体（Fairchild Semiconductor），简称FSC；

1987，年意大利SGS微电子公司和法国汤姆逊（Thomson）半导体合并成立意法半导体（ST）；

1998年5月，SGS-THOMSON Microelectronics更名为意法半导体（STMicroe-lectronics）；

1998年，AVX/Kyocera收购汤姆逊（Thomson）无源元器件公司；

1998年，威世收购TEMIC半导体业务部分，这部分业务包括了特洛芬肯（Telefunken）和硅尼克斯（Siliconix）80.4%的股份；

1999年4月，西门子（Siemens）半导体部剥离成立中文名称为亿恒科技，2002年后更名为英飞凌（INFINEON）；

1999年10月，西门子松下被更名为爱普科斯（EPCOS）；

1999年，摩托罗拉（Motorola）旗下半导体部门独立出来成为安森美（ON Semiconductor）；

1999年，现代（HYUNDAI）和乐金（LG）两家DRAM部门合并而成海力

士（Hynix Semiconductor）；

1999年，HP将测试部门独立出来成立安捷伦（AGILENT）；

1999年，HARRIS实现了重组项目，并将其原有半导体业务整合到名为英特矽尔（INTERSIL）的新公司名下；

1999年，NEC与日立的存储器部合并于2000年取名尔必达（ELPIDA）；

2000年3月，深圳市中兴集成电路设计有限公司由深圳市中兴通信股份有限公司与国家开发投资公司共同投资创立；

2000年8月，朗讯科技微电子部分拆出杰尔系统（Agere System）独立上市；

2000年8月25日，德州仪器（TI）收购Burr-Brow；

2001年1月29日，MAXIM（美信）用约25亿美元收购Dallas Semiconductor；

2001年，威世（VISHAY）以1.2亿美元购买英飞凌科技（Infineon Technologies）的红外线元件业务；

2001年，威世（VISHAY）收购全球二极管和整理器领先的制造商通用半导体（General Semiconductor）；

2001年，SiRF Technology支付相当于4600万美元的670万股Sirf的普通股收购科胜讯（Conexant Systems）GPS晶片集部门；

2002年，Intersil以14亿美元收购Elantec Semiconductor；

2002年6月，思佳讯（SKYWORKS）由Alpha Industries与科胜讯（Conexant Systems）无线通信部门合并而成；

2003年4月1日，瑞萨科技（Renesas Technology）由日立半导体事业部和三菱电机半导体事业部合并而成；

2003年7月，GlobespanVirata出价3.65亿美元收购Intersil无线网络产品部门；

2003年10月，摩托罗拉（Motorola）宣布剥离出飞思卡尔半导体（Freescale Semiconductor）；

2003年，科胜讯（Conexant Systems）收购DSL，Wi-fi解决方案提供商GlobespanVirata；

2003年，AMD与富士通的各自闪存部门合并成立飞索（SPANSION）；

2003年，芯科（Silicon Laboratories）通过收购Cygnal Integrated Products成功进入MCU领域；

2004年3月，Intersil宣布以5.29亿美元收购Xicor；

2004年10月，华为ASIC设计中心注册成立深圳市海思半导体有限公司（HiSilicon Technologies）；

2005年12月2日，安捷伦半导体事业部（Agilent）更名为安华高（AVAGO）；

2006年1月24日，德州仪器（TI）收购Chipcon；

2006年3月，美光（MICRON）收购知名的存储卡生产商Lexar（雷克沙）；

2006年5月，英飞凌（INFINEON）分拆而成新内存公司奇梦达（QimondaAG）；

2006年7月24日，AMD以54亿美元巨资收购ATI（Array Technology Industry）；

2006年10月，飞利浦（Philips）半导体剥离出来更名恩智浦半导体（NXP Semiconductors）；

2006年11月，美满电子（Marvell）以6亿美元整体收购英特尔（INETL）XScale手机及手持设备芯片业务；

2006年12月6日，LSI Logic Corporation以40亿美元收购杰尔系统（Agere System）2007年4月2日杰尔系统被并入LSI Corporation；

2006年12月，美光科技（MICRON）以5300万美金收购安华高科技（Avago Technologies）的图像传感器业务；

2006年，高通（Qualcomm）收购Airgo和RFMD的Bluetooth资产；

2007年2月，恩智浦2.85亿美元收购Silicon Labs Aero产品线；

2007年4月，威世（VISHAY）完成对International Rectifier®某些分立半导体与模块产品线的收购；

2007年8月20日，英飞凌（INFINEON）出资3.3亿欧元外加与业绩挂钩的3700万欧元收购LSI Corporation集团的移动产品业务；

2007年8月20日，RF Micro Devices（RFMD）收购Sirenza Microdevices；

2007年8月25日，艾科嘉（Exar Corporation）收购Sipex Corporation；

2007年9月，联发科（Mediatek）以大约现金3.5亿美元收购亚德诺（ADI）的基带产品线包括ADI一些手机基带支持业务；

2007年10月，基美（KEMET）收购爱普科斯（EPCOS）的钽业务；

2007年，安森美（ON Semiconductor）现金1.85亿美元收购ADI（Analog Devices）电压控制和热量监控产品线；

2007年，联发科（MediaTek）收购明基电通（BenQ）旗下子公司络达科技（Airoha）；

2007年，NetLogic Microsystems耗资1200万美元收购赛普拉斯（Cypress Semiconductor）网络搜索引擎产品线；

2008年1月，展讯通信SPRD（Spreadtrum Communications）成功收购美国射频芯片公司Quorum Systems；

2008年2月，Atmel支付大约8800万美元收购Quantum Research Group，2012年启用公司新标识；

2008年4月，达尔（Diodes Incorporated）提出以9160万英磅收购Zetex（捷特科）；

2008年5月，NXP收购科胜讯（Conexant Systems）机顶盒业务；

2008年5月30日，罗姆（ROHM SEMICONDUCTOR）约8.56亿美元收购OKI半导体，成立LAPIS Semiconductor作为罗姆集团的一员；

2008年7月，由华邦电子（Winbond）分割旗下逻辑IC事业成立新唐科技（Nuvoton Technology）；

2008年10月10日，安森美（ON）通过以股换股进行合并的方式完成收购Catalyst Semiconductor；

2008年，英特尔（INETL）闪存和STMicroelectronics（ST：意法半导体）闪存部合并，与Francisco Partners合资成立恒忆（NUMONYX）；

2008年，英特尔（INETL）成为Imagination Technologies第二大股东；

2009年2月，成立的ST-Ericsson整合了意法半导体无线半导体业务（ST-NXP Wireless）和爱立信手机平台部门；

2009年3月2日，AMD分拆出格罗方德（GlobalFoundries）；

2009年5月，浪潮集团山东华芯半导体（Sinochip Semiconductors）收购奇梦达中国研发中心；

2009年6月，美光（MICRON）分拆出售旗下影像处理技术子公司Aptina Imaging；

2009年6月，中兴集成电路进行股份制改造并正式更名为国民技术（Nationz Technologies）现隶属中国华大集成电路；

2009年6月29日，SiRF和CSR全资子公司正式完成合并组建成为一家提供连接和移动平台的单一业务提供商；

2009年10月1日，由TDK电子元件事业部门与德国爱普科斯集团及其附属机构合并而成TDK-EPC；

2009年12月7日，IXYS以6240万美元收购微控制器制造商Zilog semicon-ductor；

2009年12月16日，安森美（ON Semiconductor）以每股股份4.70美元要约收购收购California Micro Devices（CMD）；

2009年，高通（Qualcomm）6500万美元现金收购AMD掌上设备资产包括绘图芯片技术在内；

2010年3月22日，Intersil以每股18.50美元现金进行要约收购Techwell，包括Techwell净现金及与现金等值项目约为3.7亿美元；

2010年4月1日，瑞萨科技和NEC电子合并成立新公司瑞萨电子（Renesas Electronics）；

2010年4月4日，德州仪器（TI）兼并国家半导体；

2010年4月8日，微芯（MICROCHIP）以2.73亿美元收购Silicon Storage Technology（SST）；

2010年5月，微芯（MICROCHIP）将NAND Drive 业务出售给Greenliant Systems；

2010年6月24日，博通（Broadcom）以全现金出价收购Innovision Research&Technology PLC已发行和将发行的股票；

2010年10月18日，博通（Broadcom）宣布以约3.16亿美元收购Beceem Communications；

2010年，美光（MICRON Technology）斥资12.7亿美元收购闪存芯片制造商恒忆半导体（NUMONYX）；

2010年，格罗方德（GlobalFoundries）收购特许半导体（Chartered Semiconductor）；

2011年1月4日，安森美半导体（ON Semiconductor）宣布已完成收购三洋电机附属公司三洋半导体株式会社（SANYO Semiconductor）；

2011年1月24日，芯成半导体（ISSI）以约2000万美元收购矽恩微（Si-En Technology）；

2011年1月28日，安森美（ON）以约3140万美元全现金交易收购赛普拉斯（Cypress Semiconductor）CMOS图像传感器业务部（ISBU）；

2011年1月，SMSC掷金2.84亿美元收购科胜讯（Conexant Systems）；

2011年5月，思佳讯（SKYWORKS）以2.64亿美元收购模拟芯片供应商研诺逻（AATI）；

2011年5月17日，思佳讯（SKYWORKS）以2.75亿美元现金收购RF前端组件供货商SiGe Semiconductor；

2011年6月，奥地利微电子（AMS）以3.2亿美元收购Texas Advanced Optoelectronic Solutions（TAOS）之后采用新公司名称和标识；

2011年6月18日，CSR以4.84亿美元收购美国多媒体及网络通信芯片解决方案供应商Zoran Corporation；

2011年7月18日，Maxim斥资约1.3亿美元并承担约3400万美元债务收购MEMS公司SensorDynamics；

2011年8月15日，Google以总共125亿美元（每股40美元）收购摩托罗拉移动；

2011年12月，凌力尔特（Linear Technology）收购美国DustNetworks拓展无线传感器网络产品能力；

2011年，博通（Broadcom）用37亿美元兼并NetLogic Microsystems；

2011年，美高森美（Microsemi Corporation）以约为4.3亿美元收购爱特（Actel Corporation）；

2011年，美高森美（Microsemi Corporation）以约为5.25亿美元收购Zarlink Semiconductor；

2011年，高通（Qualcomm）31亿美元收购创锐讯（Atheros Communications）；

2012年1月30日，村田制作所Murata Electronics Europe B.V.完成收购VTI Technologies Oy；

2012年3月1日，村田制作所（Murata Manufacturing）收购瑞萨电子的功率放大器业务部门和瑞萨东日本半导体的长野元器件本部业务；

2012年3月，SK电信成为海力士第一大股东公司名称改为SK hynix Inc.；

2012年5月，微芯（MICROCHIP）斥资约9.39亿美元收购Standard Microsy-stems（SMSC）；

2012年6月1日，三星收购开发Wi-Fi低能耗芯片的瑞典厂商Nanoradio；

2012年6月23日，联发科（MediaTek）以38亿美元收购晨星半导体（MStar Semiconductor）；

2012年7月4日，美光（MICRON）以25亿美元收购Elpida Memory；

2012年7月17日，三星3.1亿美元收购芯片公司CSR手机专利技术；

2012年9月5日，MAXIM（美信）启用新标识名称已经变为Maxim Integrated不是以前的Maxim；

2012年10月，达尔（Diodes Incorporated）收购龙鼎微电子（Power Analog Microelectronics，PAM）；

2012年10月，赛普拉斯（Cypress Semiconductor）以每股3.1美元现金交易总额达到1.098亿美元并购Ramtron International；

2012年10月18日，AVX Corporation耗资8600万美元收购尼吉康（Nichicon Corporation）钽电部；

2012年11月5日，RF Micro Devices（RFMD）收购Amalfi Semiconductor（AMALFI）；

2012年12月27，达尔（Diodes Incorporated）以约1.51亿美元收购新进半导体（BCD Semiconductor）；

2012年，ARM出资1.675亿美元购买MIPS相关专利；

2012年，图形IP授权商Imagination Technologies出资1亿美元收购MIPS；

2012年，U-blox收购Cognovo和4M Wireless，苹果收购Anobit，AMD收购SeaMicro，Qualcomm收购Pixtronix和DesignArts；

2012年12月，Cypress以1.098亿美元收购Ramtron；

2013年5月，Spansion以1.75亿美元收购Fujitsu Semiconductor；

2013年6月，Silicon Labs以1.15亿美元收购Energy Micro；

2013年7月，Exar公司以2900万美金收购Cadeka微电路。


三 分销代理星景图
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半导体分销商随着原厂南征北战，在诸多半导体原厂销售份额中占有半壁江山，在了解半导体厂商的同时更需要了解半导体分销商这一特殊的群体，半导体分销商布局图基本上涵盖了全球排名前十的分销商，以及本土知名的分销商和区域分布。这张图能说明很多分销行业的状况，但也有很多不同类型的分销商不在其中，比如独立分销商、混合分销商、目录代购商和电子商务分销商等，伴随着分销模式的不断创新和电子行业的发展，还会有更多的分销商加入其中，共同演绎五大同分销。


分销代理星景布局图



（一）安富利收购历史


1991年，财年以来安富利完成了82家公司的收购，1991年安富利收购英国半导体分销商Access Group；

1995年，通过收购WKK和Mercuries and Associates而正式切入亚洲市场；

2001年4月，安富利以5.5亿美元收购IP&E专业分销商肯特电子（Kent Electronics）；

2001年5月，安富利以现金交易方式收购晨兴电子（Sunrise Technology）及两项关连业务Shanghai Logistic和ChinaTronic科技；

2002年09月，安富利向Max India Limited收购驻印度班加罗尔（Bangalore）合资公司Avnet Max剩余的40%股]份；

2005年4月26日，安富利以价值6.76亿美元的股票和现金收购科汇集团（Memec Group Holdings）；

2007年1月16日，安富利收购Access Distribution后者是一家Sun Microsystems的分销商；

2007年，安富利收购天蓝科技（Azure Technologies），天蓝科技是一家位于马来西亚和新加坡的IBM系统分销商；

2008年1月3日，安富利宣布完成收购香港杨氏电子有限公司（YEL Electronics）；

2008年1月，安富利收购总部设在英国从事高级半导体与嵌入式系统的产品设计及分销企业Azzurri；

2008年4月，安富利收购总部设在爱尔兰的分销商Horizon；

2008年5月，安富利以130亿美元的高价收购了印度最著名的系统集成商Ontrack Solutions；

2008年12月5日，安富利收购日本东京增值分销商日本电装工业株式会社（Nippon Denso Industry Co.，Ltd.简称NDI）；

2009年，安富利收购Sunshine股份（越南）、Abacus集团，并控股中联集团（中国）；

2010年3月，安富利以5.94亿美元收购了美国Bell Microproducts，以加强在数据存储及其他计算机产品领域的优势；

2010年5月，安富利收购日本Unidux，这一收购将使安富利在日本的业务迅速扩大3倍；

2010年10月，安富利收购了中国的裕能达电气有限公司；

2011年5月18日，凌晨安富利周二宣布已同意收购总部位于法国巴黎的技术分销商Amosdec SAS；

2011年8月1日，安富利收购台湾电子元件分销商合讯科技股份有限公司（简称“合讯科技”），宣布已经收购互联、无源和机电（IP&E）元件分销商台湾得毅实业股份有限公司（以下简称“得毅实业”）及其子公司上海立良国际贸易有限公司（FR International Trading）；

2012年7月6日，凌晨安富利周四宣布已同意收购日本电路和芯片供应商Internix Inc并将对该公司的股票展开一次要约收购；

2012年08月03日，安富利（Avnet）已经收购了CGR电子公司其电子元件流通业务的营业资产；

2013年3月21日，安富利宣布已同意收购RTI控股有限公司的股份，与此同时安富利还将收购富威科技中国有限公司、易达利科技中国有限公司和DSP Solutions Limited三家相关实体的股份。


（二）艾睿收购历史


1968—1969年，艾睿电子收购GCS Electronics Division，收购Schuylkill Products Company and Schuylkill Lead Corp；

1973年，艾睿电子收购Kay Electric Supply Co；

1979年，艾睿电子收购Cramer Electronics；

1982年，艾睿电子收购Computrend and Computer Products Supply Co和Tower Olschan Corp；

1984年，艾睿电子收购Cesco Electronics（Canada）；

1985年，艾睿电子收购Spoerle Electronics（Germany）40%的股权进入德国市场；

1986年，艾睿电子收购Axiom Electronics（England）；

1987年，艾睿电子收购Ducommun电子分销业务包括 Kierulff Electronics、Ducommun Data和MTI，在日本与Teksel合作Arrow/Tek；

1989年，艾睿电子收购RR Electronics Ltd（England）和Retron Group（Germany）；

1991年，艾睿电子收购北美第三大经销商Schweber and Almac Electronics，收购SilverStar Ltd（Italy）50%的股权，收购Holland's Diode；

1992年，艾睿电子收购European Lex Service PLC；

1993年，艾睿电子通过收购Components Agent进入亚太市场，收购香港CAL Group，收购Spoerle Electronic 15%的股权和Microprocessor and Memory Distribution（UK），Amitron S.A.，ATD Group in Spain and Portugal，and CCI Electronique in France；

1994年，艾睿电子收购Gates/FA Distributing and Anthem Electronics形成Gates/Arrow Electronics，收购瑞典TH Electronik AB，丹麦的Exatec A/S，法国Megachip集团，北欧地区的Field Oy，Spoerle Electronics（Germany）增股70%，增加持有SilverStar；收购香港Texney Glorytact和澳洲Veltek Australia Pty以及Zatek.Australia Pty；

1995年，艾睿电子收购New Zealand-based加Instrumentation Ltd，Spoerle收购HED Heinrich Electronic Distribution GmbH；

1996年，艾睿电子收购FES 集团（Premier Farnell集团PLC），Silverstar收购Milan-based Eurelettronica S.p.A.；

1997年，Gates/Arrow收购Consan Inc.，SupportNet，Inc.，and Scientific and Business Minicomputers Inc.（SBM）；

1998年，艾睿电子收购Richey Electronics和Bell Industries，在日本合资Marubun Corp，收购伊比利亚Unitronics Componentes，S.A.，Spoerle收购瑞士Industrade AG；

1999年，艾睿电子取得Panamericana Commercial Importadora S.A.（巴西）和Elko Group（阿根廷）多数股权；

2000年，艾睿电子收购Wyle components 和VEBA电子系统部门，以1.1亿美元现金收购Merisel Open Computing Alliance（MOCA），收购Dicopel S.A.de C.V.（墨西哥）和Rapac（以色列）的多数股权，收购Tekelec（法国）和Jakob Hatteland Electronics（挪威）；

2003年1月23日，艾睿电子以约为2.85亿美元现金收购Pioneer-Standard旗下Industrial Electronics Division（IED）部门的所有资产；

2004年5月28日，艾睿电子（Arrow Electronics）日前宣布该公司已经与Disway AG达成收购协议；

2005年11月1日，艾睿电子宣布成功完成对以台湾奇普仕科技（Ultra Source Technology）公开现金收购，艾睿电子将以6250万美元的总收购价获得奇普仕70.7%的普通股；Arrow Sasco和Holz Elektronik完成合并并作为Arrow Sasco Holz Gmbh；

2006年，艾睿电子收购加拿大SKYDATA Corporation，收购Alternative Technology和InTechnology PLC的存储和安全分销业务；

2007年1月10日，艾睿电子收购Agilysys KeyLink Systems Group，并购日本Universe Electron Corporation；

2007年3月30日，艾睿电子收购澳大利亚分销商Adilam Pty Ltd之元器件分销业务；

2008年3月11日，艾睿电子宣布收购Achieva公司旗下的元件分销部门和LOGIX S.A.；

2008年11月21日，艾睿电子宣布已完成对Excel Tech、Inc.（Excel Tech）和Eteq Components Pte Ltd.（Eteq）的收购；

2009年11月18日，艾睿电子收购特种电线电缆供应商A.E.Petsche；

2010年4月7日，艾睿电子收购逆向物流服务供应商Converge以及电子元件目录零售商Verical Inc；

2010年6月21日，艾睿电子已收购了斯芬克斯集团（Sphinx Group Ltd）；

2010年9月10日，艾睿电子已完成了对Shared Technologies Inc收购；

2010年10月1日，艾睿电子斥资2.2亿美元收购Richardson Electronics旗下RF、无线与电源部门（Richardson RFPD）的全部资产与业务的最终协议，除了收购这家北美地区分销商排名第14位的Richardson，就在此前一周左右艾睿宣布以1.28亿美元全现金方式收购Nu Horizons Electronics（北美地区市场排名第九）；

2011年8月9日，艾睿电子周一宣布已报价每股2857美元收购日本电子元器件供应商Chip One Stop；

2012年1月5日，艾睿电子宣布已完成收购北京合众达电子技术有限责任公司（SEED International）的所有资产和分销业务；

2012年4月3日，艾睿电子收购Altimate Group；

2012年12月18日，艾睿电子将收购Waching Company旗下无线与基础架构业务部的所有资产和业务。


（三）大联大收购历史


2005年11月9日，世平与品佳公司透过股份转换方式合组大联大投资控股股份有限公司；

2008年7月16日，大联大以股份转换方式取得凯悌股份有限公司100%股权；

2009年2月1日，大联大以股份转换方式取得诠鼎科技股份有限公司100%股权；

2010年7月1日，大联大控股子公司世平集团以现金收购方式取得全润电子有限公司100%股权；

2010年8月1日，大联大控股子公司品佳集团以现金收购方式取得SAPL电子零组件代理业务；

2010年11月15日，大联大以股份转换方式取得友尚股份有限公司100%股权；

2011年10月1日，大联大控股子公司品佳集团以现金收购方式取得圳恒科技投资（中国）有限公司电子零组件代理业务；

2011年11月1日，大联大控股子公司诠鼎集团以现金收购方式取得奇城移动有限公司电子零组件代理业务；

2012年3月1日，大联大以股份转换方式取得大传企业股份有限公司100%股权；

2012年7月1日，大联大控股子公司世平集团以现金收购方式取得隆昕集团之大中华区电子零组件代理业务。


（四）文晔收购历史


2004年，子公司英晟科技股份有限公司与新像科技股份有限公司合并；

2008年，文晔及文晔百分之百间接持有之子公司Promising Investment分别以现金收购所罗门股份有限公司之部分半导体零件经销代理业务与所罗门之香港子公司庆成企业有限公司之全部股份；

2009年，文晔收购茂宣企业（股）；

2010年8月24日，宣布将以现金1680万美元，并购韩国当地IC通路商BSI Semiconductor（BSI北星电子）之所有股权，并透过BSI北星电子取得香港以及韩国等地关系企业所有股权使其成为100%持有之子公司；

2011年，文晔以现金取得NSU Semiconductor所有股权，文晔收购棋港电子NS分销业务；

2012年，文晔收购志远电子（股）。


（五）其他代理商收购包括


技术经销商英迈国际（Ingram Micro）斥资6亿5000万美元收购无线设备经销商亮点（BrightPoint Inc）；

Premier Farnell（Newark母公司）收购东欧的一家小分销商和CAD设计软件公司CadSoft；

Online Components则购买了Evalkits.com；

2008年，末日本前三大分销商Macnica收购香港授权分销商骏龙科技（Cytech）之后再次出手获得台湾分销商茂纶6成股权；

2011年，新晔并购时保晶电；

2012年，E络盟宣布完成对深圳市英蓓特收购；

TTI，Inc.是伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）的下属公司之一，TTI之前的收购包括贸泽电子、萨格尔电子（Sager Electronics）、法国Mateleco、以色列Net-Aye、英国Campbell Collins和中国NPCS Autotronics公司；

2012年9月19日，TTI宣布收购一家中国分销商上海恩披电子贸易有限公司。


四 电子分销这些年系列

电子分销这些年！以最为真实的故事和清晰的分销节点变化为读者展现最为全面和全新的电子分销视角和脉络，感动与感恩掺绕，现实与想象交织，历史与未来胶着，笃实而行于思。行久，方显执着；思久，方才远见！

见证你的路—写给电子行业同仁

别人看到你的明天，我们看到你的昨天；

别人看到你的成就，我们看到你的奋斗；

别人看到你的收获，我们看到你的付出；

别人看到你的荣耀，我们看到你的执着。

导语 我眼中的集成电路分销

对于集成电路分销行业的同仁们来说这是一个最坏的年代。我们将面临经济周期调整带来的诸多不确定因素的影响，产业结构转型升级和由追求量的增长的粗放型市场经济需求转变成为集约型的对质的严格调控的市场经济需求所带来的真实需求和采购习惯的变化。快速适应这些变化对于我们来说是前所未有的挑战，于是我们看到的，我们听到的以及我们所想的都是集体无意识的转型。

我们将面临大型航母级代理商规模化的优势和成熟的销售执行流程对我们致命的打压和挫伤，它们日趋布局完善的营业网点基本上控制着当地大型电子制造企业采购需求份额，它们日趋庞大的营销队伍在逐渐的侵蚀着中型乃至是中小型客户的主要器件，它们依托半导体原厂和先进的技术优势资源，技术支持和销售甚至是原厂工作人员忙碌地穿梭在各个客户之间，只河南省新增知名代理商办事处不下8家，原厂办事处1家，有办事处的代理商正在积极扩招，没有办事处的也跃跃欲试，于是我们看到的，我们听到的以及我们所想的都是集体无意识的转型。

我们将面临习惯运用电子商务模式获取大量客户资源和需求信息的目录式分销商，在客户资源和小批量采购上对我们的挤兑，如果说这两年最火的产品是智能手机和平板电脑的话，那么在集成电路分销领域最火的无疑是规模化电子商务目录式网站和小批量代购。这一块汇集了原有电邮目录式分销商已成功运营多年的电子商务网站，并且在不断优化供应资源，研发设计前期需求资源的整合，电子论坛和社区以及在当地互补业务的收购；这一块汇集了全球前几大原厂授权代理商所创建的电子商务网站，并且成立专门的营销团队或者委托专业机构独立运营；这一块汇集了国内知名代理商创建上线的电子商务网站，依托本土服务优势和上游渠道资料，整合专业领域市场资源展开差异化的竞争；这一块汇集了本土优秀分销企业和电子商务网站所开辟的目录式分销代购业务，快速及时准确的电子商务采购体验使年轻一代的采购人员和工程师们蛰伏；这一块也汇集了本土优秀的分销企业自营上线的电子商务网站和成千上万的网购店主，他们更灵活，服务更周到，产品价格更低，产品类型和品质更五花八门。据统计，目前我们熟知的海外目录式分销商网站有4家，海外代理商电子商务网站有4家，本土代理商电子商务网站有4家，本土目录式代购电子商务网站有4家，本土分销商自营店商务网站至少4家，还有数以千计的电子商务店主，而这还未包括我们所不知的或者是正在打算进军电子商务的同行，于是我们看到的都是集体无意识的转型。

我们将面临更多的是由旧货、假货、散货或者是翻新货等以次充好的市场带给我们极大的冲击和精神上的折磨，曾看过不少客户电路板上的器件，以电源器件为例有超过60%的中小客户曾经使用过，或正在使用，或将要使用非正规的产品，这是集体无意识的转型；今天很残酷，明天更残酷，是转型还是坚守对于我们来说都是一个非常沉重的课题，转型意味着找死，坚守意味着等死，大部分的人都去找死了，而有理想和信念的人在探索这转型和坚守之间的灰度。

对于本土集成电路分销行业的同仁们来说这是一个最好的年代，我们即将迎来营销理念和销售策略上的转变，我们应该庆幸我们生在这个具有悠久历史文明的国度，古人和前辈为我们提供了不尽的经验和财富，范蠡的“夏则资皮、冬则资絺、旱则资舟、水则资车，以待乏也。”可视为其中的代表，用这样的思想武装过的头脑如果稍加注意即会拓展我们的思维模式。可以断定在不久的将来，集成电路分销行业在国内的营销模式以及业态会呈现百花齐放、百家争鸣的一派繁荣景象。我们一直试图在寻找，而非人云亦云，但这需要沉淀。我们即将迎来国内渠道资源上的整合，国内分销市场一直被海外分销企业雄霸，至今无一家本土分销企业能冲破此魔咒，国内分销企业众多但大都是在彼此之间竞争，如果有谁能领导群雄与海外企业竞争，这才是我们所希望看到的，坚信在不久的将来会有一家或者几家企业担此重任。伴随着入市制度的健全和对利基市场的耕耘，被别人取消了代理权不可怕，那是因为我们的成长和壮大让他们感到了危机，而当我们再度雄起的时候，这儿我们做主！可以欣喜地看到行业中值得尊敬的人或者是企业正在试图整合国内渠道资源，师夷长技以自强，师夷长技以制夷，担当使命，但这需要沉淀。我们即将迎来国内集成电路设计产业的繁荣发展，国内集成电路设计产业的发展必将推动和带动国内集成电路分销行业的发展。我们不要企图用三十年的发展走完人家六十年的成长历程，但我们可以携手分享成功果实，善于利用和整合本土原厂优势资源开创分销先河，至少台湾经验可以借鉴，但这需要沉淀。我们即将迎来分销服务观念上的创新，比如火锅行业差异化的服务值得借鉴，他们甚至可以把排队就餐做成一种文化，把快乐用餐的情绪无微不至地传递出去。这不能不说是一种高度。集成电路分销行业说到底是一个彻头彻尾的服务行业，而恰是最有可以发掘成长潜力的行业，客户更在乎的是一种体验，而非产品本身。伴随着需求多样化的快速增长和对服务越来越高的要求，定制化终端产品背后所蕴藏的集成电路分销行业销售机会越来越多，差异化的服务可以助力我们开疆扩土，迎难而上，这是一种理念，一种行动而不仅仅是口号。

我们身处的这个行业，我们深知的这个年代，前景无限好，现实很残酷，痛定思痛方能进步，草莽英雄辈出恰遇高人指点迷津方显英雄本色，道正方能术正：

富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也；

贫与贱，是人之所恶也，不以其道得之，不去也。

系列之（一）触及集成电路分销

我1997年大学毕业后在华为当时的传输试制部就职，也就是从那时开始接触电路板，接受了DWDM和SDH等专业知识的培训。当年我的一个朋友经过努力进入了富士康，另外一个朋友就职一家专注于电子零部件的报纸广告公司。我们经常会去深圳的赛格转转，当时的赛格简直就像是一个专业的集贸市场。人声鼎沸，环境噪杂，各式各样的电子零部件以及成品都有，电脑、测试测量仪器仪表、电缆线缆接插件、电阻、电容、二三极管、数码管等，当然还有放在柜台里，通过透明玻璃可以看到的集成电路，形形色色的人用不同的方言说着不一样的事情，忙碌的身影和昏暗的灯光交织着，麻利的脚步和流水般的人群融汇着，日夜不停息。

就是在那个时候我知道了朗讯、安捷伦、西门子、爱立信等，从柜台里看到了书本上曾经学过的80C196、ADC0809、74LS164等；就是在那个时候我知道了英特尔除了做CPU，也做单片机和闪存以及网口芯片，每次看到这些芯片都想多看几眼，问问柜台老板一些莫名其妙的技术参数，然而得到的回答却总是一致的答案；就是在那个时候我知道了这些仰慕已久的遥远品牌的产品原来就在我们身边，花钱就可以买到；就是在那个时候我知道了集成电路也可以通过柜台进行销售，而且对其功能一无所知照样不妨碍生意的火爆。殊不知那个时候仙童脱离美国国家半导体（NS）更名为飞兆半导体（FSC），尽管时至今日还有人称之为仙童；殊不知那个时候的意法半导体（ST）是由意大利 SGS半导体和法国汤姆逊半导体合并而来；殊不知那个时候西门子半导体正式更名为英飞凌（INFINEON）；殊不知那个时候摩托罗拉分拆旗下半导体部门称之为安森美（ON）；殊不知那个时候HARRIS实现了重组项目并将其原有半导体业务整合到名为英特矽尔（INTERSIL）的新公司名下；殊不知那个时候海力士（HYNIX）是由现代（HYUNDAI）和乐金（LG）两家的DRAM部门合并而成；殊不知那个时候NEC与日立的存储器部合并取名尔必达（ELPIDA）；殊不知那个时候德州仪器（TI）收购Burr-Brow，美信（MAXIM）并购了Dallas Semiconductor；殊不知那个时候集成电路分销已经由统购包销转移到柜台零售，正规渠道与非正规渠道共舞的市场；殊不知那个时候国内已经掀起了学习单片机的热潮，深圳中电器材、广州周立功、福建贝能、武汉力源、深圳世强电讯、杭州利尔达等已耕耘多年；殊不知那个时候大批的香港分销商和台湾分销商已经进入大陆市场，开始试水电子分销业务；殊不知那个时候艾睿通过收购Components Agent进入亚太市场开始布局电子分销业务，安富利通过收购香港晨兴及其附属子公司进军大陆，分销格局已经初现。现在回想起来，那个时候应该是我最早触及集成电路分销的时候。

两年后，做广告的朋友通过一个台湾代理商在深圳设立的办事处，开始做集成电路销售，富士康的朋友也已经晋升，而我却被这个不相信眼泪的城市抛弃，边缘化的我回到了武汉。当时的心境恰如泰戈尔的诗中描述：

曾经的经历笼罩了整个世界，

无边的天宇变得姿态万千。

正是在这离愁，夜夜默望着星辰。

系列之（二）涉足集成电路分销

我选中了几个目标，认识了面试我的人，后来我的经理，印象中她问了我很多问题，我们聊了很久也很投机，就这样我开始涉足集成电路分销行业。

接下来的销售工作，我放弃了公司让我来接手进行管理和维护的原有客户，转向新客户的开发和跟踪。于是我开始了大面积的网络搜索目标客户，当时的网络信息数据量还较少，只能从网络上了解到一点信息或者是文章中的只言片语，有的时候甚至是一个客户名的简称，后来才学会了配合黄页进行客户信息匹配和打电话预约，然后一边整理这些客户的信息一边跑客户，同一个地方有两个客户我就直接去登门陌生拜访，顺便“扫楼”。也就是在那时我知道了原来老板也曾经有过艰苦奋斗的历史和呕心沥血的付出才换来今天的壮大和发展，于是全力以赴，更加努力工作，以求获得更多的客户信息和拜访。我曾经坐着发烫的公交车穿梭在客户之间，我曾经冒着高温徒步走过钢架结构的长江二桥寻找客户，我曾经有过多次半天寻找地址不详的客户，傍晚失望返回，我曾经几乎每天衣服都是湿透了干，干了又湿，有一个多月走烂过一双皮鞋，也曾经和经理混迹在华中电脑城和汉阳前进四路热闹的集成电路批发零售市场，只为心中坚实的执着和信念。功夫不负有心人，我的努力付出终于得到了公司同事们的集体认可并顺利在到公司两个月之后得到了客户的订单，进而转正。

半年后，顺应公司发展和扩张的需要，我和公司另外两名元老级同事加上老板一起进驻上海张江高科集电港开拓长三角集成电路通信行业分销业务。开发客户对于此时的我已是轻车熟路，只是换了一个区域换了一个工作环境，凭借以往的经验和失败的教训我很快就开展了自己的业务，在到上海不到两周的时间我便赢得了常州一个客户的订单。接下来的工作就是每天乘坐地铁转火车穿梭在上海与周边城市之间，按部就班的平淡中有些少许的惊喜却也不足为奇。清楚地记得有一年生日是在常州的一家小旅馆里一个人孤独度过的，没有蛋糕和庆祝，没有熟悉的人，没有思念的人，没有一个电话或者是短信，一个人默默地守望着天花板发呆，在一个陌生的城市里，也许我已经习惯了这样的陌生，夜深人静的孤寂到麻木曾经就觉得这个世界似乎忘记了我的存在，那一夜我有的是无边的忧伤和莫名的向往喧嚣，我有的是明天要做集成电路分销的事情，我有的是我已经意识到自己存在的责任和担当，我庆幸我很清晰。

就是在那个时候我知道了武邮烽火、海康威视、南自、南瑞和国光通信等；就是在那个时候我知道了中芯国际、华虹NEC、日月光、台积电、宏力以及苏州的和舰等；就是在那个时候我知道了苏州工业园区有国半、超微半导体、日月新、飞兆的封装厂以及三星和OEM等；也就是在那个时候我知道了展讯、上海复旦微电子、凯明信息和上海赛格。殊不知那个时候日立半导体事业部和三菱电机半导体事业部合并而成瑞萨科技；殊不知那个时候摩托罗拉宣布剥离出飞思卡尔（FSL）；殊不知那个时候AMD与富士通的闪存部门合并成立飞索（SPANSION）；殊不知那个时候华为ASIC设计中心注册成立深圳市海思半导体有限公司；殊不知那个时候安捷伦将其半导体产品事业部分割独立成为安华高（AVAGO）；殊不知那个时候德州仪器（TI）收购Chipcon；殊不知那个时候飞利浦拆分出恩智浦（NXP）；殊不知那个时候英飞凌科技分拆而成奇梦达（QimondaAG）；殊不知那个时候安富利收购科汇（Memec）开始在内地各大中城市布局，艾睿通过收购奇普仕（Ultra Source Technology）而紧随其后；殊不知那个时候世平集团、品佳集团与富威科技宣布合组大联大控股，台湾分销界开始雄起，香港分销界开始没落进而进化到国内；殊不知那个时候本土科通集团在美国纳斯达克上市，本土代理商逐步得到国际半导体原厂的认可通过获得越来越多的授权产品线积极布局分销业务网点；殊不知那个时候国内赛格模式分销如日中天，优势规模分销企业开始布局大中城市，四大阵营短兵相接角逐利益增长点，集成电路分销市场已初现成熟。

也就是在那个时候在深圳做集成电路销售的朋友收入已经翻番，通过错发的短信认识了女朋友。富士康的朋友也已经和人力资源部的女孩谈着恋爱，而我却只身一人在遥远的上海，踏着沉重的脚步，静夜的内心满含酸楚，天空时常飘过故乡的云。

系列之（三）创业集成电路分销

我的梦从郑州一个叫七里河的城中村里的一个简陋的出租屋里开始，再苦再难我已坚定要重走风雨！我倾其所有在科技市场配了一台电脑，去火车站的二手批发市场买了一个办公桌，央求房东装了一部电话和ADSL宽带上网，去小卖部里印了一盒“郑州恒迈科集电子”的名片，清洗好办公桌将崭新的电脑和这些设备一起放在床头。就这样我开始了8平米脚踏实地的寻梦路。

我开始早出晚归，坐着公交车往返于起点和终点之间，尽快熟悉这个城市的环境和公交线路，以便可以快速便捷地寻找到客户和记录沿途有价值的信息；我开始在破旧的地图上圈圈点点确定即将要行走的目标路线和将要熟悉的地方，那里可能有我需要的信息；我开始关注和整理企业比较集中的地方以及行业的客户信息，以便打电话可以找到有需求的人；我开始用脚步丈量郑州经济技术开发区与郑州高新技术开发区写字楼之间的距离，犹如我从现实到理想的跨度，我曾经在这两个区域的每个角落企图掘地三尺也不放过任何一个有用的客户；我开始利用客户下班的时间跟工程师聊天，因为有的时候等我坐着公交车晃到客户那里，客户已经下班。你从哪里来，你是干什么的，你要做什么，等到回答完这些问题，客户已经下班了；有的时候刚好碰到工程师加班遇到谁是谁，麻利的问几句就灰头土脸的失望而返或是信心倍增，可以从不同的聊天方式中捕捉到一些他们在用的器件；我开始白天找工程师聊天，晚上上网整理和熟悉客户所用的器件，有的只是一些大概的功能型号或者只是工程师需求的一种功能，时常因为想得到更为全面、准确、详细和官方的数据需要不停地变换关键词搜索一直到深夜，第二天一早就带着了解到的信息去和工程师交流和确认；我开始登录一些电子论坛和行业网站熟悉器件的供应状况和了解知名的分销商，由于以前熟悉的都不曾深入再加上行业的不匹配，我不得不重新学习和掌握现在客户所需的集成电路型号以及市场的供需状况并与有意向的分销商建立联系；我将自己重新定位为是一个为小客户或者是工程师提供集成电路小批量样品或者是分散采购的人，企图可以在这里找到突破口，实现自己的成交梦，尝试着给客户报未含税的低价，然后就价格问题和工程师与供应商沟通。

印象最深的是冬天的一个傍晚，我陌生拜访到一个工程师那里，他在加班，示意让我坐下来等，忙完后用便签纸写下了几个型号让我报下价格最近会有采购，还说了一些行业的状况和客户信息。我回到家就迫不及待地打开电脑整理工程师给的型号，殊不知同一集成电路的型号很多个品牌都在生产，后缀也有很多，我把所有的品牌生产的型号以及后缀逐一从技术手册上摘录下来并对其功能做了简单的了解，将工程师有可能会用到的型号做标记，顺便梳理一下我和工程师的谈话，发现很多有价值的客户和一些好的思路，那一夜我忘记了寒冷心潮澎湃，热血沸腾直至天明。第二天一早我就带着整理好的资料跑到工程师那里，他几乎是用诧异的目光看后，挑了几个型号跟我说把这几个型号卖给他，要知道当时还没有报价，我兴奋得似乎忘了报价就满口答应尽快送到。很长一段时间后和他沟通时他戏称是你冰凉的手和细节上的用心打动了我，我就觉得交给你即便是没有报价也不会错。也许直到现在我仍旧特别感动，特别感激，我把这视为我集成电路分销业务上至关重要的第一单，我的梦就是从这里开始，从一个平凡的、波澜不惊的而又特别用心的、孤独的、无眠之夜后开始，一个满腔信心和坚定信念而又无视未来的开始，也从此拉开了我在故乡集成电路分销创业的序幕。

我从乘坐的公交车上找到了客户；我从地图的标示上找到了客户；我从盲目的大规模大范围的“扫楼”中误打误撞地找到了客户；我从网络中不厌其烦地不停变换关键词的搜索中找到了客户；我也从认识的工程师那里得到了客户信息，随着对郑州电子行业客户了解的不断深入，也随着跟更多的工程师不断深入的沟通，再加上多少个静夜寂守的辛苦付出，终于在回到故乡的一年半之后圆梦于郑州高新技术产业开发区，为此特意选择了高新区具有时代寓意和标志性的建筑—创业中心作为事业起点的办公地，并寄意响亮的名字—郑州恒迈巨集半导体有限公司，期间历经许多的失落与迷茫，忧郁与伤痕，寻觅与等待，困惑与孤寂甚至麻木，辛酸与痛楚甚至以泪洗面，绵延永恒的绝望甚至曾想过放弃，都伴随着新征程的到来而烟消云散，新的征程里尽管没有鲜花，没有掌声，没有贺词，没有祝福甚至悄无声息但我确信我已经“在路上”！

这首歌曾经激励我走过无数个艰难的日子，伴我度过最困难的岁月，时至今日仍旧是我唯一不变的手机铃声。

就是在那个时候我知道了许昌许继、思达高科、威科姆科技和汉威电子等；就是在那个时候我知道了中原地区同样拥有一个繁荣的类似于赛格的电子市场—中州商场，就坐落在无比拥挤与繁华的郑州火车站对面；就是在那个时候我知道了安富利已经布局中原，在郑州设立办事处，而艾睿也在筹划谋求布局；就是在那个时候我知道并领教了来自深圳电话销售和网络营销的威力，曾经多少个本地客户被其低价和快捷折服，一度放弃本地采购，而我们只能在低价和参差不齐的产品品质中蛰伏以勉强维持声息；就是在那个时候我知道了EXAR宣布与SIPEX合并；就是在那个时候我知道了英特尔（Intel）和意法半导体（ST）剥离存储业务成立恒忆（NUMONYX）；就是在那个时候我知道了罗姆（ROHM）兼并日冲半导体（OKI）；就是在那个时候我知道了安森美半导体（ON）收购Catalyst；就是在那个时候我知道了ATMEL收购Quantum Research；就是在那个时候我知道了新唐科技由华邦电子分割而来；殊不知那个时候集成电路网络分销业务已经兴起并迅速逐步壮大，来势汹汹演变成为一种势不可挡的力量，于是我们看到了几乎所有的半导体原厂都开通了网站；于是我们看到了近乎所有的知名分销商的网站；于是我们看到了深圳和北京兴起的集成电路第三方交易平台；于是我们知道了目录式分销商以及一些新鲜的名称，譬如授权分销商、混合分销商和独立分销商。

也就是在那个时候，在深圳做集成电路销售的朋友收入又翻一番，准备和相恋的女友在深圳买房结婚。富士康的朋友工作如鱼得水，职位蒸蒸日上。我在郑州新征程的路上理想丰满、信念坚定、埋头苦干、努力拼搏，发誓要对得起那些期待与鼓励的眼神，畅想着自己的“春天里”。

系列之（四）践行集成电路分销

“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。”

“满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘?守著窗儿独自，怎生得黑！梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！”践行渐知集成电路分销，我深感压力与不易，无奈于梦回深圳，见过华强北的拥挤与繁华之后决定尝试柜台销售。

我从一个生意上的朋友那里接手了由他转让的在中州商场的柜台。柜台一米见方坐落在商场集成电路销售还算比较集中的区域。简陋的设施，噪杂的环境以及空气中凝聚着的刺鼻的锡条和焊锡膏的气味，仍无法阻挡熙熙嚷嚷川流不息的人群。柜台邻居的库存放满了几乎所有可以摆放的位置包括消防通道。而我只能简单整理后，在勉强放下的一个凳子上坐了下来。柜台上放了台电脑，仅有的库存摆放在拥挤的货架上，没有任何鞭炮声和祝福声，只是在商场的一楼做了一个像样的门头就算是开业了。接下来就是等待，无休止的等待，一周过去了，一个月过去了，三个月过去了仍旧是无人问津，偶尔有学生模样的人问了些生僻的型号和问题，就如同我当时在深圳赛格触及集成电路那样后就杳无音讯。突然有一天我发现商场里来的人少了很多，而且接下来越来越少，与柜台的邻居聊天时才知道，曾经的中州商场因为濒临火车站的便利交通而红极一时，柜台的客户也曾经遍及整个华中甚至是河北、陕西、宁夏和银川等地，柜台的货根本不愁卖而且利润高，很多人都赚了钱已经改行，再加上后来商场里卖的都是低价低品质的产品，客户吃亏上当之后不敢再来，来的都是采购零碎样品和生产紧缺物料的人，基本已不在商场批量采购，有的本地公司还明令禁止从商场采购，商场的低信誉再加上环境不好和管理不善来采购的人只会越来越少。此刻我才如梦初醒，曾经还企图要在各大城市建立连锁柜台销售的梦想就此成为了美丽的泡影，我如此盲目和狂妄以至于陷入无底的失落和迷茫。在坚持了几个月而毫无所获再加上不堪柜台租金和税收上涨的重负之后我放弃了如噩梦般的尝试，好在公司有原有的客户业绩支撑而没有受到太大的冲击。

还没有从放弃的痛苦中挣扎出来，我就迫使自己重拾业务开始不停地联系客户，企图以这样的繁忙使自己尽快忘掉压抑在内心的落魄和无知。于是每天都可以见到客户，见到他们的研发工程师，在和一家客户的工程师聊天时，他透露公司准备做一款煤矿方面的监控产品，会有计划用到ARM，他们正在用韩国的一个商业级的芯片做功能，但批量之后肯定会改为其他品牌工业级的产品。我回来之后查阅了多个芯片的资料都无法满足客户的实际需求，终于在一个电子论坛上得知中星微有开发针对监控行业的专用芯片。联系的结果却让我大失所望，中星微针对终端客户签双方保密协议，开发芯片源代码和方案费用要数万元，无奈之下只好将信息反馈给客户看客户怎么决定。几年之后我又遇到了曾经同样的问题，但这次不是中星微而是海思，也同样是在监控行业海思提供了无与伦比的超高性价比，但前期的门槛和障碍让我们甚至是客户望而却步，两个客户不约而同地选择放弃了评估过的优化的高性价比单芯片解决方案，转而投向国外通用主控芯片加上复杂的外围配置电路来完成基本功能以降低前期研发费用和麻烦，我们也顺理成章地得到了一些芯片的供应，但与优秀的国产芯片失之交臂，内心难免有些不是滋味！

这样的滋味随着公司出货量的不断增加和人员配置的不断完善而逐步淡化，我们也有幸触及更多客户的众多需求，进而开始联系更多不同层次的供应商以求优化自己的配套能力。俗话说“常在河边走哪有不湿鞋”，就在我们一心想好准备大展鸿图之时，供应商的管理出现了致命的失误，在最为缺货的时候，我们的一个供应商供给我们的一批货在客户已经生产完成，进行调试的时候才发现出现了批量问题。在我们迅速采取了紧急补救措施之后，客户还是把从电路板上拆下来的次品退还给了我们。时至今日这些次品依旧挂在我办公室里最为显眼的墙上，被我用毛笔写上了“质量失效产品”予以标记和警示。这一笔惨痛的损失和教训让我曾心如刀割，我做了最为深刻和最为彻底的反思，重新调整业务方向改变了对自己的定位，但也不曾想过涂改和抹掉，我反而会对客户津津乐道。缺货潮时市场充斥的假货也曾坑害过我们，伤害过客户，我们也曾在品质和供应商管理上走过弯路，于是便对品质倍感珍惜对客户更加负责。

就是在那个时候我们经历了史上最为严峻的缺货潮，领教了集成电路的价格犹如过山车般忽高忽低，甚至有的时候集成电路的价格几分钟变化一次，愧对过对客户的承诺；就是在那个时候我们开始接触国产品牌集成电路，徘徊在无奈的渠道与无底的价格之外而不曾深入也无法深入，感觉着“我本有心向明月”；就是在那个时候我们经历了柜台销售由繁荣到衰退甚至是败落，感觉着痛彻心扉的放弃而自己却束手无策；就是在那个时候我们经历了客户的账期由一个月到三个月，三个月到最后甚至是遥遥无期成为死账，迂回在客户的采购与财务之间变着花样地说着好话；就是在那个时候中兴集成更名为国民技术；就是在那个时候安森美（ON）并购California Micro Devices，微芯（MICROCHIP）收购Silicon Storage Technology（SST）；就是在那个时候德州仪器（TI）兼并中国成芯半导体和国家半导体（NSC）；就是在那个时候艾赛斯（IXYS）收购齐洛格（ZILOG）；就是在那个时候安富利收购香港杨氏、深圳裕能达、Bell Microproducts、台湾得毅及其子公司上海立良和台湾合讯科技；就是在那个时候艾睿收购独立分销商Converge，目录型分销商Verical、好利顺、Richardson RFPD、北京合众达和日本Chip One Stop；就是在那个时候大联大控股凯悌、诠鼎、大传、友尚和全润形成七大集团联盟；就是在那个时候国内的分销商被取消了代理权，让国内的同行望尽天涯路。

也就是在那个时候在深圳做集成电路销售的朋友由于公司被收购而离别了八年相依相知的地方，奔走在自己创业忙碌的路上。富士康的朋友伴随着富士康的内迁，申请内调回到了郑州主管员工关系。我在日夜辛劳煎熬，处理着日常各种意想不到的问题，保持着面部僵硬的肌肉和勉强的微笑，说着言不由衷的话，发现只有静夜可依。

系列之（五）集成电路分销之思索

有广袤无垠的蓝天就不能让奋起翱翔的双翼在安逸中退化；有汹涌澎湃的汪洋就不能让搏击骇浪的勇气在空寂中却步；有妖柔洁白的皓月就不能让纯洁无染的灵魂在庸俗中腐蚀；有荆棘密布的征程就不能让馨香沉淀的思索在诱惑和浮躁中淡失。在“古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。”之时，我犹如孤零一叶漫漫地审视和展开着自己的思索。

纵观国内本土分销商其来源大体可以分为：①前国际知名半导体原厂人员归国后创办的分销企业；②前国际知名分销商人员在本土创办的分销企业；③国际知名半导体或者知名分销商利用裙带关系创办的分销企业；④本土分销商分离或者是剥离出来的分销企业；⑤电子行业从业人员（比如工程师和采购）凭借自身优势创办的分销企业；⑥国内第三方交易平台转投资或者是跨界代购成立的分销企业。这些分销企业相对专业，而且规模也相对较大和相对规范。更多的分销企业是转行和由转业人员投资，以及家族式企业创立的分销企业和商场柜台，这些分销企业从数量上要远大于相对专业的分销企业，是构成国内本土分销的主体，占据着国内本土分销的半壁江山甚至更多，但是普遍规模不大，相对专业性不强和相对不规范。这是由不同层次的客户采购需求衍生而来的，同时也助长了国内本土分销市场前期的形成，也就是这样的现状决定了我们国内本土分销企业的生存层次和发展状态，本土企业都没有优势与非本土分销企业进行抗衡。再纵观国际知名分销企业的生存现状和发展历程，我想本土分销企业更应该从以下五个方面去分析和审视甚至重新定位和规划自己的企业。

（1）文化：《孙子兵法》中曰道。其实企业的文化自企业创立之始或者说是创立之前就已经形成，并伴随着企业的生存和发展而发展和壮大，应该是企业内部人员在共同工作中形成的一种价值观和理念的具体体现，也应该包含企业的理想、目标、憧憬和规划；它应该包括企业的战略和具体的实行措施。本土分销企业的文化从层面上来说普遍低于国际知名分销企业，或者可以说是国际知名分销企业文化在本土的衍射和延伸，我们一直追随于规模营销甚至是现在的技术导向性营销，而且我们大部分又没有很好地把握“西学中用”，所以本土分销企业文化理念在本土遭遇尴尬，不是我们的生存环境和我们的融资渠道存在致命性的缺憾，而是我们自己本身存在着灾难性的缺失，而文化也恰恰成为国际知名分销商在国内大力推广的工具和最大的隐形卖点和利润增长点，他们利用规模优势和供应链上下的紧密联系所建立的客户需求之前的信任攻城拔寨，我们一直在模仿就连架构和营销套路都不曾改变，从未有过也不可能有超越，是否有想过另辟蹊径去学习我们餐饮业的文化传播?

（2）机遇：《孙子兵法》中曰天。本土分销企业由于整体起步较晚，普遍丧失了很多在发展前期可以在本土迅速崛起并发展壮大的机会，但其发展的速度应该可以跟得上国内经济发展的脚步，就目前来说不管是海外硝烟四起的战争和政治性的颠覆，不管是邻国灾难性的地震和干旱以及电子帝国的逐显疲态，也不管是全球动荡的金融危机，但就在我们和谐的国内“十二五”的发展规划，七大战略性新兴产业发展规划以及集成电路研发制造企业的迅速崛起，就在我们的本土已经孕育和蕴藏了潜在难逢的机遇，本土分销企业终将有一天也可以乘势扬眉吐气，开疆扩土！但机遇往往暗藏玄机，需要沉淀需要执着。

（3）地利：《孙子兵法》中曰地。地利优势这也应该是我们本土分销企业唯一可以值得炫耀的地方。如何发挥本土优势，如何发掘本地区域优势，如何有效地整合本土优势资源并进行高度、高效和高复合的搭配，这必须成为我们认真思考和反复审视的迫切问题。国内的分销市场为什么可以让不大熟悉本土情形的国际知名分销商赚得盆溢钵满，而让我们的东道主，我们的本土分销企业打着你死我活的价格战。他们已经开始在作规模优势化下的本土化运作，大范围的本土布局和展开收购以及争取国内优势集成电路品牌的分销权，我们就在自己的家门口遭遇了如此强悍的对手，如果我们不能在这片土生土长的，生我养我的土地上站起来走出去，那么我们就会在这片安逸的土地上悄然消亡。

（4）人才：《孙子兵法》中曰将。大家都知道21世纪最贵的是人才，但是我们却把最贵的人才拿来流通，虽然说符合常理，但不能不说是一种悲哀，我们为什么不能以广阔的胸襟去接纳，去包容，去放权，甚至是去挽留?看看我们在这个问题上是不是在自掘坟墓，白手断送了自己曾经美好的海市蜃楼?我们把最贵的人才拿来埋没，由于自己体制或者是机制上的缺陷和漏洞以及缺乏必要的激励，而让优秀的人才业绩平平终将懒惰趋于平淡成为包袱。我们把最贵的人才拿来剥离，到抢走甚至是威胁到大客户的时候我们才如梦初醒，我们的私欲和无知出卖了我们的灵魂，也葬送了我们的良知和梦想的征程。

（5）管理：《孙子兵法》中曰法。个人认为好的管理首先应该是牢牢掌握企业生存与发展的主动权；安徒生童话中有一个红舞鞋的故事，相信看过的人都会明白其中的道理；其次是从客户的角度去考虑如何做好内部的管理，以客户需求为依据，聆听客户的真实心声，客户需要我们扮演什么样的角色，我们就应该充当什么样的角色，而不是我们想要做什么样的角色去给客户看，也应该建设以客户为导向的内部运作机制和精细化的管理制度；再者鉴于目前国内分销商的现状，管理应该是建立在不对称竞争战略或者是差异化的策略之上，师夷长技以制夷，师夷长技以自强；最后管理更应该是人性化的，可以让人拥有幸福感和归属感的，释放出管理的自由度和灵活性。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！求索与您同在

系列之（六）集成电路分销之角逐


1.引言


提及集成电路授权分销商，我想在夹缝里生存的国内本土成千上万的IC分销商们都曾经期望或者憧憬过自己有朝一日会成为半导体原厂的授权分销商，甚至是拥有自主品牌的IC！我们也欣喜地看到有少部分本土分销商已经通过自己的坚持和努力实现了自己的理想，甚至是研发和批量出货了拥有自主知识产权的IC；我们也欣喜地看到有少部分本土分销商已经通过资源的利用和整合实现了成功的转型；而更多的则是在这个行业摸爬滚打了数年的我们，以及即将要在这个行业开始自己人生创业之旅的同行们，在通向IC代理商这条坎坷的路上踌躇满志，不放弃一丝希望努力和坚持着！我也依旧在努力和坚持着，以下谨以自己不成功的一些经验与同是天涯IC人，以及拥有共同志向的朋友共勉。


2.由业务开始的前期联系


2008年8月，一个生产语音报站器的客户给出一个OKI停产语音合成芯片MSM6585MAZ×××的订单。停产芯片正品老年份现货基本上很少能买到，即便是有少量现货，其价格也由原价十几块钱被炒到五十几块钱了，出于对客户成本上的考虑我推掉了客户的这个订单，但强烈建议他进行产品升级，选用性价比更高的可替代型号，至少去过三次了解他们的真实情况，客户也因害怕耽搁生产下的是备货订单。如果能在三个月内寻找到性价比更高的可替代型号并顺利通过测试，就不会影响正常的工厂产品生产。这些情况给了我做成订单极大的信心，我也把它视为我梦想转向代理商的一个导火索，也是我向代理商迈进和奔跑的一个起点，同时也拉开了我转向代理商和半导体原厂联系的序幕。

客户用的是OKI语音合成芯片，那么OKI肯定在停产元器件前就推出了性价比更高的可替代型号，冲着这个理由我信心十足地联系了当时OKI设在上海的销售公司。电话里传来的是很温柔而又非常清晰的问候，待我说明了具体的情况后，很快捷地联系到了语音芯片产品线的负责人。其实我以前就关注过这家公司，他们的官网上也曾经公布过一些负责人的电话，而且有发布过诚征代理商的信息，所以印象比较深刻。和语音芯片产品线的负责人的通话时间不长，我简要说明了客户面临的情况以及我的一些想法，她应该是在我话音刚落的第一时间里很爽朗地给出了我非常满意的答案和具体的产品替代型号ML22420MB，以及有关这个型号的简要信息和参考价格。言语间无不让我感觉到她的干练和专业，电话是在她要求我发一份邮件给她后挂断的，并没有谈及代理之事。电话挂断后我很兴奋地将这个消息告诉了客户，可以听出来，客户同样高兴。待这些事情都处理完毕，理了理头绪，给人家发了一封邮件，邮件的后面加上了我的地址、电话和公司的网站等一些联系的信息。


3.上海之约


两天后，我的电话响起，是来自上海的号码，干练的声音让我第一时间想起前两天联系过的她。简单介绍和问候之后，她开门见山地说，她看过我们的网站和侧面了解过我们的情况，问我有没有兴趣在河南地区做她们的一个代理，但前提是要根据我们两周后会面所谈及的详细情况而定，我没有多想就答应两周后我们会准时去上海赴约，通话时长仍旧很短，短得让我到现在为止都没有办法想起接下来我们还说了些什么。也许是这样的幸福来得太突然和太快，甚至让我没有办法去准备更多的东西，快得甚至让我曾经凋零的自信心在瞬间膨胀，快得甚至让我没有时间去享受那一刻给我带来的心理上的富足和感动，似乎我的整颗心都为此通电话沸腾了，尽管前途充满着渺茫和未知，但至少有一丝希望，至少这是一个实实在在的触手可及的机会。接下来的两周时间，我放弃了自己日常的所有工作，我准备全力以赴！材料的准备我试图从公司简介、公司现状、财务数据、主要客户等方面给OKI呈现出一个更为鲜活和真实的公司，并努力地展示着自己的潜力。试图从代理产品线的产品类型、营销方式、客户范围、目标客户等方面向OKI展示我们在期望代理产品的清晰思路（当然现在看来是不清晰的），以及信心和决心。

2008年10月15日早晨，我和一个销售的同事在经历将近7个小时的动车颠簸后，来到了阔别三年的上海，完全没有来得及去感受这三年来上海的变化，提前四十多分钟赶到了OKI设在上海的销售公司所在地，静静地等待着这个特殊约会的到来。9点钟，我非常准时地敲开了办公室的大门，简单说明来意之后，前台的工作人员随即就拨通了她（我们联系的产品线的负责人）的电话，只见前台刚把电话放下，就从办公室遥远的走廊里向着我们的方向走过来一个人，很整齐、干练，在我们的面前站定，微笑地伸出了友善的手。此时，我非常肯定，这就是我应该感谢的给予我们希望和机会的人，给了我能从理想到现实的领路人，我心存感激。

由她引领我们到了一个会议室，她解释了一下为什么要安排今天会面的缘由，主管上海产品销售的部长（也就是她的领导）计划是在上海停留两天。产品代理商的资历认证和审查需要有部长的参与，说完，又亲自给我们每个人倒了一杯开水后离开请她们的部长了。我们两个坐在空寂的会议室里，我开始有些紧张而且有些不知所措，决定把资料先拿出来放在自己的跟前，想着接下来我应该怎么描述。没过多久，她和一个帅气的年轻人走了进来，这年轻人就是她所说的部长，我赶紧起身站立，年轻人看到我微笑地赶紧鞠躬，接下来才知道部长是日本人。交换名片的时候我才发现自己在家换衣服的时候竟然没有把名片掏出来，我竟然没有带名片就来到了上海。我找遍了包里所有的小包都没有发现一张可以拿出手的名片，如此低级的错误竟然发生在如此重要的场合，我无比尴尬，一种莫名其妙的感觉，已经渺茫地感到了希望即将灰飞烟灭，我依旧坚持着做了也许是最不合理的解释。我把准备好的资料拿起来轻轻放在他们的面前，开始了我以“让蜂鸣音成为历史—让所有的电气设备通过OKI的语音芯片都能发出真人的声音”为主题的演说，可以看出这一部分她们还是相当感兴趣，脸上也不时露出欣喜的微笑，我也更加坚定了自己的信心。

等我把有关代理的一些想法和思路都一一清晰地展现在她们面前之后（这段时间主要是我说，人家在听），销售部长给予了充分的肯定并示意可以在接下来的会面时间里自由沟通，双方不得其解的问题都可以当面交流。部长由她转述了一个问题，问我们现在有多少个人，是怎么配置的?我说有5个人（当时只有5个人，对于一个成立两年的公司来说我已经非常知足了，而且也觉得我没有必要隐瞒或者夸大其实），两个销售同事加上我，算是三个销售，我有的时候在做技术支持，有一个采购和一个库管，财务是代理。这些话由她用流利的英语转述之后，两个人用英语交流了大约有三分钟的时间，虽然听不懂说的是什么，但从表情上大概可以看出来，我们做代理的可能性不大了，我的心里在这个时候已经有了思想准备。最后由她似乎是带有歉意地向我们说，鉴于我们目前的规模和人员的配置，当前情况下不符合他们对代理商要求的资历，主要是技术能力不强，她会推荐一个技术团队强大的国内的一个他们的代理商做我们的技术支持，我们作为他们的一个郑州本土分销商。这个答案还是出乎了我的意料，这难道不是我们在当前情况下最好的出路嘛！我很感激！我也很钦佩她们的直截了当，让我真切地感受到了原来豪爽这个词不仅仅是用来形容北方人的。至于后来怎么收场，又说了哪些话，又是怎么走出那间会议室的我已经记不清了，只记得走出那栋大楼时，我看了看时间，此次会面大约用了两个小时；我抬头看了看天，上海的天原来可以让我们看得更高，而且蔚蓝的天空里有白色的浮云，急于求成甚至是急功近利让我们渐渐疏远了距离，疏忽了发现，疏视了判断甚至是抉择。


4.峰回路转


从上海回来的当天下午，就接到上海发过来的邮件，邮件大致写道：她们对这个市场的期待和前景的看好，希望我们可以加强沟通合作云云一些客套的话，以及她们代理商的一些信息和联系人，说是已经给代理商那边发邮件通知过了，代理商会及时联系我们等。第二天一早，果真接到她们的代理商从杭州打来的电话，说是已经接到原厂的通知并表示会积极配合我们做好技术支持的工作，并且已经通知了他们设在郑州的办事处的销售和技术人员做好相互配合。至此，我天真地以为自己可以在这个半道上大展拳脚了，但事情往往不是伴随着某个人的意志而发生本质转移的，甚至有时会发生极度的偏离或者是背道而驰；有的事情其实在一开始就已经埋下了危险的隐患，而我们却浑然不觉，反而以为是坦途，是自己曾经憧憬的海市蜃楼蒙上了我们原本就短浅的双眼，我们也会为自己的盲目和无知而付出代价。

我开始购买代理商ML22420MB的样品和开发工具，在购买这些东西的时候代理商要求提供终端客户的一些信息和项目的一些情况。因为知道需要人家帮忙，所以就如实填写了他们制作的表格，果然样品和开发工具在我们汇款两天后顺利到达我们的手上，于是我停掉了手头上所有的工作，拿着这样东西到客户那里和工程师一起学习，研究和开发试用这颗芯片。大约有十几天的时间，我的办公地点改为客户工程师的实验室，这段时间跟工程师学到了很多专业的知识，也把这个芯片的大致用法做了更深入的了解，可以解决一些简单的程序问题，我想这对于我以后的推广会有很大的帮助。功夫不负有心人，终于在两个月以后，工程师把公交报站的文字通过OKI的语音转换软件转换成语音文件下载在存储器里，通过ML22420MB发出了清脆的真人的声音，而且这样的操作方式也大大简化了客户以前采用人工录音的工作流程，极为有效地提高了工作效率，客户也为此欣喜不已。三个月后，ML22420MB通过了客户的小批量试生产，没有任何问题！我为此欣喜若狂，在没有耽搁客户的正常生产秩序的情况下已经通过替代品顺利地解决了客户的燃眉之急，我也会因此而获得客户的订单，也将因此而获得更多客户的订单。

客户快要批量下单的时候，我去客户那里了解情况，客户说OKI代理商郑州办事处的销售人员来过，并表示希望能够和他们合作以及其他的一些话。我当时一听就蒙了，而此时正值罗姆收购OKI的非常时期，听说OKI上海人员已经有些变动，我处于一种叫天天不应，叫地地不灵的尴尬局面，我眼看就要实现的理想在瞬间化为了泡影。时至今日，这段不堪回首的经历始终让我心有余悸。

后续也有过申请代理商的经历，但到最后都是不欢而散。大多影视剧的结尾往往都是峰回路转出现一个意想不到的大好结局，而发生在现实生活和工作中，发生在大多数国内电子元器件分销企业身上的却往往比较残酷，甚至是比想象中的还要残酷，我们的辛苦努力结果却为别人做了嫁衣，而这也仅仅是悲惨遭遇的开始，最终人家恨不得把你一棒子打死！我只是在怀疑是不是一开始我们的思路就是错误的或者方法是不正确的，但这丝毫不妨碍我们去角逐代理商的步伐，我们一直坚持着！我也始终相信会有那么一天，我们整个国内的元器件分销企业会迎来属于自己的美好前景。


5.结束语


我想说的是：不管是分销商、贸易商或者代理商；不管是本土的、香港的或者海外的；不管是工程师、采购或者营销人员，我们服务的对象都很清楚，是客户！是我们赖以生存的客户，只有用心让客户先富裕起来，我们才能够走得更远，任何损人利己的行为都为道德所不齿，而且最终也只能会是由自己饮食亲手注下的毒汁。虽是元器件分销企业，但我们是在用心服务着客户，我们角逐代理商是为了更广泛地为客户的产品提供有价值的服务。

系列之（七）集成电路分销之变化


1.国内集成电路分销随着国内电子制造企业的发展和迁徙以及采购习惯和时期而变化


这些年来的国内电子制造企业的发展无时无刻不在带动和推动着国内集成电路分销的发展，无论是柜台店铺还是分销公司无不从中受益，于是赚大钱的人走了，偶尔因为周转失灵或是品质问题吃亏上当导致不幸的人走了，而更多的人则来到了集成电路分销这个行业，也许以后还会有更多。在这些人群当中最新加入的人数较多的莫过于深圳等城市。然而伴随着电子制造企业的内迁和西移，有的人开始追随迁徙选择回乡创业，或者就职于当地授权分销商办事处淘金。

终端客户的采购伴随着自身成长的不同时期，由最初的在电子市场配套采购转向分销企业配套采购；后来转向分销企业优势品牌分散物料清单，集中同一型号数量采购；再后来将数量庞大的订单交由授权代理商处理，分销企业作为辅助的供货渠道和配套采购；最终将所有的核心物料全部转向授权代理商或者原厂采购。集成电路分销企业追随着终端客户的采购变化时刻调整着自己的定位，如果稍有不慎没有发现采购习惯的变化就有可能被终端客户逐出门外，再者终端客户频繁调换的采购职位也制约着分销的得与失。


2.国内集成电路分销随着半导体原厂产品和销售策略以及原厂的动向而变化


这些年来不断更新变化的半导体生产工艺和技术衍生出很多性价比更高的集成电路新品，而且更新的速度越来越快，也越来越快地被终端客户接受和使用，深刻地改变着集成电路分销企业的出库清单，促使分销不断地适应新技术新产品的名称和性能。半导体原厂的销售策略如果是主攻哪个领域，那么分销一定要明察秋毫迎头赶上，稍有不慎没有及时跟进那就等于失败，半导体原厂的销售策略如果是要退出哪个领域或者是宣布放弃某项领域的业务而终端客户还在使用该产品那么分销就等于等死，而半导体原厂销售策略传递的时效性更是让分销企业在原本一头雾水的市场里犹如雪上加霜。最近几年半导体原厂之间的频繁收购和兼并也让一些受人尊敬的授权分销商与半导体原厂失之交臂，进而扭曲着分销的上游供货渠道。半导体原厂重组之后渠道上的变化为：加强管控授权分销，严格实施终端客户研发项目物料注册制度和加深与终端客户之间的联系与沟通，让很多分销商甚至是授权分销商都望尘莫及而不知所措。好在最近几年国产半导体原厂发展迅猛，成为国内分销以前不曾涉足和尝试的业务增长点，尽管在各方面还不尽如人意，却至少让国内分销企业看到了变化和希望，成为我们可以依仗的后盾力量。


3.国内集成电路分销随着国外分销商的发展和模式而变化


这些年来伴随着国外授权分销商在国内各地的铺设和深耕，深入影响和改变着国内分销的模式和格局，国外授权分销商张扬雄厚的资本、领先的供应链管理能力，以及先进的技术支持优势攻城拔寨，国外授权分销商不断加深与终端客户的沟通与协调加上客户端的双重挤兑，国内分销在大客户方面的业务只能捉襟见肘，国外授权分销商几乎垄断了所有大客户的物料清单，即使有的国内分销商通过超强的关系网去努力地攻破客户采购的各种防线，取得的战绩也只能是依赖上游供应商的渠道支持，有的甚至只是充当着授权代理商的货代和压款工具，再想往上游走无论是上游供应渠道和下游客户端都是难上加难，而且我们还要时刻担心是否会被上下游双方所抛弃，那样我们所有的付出都将付之东流，不论我们和谁的关系有多好，在关系与体制和机制的变化面前多少言语都会显得那么的苍白无力和微不足道，留给我们的就只有顺从和接受。与授权分销商的合作也如同与狼共舞甚至会发生农夫与蛇的故事，他们的发展始终影响和威胁着我们的发展，如果有幸可以摆脱他们束缚的魔咒也依旧是依赖他们成熟与先进的销售模式，用强大的销售和技术支持的人海战术以技术方案为导向走别人走过的路，虽有小胜但终究不能大赢。我们被禁锢在别人束缚的变化里无奈地接受着变化并被动地变化着。


4.国内集成电路分销自身趋向的发展和变化


这些年来国内分销由最初的柜台销售渠道发展起来之后，开始统筹把柜台作为形象展示和对外宣传窗口吸引终端客户，辅以分销业务加强沟通稳固业务往来；开始规划把柜台作为市场新品的推广点和展示点，以及供应信息的来源点和索取点辅助于公司分销业务；开始布局分销企业并在各大城市设立办事处铺开销售网络覆盖经营区域和范围；开始积极谋求转型成为国内特有的混合分销商尝试授权分销业务与分销业务两不误；开始利用自身涉足行业客户类型和特点角逐授权分销在一些差异化的细分市场取得突破；开始跨界横向整合供应链渠道资源，提供广阔的供应链管理一站式服务；开始放眼电子产品纵向设计电子产品方案或者谋划自有集成电路技术分销品牌；开始试水集成电路第三方交易平台，利用网络做起了电子商务业务；开始搭建属于自己的电子元器件电子商务平台，开拓电子商务线上联系与线下客服结合的业务增长模式；这么多翻天覆地的变化无不彰显着国内分销顽强和强大的生命力，只是总感觉有些势单力薄，企业之间更缺乏开放与分享。

身处在这个瞬息万变的国内集成电路分销行业里，我们形同陌路单独打拼，无视风雨与白昼，强颜欢笑而又时常感叹命运的作弄。身处在这个瞬息万变的国内集成电路分销行业里，我们会随时面临莫名的迷茫与徘徊，孤影随行但从不缺乏自我激励与调整，从不缺乏挑战的勇气、信心与力量。身处在这个瞬息万变的国内集成电路分销行业里，深知这行业的辛酸与苦楚，但又无法与人言表和分享。

不能拒绝变化，那就主动成长，不要被动改变，那就随心而变。

系列之（八）集成电路分销之命运

时间在无常的变化中消逝，岁月随意落下的色泽显得无力与苍白，未来的命运似乎仍旧是辛酸与奔波，只剩迷途的无言无语。


1.无奈的客户开拓


作为集成电路分销企业首先面对的是客户开拓，而且也将一直面临终端客户的开拓以求取得长足的发展，即便我们能够抵挡客户开拓道路上身体辛苦和心理折磨的双重压力，但客户在我们开拓前进的道路上所竖起的种种屏障却时常让我们望而却步，逐显疲态与无奈。无奈的客户开拓成为集成电路分销命运中无法回避而又需要迫切解决的问题。


2.无知的技术趋势


作为集成电路分销企业其次将面对的是技术趋势，技术趋势归结到集成电路分销行业就是我们将要销售的产品，是客户要为将来准备而非目前必需的。有些产品是半导体原厂已经批量生产的或者是原厂已经停产和不建议使用的，我们在处理客户报价单的时候在百分之九十的客户物料清单上都含有停产的或者是不建议使用的物料，这些产品我们不曾触及设计和供应链的上游，只是沦落为产品的搬运和信息的流通，而且随着信息的对称渠道的透明和竞争的加剧，销售产品的毛利几乎一落千丈，如果在这些产品上坚持销售，等待我们的将是被性价比更高的产品和渠道所替代。只是关注客户的订单、客户的必需品而不知道他们想要的产品，也不曾去了解过他们想要的产品，这恰恰是我们的弊病所在。他们想要的产品就是技术趋势，客户所需要的产品是可以帮助他们解决目前以及即将要面临的问题，通过这些产品赋予的功能解决了问题，比如一个工程师想要电路板上有个孔，那么他需要购买一个钻头，因为钻头可以解决孔的问题，客户需求的本身和我们所销售的产品存在理解上的差异，这个差异需要我们去捕捉和领悟，这些理解上差异化的产品在哪里?这些产品技术方面的趋势在哪里?在半导体原厂或者是授权分销商手里而且是在无止境的更新中，对于无知的我们拿什么去说服客户购买我们的产品呢?长此以往分销行业败落只是早晚而已，而且命运似乎早已注定如此，再拼命的折腾也只是在出生之时就被永久地定格在有限的圈里而不曾深入。


3.无期的客户回款


作为集成电路分销企业还要面对客户回款，如果说无奈的客户开拓和无知的技术趋势是集成电路分销要学的本领和天生的弊病的话，那么无期的客户回款则对于集成电路分销是致命的打击。客户是好不容易出现了，产品也是好说歹说销售出去了，结果回款却成了问题，等于所有的努力和付出都打了水漂，处理不好这销售的订单还要亏钱，亏钱也就算了甚至有的时候还血本无归，灵活的资金周转才能盘活拮据的销售目标，稍有不慎在客户回款上出现了问题就等于慢性自杀。授权分销商现在都放款三个月，有的还收承兑，不放款六个月都说不过去而且价格压得很低，如果能够按照合同约定准时回款那算下来还有些毛利，怕就怕拖上一年半载之后想再要款，不是对账出现了问题就是发票出现了问题，甚至到最后就没有了什么期限，反正人家也没说不给但就是拖着。于是聪明的人学会了变通和放弃，把复杂的问题甩给了执着的人，执着的人盘算着自己盈利的账面和守望着不知何时才是属于自己的数字。


4.迷途的赖以生存生命线


作为集成电路分销企业最后将面对的是赖以生存的生命线，如果说无期的客户回款会让一部分人主动放弃的话，那么渠道上的整合和变故则会让更多的人不得不被动地放弃接受残酷而又悲催的现实，在半导体原厂的系统里集成电路分销无名无份更谈不上偏袒和保护，渠道中虽有暗箱操作得益暂时苟活却始终不抵一纸规范文件，在客户端还随时担心被渠道抛弃，如果那一天到来我们将失去赖以生存的生命线，不得不重新考虑放弃曾经的坚持和执着，关键是没有人知道那一天任何到来，如履薄冰地混迹在集成电路分销行业中。

“唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息”，如此一帮不愿意屈服于命运的人们在接受现实的洗涤和时代的变迁之后，他们又能到哪里去呢?

系列之（九）集成电路分销的电子商务时代

集成电路分销的电子商务概念犹如黎明前的曙光，我们看到了。

（1）电子元器件终端分销商建立了自己的网站，这类网站数量极其庞大但功能却略显单一，只是作为公司的简介和对外宣传的窗口，一般不具备在线交易功能，利用搜索引擎网络优化工具推广进而扩大受众覆盖面，也通常会借助电子行业第三方交易平台上传子虚乌有的库存，构建集成电路库存信息推广平台，或者是利用通用电子商务交易平台建立网店，用超低的价格销售参差不齐的产品，通过线下联系取得配套采购订单的打包服务。

（2）集成电路独立分销商建立了自己的网站，这类网站功能相对强大一些，基本上可以覆盖电子元器件的所有品牌、型号和大部分价格，包括停产或者是生僻难寻的物料，也基本上可以实现在线技术资料查询和简单在线交易，更多是通过线下确认物料和订单状况。其产品中含有OEM库存或者是老年份生产和停产的物料当然价格相对便宜，缺陷在于渠道来源非常广泛而且无法做到渠道透明化，于是催生了企业内部建立品质检测部门和必要时借助第三方品质检测机构确保产品品质。

（3）目录式分销商建立了自己的网站，这类网站来源于目录式邮购，其产品覆盖面极广基本可以涵盖电子行业所需产品或者是零部件的一站式采购，通过把以前目录式邮购的产品灵活地结合电子商务的应用：实现信息匹配查询和在线快捷交易，以及便捷的物流服务，批量灵活的交易方式和电子商务物流追踪记录，快速、及时、准确的电子商务采购体验切实让年轻一代的采购和工程师人员蛰伏，并且在不断地优化供应资源，整合研发设计前期需求资源，加强电子论坛和自建社区的及时沟通，以及对当地互补性业务的收购，电子行业专业网站和搜索引擎优化铺天盖地的广告推广无不彰显其电子商务时代强大的生命力，但不足在于价格偏贵。

（4）目录式代购分销建立了自己的网站，这类网站前期基本上整合了知名目录式分销商电子元器件的数据库资源，现在在逐步整合知名授权分销商的库存信息资源以及半导体原厂的小批量数据库资源，部分已经得到了半导体原厂在小批量目录式分销方面的支持和授权，建成在电子供应链中供应资源价格一览无余的比价系统，让用户挑选中意的订单实施在线代购交易，从价格上来讲和目录式分销商区别不大，产品品质渠道可控，缺憾在于物流方面无法做到短时间内紧急供货，信息来源依附上游渠道资源，代购物料本身也仅限于国外品牌小批量生僻型号。

（5）授权分销商建立了自己的电子商务网站，这类网站主要来源于国外知名授权分销商成立专门的营销团队或者委托专业机构独立运营针对小批量业务的电子商务网站。网站本身依附于授权分销所建立起来的口碑，在业务层面可以弥补授权分销商在小批量灵活性方面的不足，也进而获得产品市场应用信息。另一个来源是国内授权分销商成立专门的营销团队或者是公司，针对客户需求授权销售品牌技术方案方面的展示以及有资质条件要求下的价格回复，辅助以线下技术支持，依托本土服务优势和在非授权销售品牌上游渠道资源拓展整合而来的电子商务网站，在专业领域细分市场所展开的差异化的竞争。

（6）半导体原厂建立了自己的电子商务网站，这类网站通常依附于半导体原厂的官方网站，几乎全部为英文界面，在具体型号后面点击采购部分会直接转入，通常会给出具体器件小批量的美金离岸价格或者是授权分销商的库存状态，没有在此类网站上下过订单，估计其宣传效果大于电子商务本身，更多的是提供一个研发前期的价值参考和市场价格的标杆，其时效性也有待研究。

（7）电子行业网站或者第三方交易平台建立了自己的电子商务网站，电子行业网站依托主导行业庞大的资源流量，在网站首页开辟半导体原厂品牌专卖店或者是植入电子商城显眼链接，一来推广半导体原厂相关资讯和最新产品，展示产品解决方案和在线研讨会，二来销售半导体原厂产品或者是实验工程开发板，为半导体原厂提供无与伦比的宣传推广效果和营销价值服务体系。电子分销行业第三方交易平台利用平台优势建立电子商务交易平台，整合上游渠道资源或开辟目录式代购分销业务加上其惯用的推广方式也在慢慢地吞噬着电子分销市场的份额。

（8）电子供应链相关企业建立了自己的电子元器件商务网站，电子供应链相关企业纵向整合电子分销资源，开始涉足电子分销行业并且部分已经建成电子分销商务网站。比如以前是做产品的，IDH，电路板生产企业，OEM等都在拓宽自己的经营范围附带电子分销以求拉动自身产品配套销售，这样的业务更具威力和破坏性。

不管是什么业态，怎么定位，也不管未来会怎样，电子商务时代来了，大家共同努力提高着行业供应资源的透明度，卖力地为非自主的产品和渠道做着免费的推广与宣传，解决着以往客户实际使用的电子分销产品与物料清单上对于型号理解的差异，最终我们发现客户的忠诚度每况愈下，客户也在用同样的思维方式甚至是近乎疯狂的手段肆意侵蚀着来自渠道的利润，从客户的消费行为与习惯上看：电子元器件产品的消费者主要是以便利导向型和品质导向型为主，在品牌分销渠道足够丰富的条件下，便利性是客户考虑的最重要因素，现在的电子商务分销无疑是提供了范围极广的全面性产品，就产品层面而言的确非常便利，但是却忽略了网络的运营成本和偏高的价格，想让最终客户对这部分成本买单显然也是不可能的，再者无法提及的网络客服与网络技术客服的时效性和用户体验的深度，缺乏供应链上下游信息传导的及时性和客户渴望沟通的诉求，即便是再新鲜的解决方式也不能让客户长久为之所动，所以它也只能是解决电子分销成长问题中的一种方法而非全部或者唯一，但就是这样集成电路分销的电子商务年代在一开始就注定无疑是一个竞争极其残酷乃至是前所未有而又无法挣脱的红海。

“风萧萧兮易水寒”，已经习惯游离和沉迷与虚幻和网络之间，近乎忘却了现实的四月即将要绽放美丽的牡丹，而且也已经错过了寒冷过后千枝万树姹紫嫣红的花期，这个季节缤纷太多而我们能够感知的又有哪些?这个季节赋予了我们太多而我们能够成长的又有哪些?这个时代留给我们的热点太多而真正能够让我们平静淡定独立思考的又有哪些?这个时代的诱惑太多而真正能够让我们把握主动自主的又有哪些?

系列之（十）集成电路分销的集成社区时代

基于互联网的社交网络互动社区等电子商务的集成社区犹如梦幻的海市蜃楼，却让人切实感觉着力量和永恒。

（1）集成社区的交互性与即时性，集成电路行业和职业从业人员进行垂直整合分类，形成一个网友在电子网络空间进行频繁的社会交往和互动具有文化认同的共同体及其活动场所的虚拟社区。其最明显的特点在于社区人员交互性与信息和沟通的即时性。社区人员有类似基于微博的互粉或者是微信的朋友圈，可以与社群里的任何一个人关联也可以通过搜索便捷地找到需要或者是想要认识的人，而且与人沟通的时效性也会大大提高。这样一来的好处是可以把电子商务时期客户收到产品后才能发表的评论转移至产品购买前期，使客户了解了与产品相关的各方面信息，以及自由发表评论和观点，迫使产品进行人性化的创新和满足个性化的需求，提供电子商务的黏性和客户对产品的忠诚度，而且可以在短时间内病毒式地传播，无限制地放大，可以让原本疯狂的电子商务实现无止境的膨胀纵入云端。

（2）集成社区的信息具有广泛的共享性和海量性。首先，信息是经过整合和开放的，不需要我们通过搜索得到，也不需要我们把自己所关注的信息进行梳理和汇总。最终能不能找到设计所需要的产品还不一定。节约研发前期选型所需要的时间，解决研发人员前期最为头疼的问题，解放研发人员使其更专注研发产品。其次，信息是最新或者是最近更新的，避免研发过程中选用生僻或者是停产的物料，而且这些信息随时需要随时索取。再者，信息是最为专业的，集成社区的专业性决定了产品和沟通的专业性，需要什么样的产品与产品方面的人员沟通即可，进而避免了其他的人为打搅。最后，信息是多渠道、最全面和海量的，同一个产品在社区里可能集结了来自原厂、渠道资源和最终使用的客户等多个渠道有关产品方面的信息，从不同视角不同关注特性展示全视野海量的信息。

（3）集成社区的多媒体与超文本。集成社区的信息具有多模式的多媒体和超文本，信息的表现形式也可以是不拘一格的，组合两种或两种以上媒体形成一种人机交互式信息交流和传播，使用媒体中包括文字、图片、声音（音乐、语音旁白、特殊音效）、动画和影片或者是微电影以及程式所提供的互动功能，也可从当前阅读位置直接切换到超文本链接所指向的相关信息，提高阅读的效率和互动的多样性。

（4）集成社区的个性化与社群化。集成社区里的所有人都是信息的制造者和消费者，一改往日客户只是被动地接受来自供应链渠道上的信息，至于接受的程度上显然不言而喻，而且在不断地挫伤着曾经是激情万丈的冲动和安逸中仅存的积极性，角色的转变会激发产品相关消费者的主观能动性，充分发挥高手在民间的创造性和个性化，颠覆以往信息流通主渠道的单行线，让客户或者是消费者在产品制造或者是流通过程上拥有更多的话语权和影响力。集成社区的管理方优化提炼有价值信息或者是受欢迎的信息提供者，作为信息分享的舆论导向或者标杆，铸建集成社区大家认同的文化共性，形成社区强大的凝聚力和营销核心竞争力。

如果说电子商务是欲望无际泛网无序的大海，那么基于网络互动的集成社区就好似我们身边的涓涓细流，然而大海不常有而小溪却常在；如果说电子商务是炙热滚烫的开水，那么基于社交网络的集成社区就好似茂密森林中一处另辟蹊径的温泉，然而温水却可以侵蚀浑然不知毫无危机意识的青蛙；如果说现在我们已经身在电子商务时代之中用标榜技术先进的移动终端硬件设备滋润着我们的工作和生活，那么可以肯定的是我们也可以把整个生命的大部分时间交给基于网络时代集成社区的软件沟通，然而硬件载体有限而软件沟通和人本诉求则无限；如果说眼前飘过一切皆浮云，那么心灵深处共鸣会让人觉得踏实和铭刻，然浮云常有而共鸣难求。

也许作为集成电路分销行业提出类似于此的虚无缥缈的概念还为时尚早，但不妨一试，一直站在电子供应链末端，在新的时代到来之前希望可以用我们坚定的信念和勤劳的双手以及聪慧的头脑托起明天的理想。

就在本文即将完成之际忽闻阿里巴巴入股新浪微博，表现与本质附着，现实与想象交织，未来与历史胶着，改变的是思索不变的是历史，当“那一场风花雪月的事”成为历史，让我们一起回忆。

系列之（十一）集成电路国外的成长历程

1955年“晶体管之父”威廉·肖克利离开贝尔实验室创建肖克利半导体实验室，他吸引了很多富有才华的年轻科学家加盟。但是很快肖克利的管理方法和怪异行为引起员工的不满，其中八人决定一同辞职，他们是罗伯特·诺伊斯（Robert Noyce）、戈登·摩尔（Gordon Moore）、朱利亚斯·布兰克（Julius Blank）、尤金·克莱尔（Eugene Kleiner）、金·赫尔尼（Jean Hoerni）、杰·拉斯特（Jay Last）、谢尔顿·罗伯茨（Sheldon Roberts）和维克多·格里尼克（Victor Grinich），后来他们被肖克利称为“八叛逆”。八人接受位于纽约的仙童摄影器材公司的资助于1957年创办了仙童半导体。诺伊斯被任命为总经理并给伙伴们分了工，由赫尔尼和摩尔负责研究新的扩散工艺，而他自己则与拉斯特一起专攻平面照相技术，仅仅一年就实现了50万销售额一举成为硅谷成长最快的公司。仙童发明了两项新技术后来成为世界电子器件的基本方法，40年后的今天仍是主流技术。这两项技术就是平面工艺和集成电路，“八叛逆”中的赫尔尼发明的平面工艺是制造半导体电路的一种工艺方法。仙童另一个重大发明是集成电路，其实1958年9月德州仪器（TI）的杰克·基尔比（Jack Kilby）已经制成集成电路，次年7月30日仙童提出“半导体器件—连线结构”（美国专利2 981 877）的专利申请，基尔比的专利直到1964年6月23日才被批准。1969年法院判决，诺伊斯和基尔比发明的集成电路不存在侵权问题，两专利都有效，不过两者少有不同，基尔比用的是锗半导体而诺伊斯用的是硅，硅设计一直沿用至今。由于仙童半导体业绩非常好，仙童摄影器材公司难以抑制心中的狂喜于是在1959年行使了投资时的期权，出现金买断了八叛逆的股份。全资控股后仙童摄影器材公司逐步加强了对仙童半导体的管理这也害了仙童，仙童尽管销售额还在增长但增长速度已经放慢。到1968年仙童已拥有三万余员工，一亿多美元销售额，但公司八个创始人全都先后离开，几位创始人自立门户彻底推开了仙童半导体人才流失的大门。

1968年7月八叛逆中的诺伊斯与摩尔和安迪·葛洛夫（Andrew Grove）一起辞职创立英特尔（INTEL），新成立的英特尔并不是一开始就把重心放在处理器市场，而是半导体存储器市场，Honeywell的两位资深工程师跳槽到英特尔后开始做存储系统，在存储系统市场玩的风生水起之后，佛德利克·法金（Federico Faggin）曾在1968年加入仙童半导体发明了被称为“金属氧化物硅栅工艺”技术。1970年4月他跳槽到英特尔，正是他帮助英特尔完成从存储器到微处理器的转型。1971年11月15日Intel 4004微处理器芯片问世。由于摩尔看好半导体存储器市场这让英特尔也失去了法金。法金之后创办了大名鼎鼎的齐洛格（ZILOG）成为单片机领军者，当时中国大陆引进了三家单片机厂商英特尔（INTEL）、摩托罗拉（MOTOROLA）以及齐洛格（ZILOG），Z80以其独特的结构在工业领域迅速崛起。由于各种原因以及公司策略改变齐洛格（ZILOG）最后退出了中国市场，并且产品也开始向通信发展（这段时间内intel51单片机才开始占领中国市场），到2000年齐洛格（ZILOG）决定重回8位单片机市场，推出了两个全新内核eZ80和eZ8，这两个内核产品推出后获得了多项大奖。1986年法金和Carver Mead又创立了Synaptics，Synaptics是全球领先的触摸屏供应商。

1969年5月杰里·桑德斯（Jerry Sanders）、杰克·吉福德（Jack Gifford）、Ed Turney、John Carey、Sven Simonsen、Frank Botte、Jim Giles以及Larry Stenger仙童八个同事一起辞职创立超微（AMD），打破了英特尔在CPU市场的垄断地位。杰克·吉福德（Jack Gifford）也许是受挚友卫德勒的影响对模拟技术情有独钟，因坚持开发模拟产品路线他于1973年离开超微（AMD）加入通用电气旗下的英特矽尔（INTERSIL），历经10余年终将模拟器件打造为英特矽尔（INTERSIL）的核心产品。1983年他和同事一起创办美信（MAXIM），在成立美信后他继续加大对模拟工艺技术的发展，凭借他对模拟技术的贡献，杰克·吉福德博士被誉为模拟微电子产业的“奠基之父”。鲍勃·卫德勒（Bob Widlar）也在先后经历过仙童和国半的模拟历练之后和Swanson以及 Dobkin在1981年联合创办了凌力尔特（LINEAR）。David Allison、David James、Lionel Kattner和Mark Weissenstern四位仙童工程师获得了雷曼兄弟100万投资创立了西格尼蒂克（Signetics）。1971年Signetics发明555定时器，1975年被飞利浦收购。

八叛逆中的尤金·克莱纳（Eugene Kleiner）在成立仙童时负责融资为其日后走向VC打下了基础，1972年成立的以他自己名字命名的风险投资公司 KPCB，他投资的公司你一定知道：网景、康柏、太阳微系统、美国在线、亚马逊书店、谷歌、还有伟创力、LSI、赛灵思。威尔弗·科里根（Wilfred Corrigan）于1979年辞掉仙童CEO职务后在1981年创建LSI，KPCB也投资了该公司；八叛逆中的朱利亚斯·布兰克（Julius Blank）1952年加盟AT&T旗下西部电气（Western Electric），也是在这里布兰克认识了尤金·克莱纳（Eugene Kleiner），1956年共同跳槽到了肖克利的实验室，出走后布兰克也从事了半导体投资；八叛逆中的金·赫尔尼（Jean Hoerni）、杰·拉斯特（Jay Last）、谢尔顿·罗伯茨（Sheldon Roberts）于1961年2月三人正式离开仙童，共同创办了泰瑞达的子公司阿内尔科（Amelco）；八叛逆中唯一没有从商的是维克多·格里尼克（Victor Grinich），他把自己的实践变成了知识分享出来，1960年在大家都离开仙童后，他也离开仙童到加利福尼亚大学伯克利分校任教，并在1975年出版了《集成电路介绍》一书，至今该书还在亚马逊有售。

1959年5月27日由数名斯派里（Sperry Rand Corporation）的工程师成立国半（NSC）。国半首先挖到的牛人是Molecro的两位创始人，一位是拉斯特集成电路研发小组中的吉姆·纳尔（Jim Nall），另一位是摩尔的助手思必图·豪斯（Spittle House），之后把挖墙角的对象瞄准了当时仙童半导体的总经理查尔斯·E·斯波克（Charles Sporck），他是诺伊斯的得力干将之一。斯波克后来担任国半CEO使它从一家亏损企业快速成长为全球第六大半导体厂商。1979年仙童半导体的母公司被Schlumberger收购。1987年Schlumberger把仙童以2亿美元的价格卖给了国半。最后国半于1997年摒弃了低利润的逻辑和存储芯片部门，以5.5亿美元的价格卖给了将要成立的新公司的管理层（他们得到了花旗风险投资子公司Sterling公司的资助）。Fairchild Semiconductor于1997年11月27日得以重生更名为飞兆。国半则与2011年9月23日被德州仪器（TI）收购。

美国半导体公司中摩托罗拉有着和仙童一样重要的地位，但其历史可为悠久得多。早在1928年高尔文与他的胞弟约瑟夫一起，在波士顿成立了高尔文制造公司开始了他的第三次创业，而创业的资本是他们身上仅有的565美元。高尔文这次不再碰蓄电池，他要生产收音机，而后把收音机改装做成车载收音机，就在车载收音机市场繁荣之际高尔文已经开始谋划多元化经营，并于1939年8月推出了首台可以实现双向AM通信的警用车载电台T6920，之后又生产了SCR-536和 SCR-300使得摩托罗拉几乎成为无线电通信的代言人。1947年高尔文正式将公司更名为摩托罗拉，开始大举进军留声机、电视机、车载电话、半导体等市场，与此同时他将公司改组按产品划分为多个事业部，每个事业部都有自己的采购销售生产研发部门。1956年高尔文任命儿子Bob Galvin担任公司总裁。到此时一位重量级人物将登场了，他将对摩托罗拉和仙童两个大公司产生影响，他就是莱斯特·霍根（Lester Hogan）。1950年霍根顺利加入贝尔实验室，1953年他留在哈佛大学工程和应用物理学院担任教授。霍根是在Bob Galvin当上董事长的那一年成为摩托罗拉半导体事业部的总经理，10年后当霍根离开时摩托罗拉已坐上半导体行业第二把交椅（第一是德州仪器，第三位是仙童）。1968年江河日下的仙童董事会开出天价挖来霍根，希望他可以力挽狂澜。霍根的到来让八叛逆相继离开，他之后采取的措施却是赶跑了更多的人，因为霍根从摩托罗拉带来了手下的“八大金刚”。1974年无力回天的霍根被手下的八大金刚之一威尔弗·科里根（Wilfred Corrigan）夺走了总裁一职，霍根仍留在仙童担任副总裁。摩托罗拉在1947年涉足电视机领域，发明的阴极射线管成为业界标准；1955年推出全球第一个高功率锗晶体管；1960年推出全球第一个“大屏幕”便携电视；1963年推出了全球第一款矩形彩色电视，1974 年摩托罗拉将电视业务卖给了松下；1973年在摩托罗拉工作的手机之父马蒂·库珀（Marty Cooper）申请了一项名为“无线电通话系统”的专利。他是全球首位通过移动设备拨打电话的人（他第一次手机通话是打给正在贝尔实验室工作的一名竞争对手）。全球第一部手机的开发用了整整十年时间！DynaTAC 8000×手机重2磅，通话时间半小时，销售价格为3 995美元；1987年摩托罗拉提出低轨全球个人卫星移动通信系统计划取名铱星系统；1999年11月1日铱星系统正式向全球提供商业服务；2001年3月17日，美国纽约地方法院法官阿瑟·冈萨雷斯批准了铱星公司提出的终止向顾客提供通信服务。在移动通信历史上，摩托罗拉还有一个产品需要重申一下，那就是摩托罗拉寻呼机。1999年摩托罗拉旗下半导体部门独立出来成为安森美（ON）；2003年摩托罗拉宣布剥离出飞思卡尔（FSL）。

在20世纪70年代没有互联网的情况下，MCS-48的应用非常广泛，在这样的势头下英特尔推出了8048的后继版本8051，开启了蓬勃的微控制器市场，至今还有设备在使用8051单片机。MCS-51（简称为8051）是采用哈佛体系结构的单芯片微控制器，8051在配置上要高于8048，包括2个定时器和4端口以及128字节或更多的板载RAM。8051在一个单芯片架构中提供了包括CPU、RAM、ROM、I/O中断逻辑和定时器在内的多种功能，它采用了CMOS工艺技术，所以功耗要比先前采用NMOS的功耗低，8051内核中一个特别有用的功能是有一个布尔处理器引擎，允许进行比特级的布尔运算和寄存器选择，有利于工业应用。8051因其特性突出而受到众多厂商追捧，据统计有20多家厂商推出了兼容MCS-51的微控制器，其中包括爱特梅尔、英飞凌、美信、恩智浦半导体、微芯科技、新唐科技（原华邦）、意法半导体、Silicon Laboratories公司（原Cygnal）、德州仪器、赛普拉斯和亚德诺等。

1979年全球PC时代来临3COM、甲骨文（Oracle）和西捷（Seagate）均在那一年诞生，TI进入计算机市场，Hayes卖出了其第一台MODEM并使其成为工业标准，摩托发布了68KB，英特尔发布了8088。也是在1979年，在一群来自剑桥大学多个实验室的学生的支持下Hermann Hauser和Chris Curry在英国剑桥创立了Acorn，制造和销售个人计算机。起初Acorn打算使用摩托罗拉的16位芯片，但是发现这种芯片太慢也太贵，他们转而向Intel公司索要80286芯片的设计资料，但是遭到拒绝于是被迫自行研发，决定开发当时不被看好的RISC结构的处理器。Sophie Wilson在工作中发现Furber插入的电路板有点问题—电源没有对芯片直接供电，芯片竟然是靠逻辑电路上泄露的一些电流在工作！因为芯片功耗很低！这就是ARM处理器低功耗的来历，今天当你享受低功耗带来的便利时，你可曾知道ARM引以为傲的低功耗特性竟源于26年前的一次偶然！1990年11月27日Acorn公司正式改组为ARM（Acorn RISC Machine）。苹果出资150万英镑，VLSI出资25万英镑，Acorn本身则以150万英镑的知识产权和12名工程师入股。而Wilson离开了，她进入一家专注DSP处理的公司在2000年的时候被博通收购，所以Wilson加入了博通。ARM公司成立后，业务一度很不景气，工程师们人心惶惶担心将要失业。由于缺乏资金ARM做出了一个意义深远的决定：自己不制造芯片，只将芯片的设计方案授权给其他公司由它们来生产，正是这个模式最终使得ARM芯片遍地开花。就是我们现在使用的各大半导体原厂所主推的ARM系列的产品，这种系列的产品相对于8051应用更为广泛，影响前所未有！

系列之（十二）集成电路国内的成长历程

1957年北京电子管厂通过还原氧化锗拉出了锗单晶，中国科学院应用物理研究所和二机部十局第十一所开发锗晶体管，当年中国相继研制出锗点接触二极管和三极管。1959年天津拉制出硅（Si）单晶。1960年中科院在北京建立半导体研究所，同年在河北建立河北半导体研究所。1962年天津拉制出砷化镓单晶（GaAs）为研究制备其他化合物半导体打下了基础。1962年我国研究制成硅外延工艺，并开始研究采用照相制版光刻工艺。1963年河北省半导体研究所制成硅平面型晶体管。1964年河北省半导体研究所研制出硅外延平面型晶体管。1965年12月河北半导体研究所召开鉴定会鉴定了第一批半导体管，并在国内首先鉴定了DTL型（二极管DD晶体管逻辑）数字逻辑电路。1966年底在工厂范围内上海元件五厂鉴定了TTL电路产品。这些小规模双极型数字集成电路主要以与非门为主还有与非驱动器、与门、或非门、或门，以及与或非电路等。1968年组建国营东光电工厂（878厂），上海无线电十九厂至1970年建成投产，形成中国IC产业中的“两霸”。1968年上海无线电十四厂首家制成PMOS（P型金属氧化物半导体）电路（MOSIC），拉开了我国发展MOS电路的序幕。20世纪70年代初，永川半导体研究所（现电子第24所），上无十四厂和北京878厂相继研制成功NMOS电路之后又研制成CMOS电路。70年代初IC价高利厚需求巨大引起了全国建设IC生产企业的热潮。共有四十多家集成电路工厂建成，四机部所属厂有749厂（永红器材厂）、871（天光集成电路厂）、878（东光电工厂）、4433厂（风光电工厂）和4435厂（韶光电工厂）等。各省市所建厂主要有：上海元件五厂、上无七厂、上无十四厂、上无十九厂、苏州半导体厂、常州半导体厂、北京半导体器件二厂、三厂、五厂、六厂、天津半导体厂和航天部西安691厂等。

1972年中国第一块PMOS型LSI电路在四川永川半导体研究所研制成功。1973年我国7个单位分别从国外引进单台设备期望建成七条3英寸工艺线，最后只建成北京878厂、航天部陕西骊山771所和贵州都匀4433厂。1976年11月，中国科学院计算所研制成功1000万次大型电子计算机，所使用的电路为中国科学院109厂（现中科院微电子中心）研制的ECL型（发射极耦合逻辑）电路。1982年江苏无锡的江南无线电器材厂（无锡华晶742厂）IC生产线建成验收投产。这是一条从日本东芝全面引进彩色和黑白电视机集成电路生产线，不仅拥有封装部件而且有3英寸全新工艺设备的芯片制造线，不但引进了设备和净化厂房及动力设备等“硬件”而且还引进了制造工艺技术“软件”。这是中国第一次从国外引进集成电路技术，产品为双极型消费类线性电路，包括电视机电路和音响电路。1984年年产达3000万块，成为中国技术最先进，规模最大，最具有工业化大生产能力的专业化工厂。在华晶引进日本东芝集成电路的同时，南韩三星也向日本东芝引进了同样的IC生产技术。

1982年10月制定了中国IC发展规划提出“六五”期间要对半导体工业进行技术改造。1983年“建立南北两个基地和一个点”的发展战略。南方基地主要指上海、江苏和浙江，北方基地主要指北京、天津和沈阳，一个点指西安主要为航天配套。1986年电子部厦门集成电路发展战略研讨会，提出“七五”期间我国集成电路技术“531”发展战略，即普及推广5微米技术，开发3微米技术，进行1微米技术科技攻关。1988年871厂绍兴分厂改名为华越微电子有限公司。1988年9月上无十四厂在技术引进项目建了新厂房的基础上成立了中外合资公司DD上海贝岭微电子制造有限公司。在上海元件五厂、上无七厂和上无十九厂联合搞技术引进项目的基础上组建成中外合资公司DD上海飞利浦半导体公司（现上海先进）。1989年2月机电部在无锡召开“八五”集成电路发展战略研讨会，提出了“加快基地建设形成规模生产，注重发展专用电路加强科研和支持条件，振兴集成电路产业”的发展战略。1989年8月8日，742厂和永川半导体研究所无锡分所合并成立了中国华晶电子集团公司。

1990年10月决定实施“九0八”工程。1991年首都钢铁和日本NEC成立中外合资公司DD首钢NEC电子有限公司。1995年电子部提出“九五”集成电路发展战略：以市场为导向，以CAD为突破口，产学研用相结合，以我为主开展国际合作强化投资，加强重点工程和技术创新能力的建设，促进集成电路产业进入良性循环。1995年11月电子部向国务院作了专题汇报确定实施“九0九”工程。1997年7月17日，由上海华虹集团与日本NEC合资组建的上海华虹NEC电子有限公司组建，华虹NEC主要承担“九0九”工程超大规模集成电路芯片生产线项目建设。1998年1月华晶与上华合作生产MOS圆片合约签定有效期四年，华晶芯片生产线开始承接上华公司来料加工业务。1998年1月18日“九0八”主体工程华晶项目通过对外合同验收，这条从朗讯科技引进的0.9微米的生产线已经具备了月投6000片6英寸圆片的生产能力。1998年1月中国华大集成电路设计中心向国内外用户推出了熊猫2000系统，这是我国自主开发的一套EDA系统，可以满足亚微米和深亚微米工艺需要，可处理规模达百万门级，支持高层次设计。1998年3月，由西安交通大学开元集团微电子科技有限公司自行设计开发的我国第一个CMOS微型彩色摄像芯片开发成功。1998年4月集成电路“九0八”工程九个产品设计开发中心项目验收授牌，这九个设计中心为信息产业部电子第十五研究所、信息产业部电子第五十四研究所、上海集成电路设计公司、深圳先科设计中心、杭州东方设计中心、广东专用电路设计中心、兵器第二一四研究所、北京机械工业自动化研究所和航天工业771研究所，这些设计中心是与华晶六英寸生产线项目配套建设。1998年6月上海华虹NEC“九0九”二期工程启动。1998年6月12日深港超大规模集成电路项目一期工程后工序生产线及设计中心在深圳赛意法微电子有限公司正式投产。1998年10月华越集成电路引进的日本富士通设备和技术的生产线开始验收试制投片。1999年2月23日上海华虹NEC电子有限公司建成试投片，工艺技术档次从计划中的0.5微米提升到了0.35微米，主导产品64M同步动态存储器（SDRAM），这条生产线的建成投产标志着我国从此有了自己的深亚微米超大规模集成电路芯片生产线。

1995年以后随着华晶电视机和音响集成电路轰然倒下，中国集成电路发展开始出现低迷状态，于是中国政府开始转变策略，由原来重点扶植国营集成电路企业，转变为全面扶植民营企业参与IC产品技术开发和生产，《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》即18号文就是这个关键时刻印发。2000年以后在18号文鼓舞下，国家开始大力扶植民营企业参与IC产品技术开发和生产，因此海外很多IC生产企业都搬迁或转移到中国投资，很多海外留学人员也纷纷回国成立IC设计公司。2002年，台积电第一个与上海松江区政府签署总投资额为100亿美元的集成电路制造大项目，到2006年的时候我国每年在IC方面的投入就是2000年以前20年的总和。与此同时原来从事IC制造的多个国营企业慢慢淡出中国家电行业的视线。初步估计目前中国大约有500多家从事IC设计的公司，由于2001年以后国外IC行业不景气，这些公司大部分都是在2003年前后暴涨式地增长起来的，于是我们看到了现在的展讯、锐迪科、比亚迪、格科微、海思和国民技术等。温总理在2011年“两会”的《政府工作报告》中明确提出，“加快培育发展战略新兴产业，积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现‘三网融合’，促进物联网示范应用。加快推进节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业发展。”不难发现在《政府工作报告》中把“积极发展新一代信息技术产业”列在所有产业的第一位，而列第二位的才是节能环保产业。这将表明中国现有的很多传统产业都将要进行技术改造或产业转型以适应新技术产业的发展。应该说“积极发展新一代信息技术产业”和实现“三网融合”，会给中国的集成电路产业带来一个千载难逢的机会，也势必会带来集成电路产业的大发展大繁荣！


五 寄语本土半导体企业 和半导体销售

（一）寄语本土半导体企业

从半导体发展的历程中可以清晰地看出，首先，是20世纪五六十年代的欧美企业，由集成电路的发明和商用到半导体企业在硅谷汇集，乃至在欧美大地遍地开花，让这些企业引领了后二十年全球半导体的传奇和辉煌；其次，到了八九十年代，经过二十多年成长的欧美企业开始出现企业成长过程的疲惫期，出现了大批量的人才流失，这些人才开始创办无数个半导体公司，而就在这之前，日韩半导体特别是日本的企业，由于承接了欧美半导体原厂的技术转移，也得益于电视机、洗衣机等家用电器的迅速普及，涌现出了像NEC半导体、东芝半导体、日立半导体、富士通半导体、三菱半导体、松下半导体、三洋半导体、夏普半导体、索尼半导体、OKI半导体以及韩国的三星半导体、现代半导体和LG半导体等一大批优秀的企业，可以说整个八九十年代是日本半导体时代；再次，是台湾半导体行业，利用其先进的晶圆制造以及工艺技术，加上无厂半导体模式的兴起，在全球半导体晶圆代工领域拔得头筹；最后，是2000年左右十年，随着欧美半导体行业八十年代的创业企业逐步积累成长，原有历史悠久的半导体企业的收购兼并拓展，以及欧美电子制造业巨头的半导体部门的分拆，加上个人计算机和手机等移动终端等行业的迅猛发展，再次让欧美企业重拾巅峰。而日本半导体行业由于制造业的闭环和经济危机的严重影响，虽然有不断的资产重组和整合，但始终无法阻止其幕落的脚步。我国则因为全球电子制造业的转移和国内经济的跨越式高速发展，持续改革开放承接了大量的半导体外商投资，以及留学海外的归国人员创办的半导体企业和原本的国有半导体资本，特别是手机和平板电脑等的普及和技术发展，使得本土半导体行业也欣欣向荣，一片繁华景象。
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在本土半导体行业里紫光集体无疑是近两年来表现最为风光的一家（清华控股有限公司是清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，是紫光集团的绝对控股股东），先是在2013年07月12日以17.8亿美元收购展讯（Spreadtrum）。展讯通信是智能手机和功能型手机及其他消费电子产品的手机芯片平台开发供应商，产品支持2G、3G及4G无线通信标准。基于高集成度高效能的芯片，搭配客户化的软件及参考方案，展讯可提供完整的交钥匙平台方案，帮助客户实现更快的设计周期并有效降低开发成本，在2013年中国大陆IC设计公司销售排行榜中名列第二；接着是在2013年11月11日脱光节以9.1亿美元豪夺目前中国射频及混合信号芯片和系统芯片领先企业锐迪科（RDA Microelectronics），产品主要包括GSM基带，多制式射频收发器芯片，多制式射频功放芯片，蓝牙、无线、调频收音组合芯片，机顶盒调谐器，数字及模拟电视芯片，对讲机收发器，卫星电视高频头等，同时也致力于智能机系统以及3G/4G通信终端平台的研发，在2013年中国大陆IC设计公司销售排行榜中名列第四；构建了一个手机产业链强大的联合体，也把本土半导体企业带入了一个优势资源收购整合的时代。

作为由国内科研院所经过改制首家上市的公司，也是国有控股上市企业，大唐电信承担着国家在科技产业化战略尝试的意志与责任，从1998年至2013年，大唐电信经历了我国通信产业发展的红火场面，也经历了全球通信市场整体降温的艰难时刻，创造过中国民族通信产业的辉煌，也品尝过挫折带来的酸楚。2012年，大唐电信经过战略调整，已成功实现从核心网向用户端转移战略，从提供单一通信设备向提供整体解决方案转移，产业从核心网产业扩展到集成电路设计、软件与行业应用、终端设计和增值业务产业，客户也从移动通信运营商向包括通信运营商在内的政府、行业和企事业单位转移。经营规模从2005年的15亿元成长到2012年的61.83亿元，经营业绩从2005年的巨亏到2012年的盈利2.22亿元，资产总额一直保持30%左右的增长。大唐电信也于2014年3月31日，由大唐电信控股子公司大唐恩智浦半导体有限公司向恩智浦有限公司及其关联公司购买汽车电子产品知识产权及相关权益，交易价格总计不超过6600万美元。2013年12月2日，恩智浦半导体和大唐电信科技股份合资成立“大唐恩智浦半导体有限公司”总部设于南通，主要服务于中国本地市场，专注于研发和销售采用高性能混合信号技术的高级专用汽车电子IC，恩智浦将向合资企业转让和授权其持有的电源管理（包括电池管理）方面的部分知识产权，合资企业中恩智浦持股49%，大唐电信持股51%。成为国内首家开始涉猎汽车电子领域的半导体企业。

作为国网电力科学研究院（南京南瑞集团）的子公司，北京南瑞智芯微电子科技有限公司深入研究了电力智能化设备核心芯片关键技术，以及芯片在智能电网中的应用特点等，成功开发出具有自主知识产权的安全芯片、光通信芯片、主控芯片。安全芯片是国内首款采用国产加密算法的电力专用安全芯片，采用多项安全防护技术可有效抵御复杂的攻击，极大程度地提升智能电网的安全性；光通信芯片是国内首颗配用电专用的EPON通信芯片，该芯片功耗低、可靠性高、成本低，能够为高效合理地调配和管理电力资源提供有力支撑；主控芯片首次实现了通用MCU、实时时钟和液晶驱动及多种接口的系统集成，突破了晶体合封式封装的技术难题，引领智能电表主控芯片迈入高可靠性、低成本的新阶段。让智能电网领域拥有更多跳动的中国芯。

作为由中国电子信息产业集团公司（CEC）和国家开发投资公司（SDIC）于2003年9月共同出资成立的企业，中国华大集成电路设计集团有限公司也同样是一家国有大型集成电路设计企业，华大现有国民技术股份有限公司、北京华大智宝电子系统有限公司、成都华微电子科技有限公司、南京微盟电子有限公司、北京华大九天软件有限公司、北京确安科技股份有限公司等七家控股企业，业务涵盖智能卡、信息安全、消费类电子、通信和高新电子的集成电路芯片设计、模块和系统集成、测试以及设计工具软件开发与服务，形成了从设计工具开发、集成电路芯片设计、产品测试、系统集成、技术支持到产业化应用和产业项目融资的发展格局。

作为依托复旦大学“专用集成电路与系统国家重点实验室”成立的公司，上海复旦微电子集团股份有限公司是国内集成电路设计行业第一家上市企业，现已形成了安全与识别、非挥发存储器、智能电表、专用模拟电路四大产品和技术发展系列并提供系统解决方案。

在国有半导体资本叱咤风云的同时，民间半导体企业也同样演绎着群雄逐鹿，首先是在2013年中国大陆IC设计公司销售排行榜中，以21亿美元位居首位的华为的子公司深圳市海思半导体有限公司，以及同城兄弟中兴的子公司深圳市中兴微电子技术有限公司，在安防及通信网络支撑着核心知识产权；其次是主要从事CMOS图像传感器的格科微电子（上海）有限公司，产品面向智能机、功能机、视频监控及其他消费类电子产品应用，以及比亚迪集团旗下的独立子公司，深圳比亚迪微电子有限公司是自2003年开始集成电路及功率器件的自主研发，产品为IGBT芯片及模块、智能功率模块（IPM）、AC-DC芯片、电池保护及管理芯片、功率场效应管（MOSFET）、CMOS图像传感器、触摸控制芯片、触摸板、ESD保护二极管、智能动力电池管理、电流传感器等；再次是个人移动信息终端SoC解决方案供应商福州瑞芯微电子有限公司，产品涵盖安卓平板电脑、安卓电视机顶盒（智能电视）、电子书、WiFi/蓝牙音频解决方案等，以及领先的智能应用处理器SoC和模拟芯片设计厂商珠海全志科技股份有限公司，主要产品为多核智能终端应用处理器和智能电源管理芯片等；最后是从事集成电路设计以及半导体微电子相关产品生产的杭州士兰微电子股份有限公司，应用于消费类数字音视频系统的集成电路产品和基于士兰微电子芯片生产线的半导体分立器件，以及从事电容式触摸屏控制芯片的敦泰科技（深圳）有限公司和深圳市汇顶科技股份有限公司，向智能手机、移动数码、笔记本电脑和家用电器等产品，提供自主知识产权的全系列电容式触控芯片及完整解决方案。

在面向手机及移动终端等消费类电子产品的数字电路半导体大行其道的时候，国内的模拟电路研发企业在2012年从146家大幅减少到68家，让国内的模拟集成电路行业承受着入不敷出的阵痛，走上了无法挽回的歧路，还出现了英特矽尔收购本土电源管理制造商磐大微电子，达尔科技收购上海新进半导体制造有限公司，ISSI收购矽恩微电子（厦门）有限公司等被海外半导体收购的现象。不过这样的状况在慢慢改变，伴随着本土模拟半导体厂商对高设计门槛的践踏，涌现出了针对家庭娱乐和数字多媒体市场应用的模拟与混合信号供应商澜起科技和硅谷数模半导体（中国）有限公司；针对通信、消费电子、计算机及接口设备为市场目标，主要产品涵盖电源管理、高速高精度数模/模数转换器、无线射频，以及混合信号的系统级芯片（SoC）的昂宝电子（上海）有限公司；针对电源管理、LED照明驱动器、LED背光产品及电池管理等市场领域的华润矽威科技（上海）有限公司；针对消费电子、通信电子类设备、计算机等领域高功率密度高效率电源芯片的矽力杰半导体技术（杭州）有限公司；针对通信、电能计量、电源管理、分立器件、手机周边电路等领域的上海贝岭股份有限公司；针对手机、电视、DVD、数码相机、笔记本电脑、消费电子产品、汽车电子、工业自动控制、医疗仪器和液晶显示等众多领域的圣邦微电子（北京）股份有限公司；针对涵盖Sigma-Delta/SAR ADC、低/微功耗8/16/32位RISC MCU、混合信号SoC应用的深圳市芯海科技有限公司；能够像德州仪器等海外模拟巨头那样拥有产品多样性、齐全性和细分化的优势，本土的模拟半导体企业还有很长的路要走，也寄语本土模拟半导体企业能够像凌力尔特那样感悟模拟世界，构建差异化竞争优势，尽量避开与国外厂商正面竞争，选择针对国内本土需求的模拟产品，在注重研发和生产时也更要注重销售，建设流畅的渠道流通体系和良好的生态供应链。

需要清醒的认识到本土半导体企业目前仍处于原始资本积累和寻求资本市场运作的初级阶段，产品应用领域仍旧是市场容量大、技术和市场门槛相对较低的低端市场，诸如微控制器、DSP数字信号处理、FPGA可编程逻辑、高性能模拟芯片等高端市场也仍旧是由国外半导体行业长期把控。不管是走欧美半导体企业的典型特点，通过不断的收购兼并和分拆做大做强应用领域产品组合之路；还是走日韩半导体企业的典型特点，善于企业间的资产重组和整合拉长加深实用领域产品战线之路；不管是走台湾企业另辟蹊径的代购和低成本替代融合之路；也或者是走有中国特色的集体群涌之路；伴随着和信息安全相关的芯片产业已提升至国家战略高度，继2013年年底北京宣布成立规模300亿元股权投资基金打造集成电路产业后，武汉、上海、深圳、合肥、安徽、沈阳等地也加速推进，芯片国产化的大趋势已经不可逆转，核心技术的突破和国产化将进入研发运营的高峰期，包括云计算、物联网、大数据、数字电视等重要领域的芯片，均有望实现国产化的替代，产业链条上集成电路的设备、设计、制造、封装企业均将迎来高速发展，随着本土半导体的崛起梦圆中国芯！

（二）寄语半导体销售


Ⅰ 新销售人的感悟


这是发生在我身边的一些真实的事情，真实记录了下来，希望以此与所有IC销售人共勉，并追忆和怀念我们共同走过的美好时光。

第一次刻骨铭心的创业经历：我来自河南农村，在2004年机械专科未毕业的情况下，一个人来到中国的窗口—深圳。刚开始从工厂基层员工做起，做到业务经理助理（边工作边学习），2005年5月开始销售的职业生涯。在这期间曾经做过物流、大型机械设备、微型电机等产品销售。一直坚持着不怕辛苦、持之以恒的做人原则，业绩做得还算不错。2007年的11月报着创业的目标和理想，回到了老家的省会城市—郑州，做东莞的一家英语点读机河南经销商。由于市场没有考察透彻，盲目制定销售模式，导致第一次的创业以失败告终。得到了一些经营经验，也欠了一万多块钱的外债。在这个时候非常迷茫，不知道在这个城市能否找到适合自己的行业。

一个新历程的开始：在2009年5月的一天，一个电话让我走进了一个不太熟悉的电子行业（IC销售）。经过面试和复试进入现在的公司郑州恒迈巨集半导体有限公司。刚进入公司就按部就班地学习产品知识，如产品的型号、性能、报价等。学习期间发现这个行业专业知识非常深，经过两个月初步学到了一点知识。在这个时候我出现了非常急躁的心理，在郑州这样的城市，靠一个月一千多元的底薪是很难生存下去的，更不要说去偿还因创业失败的外债了。当时心里真是不知所措。

销售进行中：在不知所措的情况下，开始试着下去跑客户了。经过网络搜索，当时并没有入行，更不用说去分行业，就搜索“郑州电子有限公司”、“郑州电子科技有限公司”等关键词，两天下来把LED行业、医疗系统行业、通信设备行业等混合在一起，有20多家客户。回来开始电话营销，遭到了18家客户的拒绝，两家有一点意向，勉强留下我的电话。接下来进行地毯式扫工业区，首先，在郑州高新技术开发区的大大小小的写字楼，徒步一个一个地联络，在工业楼里公司门口有公司名字的，记下公司名回来进行网络搜索，没公司名字的，就敲门进去送份资料或送张名片。简单向客户介绍我公司的情况，对方有做开发的，有做小批量的都是拿着名片问某一个产品的价格，我会拿出笔和笔记本记下客户问的型号、数量、产品的要求、品牌等，然后对客户说回去再详细报价。这样的工作进行了半个月，突然有一天，接到了一个陌生电话，一听是一个客户打过来的，问我提供几片样片愿意吗?我毫不犹豫地答应了。第二天就把样板送过去，两天之后，测试结果没问题。工程师把采购的材料清单交给采购部指定下单，但是，没想到的是采购竟然把单子给了别的公司。这个客户没有做成订单，再次提醒了我销售人员不要犯低级错误，特别是做工业产品，要兼顾技术和采购两个部门。这个客户给了我很大的信心，感觉没有想象的那么难了，后来就按照最笨的营销模式走下去。


销售人员必备素质—勤奋、艰苦、勇往直前


2013年郑州八九月的日子是我非常难忘和煎熬的日子，8月18日那天，约了一个客户，要上门拜访。一大早我就到公司做好了准备，但到达附近时，客户说公司已经搬新地址。新址离得不远，在一条不知名的小路上，但徒步了半小时还没找到，已经是中午了，只能下午过去。这时衬衣已经完全湿透，路上灰尘又很大，找个地方休息都难，最后在大树下面等了一个小时。下午终于找到了客户地址，在办公室继续等，虽然有空调，汗水还是止不住往下流。终于等到了老板，但客户是做VIP卡的，用外置集成芯片。虽然没谈成，但是老板的热情招待让心里非常感动。

在9月的时候，公司为我提供了一个客户，因为没有足够重视而没有及时跟进，期间失去近200万的采购单。因为自己的一时懒惰没有及时跟进，造成这么大的损失，这就证明了那句歌词“世间自有公道，付出总有回报”。在这个竞争激烈的社会，一定要勤奋。后来我的努力慢慢开始有了结果。随着我边销售边学习，技术方面的知识学到了不少，在客户圈内有了很好的信誉，客户也开始给我介绍客户，现在的客户已经涉及LED、通信设备、一卡系统、电力测量等多个领域。


被轻视的销售过程中的沟通（一）


2013年12月初的一个礼拜五上午，一个客户打电话说要求报价，当客户把BOM清单发过来时已接近11点，十几个芯片的型号，1500套的采购询价，而在这个时候，我还有另一个客户的合同要签。经理看到这样的情况，鉴于公司对这个客户的了解，估计会在下午就要下采购订单，于是提升了对这个客户的重视度，决定由我、经理和采购三个人共同完成这个订单，由经理来对客户的芯片型号进行完整处理，由采购对处理完的型号进行即时询价，由我来做对客户的报价单，前期的内部沟通都很顺畅！我们三个忙到下午一点多，除了一个型号市场缺货以外，剩余的型号都能确认货源和品质没有任何问题。我也赶在客户下午1点半上班的时候把报价单发给了客户。吃完午饭后就去和另一个客户签合同了。


被轻视的销售过程中的沟通（二）


下午4点多的时候，我在处理其他客户的报价，电话响起，果然是报价的那个客户打来的，要求提供6个型号的样品，并初步确定这6个型号的订货，我欣喜若狂，手都有些发抖地拿起计算机粗略算了一下销售的金额接近6万，这应该是我销售器件以来做的单笔最大的订单了，我把喜讯告诉了经理，经理说这是意料之中的事情，但是我的心里还是非常高兴，可是接下来所发生的事情却让我到现在每次想起都高兴不起来。


被轻视的销售过程中的沟通（三）


周末两天我休息，星期一还在上班的路上，经理打来的电话，说是客户的合同已经定下来了，给了我们4个型号，金额是1万多，听到1万多的时候就像一个晴天霹雳劈，差点晕倒，为什么明明说好了的订单，结果却出现这么大的反差?后来才从经理那里得知，客户在星期天联络不到我订单转给了同行，我自己竟不知道，手机停机了。是经理去客户那里看了客户的样板才争取到现在这么多的器件。

和我们一起报价的还有一个同行，他们周末两整天全泡在客户那里，如果不是我们有个型号的器件价格太有竞争力，有可能这个报价总金额接近20万的订单，就全被同行获得。回过头来仔细想了想，其实自询价开始到合同的签订，我跟客户只是有过简单的沟通。虽然公司内部的沟通和协调都几乎做到了极致，但是这些工作在缺少和客户沟通的情况下就显得无济于事。虽然同行的价格几乎全部高于我们，但是客户最终却选择了和他充分沟通的同行。


大意和粗心给销售带来的严重后果和启示


下午的时候采购把我叫了去，说供应商给我们的型号是LM258DR，我合同上的型号是LM258ADR，两个型号一样吗?我回到自己的电脑上看了看采购上午回复给我的的确是LM258DR，我问了下技术人员，基本的功能是一样的，只是输入的电压和电流的指标上有些差别，看客户怎么用了，客户非常肯定地告诉我们，型号是LM258ADR，他们一直在用这个。我的心里凉了半截，赶紧让采购问有没有LM258ADR，采购回复没货，TI的货最近都很缺。我又赶紧给客户的采购打电话解释一下，说明情况，希望可以取消合同，人家现在说话的语气和签合同的时候可是完全不一样了，只说让我看下合同就挂了电话。我现在才想起来我也从来都没有认真看过的那个由客户做的合同，仔细看后才知道，违约合同要付30%的违约金，这让我一下子知道了事情的严重性。

我把样品送到工程师的手里，在客户那里很久也没有等到结果，绝望的时候，客户的采购告诉我，LM258DR的样品测试通过，听到这里我高兴得跳起来，赶紧把事情告诉了经理。当我把货送到客户那里的时候，从工程师那里得知，他们以前采购LM258ADR的价格较高，最近比较缺货，我们给他们帮了忙，节省了成本。我到现在才明白即便帮客户省了不少的成本，帮了客户的忙，客户也不会领情。在这里也提醒一下同行们，一定要谨记细致和认真，不要粗心和大意！


不可妥协的客户回款问题（一）


回款的情形分析：现在的回款很难，在内地做电子元件行业回款会更难，代理也要在大客户上压款，分销商更会如此。但是他们跟代理订货的时候还是要先付订金，货到以后一般压款三个月，最好的是月结。更多的小工厂，一般采购器件是老板说了算。他们偶尔会到商场集中采购一些样品，现金交易，器件上了几十片或者几百片规模时会去联系深圳或者是北京的一些现货商，也是现金转账。这类客户较多，做起来很辛苦，但是回款都不错！


不可妥协的客户回款问题（二）


进公司两个月的时候，公司交给了我一个客户，前期合作都很顺利，通常都是货到以后付全款。最近客户更换新采购。我从经理那里了解了一些更详细情况，又通过网络搜索进一步了解客户的产品知识，决心拜访这个客户。在最近的拜访约谈中，我们沟通很顺畅，感觉可以争取到更多的订单。回来之后，客户的采购果真电话过来说要报价，给了几乎所有我们可以做的型号，并且订单不急，我也觉得这是一件好事，顺便可以详细了解客户用的型号以及其他的相关信息。经过两天时间的准备，我将精心准备让经理看过了的报价单发给了客户，寄予了很高的期望。由于前期的沟通都是在很愉快的情境中度过的，我也很期待地等着订单的到来。


不可妥协的客户回款问题（三）


第二次和客户的新采购沟通是在报价单发出一周后，客户的新采购提出了一个新的结款方式：三个月结！给我当时的第一感觉就是事情会不会哪个地方出现了问题，详细看过了我们的报价单，又和经理沟通了一次，觉得应该不是价格上面的问题，可能是其他方面的问题，我问客户的新采购是不是什么地方出现了问题?他笑了笑说：没有，是公司的新规定！这也许会是一个理由，我在想可能是我的工作还没有做到位，就抽了个时间约了他出来坐坐，他也没有拒绝，然而这次沟通一无所获，他仍旧是拿出了公司规定这个理由！这时我有点相信这可能是真的，回来后我问了下经理，经理说这单子宁愿不做，也不要跟他们三个月结，不能养成客户欠款的习惯，原来合作得好好的，怎么会突然有了新的规定?

再后来，客户的新采购给我打过电话问我三个月可以做不，其他的供应商都可以做，我婉言拒绝了。最后，那份报价单上客户也只给了我们一个型号总额价值几百元的订单，按我们的结算方式，但是要求周期很短，公司为了不挫伤我的积极性，还是建议我把合同做给客户。在接下来的三个多月的时间里，我几次电话给客户的新采购，努力沟通，但没有见到他们下过来的订单。这三个多月里由于拒绝的原因我再也没去过这个客户那里。


不可妥协的客户回款问题（四）


从主管那里得知，在没有和我们合作的这三个月里，他们的器件价格一直没有变过，而且有的还涨价了，交期也不准时，经常出现货到不齐的情况。前几天还因为供应商的器件品质问题造成了电路板出现批量的品质问题，希望与我们重新沟通和合作。

接下来，我们用最短的时间补救了客户出现批量问题的型号。最后客户下单，付款方式仍旧是之前合作的结算方式：货到付款！和我沟通的也仍旧是客户的新采购。我想这与我们长期坚持的品质和专业性是分不开的。

经常有新同事告诉我他有些迷茫，问我应该怎么做?没有人会在销售的路上给你指一条明路，只有靠亲身实践和领悟。迷茫就是我们还不知道自己干什么，怎么去干。看一下公司的发展规划和公司对自己的定位，给自己找一个方向，是从做客户关系开始，还是从熟悉产品做客户的产品顾问，同时也给自己找一个理想。这个理想建立在对自己准确的定位之上，我相信有了理想和找到了一个方向，结合对自身条件的定位，再加上自身优势的发挥，虽然现实残酷，但不远的将来是美好的，坚持和信心是营销的两条腿！


最顺利的订单


有段时间缺货的情况开始出现，但是通用的器件已经开始出现部分价格上扬，一个客户打过来电话问有没有AT89S52-24AU，公司还有2千多，因为是以前的一个老客户，AT89S52-24AU这个型号一直是在我们这里拿货，也是一直保持联系，我也迫切希望可以把这个客户做大。现在市场未税价格要比我们出货的价格高1.20元，按照公司的意思是如果公司有库存，客户现在要提货，仍旧按照原来出给客户的价格出货给客户，这就是我们公司在缺货的时候采取的一个供货原则，也是我们与其他供货渠道的区别，我也非常希望借这个机会扩大在客户心中的形象和位置，以此来扩大自己今后在这个客户的销售额，虽然现在是有所损失，但从长远来看，这样做是非常有意义的事。于是我给客户采购电话说：按上次的出货价格出货。客户的采购合同还没到两分钟就传了过来，要求第二天一早马上送货，按照客户的合同约定账期是客户检验合格后一个月付款，我跟经理申请了一下，也说明了我的一些想法，经理给予了很大的支持，并鼓励我可以好好跟进这次机会。在下班的时候我们已经回传了合同，我也顺利的从公司的仓库里如数提出了这个货，尽量满足客户的一切要求。可以说，做这个订单所用时间应该是我有史以来最短的、最顺利的一次。然而并不是所有的顺利都是一件好事，接下来发生的事情就给了我一个极为深刻的教训。

随着时间的变化，我对IC的销售也渐渐有了自己的看法和见解，我也希望通过自己的营销方式去培养我的客户，通过我的一些做事方法去引导我的客户，在与客户交流的时候更多地彰显我自己的主张和观点。然而在这样的过程中，总会跟公司的一些原则和规定发生冲突，每当在冲突的时候我总是想办法兼顾自己的想法和公司的利益。比如随着市场价格的浮动和大面积缺货的影响，我的业绩也受到了很大的冲击，我内心有比较大的压力，就开始想办法提高利润率，这反倒使业绩一直下滑。这期间曾经跟经理有过一次推心置腹的畅谈，经理的一席话又一次让我受益匪浅，引起我内心深处的共鸣。接下来的时间里，我似乎一直是昏昏沉沉，最终由于不堪来自各方面的压力，在到公司的一年两个月零三天后离开了我曾经洒满汗水的公司。我曾经有过茫然和迷茫，但这个时候我似乎又多了一份沉重和未知的无奈，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。


不应轻言放弃


销售就是一个坚持的过程，销售就是一个寂寞的过程。当我们还没有足够的时间和足够强大时，无法从体制和机制上完善和弥补我们内心的空虚和寂寞、压力和纠结，我们需要的是自我激励和调整，更需要的是坚持的寂寞，不应轻言放弃，是一种对目标的执着，对理念的坚信。


Ⅱ 一个送水工的营销启示


以前的送水工：我们曾经在一家名气很大的送水公司购买饮用水。每次水用完之后打电话叫送水，送水工都不能当天送水，也不将水桶放入饮水机，只是直接换水票，拿空桶走人。

现在的送水工：后来换的这家送水公司，是一家主动找上门的小公司，不但价格便宜，多买水票还可以送饮水机，平时也会多放一桶水。过了几天，送水工会主动收走空桶，再补上几个装满水的新桶。

由送水工得到的营销启示：我们本身就是一家销售公司，大部分时间就像前面的那个送水公司，我们的员工像前面的那个送水工！我们是怎样在客户面前营销呢?同质化的产品充斥着这个饱和的市场，我们有什么样的优势是其他同行业的企业所不具备的，如果有这样的优势，我们自己知道吗?如果自己知道，那么为什么不把优势发挥到极致呢！如果没有，那么我们和同行业的企业又有什么差异?和前面的送水公司又有什么区别?客户为什么要在同质化的产品里选择我们，又从何谈起我们的发展?我们把货送到客户那里，又给客户做了些什么?送货的时候可以做得更细致，如客户产品的完整型号、型号的顶标、产品的生产日期和生产地，让客户了解产品的更多信息，让客户学会区别品质，让客户放心使用，让客户了解防静电知识，产品的现行市场行情和供需关系，以及来自各大厂商的最新动态，这样更有利于客户做出采购的决策，用服务赢得合作机会。任何产品包括服务都是有附加值的，产品严重同质化的今天，我们靠什么可以在那么多的竞争对手面前赢得客户的尊重，这不得不引起我们最为深刻的反思。我们一直在强调服务和服务意识，提供同样的服务等于没有向客户提供服务，抓不住客户的心，何谈提升公司产品的隐形卖点?细节和差异化的服务和相关的附加值就是产品的隐形卖点！我们要向客户提供源源不断的来自我们的产品，而更多的是产品隐形卖点，更多的是我们在供应链上的价值。


Ⅲ 本土分销商需要跨界思维


随着在行业工作时间上的增长，危机感也在不断加深，甚至对现有的销售模式产生过怀疑，未来的销售模式会是怎么样呢?突然想起来一句话：“您能看到多远的过去，您就能看到多远的未来”，看来还是要从行业的过去和现状来看我们的未来。

其实过去和现在在分销行业一直都不缺乏销售模式上的跨界，比如为了满足客户的零散采购出现了以柜台为表现形式的现货市场销售，这样的方式一直持续到现在。这种方式的弊端是只能满足本区域的客户需求，加上区域内的激烈竞争，不能从根本上改变业务增长所需的大面积客户的保有量，所以我们会看到有很多柜台做了很多年似乎仍旧是那个柜台，甚至有些已经撤出。比如为了满足小客户的集中采购出现了以配套为表现形式的目录式分销商，混合式分销商等，而这样的分销商可认为是现在现货市场的主流分销商。他们改进了原有柜台式分销的弊端，资源上要优于柜台式分销。从客户保有量上来看，他们很容易掌握大量的客户信息有利于业绩快速增长，但是这样的分销商很少可以做到快速响应客户，众多的客户产品型号和处理流程会拉长订单的处理时间，除非有内部强大的后台处理系统，而且模式很容易复制。比如为了快速响应客户，出现了以电子商务为表现形式的新一代代购代销式分销商，以强大的电子商务系统为支持，通过电话、邮件、网站、聊天工具等快速响应客户需求。这样的方式至少有两点需要改进，一是价格方面要高于任何一种分销；二是在电子商务诚信机制还没有建立起来之前用什么样的方法去改善诚实守信的危机。

不能说哪种方式一定不可取，因为有客户需要就会有存在的理由，也不能用任何一个定义上鉴定一个公司的营销模式。只是哪一种销售模式更容易实现跨越式的发展。

我们目前所面临的是欧美，亚太等巨头代理商从产品研发源头直接切入客户，控制着大量的客户资源和项目信息。本土分销商能做的客户端面临物价上涨，用工成本上升，市场激烈竞争，终端产品市场价格下调所导致的付款周期延长，作为在夹缝中生存的我们，如何能在如此混战的局面中立于不败之地呢。面对强大的竞争对手和变化莫测的市场环境我们只能智取，正所谓和谐才是最终出路。

本土分销商需要跨界思维，跨界合作，停止内战，团结一切尽可能团结的力量，一致对外，共同进步，分享革命成功果实！


Ⅳ 重新审视集成电路分销


放眼网络世界，映入眼帘的是满地智能消费电子，我们不禁兴叹：有的企业在固守，但大部分已经放弃且已淡出视线或者消声匿迹；有的企业在坚持，但大部分已经走向多元和边缘化的细分市场；有的企业在转型，但大部分都在想方设法挤进热点的物联能源领域，而对行业规则可能还一无所知；更多刚入行的新贵凭借寂寞的冲动，激进的梦想和遥望的海市蜃楼为自己画饼充饥。回首集成电路分销，又何尝不是如此！作为价值链中曾被多少人认为是剥层皮的集成电路供应链终端分销企业，伴随着渠道的透明和扁平化，自身行业无序和无休止的激烈的价格战和航母级代理商的规模优势等诸多压力，我们是否还能平稳发展?我们是否能乘势而上，化险为夷?我们的发展之路在哪里?

应对即将面临的困境，结合客户的现实状况，我们想出了一个方法：做集成电路替代。我在整理客户询价单的时候经常会发现会有些停产或者即将停产的器件。我曾经找准一个客户即将停产的器件，花了两天的时间寻找到了一个可以完全替代的产品，功能上优于即将停产的器件，价格上却比原来的价格便宜30%，并把即将停产的型号和替代型号的技术手册，官方网站的停产通知，两个型号的关键技术资料对比等一起提供给了客户，客户的工程师看了之后，随即要求样品测试。样品很快到货并顺利完成了测试，可是客户在之后的一个批量采购中以我们的参考价格为依据，订单以参考价格便宜一些的价格流失到客户原有的采购渠道中，并且客户的采购对我们的前期工作矢口否认。当然这其中绝大部分的原因是我们的工作方法有问题，我们曾经忽略了一些订单成交的关键细节问题和缺乏良好的沟通，更重要的是寻找到的替代器件并非熟知的优势型号，而这则成为我们是否能够真正掌控客户后续稳定订单的关键。

为了吸取上次失败经历的教训，我们再向客户推荐型号的时候会特意联合上游的供货渠道，熟知型号的技术指标和生产供货情况，在型号的品牌宣传和替代可行性方面做了些文章。恰逢一个客户有突发紧急订单需要采购一个型号，采购期货肯定是来不及了，我们认真地研究了该型号，有被其他型号替代的可能性，就开始整合上游资源寻找到两三个型号可以做到脚对脚兼容，最终和客户的工程师确定了其中的一个型号，从价格和货期方面基本可以满足客户生产需求，而且该型号在价格方面要优于其他同功能的型号。接下来的样品和小批量测试都很顺利，我们也顺利地接到了客户的紧急订单，协同客户完成了订单的准时交货，工程师也坦言会把此型号作为以后采购的优选型号。可是我们窃喜的成功着实被拥有规模优势的代理商利用原厂的游戏规则狠狠地愚弄了一把，最后才发现其实客户后续稳定的订单我们根本无法交货，这不能不说是一种悲哀，所有的这些被别人快捷的方式替代成就了人家的嫁衣。

当阴沉的成本压缩和劣质的产品替代真实的价值成为产品的主流，我们只能问苍天你拿什么来满足我们实用的质感；当无限制伸缩和变通替代踏实的执着成为市场的主流，我们只能问苍天你拿什么来挽留我们孤寂的平衡；当无畏的竞争和疯狂的膨胀替代淡泊如水的名利成为思维的主流，我们只能问苍天你拿什么来成就我们视野的灰度；当无情的抉择和极端的淘汰替代固有的情感成为交往的主流，我们只能问苍天你拿什么来拯救我们灵魂的纯度；无时无处不在的替代就像是我们的脚下永远没有尽头的羊肠小道，我们也曾错失良机，但此刻我们无限地期待犹如灯塔的无名一剑：一剑诚芯，专注分享，感悟以道得之之道；十分诚信，坚持执着，感恩以术为之之术！


Ⅴ 这些年，我们一起卖IC


五月的木棉花犹如雪花般遍布中原大地灰色阴霾的苍穹里，空气里已经不再弥漫春的泥土气息。这些年，我们一起卖IC，虽然我们从未离开过，但我们却一直游走于表面和形式，不曾深入，不曾主动，不曾创新，不曾突破。


客户的悲哀


有一个客户曾经给我们发过一个清单询价，我在处理清单的时候发现其中有一个型号早在2005年已经停产，半导体原厂在当时已经在官网上公布了其替代型号。我沿着替代型号查询，发现替代型号也于2010年官网公布停产通知和最新的产品替代型号，我们连续给客户发了五个PDF文档说明情况，如果客户连自己使用的器件信息都不知道，那么此原厂曾经经历过破产保护这样重大的事件他们肯定无从知晓。其实这样的状况在我们每整理一个客户询价清单的时候都会或多或少地出现，更有甚者，研发选用的样品直接是原厂已经停产的产品。

有一个客户曾经让我们报价，我们严格按照客户清单上的器件整理好后报出价格，好几次客户反馈是价格贵得离谱。为了弄清真实原因，我们去客户那里了解情况，当看到客户生产线上的单板时我们彻底明白了：单板上所用的器件大多已经不是客户清单上所罗列的品牌和型号了，原有的知名品牌更换成了替代品，原有的工业级的产品也被商业级所替代！是的，在都喊着降低成本的时候，也只能牺牲产品的功能和可靠性来弥补利润，但当大多数的客户都有这样境况出现的时候，我们发现我们已经不再了解客户，最起码我们不了解客户的真实需求！

有一个客户曾经下单从我们这里购买了一个器件，芯片已经贴到单板上调试的时候，发现无法调通程序，打电话说是我们的产品有问题，要求马上过去处理。在客户调试现场我们找到问题的根源，客户所订购的器件后缀有很多，客户购买的此型号是用在另一个产品上的器件，无奈只好把器件从单板上一个一个吹下来，好歹还没有浪费，只是浪费了人工和影响了生产进度。还有一些客户把器件已经贴到单板上了，出问题找原因的时候发现原来底层程序还没编写，或者是调试烧写工具出现了问题。


我们的无知


我们在专业方面不如代理商。不了解半导体原厂最新推出的性价比更好的产品，不是第一手得到相关产品和资料；不了解半导体原厂主推的产品和典型应用领域，所以我们不曾主动推荐行业客户市场占有率高的应用方案；不了解半导体原厂推荐产品的侧重点和卖点，无法提供给真实需要的客户恰到好处的技术支持和快速响应，客户遇到问题也不能通过我们得到及时快速地解决。

我们无法提升和锤炼自己的优势或者核心竞争力。如果配套是我们的优势，那么我们不如目录式分销商。我们无法阻挡来自规模企业的性价比压力、行业整合的机会压力以及经济周期波动的现金流压力。我们的销售模式可以轻易复制，而且我们容易跟风，容易迷失自己脚下的路。

我们不曾主动了解客户的真实需求。客户资源是我们最有筹码和生命根基的资源。客户需求千差万别，不同行业，不同客户之间的需求又不尽相同，客户理想和实际需求之间又存在着诸多细节上的差异。

尽管现在我们无知，但我更愿意把我们看成是和命运抗争的一帮人；尽管现在我们有很多未完善的地方，但我们有足够的时间去一次又一次地改进；尽管现在我们依旧依附于载体，附着于表面，但我更倾向于形容我们是最接近供应链客户端资源的草根，给我们泥土我们就能成长！没有泥土我们自己开荒坡。是坦途还是迷路，不同的人走的是不一样的路，不同的人走过也会有不一样的感悟，我们一路感悟着。如果说这些年我们摸爬滚打走的是一条弯曲盘旋的羊肠小道，那么随着我们对自己认知的加深，对行业供应链起伏异变的了解和对客户端差异化真实需求的理解，我们相信这绝非捷径，我们更倾向于称之为另辟蹊径；我们也始终坚信那条高速就在不远的前方！

这些年，我们一起卖IC，未来，我们依旧坚持卖IC！


六 结束语

在这些文章即将结束的时候，我希望可以通过我的分享引起人们更多的反思。作为被许多电子终端产品包围的人来说，我们究竟要做一个什么样的人?是默默无闻的幕后奉献者还是冲锋陷阵的前线英雄，是汹涌骇浪的弄潮儿还是严酷麦田里的守望者。对于大部分和我一样的平凡人来说，我们应该有基于现实之上的切实理想、行动和担当，孝顺父母珍爱妻儿，感恩于相伴我们身边的人，无论是朋友、同事、有业务往来乃至是和我们曾经有过摩擦的人，用我们的幽默和智慧去征服他们。作为一个从事半导体集成电路销售的职业人员，我们究竟要做一个什么样的销售者?是敢打敢拼励志闯天涯的勇士还是得过且过畏缩不前的懦夫，是按部就班照葫芦画瓢的庸者还是总结个人性格优势发挥特长，拥有独特个性的思行者。销售的本质是与各色人打交道，成败取决人的个性、素质以及接触时的情绪等，所以从某种意义上来说销售没有统一的套路（如果有的话也只是可以加强销售），也不具备一成不变成功的方法和规则，更没有销售行为上的对与错，只是在当时环境下的适合与不适合。我们反对那些含有攻击性及毒辣手段的销售行为，可以原谅他们的无知和荒谬但不能饶恕他们的肆意和放纵。销售需要依靠智慧去克服困难和压力，不断地树立目标调整挑战自我，所以成为成功的销售人员有难度。作为一个从事半导体集成电路销售的企业，我们究竟想要做成一个什么样的企业?是不问来路利益尽收还是关注客户实际需求严控流通渠道口碑频传，是追随趋势大赚特赚后卷铺盖走人还是执着专注行业应用“深淘滩，低作堰”，让利于客户，让信于客户，让名于客户。我认为企业虽有大小规模之分，却无良心和道德之别，做企业做销售如同做人，命运虽有不同，公道自在人心，“仁中取利真君子，义中求财大丈夫”！

在这些文章即将结束的时候，我想说的还有让我最有感触的是人性的贪婪和市场的残酷，人性的包容和市场的无情，人性的智慧和市场的博大，人性的无知和市场的游离。但总是有一些人或者一些公司能够把脉市场未来的动向；总是有少数人能够另辟蹊径；总是有少数人决定了大部分人的生活乃至工作的全部；也总是有大多数人在忙碌地跟随和不知疲倦地尝试各种方式的颠覆。如今，他们或是功成名就，或是革命尚未成功仍在继续坚持；他们或是师出名门，或是出身贫寒但进取不止；他们或是运筹帷幄决胜千里之外，或是被命运捉弄趋于平淡，身心憔悴黯然悲催；他们或是理想丰满信心坚定，或是在追逐名利的过程中被舒适安逸的现状诱惑消磨了原有的意志，迷失了前行的方向。在半导体集成电路行业里是这样，在集成电路电子分销行业里同样如此，这些年，我们似乎一直在循环地走入一个怪圈或者说是一个误区，虽然从产品到市场等外部环境都发生了很大的变化，但很多时候我们根本的观念没有改变，即便是现在最为优秀的公司也难逃此劫，所以总是有一些公司在自己所创造的领域没落，但却成就了更多卓越的公司，让行业充满了无尽的未知和无法想象的神奇魔力。

在这些文章即将结束的时候，我感谢一直以来在我身边给予莫大支持和帮助的人，也感谢曾经伤害过我的人（是他们让我反思和成长以及改变）。特别感谢与非网的高扬女士和电子工业出版社的王敬栋先生，是他们让我有机会一展拙文和情怀，分享来自我对半导体集成电路领域企业、分销渠道，乃至对人生的拙见。

我只能从自己愚笨的角度去理解这些文中的半导体公司，也试图用古老的五行来套用他们的制造、模式、流通、变化和超越，但也都只能解释仅有的一面。每个公司都有自己根深蒂固的文化，用东方人思维去理解海外企业的思想，难免会存在认知上的差异。这些差异时常让我感觉到自己的肤浅和卑微，无知和平庸，思维活跃勤于思考但却总是纸上谈兵，很多时候思路绕了很大一圈又不得不重新回到原有的起点，我幻想标新立异但最终却始终都只是停留在思考的阶段，几乎没有几件事情可以真正上升到实际行动上并且拥有较强的执行力。半导体产业的历程虽短暂却厚重，虽竞争激烈但无不充满变数，仙童半导体所演绎的商海沉浮，重拾初心；德州仪器所演绎的巅峰收购，劣势分拆；摩托罗拉、飞利浦、西门子、通用、朗讯和安捷伦所演绎的豪门尽散，悲欢离合；意大利SGS和法国汤姆逊，美国的ADM和日本的富士通、日立、三菱和NEC，韩国的现代和LG，他们所演绎的合纵连横，垂直整合是用户和市场导向的结果，更是发展规律的释然，遥望本土半导体发展的前景虽有中国梦却满路荆棘，如何利用传统文明创建中国特色，励志中国芯，是我们不得不面对的问题。

我也只能从自己狭隘的立场去阐述半导体分销行业，我所处的地域是一个在电子行业方面后知后觉的城市。以前对于半导体行业销售人士来说这里是个空白，因为整个河南除了许继，几乎没有人知道其他比较大的电子整机制造企业，以前这里没有消费类电子，通过最近几年的招商引资和茁壮发展，富士康和格力已经在郑州东成西就，宇通、日产、海马和少林汽车四轮驱动，围绕电力、铁路、煤矿和仪器仪表等工业产品以及农畜牧业电子产品在中原大地遍地开花。内地的分销行业伴随着电子行业的蓬勃发展而逐步兴起，同时伴随着这些年电子商务的迅猛发展，已经让本土的电子分销行业消除了区域和时间上的差别。放眼全球电子分销行业，得益于海外半导体原厂的整合和扩张，海外电子分销商追随原厂南征北战或是合并收购，或是自然成长，或是目录式整合优势拓展，几乎雄霸全球电子元器件分销商前二十五。位于台湾的大联大和文晔得益于亚洲电子制造行业的崛起和积极的收购，在全球电子分销行业上演着异样的风光和无尽的潜力。放眼本土电子分销行业，得益于海外半导体原厂本地化战略的实施，成长起来的授权分销商和混合授权分销商，蚂蚁搬家式的众多柜台和独立分销商以及目录式代购商，虽企业众多但鲜有收购，更鲜有走出国门，也许是寄托于本土半导体厂商的中国梦，逐步建立批量和小批量综合分销模式，摒弃现有的无序竞争紊乱状态，持续完善无缝的供应链渠道流通服务体系和具有优势品牌的特色影响力，追随本土半导体厂商驰诚疆场，共谋中国芯之崛起、发展和辉煌大业。

人性也许原本就是在对事物进行探究的同时，完成对自己的认识和思索。我最近一直在想，在对人生的认知方面我应该有自己的价值观点和思想体系，但是很多时候却发现对自我并不深入了解。原以为沉淀的不安分的冲动和有所畏惧的潜意识行动时常让自己陷入感知的紊乱；原以为传承的质朴和善良，坚持和分享却总也无法经得起现实的考量；原以为自己不屑于世俗，但却始终无法挣脱灵魂的禁锢，于是便随心而变，笃实而行于思，随遇而安，执着而感于形，芯跳不止，躬孝践行，追求雾霾之间的灰度。


国内集成电路厂商品牌
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备注：
 文中收录了近两百个国内集成电路厂商的中文名称、标识、网站以及产品涉及领域等相关信息
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Preliminary Worldwide Ranking of the Top 20 Suppliers of Semiconductors in 2013
(Ranking by Revenue in Millions of U.S. Dollars)
2012

2013
Rank

220 e No e W N

Company Name

Intet*

Samsung Electronics*
Qualcomm

Micron Technology*

SK Hynix

Toshiba

Texas Instruments.
Broadcom*
STMicroelectronics
Renesas Electronics Corporation®
Infineon Technologies
Advanced Micro Devices (AMD)
NXP

MediaTek

Sony

Freescale Semiconductor
nVidia

Marvell Technology Group
ON Semiconductor
Analog Devices

Top 20 Companies

All Others

Total Semiconductor

2012 2013 Percent | Percent of | Cumulative
Revenue | Revenue | Change Total Percentage
960

847420 546, -1.0% 14.8% 14.8%
8312684 833458 7.0% 10.5% 253%
$134177  $17.341 316% 5.5% 30.8%
$6,772 514,168 109.2% 4.5% 352%
$8970  $13,335 487% 42% 39.4%
$11,131  $12459 11.9% 3.8% 433%
§12035 $11,379 -55% 3.6% 46.9%
$7.843 88421 35% 26% 49.5%
$8493 88,076 -4.9% 25% 52.0%
$9236  S7B22 @ -153% 25% 54.5%
84,821 §5,006 57% 1.6% 58.1%
$5297 5,076 -42% 16% 57.7%
84114 $4,658 13.2% 1.5% 59.1%
$3,357 854,434 321% 1.4% 60.5%
$6,108 84394 -281% 1.4% 61.9%
$3,740 $3,958 5.8% 12% 63.1%
$3826 83,812 -586% 1.1% 84.3%
$3168  $3281 36% 1.0% 653%
$2869 82,740 -4.5% 0.9% 66.2%
$2,671 52,677 0.2% 0.8% 67.0%
$196,313 $213,043 8.5% 67.0%
$106,612 $104,833 -1.7% 33.0%
$302,925 $317,876 4.9% 100.0%

* Significant impact on growth due to Intel’s acquisition of Fujitsu Semiconductor Wireless Products; IXYS
Acquisition of Samsung’s 4- and 8-Bit Microcontrolier products; Broadcom's acquisition of L TE-Related Assets from
Renesas Electronics; and Micron's acquisition of Eipida

Source: IHS Inc. December 2013
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